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Informacion sobre el sistema

Acceso a las caracteristicas del sistema durante
el inicio

Pulsacion de Descripcion

tecla

<F2> Abre el programa de configuracién del sistema. Consulte "Uso del
programa de configuracién del sistema y de UEFI Boot Manager" en
la pagina 157.

<F10> Accede a los servicios del sistema, que permiten abrir Dell Unified

Server Configurator (USC). Dell USC permite acceder a utilidades
como los diagndsticos incorporados del sistema. Para obtener mds
informacion, consulte la documentacion de Unified Server
Configurator.

NOTA: Unified Server Configurator es compatible con PowerEdge M610,
M610x, M710, M710HD, M910 y M915.

<Fl1> Con el modo de inicio establecido en BIOS: abre BIOS Boot Manager,
que permite seleccionar un dispositivo de inicio.

Con el modo de inicio establecido en UEFI: abre UEFI Boot Manager,

que permite administrar las opciones de inicio del sistema.

<Fl12> Abre el modo de inicio PXE (si se ha habilitado en el programa de
configuracién del sistema).

<Ctrl><E> Abre la utilidad de acceso remoto, que permite acceder al registro de
eventos del sistema (SEL) y configurar el acceso remoto al sistema.

<Ctrl><C> Abre la utilidad de configuracion SAS. Para obtener mas informacion,
consulte la documentacion del adaptador SAS.

<Ctrl><R> Abre la utilidad de configuracién RAID. Para obtener mds
informacion, consulte la documentacion de la tarjeta RAID.
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Pulsacion de Descripcion

tecla

<Ctrl> <S> Abre la utilidad de configuracién de las opciones de NIC para el inicio
PXE. Para obtener mds informacion, consulte la documentacién de la
NIC integrada.
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Informacion general del sistema

Fl sistema puede incluir hasta 16 mddulos de alta densidad (o médulos de
servidor) de media altura, 8 mddulos de alta densidad de altura completa o
una combinacién de ambos (consulte lustracion 1-1, llustracion 1-2'y
llustracion 1-3). Para funcionar como un sistema, un médulo de alta densidad
se inserta en un alojamiento (chasis) que admite fuentes de alimentacién,
modulos de ventilador, un médulo de controladora de administracion del
chasis (CMC) y al menos un médulo de E/S para la conectividad de red
externa. Las fuentes de alimentacion, los ventiladores, la CMC, el médulo
iKVM opcional y los médulos de E/S son recursos compartidos de los médulos
alta densidad en el alojamiento PowerEdge M1000e.

4 NOTA: Para garantizar un funcionamiento y una refrigeracion correctos, todos los
compartimientos del alojamiento deben estar ocupados en todo momento con un
maddulo o con un panel de relleno.

llustracion 1-1. Numeracion de los médulos de alta densidad: Médulos de alta
densidad de media altura

Informacion sobre el sistema | 17



llustracion 1-2. Numeracion de los médulos de alta densidad: Médulos de alta
densidad de altura completa

1 2 3 4 5 6

~
(o=}

llustracion 1-3. Numeracion de los médulos de alta densidad: Médulos de alta
densidad de media altura y de altura completa combinados

1 2 3 4 5 6 7 8
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Componentes del panel de control del sistema

llustracion 1-4. Componentes del panel de control

1 Puerto USB (solo para el raton) 2 Puerto USB (sélo para el teclado)
3 Conector de video 4 Boton de encendido del sistema
5 Indicador de alimentacion
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Tabla1-1. Componentes del panel de control

Elemento
boton o
conector

Indicador,

Icono

Descripcion

Botén de N/D
encendido del

sistema
Indicador de  Apagado
alimentacion Verde

del sistema

Puertos USB  N/D
para el teclado
y el raton

Conectorde  N/D
video

Ial

Enciende y apaga el sistema. Presiénelo
para encender el sistema. Manténgalo
presionado 10 segundos para apagar el
sistema.

NOTA: El boton de encendido del sistema
controla el encendido de todos los médulos
de alta densidad y de E/S del alojamiento.

El alojamiento no recibe alimentacion.

El sistema recibe alimentacion.

Funciona si hay instalado un médulo
iKVM opcional y los puertos del panel
frontal estdn activados (configuracion
predeterminada) en la interfaz de la CMC.

NOTA: Estos puertos no admiten
dispositivos de almacenamiento USB.
Conecte Gnicamente dispositivos de
almacenamiento USB a los puertos USB del
panel frontal del médulo de alta densidad.

Funciona si hay instalado un médulo
1IKVM opcional y los puertos del panel
frontal estdn activados (configuracion
predeterminada) en la interfaz de la CMC.
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Modulo LCD

El médulo LCD cuenta con un asistente para configuracién
inicial/implantacién, permite acceder ficilmente a informacién sobre la
infraestructura y los médulos de alta densidad, y proporciona notificacién de
errores. Consulte Ilustracion 1-5.

llustracion 1-5. Pantalla LCD

1 Pantalla LCD 2 Botén de seleccion

3 Botones de desplazamiento (4)
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Caracteristicas del modulo LCD

La funcién principal del médulo LCD es proporcionar informacién en tiempo
real sobre la condicién y el estado de los mddulos del alojamiento.

Las caracteristicas del médulo LCD son las siguientes:

Un asistente para configuracion e implantacién que permite configurar la
red del médulo CMC durante la configuracion inicial del sistema

Menus para configurar la iDRAC en cada médulo de alta densidad
Pantallas de informacién de estado de cada modulo de alta densidad

Pantallas de informacién de estado de los médulos instalados en la parte
posterior del alojamiento, incluidos los médulos de E/S, los ventiladores, la
CMC, el iKVM y las fuentes de alimentacion

Una pantalla de resumen de red en la que se enumeran las direcciones IP
de todos los componentes del sistema

Estadisticas de consumo de energia en tiempo real, incluidos los valores
méximos y minimos, asi como el consumo de energia medio

Valores de la temperatura ambiente
Informacion de la alimentacién de CA

Alertas y avisos de errores graves

Uso de los menis del modulo LCD

Tabla1-2. Teclas de navegacion por las pantallas del médulo LCD

Teclas Accion

Flecha izquierda y flecha derecha  Permite pasar de una pantalla a otra.

Flecha hacia arriba o flecha hacia Permite ir a la opcién anterior o siguiente de una
abajo pantalla.

Botén central Permite seleccionar y guardar un elemento y

avanzar a la pantalla siguiente.

22
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Asistente para configuracion

La CMC estd predefinida para DIICP Para utilizar una direccién IP estdtica,
debe cambiar la configuracién de la CMC de DHCP a una direccién estética.
Para ello, ejecute el asistente para configuracién de LCD o utilice una
estacion de administraciéon y comandos de la CLI. Para obtener mas
informacién, consulte la Guia de configuracién de PowerEidge M1000e o la
documentacién de la CMC.

Q NOTA: Una vez que se ha ejecutado el asistente para configuracion, esta opcion
no vuelve a estar disponible en los mends del médulo LCD.

Seleccione un idioma entre las opciones presentadas en el cuadro de didlogo.

Inicie el asistente para configuracion.

Defina la configuracién de red de la CMC para su entorno de red:

Velocidad de red
Modo duplex
Modo de red (DHCP o estético)

Valores de direccién IP estatica, mdscara de subred y puerta de enlace
(si se ha seleccionado el modo estético)

Configuraciéon de DNS

4 Silo desca, defina la configuracién de red de la iDRAC.

Consulte la Guia del usuario de la CMC para obtener informacién

detallada sobre la iDRAC.

NOTA: Si decide no establecer la configuracion de la iDRAC manualmente, el
asistente para configuracion definird automéaticamente la interfaz de red
interna de la iDRAC de cada modulo de alta densidad.

NOTA: No puede definir una direccion IP estatica para la iDRAC mediante el
asistente para configuracion de LCD. Para definir una direccion IP estatica,
utilice la interfaz basada en web de la CMC o RACADM.

5 Revise la configuracion que se muestra en la pantalla Network Summary
(Resumen de red).

Sila configuracién es correcta, presione el botdn central para cerrar el
asistente para configuracion y volver al ment principal.

Sino lo es, utilice la tecla de flecha izquierda para volver a la pantalla
del ajuste correspondiente y corrijalo.
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Una vez finalizado el asistente para configuracion, la CMC estard disponible
en la red.

Menii principal
La ventana Main Menu (Ment principal) incluye enlaces al ment de

configuracién de la LCD (LCD Setup Menu), al mena del servidor (Server
Menu) y al menu del alojamiento (Enclosure Menu).

Menu de configuracion de la LCD

El mena LCD Setup Menu (Mend de configuracién de la LCD) permite
cambiar el idioma predeterminado y la pantalla de inicio de las pantallas de
menu de la LCD.

Meni del servidor

Desde el cuadro de didlogo Server Menu (Menu del servidor), puede resaltar
cada uno de los médulos de alta densidad del alojamiento mediante las teclas
de flecha y ver su estado.

¢ Un rectangulo gris indica que el médulo de alta densidad estd apagado o se
estd iniciando. Un rectdngulo verde indica que el mddulo de alta densidad
estd activo. Si el médulo de alta densidad presenta errores, se indica
mediante un rectdngulo d4mbar.

*  Para seleccionar un médulo de alta densidad, resdltelo y presione el botén
central. Aparece un cuadro de didlogo en el que se muestra la direccién IP
de iDRAC del médulo de alta densidad y se indica si se ha producido algtin
CITOL.

Menii del alojamiento

El menu Enclosure Menu (Menu del alojamiento) incluye las opciones
Module Status (Estado del modulo), Enclosure Status (Estado del
alojamiento) y Network Summary (Resumen de red).

* En el cuadro de didlogo Module Status (Estado del médulo), puede
resaltar cada uno de los componentes del alojamiento y ver su estado.

- Un rectdngulo gris indica que el médulo esta apagado o se estd
iniciando. Un rectdngulo verde indica que el mddulo estd activo. Siun
moédulo contiene errores, se muestra un rectdngulo dmbar.
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- Sise ha seleccionado un médulo, aparece un cuadro de didlogo que
muestra el estado actual del médulo e indica si se ha producido algtin
error.

* En el cuadro de didlogo Enclosure Status (Estado del alojamiento), puede
ver el estado del alojamiento, los errores que se hayan producido y las
estadisticas del consumo de energia.

* Enla pantalla Network Summary (Resumen de red) se enumeran las
direcciones IP de la CMC, la iDRAC de cada mddulo de alta densidad y
otros componentes del alojamiento.

Componentes del médulo de alta densidad

llustracion 1-6. Componentes del panel frontal: PowerEdge M915

1
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1 Boton de liberacion del asa del 2 Unidades de disco duro (2)
mddulo de alta densidad

3 Indicador de estado/identificacion 4 Conectores USB (3)
del médulo de alta densidad

5 Botdon de encendido del médulode 6 Indicador de alimentacion del
alta densidad moédulo de alta densidad

llustracion 1-7. Componentes del panel frontal: PowerEdge M910

1\
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1 Boton de liberacion del asa del 2 Unidades de disco duro (2)
mddulo de alta densidad

3 Indicador de estado/identificacion 4 Conectores USB (3)
del médulo de alta densidad

5 Botdn de encendido del médulo de 6 Indicador de alimentacion del
alta densidad moédulo de alta densidad

llustracion 1-8. Componentes del panel frontal: PowerEdge M905 y M805
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1 Boton de liberacion del asa del 2 Unidades de disco duro (2)
mddulo de alta densidad

3 Indicador de estado/identificacion 4 Conectores USB (3)
del médulo de alta densidad

5 Botdon de encendido del médulode 6 Indicador de alimentacion del
alta densidad moédulo de alta densidad

llustracion 1-9. Componentes del panel frontal: PowerEdge M710HD
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1 Boton de liberacion del asa del 2 Unidades de disco duro (2)
maddulo de alta densidad

3 Indicador de estado/identificacion 4 Conectores USB (2)
del modulo de alta densidad

5 Boton de encendido del médulode 6 Indicador de alimentacion del
alta densidad moédulo de alta densidad
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llustracion 1-10. Componentes del panel frontal: PowerEdge M710
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1 Boton de liberacion del asa del 2 Unidades de disco duro (4)
mddulo de alta densidad
3 Conectores USB (3) 4 Indicador de estado/identificacion
del médulo de alta densidad
5 Botdn de encendido del médulo de 6 Indicador de alimentacion del
alta densidad moédulo de alta densidad
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llustracion 1-11. Componentes del panel frontal: PowerEdge M610x
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1 Boton de liberacion del asa del 2

mddulo de alta densidad

3 Seguro de retencion del 4
cubrerranuras de la tarjeta de
expansion con tornillo cautivo

5 Indicador de estado/identificacion 6
del médulo de alta densidad

7 Boton de encendido del médulo de 8
alta densidad
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Unidad de disco duro (2)

Ranura para tarjeta de a la ligne
suivante (2)

Conector USB (2)
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llustracion 1-12. Componentes del panel frontal: PowerEdge M610
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Boton de liberacion del asa del 2 Unidades de disco duro (2)
modulo de alta densidad

Indicador de estado/identificacion 4 Conectores USB (2)
del médulo de alta densidad

Boton de encendido del modulode 6 Indicador de alimentacion del
alta densidad maddulo de alta densidad
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llustracion 1-13. Componentes del panel frontal: PowerEdge M605 y M600
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1 Botdn de liberacion del asa del
mddulo de alta densidad

3 Indicador de estado/identificacion
del médulo de alta densidad

5 Botdn de encendido del médulo de
alta densidad
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Tabla1-3. Componentes del panel de control del médulo de alta densidad

Caracteristica

Icono

Descripcion

Indicador de
alimentacién del
modulo de alta

densidad

Indicador de

estado/identifica
cién del modulo
de alta densidad

O

@

Luz apagada: el médulo de alta densidad no recibe
alimentacion, se encuentra en modo de espera, no
estd encendido o no se ha instalado correctamente.
Para obtener informacién detallada sobre cémo
instalar un médulo de alta densidad, consulte
"Instalacién de un médulo de alta densidad" en la
pdgina 182.

Luz verde que se intensifica del brillo minimo al
maximo: la peticion de encendido del médulo de alta
densidad estd pendiente.

Luz verde encendida: el médulo de alta densidad est4
encendido.

Luz apagada: el médulo de alta densidad estd
apagado.

Luz azul: el estado de funcionamiento es normal.

Luz azul parpadeante: se estd identificando el
modulo de alta densidad de forma remota a través de

la CMC.

Luz dmbar parpadeante: el médulo de alta densidad
ha detectado un error interno o las tarjetas
intermedias instaladas no coinciden con los médulos
de E/S instalados en el alojamiento M1000e. Revise
la CMC para comprobar los mensajes de error de
configuracién de E/S y corrija el error.
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Tabla1-3. Componentes del panel de control del médulo de alta densidad (continuacién)

Caracteristica Icono Descripcion

Botén de N/D Enciende y apaga la alimentacién del modulo de alta
encendido del densidad.

modulo de alta

* Siapaga el mddulo de alta densidad mediante el
botén de encendido mientras se ejecuta un sistema
operativo compatible con ACPI, el médulo de alta
densidad puede realizar un apagado ordenado antes
de que se apague la alimentacion.

densidad

* Si el médulo de alta densidad no se ejecuta en un
sistema operativo compatible con ACPI, la
alimentacion se apagard inmediatamente tras
presionar ¢l botén de encendido.

* Mantenga presionado el botén para apagar el
modulo de alta densidad inmediatamente.

El botén de encendido del médulo de alta densidad
estd habilitado de forma predeterminada en el
programa de configuracién del sistema. Si estd
deshabilitado, este botén sélo sirve para encender el
modulo de alta densidad. Para apagar el médulo,
debera utilizar el software de administracién de
sistemas.

Conector USB o< Conecta dispositivos USB 2.0 externos al médulo de
alta densidad.
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Uso de la unidad de disquete USB o la unidad de DVD/CD USB

Cada mdédulo de alta densidad dispone de puertos USB en la parte frontal que
permiten conectar una unidad de disquete USB, una unidad flash USB, una
unidad de DVD/CD USB, un teclado o un ratén. Las unidades USB pueden
utilizarse para configurar el médulo de alta densidad.

NOTA: Estos madulos de alta densidad sélo admiten unidades USB 2.0 de la marca
Dell. La unidad debe colocarse horizontalmente y nivelada para que funcione
correctamente. Utilice la bandeja de almacenamiento en unidad externa opcional
para sujetar la unidad mientras esta en funcionamiento.

NOTA: Sila unidad debe designarse como unidad de inicio, conecte la unidad
USB, reinicie el sistema, abra el programa de configuracion del sistema y
establezca la unidad como la primera de la secuencia de inicio (consulte "Uso del
programa de configuracion del sistema y de UEFI Boot Manager" en la pagina 157).
El dispositivo USB s6lo aparece en la pantalla de configuracion del orden de inicio
si se ha conectado al sistema antes de ejecutar el programa de configuracion del
sistema.

También puede seleccionar el dispositivo de inicio pulsando <F11> durante el inicio
del sistema y seleccionando un dispositivo de inicio para la secuencia de inicio
actual.

Componentes de la unidad de disco duro

PowerEdge M915 admite dos unidades de disco duro SAS de 2,5 pulgadas
o de disco de estado sdlido (SSD).

PowerEdge M910 admite hasta dos unidades de disco duro SAS, SATA o
SSD de 2,5 pulgadas.

PowerEdge M905 y M805 admiten una o dos unidades de disco duro SAS
de 2,5 pulgadas de intercambio activo.

PowerEdge M710HD admite hasta dos unidades de disco duro SAS o SSD
de 2,5 pulgadas de intercambio activo.

PowerEdge M710 admite hasta cuatro unidades de disco duro SAS de 2,5
pulgadas de intercambio activo.

PowerEdge M610, M610x, M600 y M605 admiten una o dos unidades de
disco duro SATA de 2,5 pulgadas o bien una o dos unidades de disco duro
SAS de 2,5 pulgadas.
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Q NOTA: No es posible combinar unidades de disco duro SAS y SATA en un
mddulo de alta densidad.

[E4 NOTA: Las unidades de disco duro SATA no son de intercambio activo con la
tarjeta secundaria repetidora SATA.

% NOTA: Se admiten unidades de intercambio activo si hay una tarjeta
controladora RAID opcional instalada en el médulo de alta densidad.

Las unidades de disco duro se conectan al plano posterior de almacenamiento
interno en el interior del médulo de alta densidad. En los médulos de alta
densidad con una configuracién sin disco, se deben ocupar todas las ranuras
para unidades de disco duro con unidades de disco duro de relleno y el plano
posterior de almacenamiento interno debe seguir estando instalado para
mantener un flujo de aire adecuado.

Consulte llustracién 1-14 para obtener informacién sobre los indicadores de la
unidad de disco duro. A medida que se producen eventos en el sistema, van
apareciendo patrones distintos.

Q NOTA: El modulo de alta densidad debe tener una unidad de disco duro o una
unidad de disco duro de relleno instalada en cada compartimiento para unidades
de disco duro.

4 NOTA: Elindicador de estado de la unidad de disco duro sélo funciona en
configuraciones de discos duros RAID. Para las configuraciones que no son RAID,
sélo estd activo el indicador de actividad de la unidad. Consulte la documentacion
de la controladora RAID para reparar un volumen RAID, regenerar una matriz o
cambiar miembros de RAID.

36 | Informacion sobre el sistema



llustracion 1-14. Indicadores de la unidad de disco duro
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1 Indicador de actividad de la unidad 2 Indicador de estado de la unidad
(verde) (verde y ambar)

Tabla1-4. Indicadores de la unidad de disco duro

Condicion Patron de los indicadores de estado de la unidad
Identificacion de la Parpadea en verde dos veces por segundo.
unidad/preparacion para la

extraccion.

La unidad est lista parala Apagado

insercion o la extraccion.  NOTA: El indicador de estado de la unidad permanece

apagado hasta que se inicializan todas las unidades de
disco duro una vez que el sistema recibe alimentacion.
Durante este tiempo, las unidades no estan listas para

la insercion ni la extraccion.

e ha producido un error  Parpadea en verde, en 4mbar y se apaga.
Seh ducid Parpad de, b
previsto de la unidad.

Se ha producido un error  Parpadea en dmbar cuatro veces por segundo.
en la unidad.
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Tabla 1-4. Indicadores de la unidad de disco duro (continuacion)

Condicién Patron de los indicadores de estado de la unidad

Se estd regenerando la Parpadea en verde lentamente.

unidad.

La unidad estd conectada. Emite una luz verde fija.

Se ha detenido la Parpadea en verde durante tres segundos, en dmbar

regeneracion. durante tres segundos y se apaga durante seis
segundos
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Componentes del panel posterior

llustracion 1-15. Componentes del panel posterior
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1 Maodulos de ventilador (9) 2 Médulo CMC principal
3 Maodulos de E/S (6) 4 Madulo iKVM opcional
5 Médulo CMC secundario 6 Fuentes de alimentacion (6)
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llustracion 1-16. Numeracion del compartimiento para médulos del panel posterior
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Indicadores de la fuente de alimentacion

4 NOTA: Las fuentes de alimentacion deben conectarse a una PDU y no
directamente a una toma eléctrica.
* Llas fuentes de alimentacion requieren una fuente de energia de 200-240 V.

* Esposible conectar una fuente de alimentacién de 2 700 W a una fuente de
energia de 110 V CA.

llustracion 1-17. Indicadores de la fuente de alimentacion

1 Indicador de salida de 2 Indicador de fallo de la fuente de
alimentacion de CC alimentacion
3 Indicador de presencia de

alimentacion de CA
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Tabla 1-5. Indicadores de la fuente de alimentacion

Indicador Icono Descripcion

Estado de la O) Una luz verde indica que la fuente de alimentacién estd
fuente de operativa y proporciona alimentacién de CC al sistema.
alimentacién

Indicador de ﬁ Una luz dmbar indica que hay un problema en la fuente de
fallo alimentacién, que puede provenir de la propia fuente de

alimentacion o de un ventilador de la fuente de
alimentacion. Consulte "Mddulos de fuente de
alimentacién”.

Indicador de d Una luz verde indica que hay una fuente de CA vélida
presencia de W’ conectada a la fuente de alimentacién y que estd
fuente de operativa.

energia de CA

Indicadores del modulo de ventilador

llustracion 1-18. Indicadores del médulo de ventilador
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1 Indicador de alimentacion del 2 Indicador de fallo del ventilador
ventilador
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Tabla 1-6. Indicadores del ventilador

Indicador Estado  Descripcion

del

indicador
Indicador de Verde La fuente de alimentacién estd conectada a una fuente
alimentacién de energia de CA.

Apagado No se recibe alimentacién de CA.

Indicador de Ambar  Se ha producido una condicién de error en el ventilador.

fallo

Apagado  El ventilador no es defectuoso.

Identificacion de la version del plano medio

La version del plano medio instalado en el alojamiento aparece en el campo
Midplane Revision (Revision del plano medio) de la ficha Summary
(Resumen) de la interfaz basada en web de la CMC.

También se pueden observar los iconos de la parte posterior del alojamiento
para identificar la versién del plano medio instalado en el sistema. En la
Tabla 1-7 se describen los iconos de la parte posterior del alojamiento.

Tabla 1-7. ldentificacion de la version del plano medio

Marca Descripcion Version del plano medio
Ranuras para médulos de E/S A1, A2 1.1

Ranuras para mddulos de F/S B1, B2, 1.1
Cl
y C2

Ranuras para médulos de E/S A1,A2 1.0

<

Ranuras para médulos de E/S B1, B2, 1.0
Cl
yC2
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Consulte Ilustracion 1-19 y [lustracion 1-20 para localizar las etiquetas de
identificacion del plano medio en el alojamiento.

llustracion 1-19. Identificacion de la version 1.1 del plano medio
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1 Etiqueta de identificacion del plano

medio (2)
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llustracion 1-20. Identificacion de la version 1.0 del plano medio
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Modulo iKVM

El médulo de conmutador iKVM analdgico Avocent opcional presenta las
caracteristicas siguientes:

46

Posibilidad de deshabilitar el acceso de iKVM local de forma remota para
cada mddulo de alta densidad a través de la interfaz de IDRAC del médulo
de alta densidad (de forma predeterminada, este acceso estd habilitado).

% NOTA: Con la configuracion predeterminada (habilitado), una sesion de
consola en un médulo de alta densidad determinado estara disponible tanto
para la interfaz de iDRAC como para el iKVM (los usuarios conectados a la
consola de un moédulo de alta densidad a través de la iDRAC y el iKVM veran
la misma imagen y podran escribir comandos). Si no desea contar con este
uso compartido, puede deshabilitarlo mediante la interfaz de consola de
iDRAC.

Los conectores siguientes:

—  Un conector VGA. El iKVM admite una resolucion de pantalla de
video de entre 640 X 480 a 60 Hz y 1 280 x 1 024 con 65 000 colores

(no entrelazados) a 75 Hz.
- Dos puertos USB para el teclado y el ratén.

Q NOTA: Los puertos USB del iKVM no admiten dispositivos de
almacenamiento.

- Un puerto ACI RJ-45 para la conexién en cascada con conmutadores
KVM analdgicos Dell y Avocent y conmutadores KVM sobre IP con
puertos ARL

Q NOTA: Aunque el puerto ACI es un conector RJ-45 y utiliza cableado Cat5 (o
superior), no es un puerto de interfaz de red Ethernet. Sélo se utiliza para la
conexion con conmutadores KVM externos con puertos ARI (interfaz de rack
analégico) y no admite KVM sobre IP nativos.

También se puede acceder al iIKVM desde la parte frontal del alojamiento,
lo que proporciona funcionalidad de KVM del panel frontal o posterior,
aunque no al mismo tiempo. Para una mayor seguridad, se puede
deshabilitar el acceso al panel frontal mediante la interfaz de la CMC.

4 NOTA: La conexion de un teclado, un video y un raton al panel frontal del
alojamiento deshabilita la salida de video al puerto del panel posterior de
iKVM. No interrumpe el video de iDRAC ni la redireccién de consola.
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*  Puede utilizar el iKVM para acceder a la consola CMC directamente
mediante RACADM o a través de la interfaz basada en web. Para obtener
mds informacién, consulte la seccién relativa al uso del médulo iKVM en la

Guia del usuario de la CMC.

En la Ilustracién 1-21 se muestran los componentes externos del médulo de
conmutador iKVM.

llustracion 1-21. Modulo de conmutador iKVM Avocent

1 Indicador de identificacion 2 Indicador de estado
3 Puerto ACI (solo para la conexion en 4 Conectores USB (2) para el
cascada) tecladoy el raton

PRECAUCION: No conecte el puerto ACI

a un dispositivo de LAN, como por ejemplo
un concentrador de red. Si lo hace, podria
provocar daiios en el equipo.

5 Conector de video
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Tabla 1-8. Componentes del moédulo de conmutador iKVM analdgico Avocent

Caracteristica Patron del
indicador

Descripcion

Indicador de  Apagado
alimentacién
Verde

Luz verde
parpadeante

Indicador de  Luz azul
estado/identifi parpadeante
cacion Luz dmbar
parpadeante
Conectores

USB

Conector de
video

Puerto ACI

Indicador de  Apagado

enlace

Verde

Indicador de  Apagado

actividad .
‘ Luz dmbar

parpadeante

El conmutador iKVM no recibe alimentacion.
El conmutador iKVM recibe alimentacion.

Hay una actualizacién de firmware en curso.
Se estd identificando el médulo iKVM.

El sistema ha fallado o se ha producido una
condicién de error.

Permite conectar un teclado y un ratén al
sistema.

Permite conectar un monitor al sistema.

Permite la conexiéon de uno o mds servidores a un
conmutador de consola Dell con un puerto ARI,
como por ejemplo un conmutador analdgico o
digital externo.

El puerto ACI no estd conectado al conmutador
externo.

El puerto ACI estd conectado al conmutador
externo.

No se estdan enviando ni recibiendo datos.

Se estdn enviando o recibiendo datos.
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Conexion en cascada del conmutador iKVM Avocent desde un
conmutador KVM analégico

El conmutador iKVM Avocent puede conectarse en cascada desde
conmutadores KVM analdgicos como Dell 2160AS y 180AS y desde un gran
ndmero de conmutadores KVM analégicos Avocent. Es posible conectar en
cascada varios conmutadores sin necesidad de un SIP (Server Interface Pod)
(consulte Tabla 1-9).

Tabla1-9. Requisitos de cableado para los conmutadores KVM analdgicos externos

Conmutador Requisitos de cableado para la conexion en
cascada

Dell PowerConnect 180AS, 2160AS  Conexidn en cascada ininterrumpida
Avocent Autoview 1400 1500. 2000, mediante un puerto ACl'y un cable Cat5
2020, 2030, Ax000R

Avocent Autoview 200, 400, 416, 424 SIP USB de Dell con un cable Cat5

Avocent Outlook 140ES, 180ES,
160ES

Antes de conectar el conmutador iKVM a un conmutador analdgico
compatible, debe configurar el conmutador iKVM de modo que se muestre
en el orden de ranura y debe establecer la opcién Screen Delay Time (Tiempo
de retardo de pantalla) en uno o més segundos:

1 Pulse <Impr Pant> para iniciar la interfaz OSCAR para el conmutador
iKVM.
Aparece el cuadro de didlogo de OSCAR en el monitor conectado al iIKVM.

2 Haga clic en Setup (Configurar)> Menu (Ment). Aparece el cuadro de
didlogo Menu (Mend).

3 Scleccione Slot (Ranura) para visualizar los servidores ordenados por
ntimero de ranura.

Especifique un tiempo de retardo de pantalla de al menos 1 segundo.
IHaga clic en OK (Aceptar).

Si define la opcién Screen Delay Time (Tiempo de retardo de pantalla) en 1
segundo, podrd realizar una conmutacién por software a un servidor sin tener

que iniciar la interfaz OSCAR.

Informacion sobre el sistema | 49



[E4 NOTA: La conmutacion por software permite cambiar de servidor mediante una

secuencia de teclas de acceso. Puede realizar una conmutacién por software a un
servidor pulsando <Impr Pant>y luego escribiendo los primeros caracteres de su
nombre o nimero. Si ha establecido un tiempo de retardo y pulsa la secuencia de
teclas antes de que haya transcurrido ese tiempo, la interfaz 0SCAR no se
mostrara.

Para configurar el conmutador analégico:

1

Pulse <Impr Pant> para abrir el cuadro de didlogo principal de la interfaz

OSCAR.

Haga clic en Setup (Configurar)— Devices (Dispositivos)— Device
Modify (Modificar dispositivo).

Seleccione la opcidn de 16 puertos para que coincida con el nimero de
modulos de alta densidad que hay en el sistema.

Haga clic en OK (Aceptar) para salir de la interfaz OSCAR.

Pulse <Impr Pant> para verificar que se ha aplicado la configuracion. El
ndimero de ranura del mddulo de alta densidad al que estd conectado ahora
el conmutador iKVM aparecera ampliado y mostrard cada una de las
ubicaciones de ranura de los médulos de alta densidad del sistema. Por
ejemplo, si el conmutador iKVM estd conectado a la ranura 1, ahora se
mostraria como de 01-01 a 01-16.

Para conectar el conmutador iKVM Avocent a un conmutador analdgico
compatible:
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Si el conmutador no requiere un SIP para conectarse a iKVM (consulte
Tabla 1-9), conecte un cable Cat5 (o mas reciente) al puerto ACI RJ-45 del
modulo iKVM. Consulte Ilustracion 1-21.

Conecte el otro extremo de este cable al puerto ARI del conmutador
externo.

Si el conmutador analégico requiere un SIP USB (consulte Tabla 1-9),
conecte un SIP USB al iKVM y, a continuacién, conecte un cable Cat5 (o
mis reciente) al SIP Conecte el otro extremo de este cable al puerto ARI
del conmutador externo.

Conecte el conmutador analégico y el sistema a una fuente de energia
apropiada.

3 Encienda el sistema.

4 Encienda el conmutador analdgico externo.
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NOTA: Si se enciende el conmutador analdgico externo antes que el sistema, es
posible que se muestre un Gnico médulo de alta densidad en la interfaz 0SCAR del
conmutador analégico en lugar de 16. Si esto ocurre, apague y reinicie el
conmutador para que se reconozca todo el complemento de médulos de alta
densidad.

NOTA: Ademas de los pasos descritos anteriormente, es posible que algunos
conmutadores analdgicos externos requieran pasos adicionales para garantizar
que los médulos de alta densidad del conmutador iKVM aparezcan en la interfaz
OSCAR del conmutador analdgico externo. Consulte la documentacion del
conmutador anal6gico externo para obtener mas informacion.

Conexion en cascada del conmutador iKVM Avocent desde un
conmutador KVM digital

Un conmutador iKVM también se puede conectar en cascada desde un
conmutador KVM digital, como por ejemplo Dell 2161DS 0 4161DS, o desde

un conmutador KVM digital Avocent compatible. Es posible conectar en
cascada varios conmutadores sin necesidad de un SIP (consulte Tabla 1-10).

Tabla 1-10. Requisitos de cableado para los conmutadores KVM digitales externos

Conmutador Requisitos para la conexion en cascada

Dell PowerConnect 2161DS, 4161DS Conexion en cascada ininterrumpida

Avocent DSR 800, x16x, x010, x031,

mediante un puerto ACl y un cable Cat5

x030, x035,102x (excepto 1024)
Avocent DSR 1024 SIP USB de Dell con un cable Cat5

Para conectar en cascada el mddulo de conmutador iKVM desde un
conmutador de consola Dell 2161DS, 180AS o 2160AS:

Si el conmutador no requiere un SIP para conectarse a iKVM (consulte
labla 1-10), conecte un cable Cat5 (o mds reciente) al puerto ACI RJ-45
del médulo iKVM. Consulte lustracion 1-21.

Conecte el otro extremo de este cable al puerto ARI del conmutador

externo.

Si el conmutador requiere un SIP USB (consulte Tabla 1-9), conecte un SIP
USB al iKVM y, a continuacion, conecte un cable Cat5 (o mds reciente) al
SIP. Conecte el otro extremo de este cable al puerto ARI del conmutador
externo.
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Cuando el conmutador KVM esté conectado, los médulos de servidor
aparecerdn en la interfaz OSCAR.

[E4 NOTA: Una vez configurado el sistema local, también debe volver a sincronizar la
lista de servidores desde el software del conmutador de consola remota para poder
ver la lista de médulos de alta densidad. Consulte Resincronizacion de la lista de
servidores en la estacién de trabajo cliente remota.

Resincronizacion de la lista de servidores en la estacion de trabajo cliente remota

Cuando el conmutador iKVM esté conectado, los médulos de alta densidad
aparecerdn en la interfaz OSCAR. Ahora debe volver a sincronizar los
servidores de todas las estaciones de trabajo remotas para garantizar que los
modulos de alta densidad estén disponibles para cualquier usuario remoto
conectado al conmutador de consola a través del software del conmutador de
consola remota.

g NOTA: Este procedimiento sdlo resincroniza una tnica estacion de trabajo cliente
remota. Si cuenta con varias estaciones de trabajo cliente, guarde la base de datos
local resincronizada y carguela en las otras estaciones de trabajo cliente para
garantizar la coherencia.

Para resincronizar el listado de servidores:
1 Haga clic en Resync (Resincronizar) en la categoria Server (Servidor) del
panel de administracion.
Se inicia el asistente para la resincronizacion.

2 [laga clic en Next (Siguiente).

Se muestra un mensaje de aviso que indica que la base de datos se
actualizard para que coincida con la configuracion actual del conmutador
de consola. Puede que los nombres actuales de la base de datos local se
sobrescriban con los nombres del conmutador. Para que se incluyan SIP sin

alimentacién en la resincronizacién, haga clic para marcar la casilla de
verificacién Include Offline SIPs (Incluir SIP fuera de linea).

3 [aga clic en Next (Siguiente).

Aparece el cuadro de mensaje Polling Remote Console Switch
(Sondeando conmutador de consola remota) con una barra de progreso
que indica que se estd recuperando la informacién del conmutador.

4 Sino se han detectado cambios en el servidor, aparecerd un cuadro de
didlogo de finalizacién con esta informacién.
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Si se han detectado cambios en el servidor, se mostrara el cuadro de
didlogo Detected Changes (Cambios detectados). Haga clic en Next
(Siguiente) para actualizar la base de datos.

Si se ha detectado un conmutador en cascada, aparecerd el cuadro de
didlogo Enter Cascade Switch Information (Introduzca informacién sobre
el conmutador en cascada). Seleccione en la lista desplegable el tipo de
conmutador conectado al servidor. Si el tipo que estd buscando no esta
disponible, puede afadirlo haciendo clic en Add (Agregar).

IHaga clic en Next (Siguiente). Aparece el cuadro de didlogo de
finalizacion.
Haga clic en Finish (Finalizar) para salir.

Inicie el conmutador analégico y el sistema.
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Madulo CMC

llustracion 1-22. Componentes del médulo CMC
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1 2 3

Conector Ethernet Gb1

Conector Ethernet STK (pila):
utilizado para la conexién
secuencial de CMC en alojamientos
distintos

Conector serie DB-9 para la
configuracion local

CMC principal (CMC 1)

Indicador de estado/identificacion
de color azul

Informacién sobre el sistema

Indicador de enlace (2)
Indicador de actividad (2)

CMC secundaria opcional (CMC 2)

Indicador de fallo de color &mbar
Indicador de alimentacion



Tabla 1-11. Componentes del médulo CMC

Indicador Patron Descripcion
Indicadorde  Apagado La LAN no est4 enlazada.
enlace a la Verde La LAN estd enlazada.

controladora de
interfaz de red

Indicador de  Apagado La LAN no estd activa.
actividad de la
controladora de
interfaz de red

Luz 4mbar  Indica que la CMC del sistema y la LAN se estdn
parpadeante comunicando.

Indicador de  Apagado La CMC no recibe alimentacion.

alimentacion Verde La CMC recibe alimentacion.

Luz verde  Hay una actualizacién de firmware en curso.

parpadeante

Indicador de  Apagado Esta CMC es la CMC de reserva.

CSt.a,dO/ldcntlﬁc Luz azul fija Esta CMC es la CMC principal.

acién
Luz azul Fl software de administracion de sistemas estd
parpadeante identificando la CMC.

Indicador de  Apagado La CMC funciona con normalidad.
fallo

Luz dmbar  Se ha producido un fallo.
parpadeante

Conector seriec  Ninguno Se utiliza para la configuracion local (115 200 baudios,
sin paridad, 8, 1).

La CMC proporciona varias funciones de administracién de sistemas para el
servidor modular:

*  Administracién térmica y de energia automdtica en tiempo real de nivel de
alojamiento.

- La CMC supervisa los requisitos de alimentacién del sistema y es
compatible con el modo opcional de activacion dindmica de la fuente
de alimentacién para que la CMC pueda habilitar fuentes de
alimentacién o colocarlas en modo de espera de forma dindmica,
segun los requisitos de carga y redundancia, para mejorar la eficiencia
energética.
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La CMC notifica el consumo de energia en tiempo real, lo que incluye
el registro de los puntos maximos y minimos con una indicacién de
hora.

La CMC permite fijar un limite de alimentacién maxima opcional
para el alojamiento, que avisara o realizard alguna accién, como regular
los médulos de servidor o evitar que se enciendan nuevos médulos de
alta densidad para mantener el alojamiento por debajo del limite de
alimentacién maxima definido.

La CMC supervisa y controla automaticamente los ventiladores de
refrigeracién en funcién de mediciones reales de la temperatura
interna y ambiente.

La CMC proporciona informes completos de errores o de estado y del
inventario del alojamiento.

* La CMC proporciona un mecanismo para configurar de forma
centralizada lo siguiente:

Los ajustes de red y de seguridad del alojamiento M1000e.
Los ajustes de redundancia de alimentacién y de limite de energfa.
Los ajustes de red de iDRAC y de los conmutadores de E/S.

El primer dispositivo de inicio de los médulos de alta densidad del
servidor.

La CMC comprueba la coherencia de la red Fabric de E/S entre los
modulos de E/S y los médulos de alta densidad, y deshabilita
componentes, si procede, para proteger el hardware del sistema.

La seguridad de acceso de los usuarios.

La CMC cuenta con dos puertos Ethernet: Gbl se utiliza para la conexién a
la red de administracién externa. El conector con la etiqueta STK (del inglés
"stack" [pila]) permite conectar secuencialmente CMC de alojamientos
adyacentes. Un conmutador Ethernet de 24 puertos proporciona
comunicacion interna entre la iDRAC de cada médulo de alta densidad,
moédulo de E/S, KVM opcional y una segunda CMC redundante opcional.

[E4 NOTA: El conmutador Ethernet de 24 puertos esté reservado para la comunicacion
interna de la iDRAC de los modulos de alta densidad con la CMC y con la red de
administracion externa. Si hay instaladas dos CMC, también esta presente el latido
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para la redundancia de CMC y se admite dicha redundancia en esta red interna.
Esta red interna se encuentra fuera de la ruta de datos de las LOM de hosty las
tarjetas intermedias de los modulos de alta densidad.

Para que el sistema se encienda, debe haber al menos una CMC instalada en
el compartimiento para CMC principal (consulte Iustracion 1-22). Si hay
instalado un segundo médulo CMC opcional, estardn disponibles la
proteccién de sustitucion tras error y la sustitucién de acoplamiento activo.

Consulte la Guia del usuario de la controladora de administracion del chasis de
Dell mis reciente en support.dell.com/manuals para obtener instrucciones
completas sobre cémo configurar y utilizar el médulo CMC.
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llustracion 1-23. Conexion secuencial de CMC

1 Red de administracion 2 CMC secundaria
3 CMC principal
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Conectividad de E/S

Fl alojamiento M1000e admite tres niveles de red Fabric de F/S, que se pueden
seleccionar a partir de combinaciones de médulos Ethernet, Fibre Channel e
Infiniband. Puede instalar hasta seis mddulos de E/S de intercambio activo en el
alojamiento, incluidos médulos de conmutador Fibre Channel, médulos de paso
a través Fibre Channel, médulos de conmutador Infiniband, médulos de
conmutador Ethernet y médulos de paso a través Ethernet.

Pautas para la instalacion de modulos de E/S

Al rellenar los médulos de E/S, siga estas pautas. En la llustracion 1-15 puede
ver la ubicacién de los compartimientos de E/S.

Pautas generales para la configuracion de los médulos de E/S

Siun médulo de E/S estad instalado en la red Fabric B o C, al menos un
moédulo de alta densidad debe tener instalada una tarjeta intermedia
coincidente para permitir el flujo de datos para ese médulo de E/S.

Siun médulo de alta densidad tiene instalada una tarjeta intermedia
opcional en la ranura para tarjeta de la red Fabric B o C, debe haber
instalado al menos un médulo de E/S correspondiente para permitir el
flujo de datos para esa red Fabric.

Los médulos se pueden instalar en las redes Fabric B y C de forma
independiente. No es necesario instalar médulos en la red Fabric B antes
de instalar médulos en las ranuras de la red Fabric C.

Las ranuras Al y A2 s6lo admiten médulos de F/S Ethernet. Este tipo de
red Fabric s6lo admite médulos Ethernet en estas ranuras y no es
compatible con los médulos Fibre Channel, Infiniband o de otro tipo de
red Fabric.

Las redes Fabric A, By C pueden admitir médulos de tipo de red Fabric
Ethernet.

Para permitir la configuracién del conmutador antes de realizar la imagen
del médulo de alta densidad, se pueden encender los médulos de E/S antes
de insertar un médulo de alta densidad en el alojamiento.
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Red Fabric A

La red Fabric A es una red Fabric Ethernet Gb redundante compatible con las
ranuras Al y A2 para mdédulos de I/S. Las controladoras Ethernet integradas
de cada médulo de alta densidad obligan a que la red Fabric A sea del tipo
s6lo Ethernet.

Q NOTA: La red Fabric A admite KR (10 Gbps estandar) si la version del plano medio
del alojamiento es 1.1 o superior. Para identificar la version del plano medio,
consulte "ldentificacion de la version del plano medio" en la pagina 43.

4 NOTA: Los modulos disefiados especificamente para la red Fabric B o Fabric C no
se pueden instalar en las ranuras A1 0 A2, como se indica en el etiquetado
codificado por color de la placa frontal de cada médulo.

Red Fabric B

La red Fabric B es una red Fabric redundante de 1 a 40 Gb/s compatible con
las ranuras Bl y B2 para médulos de E/S. Actualmente, la red Fabric B admite
madulos 1Gb Ethernet o 10Gb Ethernet, médulos Infiniband DDR/ODR y
madulos Fibre Channel de 4 Gbps u 8§ Gbps. Préximamente es posible que se
admitan tipos de redes Fabric adicionales.

% NOTA: Si la version del plano medio del alojamiento es 1.1 o posterior, la red Fabric
B admitira Fibre Channel de hasta 16 Gbps, Infiniband FDR (14 Gbps estandar) y KR
(10 Gbps estandar). Para identificar la version del plano medio, consulte
"Identificacion de la version del plano medio" en la pagina 43.

Para comunicarse con un médulo de E/S en las ranuras de la red Fabric B, un
mddulo de alta densidad debe tener instalada una tarjeta intermedia
coincidente en la ubicacién de tarjeta intermedia de la red Fabric B.

Los médulos disefiados para la red Fabric A también se pueden instalar en las
ranuras de la red Fabric B.

Red Fabric C

La red Fabric C es una red Fabric redundante de 1 a 40 Gb/s compatible con
las ranuras Cl y C2 para médulos de E/S. Actualmente, la red Fabric C
admite médulos 1Gb Ethernet o 10Gb Ethernet, médulos Infiniband
DDR/QDR y médulos Fibre Channel de 4 Gbps u 8 Gbps. Préoximamente es
posible que se admitan tipos de redes Fabric adicionales.
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Q NOTA: Sila version del plano medio del alojamiento es 1.1 o posterior, la red Fabric
C admitira Fibre Channel de hasta 16 Ghps, Infiniband FDR (14 Gbps estandar) y KR
(10 Gbps estandar). Para identificar la version del plano medio, consulte
“Identificacién de la version del plano medio” en la pagina 43.

Para comunicarse con un médulo de E/S en las ranuras de la red Fabric C, un
modulo de alta densidad debe tener instalada una tarjeta intermedia
coincidente en la ubicacién de tarjeta intermedia de la red Fabric C.

Los mddulos disefiados para la red Fabric A también se pueden instalar en las
ranuras de la red Fabric C.

Deshabilitacion automatica de puertos en la tarjeta secundaria de red
de cuatro puertos (sélo PowerEdge M710HD)

Los sistemas instalados con una tarjeta secundaria de red de cuatro puertos
admiten la funcién de deshabilitacién automética de puertos. Esta funcion
deshabilita el tercer (NIC3) y cuarto (NIC4) puerto de una tarjeta secundaria
de red de cuatro puertos durante el inicio del sistema, si el médulo de E/S
correspondiente instalado en las ranuras de la red Fabric A del chasis no
admite la asignacién de cuatro puertos. Este comportamiento estd limitado
unicamente a las ranuras de la red Fabric Ay se habilita o deshabilita de
forma automitica segin el tipo de médulo de E/S instalado.

Q NOTA: Para que todos los puertos estén activos, debe utilizarse una tarjeta
secundaria de red de cuatro puertos con un médulo de conmutador de 48 puertos
(32 puertos internos).

g NOTA: Las actualizaciones del firmware de la LOM se aplican sélo a los puertos
habilitados de una tarjeta secundaria de red de cuatro puertos.

En la Tabla 1-12 se ofrece informacién general sobre las configuraciones que
habilitan o deshabilitan los puertos NIC3 y NIC4 de una tarjeta secundaria de
red de cuatro puertos.
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Tabla1-12. Tabla de decision para la deshabilitacion automatica de puertos

Ranura A1 del Ranura A2 del NIC3y NIC4 Deshabilitacion

modulo de moédulo de (habilitado/deshabilita automatica de

entrada/salida entrada/salida do) puertos

Vacia Vacia Habilitado Inactiva

Vacia Dos puertos Deshabilitado Activa

Vacia Cuatro o més Habilitado Inactiva
puertos

Dos puertos Vacia Deshabilitado Activa

Dos puertos Dos puertos Deshabilitado Activa

Dos pucrtos Cuatro o mds Habilitado Inactiva
puertos

Cuatro o més Vacia Habilitado Inactiva

puertos

Cuatro o mds Dos puertos Habilitado Inactiva

puertos

Cuatro o mds Cuatro o més Habilitado Inactiva

puertos

puertos
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Tarjetas intermedias

Solo en PowerEdge M610x

PowerEdge M610x admite dos tarjetas intermedias. Las tarjetas intermedias
pueden instalarse en las dos ranuras de la tarjeta de interfaz de plano medio.

Q NOTA: PowerEdge M610x es un modulo de alta densidad de altura completa, pero
s6lo admite dos tarjetas intermedias en el compartimiento de expansion. Las dos
ranuras para tarjeta intermedia de la placa base M610x (MEZZ2_FAB_By
MEZZ1_FAB_C) estan reservadas para la tarjeta de interfaz intermedia. Consulte
"Tarjeta de interfaz intermedia (s6lo PowerEdge M610x)" en la pagina 240.

Maodulos de alta densidad de altura completa

Los médulos de alta densidad de altura completa admiten cuatro tarjetas
intermedias:

* Laranura Mezz]l Fabric_Cy la ranura Mezz3_Fabric_C admiten la red
Fabric C. Deben coincidir con el tipo de red Fabric de los médulos de E/S
instalados en las ranuras para médulos de E/S Cl y C2.

* Laranura Mezz2_Fabric_B y la ranura Mezz4_Fabric_B admiten la red
Fabric B. Deben coincidir con el tipo de red Fabric de los médulos de E/S
instalados en las ranuras para médulos de E/S Bl y B2.

Moduloes de alta densidad de media altura

Los médulos de alta densidad de media altura admiten dos tarjetas
intermedias:

* Laranura C para tarjeta intermedia admite la red Fabric C. Esta tarjeta
debe coincidir con el tipo de red Fabric de los médulos de E/S instalados
en las ranuras para médulos de E/S C1 y C2.

* Laranura B para tarjeta intermedia admite la red Fabric B. Esta tarjeta
debe coincidir con el tipo de red Fabric de los médulos de E/S instalados
en las ranuras para médulos de E/S Bl y B2.

Consulte "Tarjetas intermedias del médulo de E/S" en la pdgina 242 para
obtener mds informacion sobre las tarjetas intermedias.

En la Tabla 1-13 se muestran diferentes combinaciones admitidas de tarjetas
intermedias y médulos de E/S.
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Tabla1-13. Configuraciones de modulo de E/S admitidas

Red Fabric A Tarjeta Tarjeta Compartimie Compartimie Compartimiento
intermedia intermedia |ntode E/S ntodeE/S  deE/S C1, C2
red Fabric B red Fabric C |A1, A2 B1, B2

LOM - -- Médulo de - --

integrada conmutador

estandar omodulo de

paso a través
Ethernet

LOM Tarjeta - Moédulo de Médulo de -

integrada  intermedia conmutador conmutador

estandar Ethernet omodulode omddulo de

pasoatravés pasoa través
Ethernet Ethernet

LOM - Tarjeta Moédulode - Médulo de

integrada intermedia  |conmutador conmutador

estandar Infiniband |omodulode Infiniband
paso a través
Ethernet

LOM Tarjeta Tarjeta Moédulo de Médulo de  Mdédulo de

integrada  intermedia intermedia |conmutador conmutador conmutador o

estandar Ethernet Ethernet  Jomdédulode omoédulode mddulo de paso

pasoatravés pasoatravés a través
Ethernet Ethernet Ethernet
LOM Tarjeta Tarjeta Moédulo de Médulo de  Médulo de
integrada  intermedia intermedia |conmutador conmutador conmutador
estandar Fibre Infiniband |omddulode omdédulode Infiniband
Channel pasoa través pasoatravés
Ethernet Fibre
Channel

LOM - Tarjeta Médulode - Médulo de

integrada intermedia  |conmutador conmutador o

estandar Fibre omddulo de modulo de paso

Channel paso a través a través Fibre
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Tabla 1-13. Configuraciones de médulo de E/S admitidas (continuacion)

Red Fabric A Tarjeta Tarjeta Compartimie Compartimie Compartimiento
intermedia intermedia |ntodeE/S ntodeE/S  deE/S C1, C2
red Fabric B red Fabric C |A1, A2 B1, B2

LOM Tarjeta Tarjeta Médulo de Médulo de  Mddulo de

integrada  intermedia intermedia |conmutador conmutador conmutador o

estandar Fibre Fibre omoédulode omdédulode médulo de paso
Channel Channel pasoatravés pasoatravés a través Fibre

Ethernet  Fibre Channel
Channel

LOM Tarjeta Tarjeta Médulo de Médulo de  Mddulo de

integrada  intermedia intermedia |conmutador conmutador conmutador o

estandar Ethernet Fibre omoédulode omddulode médulo de paso

Channel pasoatravés pasoatravés a través Fibre
Ethernet Ethernet  Channel

LOM Tarjeta Tarjeta Modulo de Médulo de  Modulo de

integrada  intermedia intermedia |conmutador conmutador conmutador

estandar Infiniband  Infiniband |omddulode Infiniband  Infiniband
paso a través
Ethernet

LOM Tarjeta Tarjeta Médulo de  Médulo de  Médulo de

integrada  intermedia intermedia |conmutador conmutador conmutador o

estandar Infiniband  Ethermet  [omddulode Infiniband mdédulo de paso

paso a través a través
Ethernet Ethernet

LOM Tarjeta Tarjeta Médulo de  Médulo de  Médulo de

integrada  intermedia intermedia |[conmutador conmutador conmutador o

estandar Fibre Ethernet  |omddulode omdédulode médulo de paso
Channel pasoatravés pasoatravés a través

Ethernet Fibre Ethernet

Channel

Asignacion de puertos de los médulos de E/S

Las LOM vy las tarjetas intermedias opcionales se asignan a los puertos de los
modulos de E/S en funcién de las reglas siguientes.

Q NOTA: Las asignaciones de puertos de E/S de las secciones siguientes se aplican

Gnicamente a los médulos de paso a través de E/S.
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Madulos de alta densidad de altura completa

Asignacion de LOM estandar (dos puertos)

Cada LOM tiene dos conexiones de puerto. Para un mddulo de alta densidad
de altura completa en el compartimiento n:

* Laconexion 1 de la LOMI integrada se conecta al puerto n del médulo de
E/S Al. La conexion 2 de la LOMI integrada se conecta al puerto n del
madulo de E/S A2.

* Laconexién 1 de la LOM2 integrada se conecta al puerto n+8 del mddulo
de E/S Al. La conexién 2 de la LOM2 integrada se conecta al puerto n+8
del médulo de E/S A2.

Por ejemplo, en un médulo de alta densidad de altura completa en la
ranura 5, la conexién 1 de la LOMI integrada se conecta al puerto 5 del
moédulo de E/S Al y la conexién 2 de la LOMLI se conecta al puerto 5 del
madulo de /S A2. La conexién 1 de la LOM2 se conecta al puerto 13 del
moédulo de E/S Al y la conexién 2 de la LOM2 se conecta al puerto 13 del
moédulo de E/S AZ.

[E4 NOTA: Aunque PowerEdge MB10x es un médulo de alta densidad de altura
completa, sélo hay disponible una controladora de red (LOM1).

Para un médulo de alta densidad PowerEdge M610x en el compartimiento n:

* La NIC integrada se conecta al puerto n del médulo de E/S Al y al
puerto n del médulo de E/S A2.

Tarjetas intermedias de dos puertos

Cada tarjeta intermedia tiene dos conexiones de puerto. Para un médulo de
alta densidad de altura completa en el compartimiento n:

* Laconexion 1 de la tarjeta intermedia 1 se conecta al puerto n del médulo
de E/S C1. La conexi6n 2 de la tarjeta intermedia | se conecta al puerto n

del moédulo de E/S C2.

* Laconexién 1 de la tarjeta intermedia 2 se conecta al puerto n del médulo
de /S B1. La conexién 2 de la tarjeta intermedia 2 se conecta al puerto n

del médulo de E/S B2.

* Laconexién 1 de la tarjeta intermedia 3 se conecta al puerto n+8§ del
modulo de E/S C1. La conexién 2 de la tarjeta intermedia 3 se conecta al
puerto n+8 del médulo de E/S C2.
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* Laconexion | de la tarjeta intermedia 4 se conecta al puerto n+8 del
modulo de E/S Bl. La conexion 2 de la tarjeta intermedia 4 se conecta al
puerto n+8 del médulo de E/S B2.

Por ejemplo, en un médulo de alta densidad de altura completa, la conexion 1
de la tarjeta intermedia 3 se conecta al puerto 13 del médulo de E/S Cl y la
conexion 2 de la tarjeta intermedia 3 se conecta al puerto 13 del médulo de E/S
C2. En la Tabla 1-15 se muestran las asignaciones de los nimeros de puerto
para las ocho posibles ubicaciones de los mddulos de alta densidad de altura
completa.
Q NOTA: Aunque PowerEdge M610x es un mddulo de alta densidad de altura
completa, s6lo hay disponibles dos ranuras para tarjeta intermedia (MIEZZ1_Fab_C1
y MEZZ2_FAB_B1) en el compartimiento de expansion. Las otras dos ranuras de la
placa base (MEZZ1_FAB_C y MEZZ2_FAB_B) estan ocupadas por la tarjeta de
interfaz intermedia, que proporciona conectividad entre la tarjeta vertical de
expansion PCle y la placa base.

Para PowerEdge M610x en el compartimiento n:

* La tarjeta intermedia B (en el compartimiento de expansion) se conecta al
puerto n+8 del médulo de E/S Bl y al puerto n+8 del médulo de E/S B2.

* La tarjeta intermedia C (en el compartimiento de expansion) se conecta al
puerto n+8§ del médulo de E/S C1 y al puerto n+8 del médulo de E/S C2.

Tabla1-14. Ejemplo de asignaciones de puertos de los médulos de E/S: PowerEdge
M610x en la ranura 2

Modulo de alta Modulo de E/S
densidad 2 Al B1 c1 c2 B2 A2
Tarjeta Puerto 10 Puerto 10

intermedia C

Tarjeta Puerto 10 Puerto 10
intermedia B
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llustracion 1-24. Ejemplo de asignacion de puertos de PowerEdge M610x: Médulo de
alta densidad 2
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Tabla 1-15. Asignaciones de puertos de los modulos de E/S: Madulos de alta densidad
de altura completa (no aplicable a PowerEdge M610x)

Médulo de alta Madulo de E/S
densidad 1

B1 c1 C2 B2
Mezzl_Fab_C Puerto1 Puerto 1
Mezz2_Fab B Puerto 1 Puerto 1
Mezz3 Fab _C Puerto 9 Puerto 9
Mezz4 Fab B Puerto 9 Puerto 9
Médulo de alta Médulo de E/S
densidad 2

B1 c1 C2 B2
Mezz] Fab_C Puerto 2 Puerto 2
Mezz2_Fab B Puerto 2 Puerto 2
Mezz3_Fab_C Puerto  Puerto

10 10

Mezz4 Fab B Puerto Puerto

10 10
Médulo de alta Médulo de E/S
densidad 3

B1 c1 C2 B2
Mezz]l Fab_C Puerto 3 Puerto 3
Mezz2_Fab B Puerto 3 Puerto 3
Mezz3_Fab_C Puerto  Puerto

11 11

Mezz4_Fab_B Puerto Puerto

11 11
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Méadulo de alta

Médulo de E/S

densidad 4

B1 C1 C2 B2
Mezzl_Fab_C Puerto4  Puerto 4
Mezz2_Fab B Puerto 4 Puerto 4
Mezz3_Fab_C Puerto 12 Puerto 12
Mezz4 Fab B Puerto 12 Puerto 12
Modulo de alta Médulo de E/S
densidad 5

B1 c1 C2 B2
Mezz1 _Fab_C Puerto 5  Puerto 5
Mezz2_Fab B Puerto 5 Puerto 5
Mezz3_Fab_C Puerto 13 Puerto 13
Mezz4 Fab B Puerto 13 Puerto 13
Médulo de alta Médulo de E/S
densidad 6

B1 C1 C2 B2
Mezzl _Fab C Puerto 6 Puerto 6
Mezz2_Fab B Puerto 6 Puerto 6
Mezz3 _Fab_C Puerto 14 Puerto 14
Mezz4_Fab_B Puerto 14 Puerto 14
Médulo de alta Médulo de E/S
densidad 7

B1 c1 c2 B2
Mezzl_Fab C Puerto7  Puerto 7
Mezz2_Fab_B Puerto 7 Puerto 7
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Modulo de alta

Médulo de E/S

densidad 7

B1 c1 C2 B2
Mezz3_Fab_C Puerto 15 Puerto 15
Mezz4 Fab B Puerto 15 Puerto 15
Médulo de alta Médulo de E/S v
densidad 8

B1 c1 c2 B2

Mezz]l Fab_C Puerto §  Puerto 8§
Mezz2_Fab B Puerto § Puerto 8§
Mezz3_Fab_C Puerto 16 Puerto 16
Mezz4 Fab B Puerto 16 Puerto 16

En la [lustracion 1-25 se muestran las conexiones de puerto de un médulo de
alta densidad de altura completa del compartimiento 3 con cuatro tarjetas

intermedias.

Informacion sobre el sistema | n



llustracion 1-25. Ejemplo de asignacion de puertos de un médulo de alta densidad de
altura completa: Modulo de alta densidad 3 (no aplicable a PowerEdge M610x)

Tarjetas intermedias de cuatro puertos

En la Tabla 1-16 se muestran las asignaciones de puertos de los médulos de
E/S para mddulos de alta densidad de altura completa con tarjetas
intermedias de cuatro puertos.

ﬂ NOTA: Para ver las asignaciones de cada sistema PowerEdge con detalle,
consulte el documento Quadport Capable Hardware For the M1000e Modular
Chassis (Hardware compatible con cuatro puertos para el chasis modular M1000e)
en support.dell.com/manuals.
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Tabla 1-16. Asignaciones de puertos de los modulos de E/S: Madulos de alta densidad
de altura completa (no aplicable a PowerEdge M610x)

Médulo de alta densidad 7y Modulo de E/S
modulo de alta densidad (/#8)
NOTA: nindica un valor B1 c1 C2 B2

variable del 1 al 8.
Mezz_FAB_B_Blade n_Portl Puerto n
Mezz_FAB_B_Blade n_Port2 Puerto n

Mezz_FAB_B Blade n_Port3  Puerto
(n+16)

Mezz_FAB_B_Blade n_Port4 Puerto
(n+16)

Mezz_FAB_C Blade n_Portl Puerto n
Mezz_FAB_C_Blade n_Port2 Puerto n

Mezz_FAB_C_Blade n_Port3 Puerto
(n+16)

Mezz_FAB_C Blade n_Port4 Puerto (n+16)

Mezz_FAB_B Blade Puerto
n+8_Portl (n+8)
Mezz_FAB_B_Blade Puerto
n+8_Port2 (n+8)

Mezz_FAB_B Blade Puerto
n+8_Port3 (n+24)

Mezz_FAB_B_Blade Puerto
n+8_Port4 (n+24)

Mezz_FAB_C_Blade Puerto
n+8_Portl (n+8)

Mezz_FAB_C_Blade Puerto (n+38)
n+8_Port2

Mezz_FAB_C_Blade Puerto
n+8_Port3 (n+24)

Mezz_FAB_C_Blade Puerto (n+24)
n+8_Port4
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Q NOTA: Aunque PowerEdge M610x es un mddulo de alta densidad de altura
completa, s6lo hay disponibles dos ranuras para tarjeta intermedia (MEZZ1_Fab_C1
y MEZZ2_FAB_B1) en el compartimiento de expansion. Las otras dos ranuras de la
placa base (MEZZ1_FAB_C y MEZZ2_FAB_B) estan ocupadas por la tarjeta de
interfaz intermedia, que proporciona conectividad entre la tarjeta vertical de
expansion PCle y la placa base.

En la Tabla 1-17 se muestra la asignacién de puertos de los médulos de E/S
para PowerEdge M610x en el compartimiento n.

Tabla1-17. Ejemplo de asignaciones de puertos de los modulos de E/S: Médulo de alta
densidad PowerEdge M610x 1

Médulo de alta Médulo de E/S
densidad 1 A1 B1 c1 ) B2 A2
Tarjeta intermedia C Puerto9  Puerto 9

(puerto 1y puerto 2)

Tarjeta intermedia C Puerto 25 Puerto 25
(puerto 3y puerto 4)

Tarjeta intermedia B Puerto 9 Puerto 9
(puerto 1y puerto 2)

Tarjeta intermedia B Puerto Puerto
(puerto 1 y puerto 2) 25 25

Modulos de alta densidad de media altura

Asignacion de LOM estandar (dos puertos) y tarjeta secundaria de red (cuatro
puertos)

Cada LOM estdndar tiene dos conexiones de puerto. Para un médulo de alta
densidad de media altura en el compartimiento n:

* Laconexién 1 de la LOM integrada se conecta al puerto n del médulo de
E/S Al. La conexién 2 de la LOM integrada se conecta al puerto n del
moédulo de E/S A2.

Los médulos de alta densidad de media altura con tarjeta secundaria de red
(PowerEdge M710HD) alojan dos controladoras de red (LOM1 y LOM2),
cada una con dos conexiones de puerto. Para un médulo de alta densidad de
media altura en el compartimiento n:
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La conexién 1 de la LOMI se conecta al puerto n del médulo de E/S Al.
La conexién 2 de la LOMI se conecta al puerto n del médulo de E/S A2.

La conexién 1 de la LOM2 se conecta al puerto n+16 del médulo de E/S
Al

La conexién 2 de la LOM2 se conecta al puerto n+16 del médulo de
E/S A2.

NOTA: Si los mddulos de E/S A1y A2 no admiten cuatro puertos, los puertos de la
LOM2 (NIC3 y NIC4) se deshabilitan durante el inicio del sistema. Para obtener mas
informacion, consulte "Deshabilitacion automatica de puertos en la tarjeta
secundaria de red de cuatro puertos (sdlo PowerEdge M710HD)" en la pagina 61.

Por e¢jemplo, en un médulo de alta densidad de media altura en la ranura 5, la
conexi6n 1 de la LOMI integrada se conecta al puerto 5 del médulo de E/S Al,
y la conexién 2 de la LOMI se conecta al puerto 5 del médulo de E/S A2, La
conexién 1 de la LOM2 se conecta al puerto 21 del médulo de E/S Al, y la
conexion 2 de la LOM2 se conecta al puerto 21 del médulo de E/S A2.

Tarjetas intermedias de dos puertos

Para un médulo de alta densidad de media altura en el compartimiento n:

La NIC integrada se conecta al puerto n del médulo de E/S Al y al
puerto n del médulo de E/S A2.

La tarjeta intermedia B se conecta al puerto n del médulo de E/S Bl y al
puerto n del médulo de F/S B2.

La tarjeta intermedia C se conecta al puerto n del médulo de E/S Cl y al
puerto n del médulo de E/S C2.

Por ejemplo, en un médulo de alta densidad en la ranura 12, 1a NIC integrada
se conecta al puerto 12 del médulo de E/S Al y al puerto 12 del médulo de
E/S A2
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Tabla 1-18. Ejemplo de asignaciones de puertos de los modulos de E/S: Médulo de alta
densidad de media altura 1

Madulo de alta Médulo de E/S

densidad 1 A1 Bl c1 ) B2 A2
Integrated NIC ~ Puerto 1 Puerto 1
Tarjeta Puerto1 Puerto 1

intermedia C

Tarjeta Puerto 1 Puerto 1
intermedia B

En la lustracién 1-26 se muestran las conexiones de puerto de un médulo de
alta densidad de media altura del compartimiento 1 con dos tarjetas
intermedias.
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llustracion 1-26. Ejemplo de asignacion de puertos de un médulo de alta densidad de
media altura

Mezz_1

Tarjetas intermedias de cuatro puertos
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En la Tabla 1-19 se muestran las asignaciones de puertos de los médulos de
E/S para un médulo de alta densidad de media altura con la tarjeta
intermedia de cuatro puertos. En la tabla siguiente, n indica un valor de

variable del 1 al 16.

[E4 NOTA: Para ver las asignaciones de cada sistema PowerEdge con detalle,
consulte el documento Quadport Capable Hardware For the M1000e Modular
Chassis (Hardware compatible con cuatro puertos para el chasis modular M1000e)

en support.dell.com/manuals.

Tabla 1-19. Asignaciones de puertos de los modulos de E/S: Médulos de alta densidad

de media altura

Modulo de alta densidad »

Médulo de E/S

A1l B1 c1 c2 B2 A2
LOMI integrada Puerto
n
LOM?2 integrada Puerto
n
Mezz_FAB_B_Blade n_Portl Puerto
n
Mezz_FAB_B Blade n_Port2 Puerto
n
Mezz_FAB_B Blade n_Port3 Puerto
(n+16)
Mezz_FAB_B Blade n_Port4 Puerto
(n+16)
Mezz_FAB_C_Blade n_Portl Puerto
n
Mezz_FAB_C Blade n_Port2 Puerto
n
Mezz_FAB_C_Blade n_Port3 Puerto
(n+16)
Mezz_FAB_C_Blade n_Port4 Puerto
(n+16)
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Conmutador Dell PowerConnect-KR 8024-k

El conmutador PowerConnect M8024-k proporciona 16 puertos 10GbE
internos, cuatro puertos SFP+ 10GbE externos y una ranura de expansion
10GbE para enlaces ascendentes externos 10GbE. La ranura de expansién del
panel frontal puede admitir:

*  Unmédulo 10Gb Ethernet con cuatro conectores SFP+ dpticos
e Un médulo 10Gb Ethernet con tres enlaces ascendentes CX4 de cobre

¢ Un médulo 10Gb Ethernet con dos enlaces ascendentes l0GBASE-T de
cobre

Este mdédulo es de intercambio activo y se puede instalar en la red Fabric
A, BoC.
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llustracion 1-27. Conmutador Dell PowerConnect-KR 8024-k

1 Puertos SFP+ (4)

3 Indicador de alimentacion

5 Ranura de expansion

©)

2
Q9
] 3
Yoz i
|—
2 Conector para administracion por
consola
4 Indicador de estado/identificacion
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Conmutador de red convergente Dell M8428-k 10Gh

El médulo de conmutador de red convergente Dell M8428-k 10Gb admite
protocolos FColl y permite que el trifico de Fibre Channel viaje en redes
Converged Enhanced Ethernet (DCB) de 10 Gbps. Este médulo estd
compuesto por:

*  Cuatro puertos Fibre Channel de deteccién automdtica externos de
8§ Gbps

*  Ocho conectores de puerto SFP+ éptico 10Gb Enhanced Ethernet (DCB)

*  Dieciséis puertos 10Gb Enhanced Ethernet (DCB/FCoE) internos que se
conectan con los médulos de alta densidad del alojamiento

*  Un puerto serie con un conector RJ-45
El conmutador Fibre Channel se puede instalar en la red Fabric B o C.

% NOTA: Este mddulo de conmutador incluye transceptores SFP (factor de forma
pequefio conectable) dpticos de onda corta en los puertos Fibre Channel. Para
garantizar un funcionamiento correcto de Fibre Channel, utilice Gnicamente los SFP
incluidos con este médulo.
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llustracion 1-28. Conmutador de red convergente Dell M8428-k 10Gh

|—
1 Indicadores LED de estado (12) 2 Puerto serie (conector RJ-45)
3 Indicador de estado del modulo 4 Indicador de estado de diagnéstico
5 Indicador de alimentacion 6 Puertos Fibre Channel de 8 Gb

(puertos 25-27 y puerto 0)
7 Puertos 10GbEE (puertos 17-24)

Modulo de E/S del conmutador Infiniband QDR Mellanox M36010

El médulo de E/S del conmutador Infiniband Mellanox M3601 incluye 32
puertos Infiniband QDR 4x. De éstos, 16 son puertos de enlace ascendente
externos, mientras que los 16 restantes son puertos internos que proporcionan
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conectividad a los mddulos de alta densidad del alojamiento. Este médulo
ocupa dos ranuras para médulos de E/S. EIl médulo M3610Q se conecta a la
ranura C1 para médulos de E/S, pero ocupa las ranuras Bl y CI.

llustracion 1-29. Modulo de conmutador Infiniband Mellanox M3601Q

1 Puertos Infiniband (16)

3 Indicadores de actividad del
puerto (16)
5 Indicador de estado del madulo

Indicadores de estado del enlace
del puerto (16)

Indicador de alimentacion de
diagndstico del mddulo
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Modulo de E/S del conmutador Infiniband Mellanox M2401G

El médulo de E/S del conmutador Infiniband Mellanox M2401G incluye 24
puertos Infiniband DDR 4x. De éstos, 8§ son puertos de enlace ascendente
externos, mientras que los 16 restantes son puertos internos que proporcionan
conectividad a los mddulos de alta densidad del alojamiento.

llustracion 1-30. Modulo de conmutador Infiniband Mellanox M2401G

1

2
3
=
4
=
5
)
‘B
O:O = 4
b
= 5
Q0
T 8
1l
%0
41+
|—
1 Puertos Infiniband (8) 2 Indicadores de estado del enlace
del puerto (8)
3 Indicadores de actividad del 4 Indicador de alimentacion de
puerto (8) diagndstico
5 Indicador de estado
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Tabla 1-20. Indicadores del conmutador Infiniband Mellanox M2401G

Indicador Patron Descripcion
Indicador de Luz verde Se ha establecido un enlace fisico.
enlace encendida
Luz verde No hay ningun enlace fisico.
apagada
Indicador de Luz dmbar Se ha establecido un enlace 16gico vélido con
actividad encendida la red Infiniband.
Luz ambar Se estdn transfiriendo datos.
parpadeante
Luz 4mbar No se ha establecido ningun enlace 16gico con
apagada la red Infiniband.

Modulo de conmutador Infiniband Cisco SFS M7000e

El médulo de conmutador Infiniband Cisco SFS M7000¢ incluye 24 puertos
Infiniband DDR 4x. De éstos, 8 son puertos de enlace ascendente externos,
mientras que los 16 restantes son puertos internos que proporcionan
conectividad a los mddulos de alta densidad del alojamiento. El médulo de
conmutador es de intercambio activo y se puede instalar en la red Fabric B o
C. Para obtener informacién general sobre cdmo instalar este médulo,
consulte "Médulos de E/S" en la pagina 326.
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llustracion 1-31.  Componentes del médulo de conmutador Infiniband Cisco SFS M7000e

1
2
3
4
S
1 Puertos Infiniband (8) 2 Indicador de estado del puerto (8)
3 Indicador de estado de diagnéstico 4 Indicador de alimentacion
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Tabla1-21. Indicadores del conmutador Infiniband Cisco SFS M7000e
Tipo de Patron Descripcion
indicador
Indicador de  Apagado Se ha producido un error de enlace o el
estado del administrador de subred no funciona.
puerto Luz verde Hay actividad de E/S en el puerto.
Infiniband K
parpadeante
Luz verde Se ha establecido un enlace.
encendida
Indicador de  Apagado El conmutador no estéd preparado.
estado del . .
) Luz azul El conmutador funciona con normalidad.
modulo .
encendida
Luz dmbar Se ha producido una condicién de error en el
encendida o modulo.
parpadecante
Indicador de  Apagado El médulo estd apagado.
alimentacion Verde El médulo recibe alimentacién.

del médulo

Conmutador Ethernet Cisco

El sistema admite tres versiones de conmutador de médulo de alta densidad
Cisco Catalyst (CBS):

* Kl conmutador Cisco 3130G-S incluye cuatro puertos de enlace
ascendente 10/100/1000Mb Ethernet y dos puertos Stackwise Plus.

* Kl conmutador Cisco CBS 3130X-S incluye cuatro puertos de enlace
ascendente 10/100/1000Mb Ethernet, dos puertos de enlace ascendente
10Gb y dos puertos Stackwise Plus.

* Kl conmutador Cisco CBS 3032 incluye cuatro puertos de enlace
ascendente 10/100/1000Mb Ethernet.

Los dos compartimientos opcionales admiten las opciones de médulo

siguientes:

*  Modulos de transceptor 10Gb Cisco X2 (s6lo CBS 3130X-S)
*  Modulos de convertidor Cisco TwinGig
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Los tres conmutadores incluyen un conector de consola RJ-45 para la
administracion de conmutadores. 16 conectores Ethernet Gb internos
enlazan con los médulos de alta densidad del alojamiento. Consulte
llustracion 1-32.

Para obtener informacidn adicional sobre los médulos de conmutador
Ethernet Cisco CBS, consulte la documentacién que se incluye con el
modulo. Para obtener informacién general sobre cdmo instalar este médulo,
consulte "Médulos de E/S" en la pdgina 326.

llustracion 1-32. Componentes del médulo de conmutador Ethernet Cisco
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1 Conectores Stackwise Plus (no 2 Conectores 10/100/1000Mb
habilitados en CBS 3032) Ethernet (4)

3 Compartimientos opcionales (2) 4 Indicadores de estado Cisco

5 Botén de modo 6 Puerto de consola para la
administracion de conmutadores

7 Indicador de estado/identificacion 8 Indicador de alimentacién

Modulo de E/S del conmutador 1Gb Ethernet PowerConnect M6348

PowerConnect M6348 es un conmutador 1Gb Ethernet de 48 puertos y de
intercambio activo. De éstos, 16 son puertos de enlace ascendente externos,
mientras que los 32 restantes son puertos internos que proporcionan
conectividad a los mddulos de alta densidad del alojamiento, con una
amplitud de banda maxima de 1 Gbps cada uno. El conmutador
PowerConnect M6348 también admite:

*  Dos conectores 10Gb Ethernet SFP+ integrados
*  Dos concctores de apilamiento CX4 integrados
*  Un conector para administraciéon por consola

Se recomienda utilizar el conmutador PowerConnect M6348 con tarjetas
intermedias de cuatro puertos para un funcionamiento éptimo. Las tarjetas
intermedias de cuatro puertos y el conmutador Ethernet PowerConnect
M6348 permiten una mayor amplitud de banda (dos carriles de 1 Gbps),
mayor densidad de puertos y consolidacién de los médulos de servidor.
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llustracion 1-33. Modulo de conmutador PowerConnect M6348
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1 Conectores 10/100/1000Mb 2 Conectores SFP+ (2)
Ethernet estandar (16)
3 Conectores de apilamiento 4 Conector para administracion por
CX4(2) consola
5 Indicador de 6 Indicador de alimentacion

estado/identificacion
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Madulo de E/S del conmutador 10Gb Ethernet PowerConnect M8024
El médulo de conmutador PowerConnect M8024 incorpora dos
compartimientos opcionales que admiten los médulos siguientes:

*  Unmédulo 10Gb Ethernet con cuatro conectores SFP+ dpticos

*  Un mddulo 10Gb Ethernet con tres enlaces ascendentes CX4 de cobre

Puede configurar por primera vez el conmutador con uno de los dos métodos
siguientes:

*  Conecte un sistema de administracién externo al conmutador mediante
un cable serie de factor de forma de tipo A USB y configure el conmutador
mediante una aplicacién de terminal.

*  Utilice la consola CMC iKVM ("mddulo de alta densidad 17") y el
comando de la CLI de la CMC connect switch-n. Para obtener mas
informacion, consulte la guia del usuario de la CMC.

Una vez que se ha asignado una direccion IP a la interfaz o VLAN de
administracion y que se ha conectado el conmutador a una red de
administracion, Telnet y http estdn disponibles en la red.

Informacion sobre el sistema | 91



llustracion 1-34. Modulo de conmutador PowerConnect M8024
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—
1 Médulo opcional con cuatro 2 Médulo opcional con tres puertos
puertos SFP+ CX4
3 Conector serie para el cable de 4 Indicador de estado/identificacion
factor de forma de tipo A USB
opcional
5 Indicador de alimentacion
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Modulo de conmutador Ethernet PowerConnect M6220

Fl médulo de conmutador Ethernet PowerConnect M6220 incluye cuatro
conectores Ethernet 10/100/1000 Mbps externos y un conector serie de factor
de forma USB de tipo A. Consulte Ilustracién 1-35.

Dos compartimientos opcionales admiten las tres opciones de médulo
siguientes:

*  Un mdédulo de apilamiento flexible con dos puertos de apilamiento de
24 Gb

*  Un mddulo 10Gb Ethernet con dos conectores XFP épticos de 10 Gb

*  Un moédulo 10Gb Ethernet con dos enlaces ascendentes CX4 de cobre

La instalacién de dos médulos opcionales proporciona apilamiento adicional
y permite la redundancia. 16 conectores Ethernet Gb internos enlazan con los
modulos de alta densidad del alojamiento.

Para obtener informacion adicional sobre el médulo de conmutador Ethernet
PowerConnect M6220, consulte la documentacién que se incluye con el
modulo. Para obtener informacién general sobre como instalar este médulo,
consulte "Médulos de E/S" en la pagina 326.

Informacion sobre el sistema | 93



llustracion 1-35. Componentes del médulo de conmutador Ethernet PowerConnect M6220
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1 Modulo opcional (2) (se muestrael 2 Conectores 10/100/1000Mb Ethernet

modulo dual de enlace ascendente estandar (4)
10Gb Ethernet)

3 Conector serie (factor de formade 4 Indicador de estado/identificacion
tipo A USB)

5 Indicador de alimentacion
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Modulo de E/S de paso a través 10GbE KR de Dell

El médulo de paso a través 10GbE KR admite conexiones 10Gb y proporciona
una conexioén directa entre la tarjeta intermedia Ethernet KR interna opcional
o la tarjeta secundaria de red KR en el médulo de alta densidad y un
dispositivo Ethernet externo. Este mddulo tiene 16 puertos SFP+ externos
en el panel frontal y 16 puertos I0GbE KR internos en el plano posterior. Este
modulo permite utilizar médulos SFP+ épticos (de corto o largo alcance) y
modulos SFP+ de conexién directa de cobre (DCA).

Fl médulo de paso a través Ethernet es de intercambio activo y se puede
instalar en la red Fabric A, B o C. El médulo de paso a través no admite

tarjetas intermedias 1G ni tarjetas secundarias de red en los médulos de alta
densidad.
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llustracion 1-36. Maodulo de E/S de paso a través 10GbE KR de Dell
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1 Puertos SFP+ (16) 2 Indicadores verde/ambar (dos por
puerto)
3 Indicador de estado/identificacion 4 Indicador de alimentacion

Madulo de E/S de paso a través Fibre Channel de 8/4 Gbps de Dell

El médulo de paso a través Fibre Channel 8G ofrece una conexién de
derivacion entre una tarjeta intermedia Fibre Channel del médulo de alta
densidad y los transceptores 6pticos. La conexion de derivaciéon permite una
conexion directa a un conmutador Fibre Channel o una matriz de
almacenamiento. Los 16 puertos de paso a través de este médulo pueden
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negociar velocidades de 2, 4 y 8§ Gbps. El médulo de paso a través Fibre
Channel 8G es de intercambio activo y se puede instalar en la red Fabric B o

C.

[E4 NOTA: Para garantizar un funcionamiento correcto, utilice Gnicamente los
transceptores SFP (factor de forma pequefio conectable) de onda corta incluidos
con este madulo.

llustracion 1-37. Madulo de E/S de paso a través Fibre Channel de 8/4 Gbps de Dell
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1 Puertos Fibre Channel (16) 2 Indicadores de estado de los
puertos
3 Indicador de estado/identificacion 4 Indicador de alimentacion
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Modulo Il de paso a través 10Gb Ethernet

El médulo 1T de paso a través 10Gb Ethernet de Dell admite conexiones
10Gb y proporciona una conexién directa entre la tarjeta intermedia Ethernet
interna opcional del mddulo de alta densidad y un dispositivo Ethernet
externo. Los médulos de paso a través Ethernet son de intercambio activo y se
pueden instalar en la red Fabric B o C.

El médulo II de paso a través 10Gb Ethernet permite utilizar médulos SEP+
opticos y médulos SFP+ de conexidn directa de cobre (DCA). Para funcionar
a 10 Gbps, debe utilizar médulos SFP+ 6pticos de corto alcance (SR),
modulos SFP+ 6pticos de largo alcance (LR) o médulos SFP+ DCA.
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llustracion 1-38. Madulo Il de paso a través 10Gb Ethernet
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1 Canastillas SFP+ (16) 2 Indicadores verde/ambar (dos por
puerto)

3 Indicador de estado/identificacion 4 Indicador de alimentacion
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Modulo de E/S de paso a través 10Gb Ethernet

El médulo de paso a través 10Gb Ethernet admite conexiones de 1/10 Gby
proporciona una conexion directa entre la tarjeta intermedia Ethernet interna
opcional del médulo de alta densidad y un dispositivo Ethernet externo. Los
modulos de paso a través Ethernet son de intercambio activo y se pueden
instalar en la red Fabric B o C.

El médulo de E/S de paso a través 10Gb Ethernet permite utilizar médulos
SFP 6pticos, médulos SFP+ épticos y médulos SFP+ de conexién directa de
cobre (DCA). El médulo de E/S y los médulos SFP+ pueden funcionar a

1 Gbps o a 10 Gbps en las situaciones siguientes:

*  Para funcionar a 10 Gbps, debe utilizar médulos SFP+ 6pticos de corto
alcance (SR), médulos SFP+ 6pticos multimodo de largo alcance (LRM)
o médulos SFP+ DCA.

*  Para funcionar a 1 Gbps, debe utilizar transceptores SFP 6pticos que
admitan una velocidad de datos de 1 Gbps. Si se conecta a un conmutador
externo a 1 Gbps, debe establecer el conmutador en el modo 1G forzado y
debe desactivar la opcién de negociaciéon automatica.
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llustracion 1-39. Componentes del médulo de E/S de paso a través 10Gb Ethernet

[[cmmicess] | FLIE=S
—— e _
I
. |15
= (I T o9
o | |m— —
|
1 | |
o || — i |
0
O || — :
© 00 .
o | — 0
===
= [ D D )
?
S (=) 4 (=) 4 (=)
4
1 Canastillas SFP+ (16) 2 Indicadores verde/ambar (dos
por puerto)
3 Indicador de 4 Indicador de alimentacion

estado/identificacion

Informacion sobre el sistema | 101



Madulo de paso a través Fibre Channel a 4 Gbps

El médulo de paso a través Fibre Channel de 4 Gbps proporciona una
conexién de derivacién entre la tarjeta intermedia Fibre Channel del médulo
de alta densidad y los transceptores pticos para una conexion directa en un
conmutador Fibre Channel o una matriz de almacenamiento (consulte
llustracion 1-40). Los 16 puertos de paso a través de este moédulo pueden
negociar velocidades de 1, 2 0 4 Gbps. Los médulos de paso a través Fibre
Channel a 4 Gbps son de intercambio activo y se pueden instalar en la red
Fabric B o C. En la Tabla 1-22 se enumeran las funciones de los indicadores
de cada conector Fibre Channel. Para obtener informacién general sobre
como instalar este médulo, consulte "Médulos de E/S" en la pagina 326.

[E4 NOTA: Para garantizar un funcionamiento correcto, utilice Gnicamente los
transceptores SFP (factor de forma pequefio conectable) de onda corta incluidos
con este modulo.
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llustracion 1-40. Componentes del madulo de paso a través Fibre Channel a 4 Gbps

1 Conector Fibre Channel SFP (16) 2 Indicadores Fibre Channel
verde/ambar (dos por puerto)

3 Indicador de estado/identificacion 4 Indicador de alimentacion
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Tabla 1-22. Indicadores del médulo de paso a través Fibre Channel

Tipo de Patron Descripcion
indicador
Indicador de  Apagado El médulo estd apagado.
alimentacion L, . . »
Verde El médulo recibe alimentacion.
Indicador de  Luz azul encendida El médulo principal se encuentra en una pila,
estado/identifi si procede.
cacién ) )
Luz azul apagada El médulo secundario se encuentra en una
pila.
Luz dmbar Se ha producido una condicién de error en el
parpadecante modulo.
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Tabla1-22. Indicadores del médulo de paso a través Fibre Channel (continuacion)
Tipo de Patrén Descripcion
indicador
Indicadores  Luz verde apagada, luz Se ha producido un error en la tarjeta
del puerto dmbar apagada intermedia antes de la POST.
Fibre Cl?“?“ﬁl Luz verde apagada, luz  Se ha producido un error en la tarjeta
conunatanetd 4 par encendida o luz intermedia durante la POST,
intermedia

verde apagada, luz
Fimulex dmbar parpadeante
instalada parp

Luz verde apagada, luz
dmbar parpadeante de
forma irregular

Luz verde encendida,
luz dmbar apagada o
luz verde encendida,
luz 4mbar encendida

Luz verde encendida,
un parpadeo dmbar
rapido

Luz verde encendida,
dos parpadcos dmbar
rapidos

Luz verde encendida,
tres parpadcos dmbar
rapidos

Luz verde con
parpadeo lento, luz
dmbar apagada

Luz verde con
parpadeo lento, luz
dmbar con parpadeo
lento

La POST est4 en curso.

Se ha producido un error en la tarjeta

intermedia durante el funcionamiento.

Se ha establecido un enlace de 1 Gb.

Se ha establecido un enlace de 2 Gb.

Se ha establecido un enlace de 4 Gb.

No se ha establecido ningtin enlace.

Estd desconectado para la descarga de
firmware.
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Tabla1-22. Indicadores del médulo de paso a través Fibre Channel (continuacion)

Tipo de Patron Descripcion
indicador
LED del Luz verde apagada, luz Esta apagado.

puerto Fibre  dmbar apagada
Channel con

. Luz verde apagada, luz Estd conectado, enlace de 1 Gb o 2 Gb.
una tarjeta

ambar encendida

intermedia
Qlogic Luz verde encendida,  Esta conectado, enlace de 4 Gb.
instalada luz dmbar apagada

Luz verde apagada, luz Hay actividad de E/S, 1 Gb o 2 Gb.
dmbar parpadeante

Luz verde Hay actividad de E/S, 4 Gb.
parpadeante, luz
dmbar apagada

Luz verde y luz dmbar  Se ha perdido la sincronizacion.
parpadeando al mismo
tiempo

Luz verde y luz 4mbar ~ Se ha producido un error de firmware.
parpadeando a
intervalos distintos

Luz apagada/luz dmbar La conexion ha perdido la sincronizacion.
parpadeante (dos veces
por segundo)

Modulo de E/S Brocade M5424 FC8

El médulo de E/S Brocade M5424 incluye ocho puertos Fibre Channel
externos de deteccidn automdtica (cuatro puertos estdn habilitados en la
configuracién estdndar y se pueden habilitar cuatro puertos adicionales como
ampliacién opcional), dieciséis puertos internos y un puerto serie con un

conector RJ-45. Los puertos Fibre Channel externos funcionan a 8 Gbys,
4 Gb/s o 2 Gbys.

Q NOTA: Se requiere la version 1.3 del firmware de la CMC para admitir tarjetas
intermedias FC8 y mddulos de E/S.

Q NOTA: Este modulo de conmutador Fibre Channel incluye transceptores SFP
(factor de forma pequefio conectable) dpticos de onda corta. Para garantizar un
funcionamiento correcto, utilice nicamente los SFP incluidos con este médulo.
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llustracion 1-41. Modulo de E/S Brocade M5424 FC8
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1 Puerto Fibre Channel (8) 2 Indicador de estado del puerto
Fibre Channel (8)
3 Indicador de velocidad del puerto 4 Puerto serie (conector RJ-45)
Fibre Channel (8)
5 Indicador de estado del médulo 6 Indicador de estado/identificacion
7 Indicador de alimentacion

Informacion sobre el sistema | 107



Tabla 1-23. Indicadores del modulo de E/S Brocade M5424 FC8
Tipo de Patron Descripcion
indicador
Indicador de  Apagado No hay portador de senal.
estado d?] Luz dmbar Hay senal, pero no estd conectado.
puerto Fibre .
encendida
Channel
Luz verde Esta conectado, pero sin actividad.
encendida
Luz verde con Esta conectado, pero segmentado.
parpadeo lento
Luz verde con Hay un bucle de retorno interno.
parpadeo rdpido
Luz verde Hay actividad de E/S en el puerto.
parpadeante
Luz dmbar con  El puerto estd deshabilitado.
parpadeo lento
Luz dmbar con  Se ha producido un error o un fallo en ¢l puerto.
parpadeco rdpido
Indicador de  Apagado Se ha establecido un enlace de 2 Gb.
velomdad del Luz verde Se ha establecido un enlace de 4 Gb.
pucrto Fibre encendida
Channel
Luz dmbar Se ha establecido un enlace de 8 Gb.
encendida
Indicador de  Apagado El médulo o alojamiento esta apagado.
est{ado del Luz verde Todos los puertos estan listos para ser utilizados.
modulo .
encendida
Luz dmbar El moédulo se estd restableciendo o los puertos
encendida estan desconectados.
Luz verde/dmbar  Hay un mensaje de diagnéstico en el registro de
parpadeante errores o se ha superado el intervalo ambiental.
Indicador de  Apagado El médulo estd apagado.
alimentacion Verde El moédulo recibe alimentacion.

del médulo
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Tabla 1-23. Indicadores del modulo de E/S Brocade M5424 FC8

Tipo de Patron Descripcion

indicador

Indicador de  Luz azul El médulo principal se encuentra en una pila, si

estado/identifi encendida procede.

cacién ) . .
Luz azul apagada El médulo secundario se encuentra en una pila.
Luz dmbar Se ha producido una condicién de error en el
parpadecante modulo.

Modulo de E/S SAN Brocade M4424

El médulo de E/S SAN Brocade M4424 incluye ocho puertos Fibre Channel
externos de deteccion automdtica (cuatro puertos estan habilitados en la
configuracién estandar y se pueden habilitar cuatro puertos adicionales como
ampliacion opcional), dieciséis puertos internos y un puerto serie con un
conector RJ-45. Los puertos externos Fibre Channel funcionan a 1 Gbs,

2 Gb/s 0 4 Gb/s. El médulo de conmutador Fibre Channel es de intercambio
activo y se puede instalar en la red Fabric B o C. Para obtener informacion
general sobre como instalar este médulo, consulte "Médulos de E/S" en la
pagina 326.

ﬁ NOTA: El médulo de conmutador Fibre Channel incluye transceptores SFP (factor

de forma pequefio conectable) dpticos de onda corta. Para garantizar un
funcionamiento correcto, utilice inicamente los SFP incluidos con este médulo.
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llustracion 1-42. Componentes del médulo de E/S SAN Brocade M4424

T ] c/'

1 Puerto Fibre Channel (8) 2 Indicador de estado del puerto
Fibre Channel (8)
3 Indicador de velocidad del puerto 4 Puerto serie (conector RJ-45)
Fibre Channel (8)
5 Indicador de estado del médulo 6 Indicador de estado/identificacion
i Indicador de alimentacion
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Tabla 1-24. Indicadores del modulo de E/S SAN Brocade M4424
Tipo de Patron Descripcion
indicador
Indicador de  Apagado No hay portador de sefial.
estado d?l Luz dmbar Hay sefial, pero no estd conectado.
puerto Fibre . ’
encendida
Channel
Luz verde Esta conectado, pero sin actividad.
encendida
Luz verde con Esta conectado, pero segmentado.
parpadeo lento
Luz verde con Hay un bucle de retorno interno.
parpadeo rédpido
Luz verde Hay actividad de E/S en el puerto.
parpadeante
Luz dmbar con  El puerto estd deshabilitado.
parpadeo lento
Luz dmbar con  Se ha producido un error o un fallo en el puerto.
parpadeo répido
Indicador de  Apagado Se ha establecido un enlace de 1 Gb.
Velomdad del Luz verde Se ha establecido un enlace de 2 Gb.
puerto Fibre encendida
Channel
Luz dmbar Se ha establecido un enlace de 4 Gb.
encendida
Indicador de  Apagado El médulo o alojamiento estd apagado.
est/ado del Luz verde Todos los puertos estan listos para ser utilizados.
modulo .
encendida
Luz dmbar El mo6dulo se estd restableciendo o los puertos
encendida estan desconectados.
Luz verde/dmbar  Hay un mensaje de diagnéstico en el registro de
parpadeante errores o se ha superado el intervalo ambiental.
Indicador de  Apagado El médulo estd apagado.
alimentacion Verde El médulo recibe alimentacion.

del médulo
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Tabla 1-24. Indicadores del médulo de E/S SAN Brocade M4424 (continuacion)

Tipo de Patron Descripcion

indicador

Indicador de  Luz azul El médulo principal se encuentra en una pila, si

estado/identifi encendida procede.

cacién ) . .
Luz azul apagada El médulo secundario se encuentra en una pila.
Luz dmbar Se ha producido una condicién de error en el
parpadeante modulo.

Madulo de paso a través 10/100/1000Mb Ethernet
El médulo de paso a través Ethernet admite conexiones 10/100/1000 Mb y

proporciona una conexion directa entre la tarjeta intermedia Ethernet interna
opcional del médulo de alta densidad y un dispositivo Ethernet externo
(consulte Ilustracion 1-43). Los mddulos de paso a través Ethernet son de
intercambio activo y se pueden instalar en cualquiera de las tres redes Fabric.
En la Tabla 1-25 se enumeran las funciones de los indicadores del médulo de
paso a través Ethernet. Para obtener informacion adicional sobre cémo
instalar este médulo, consulte "Médulos de E/S" en la pagina 326.
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llustracion 1-43. Componentes del médulo de paso a través Ethernet
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1 Indicador de enlace (16) 2 Conector Ethernet RJ-45 (16)
3 Indicador de estado/identificacion 4 Indicador de alimentacion

5 Indicador de actividad (16)

Q NOTA: Los conectores del madulo de paso a través Ethernet corresponden
directamente al nimero de mddulo de alta densidad. Por ejemplo, el médulo de alta
densidad 5 se conecta al puerto 5 del moédulo de paso a través Ethernet. El
adaptador de red integrado 1 se asigna a la ranura de E/S A1. El adaptador de red
integrado 2 se asigna a la ranura de E/S A2.
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Tabla 1-25. Indicadores del médulo de paso a través Ethernet

Tipo de indicador Patron Descripcion
Indicador de Luz verde El conector Ethernet estd enlazado al modulo de
enlace/indicador  encendida,  alta densidad y hay actividad de la red.
de actividad luz 4mbar
parpadeante
Luz verde El conector Ethernet estd enlazado al médulo de
encendida, alta densidad y no hay actividad de la red.
luz 4mbar
apagada
Luz verde El conector Ethernet no estd enlazado al médulo
apagada, luz  de alta densidad y hay actividad de la red.
Ambar
parpadeante
Luz verde El conector Ethernet no estd enlazado al médulo
apagada, luz  de alta densidad y no hay actividad de la red.
ambar
apagada
Indicador de Apagado El médulo esta apagado.
alimentacién Verde El médulo recibe alimentacion.
Indicador de Luz azul El médulo est4 activo.
estado/identifica encendida
cion

Luz dmbar  Se ha producido una condicién de error en el
parpadeante  modulo.
NOTA: La velocidad multimedia de Ethernet se configura a través del firmware de LOM

del modulo de alta densidad o mediante el sistema operativo. La velocidad y la
configuracion del modo ddplex no se configuran a través del médulo de paso a través.

Mensajes de estado de la pantalla LCD

Los siguientes mensajes de la pantalla LCD se refieren a los eventos
guardados en el registro de eventos del sistema (SEL). Los mensajes se
muestran en formato de texto "simple". Para obtener informacién sobre el
SELy la configuracién de las opciones de administracién del sistema,
consulte la documentacién del software de administracién de sistemas.

114 | Informacion sobre el sistema



Q NOTA: Si el sistema no puede iniciarse, presione el boton de ID del sistema
durante al menos cinco segundos hasta que aparezca un codigo de error en la
pantalla LCD. Anote el cddigo y, a continuacion, consulte "Obtencion de ayuda" en
la pagina 395.

Visualizacion de los mensajes de estado

Si se produce un cédigo de error del sistema, la pantalla LCD se vuelve de
color 4mbar. Presione el botén central (seleccion) para ver la lista de errores o
los mensajes de estado. Utilice las teclas de flecha para resaltar un niumero de
error y presione el botén central para ver dicho error.

Borrado de los mensajes de estado de la pantalla LCD

En el caso de los fallos asociados a sensores (temperatura, voltaje,
ventiladores, etc.), el mensaje se borra automdticamente de la pantalla LCD
cuando el sensor vuelve a su estado normal. En el caso de otros fallos, se debe
realizar una accién para borrar el mensaje de la pantalla LCD:

* Borrar el SEL: puede realizar esta tarea de forma remota, pero es posible
que se pierda el historial de eventos del sistema.

*  Apagar y encender: apague el sistema y desconéctelo de la toma eléctrica,
espere 10 segundos aproximadamente, vuelva a conectar el cable de
alimentacién y reinicie el sistema.

Para resolver el problema, consulte las acciones correctivas en la tabla
siguiente.

Tabla 1-26. Mensajes de estado de la pantalla LCD

Codigo Texto Causa Acciones correctivas

E1000 Failsafe Consulte el registro de Desconecte la
voltage eventos del sistema para ver alimentacién de CA del
error. si s¢ han producido errores  sistema durante 10
Contact graves. segundos o borre el SEL.
support.

Si el problema persiste,
consulte "Obtencién de
ayuda" en la pagina 395.
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Tabla1-26. Mensajes de estado de la pantalla LCD (continuacion)

Codigo Texto Causa Acciones correctivas
E1114 Ambient Temp Latemperaturaambienteha Consulte "Solucion de
exceeds alcanzado un punto que estd  problemas de los mddulos
allowed fuera del intervalo de ventilador" en la
range. permitido. pagina 346.
E1116 Memory La memoria ha superado la  Desconecte la
disabled, temperatura permitida y se  alimentacion de CA del
temp above ha deshabilitado para evitar  sistema durante 10
range. Power que se produzcan dafios en  segundos y reinicic el
cycle AC. los componentes. sistema.
Consulte "Solucién de
problemas de los médulos
de ventilador" en la
pdgina 346.
Si el problema persiste,
consulte "Obtencién de
ayuda" en la pigina 395.
E1118 CPU temp La iDRACO6 no puede Consulte el SEL para
unavailable. determinarel estadodela  obtener informacion
Review SEL.  temperatura de los detallada sobre el mensaje
Power cycle  procesadores. EIL18.
AC. Desconecte la
alimentacion de CA del
sistema durante 10
segundos y reinicie el
sistema.
Si el problema persiste,
consulte "Obtencion de
ayuda" en la pagina 395.
E1210 Motherboard  Faltala bateria de CMOS o Consulte "Solucion de
battery el voltaje estd fuera del problemas de la bateria de
failure. intervalo permitido. reserva de la NVRAM" en
Check la pdgina 356.
battery.
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Tabla1-26. Mensajes de estado de la pantalla LCD (continuacion)

Codigo Texto Causa Acciones correctivas

E1211 RAID Falta la bateria RAID, estd  Recoloque el conector de
Controller danada o no puede cargarse la baterfa RAID. Consulte
battery debido a problemas "Instalacion de la tarjeta
failure. térmicos. controladora de
Check almacenamiento” en la
battery. pdgina 312 y "Solucién de

problemas de los médulos
de ventilador" en la
pagina 346.

E1229 CPU # VCORE  Se ha producido un error en Recoloque los
Regulator el regulador de voltaje procesadores. Consulte
failure. VCORE del procesador "Solucion de problemas
Reseat CPU.  especificado. de los procesadores” en la

pagina 355.

Si el problema persiste,
consulte "Obtencién de
ayuda" en la pagina 395.

E122A CPU # VTT Se ha producido un error en Recoloque los
Regulator el regulador de voltaje VI'T procesadores. Consulte
failure. del procesador especificado. "Solucién de problemas
Reseat CPU. de los procesadores" en la

pdgina 355.

Si el problema persiste,
consulte "Obtencién de
ayuda" en la pagina 395.

E122C CPU Power Se ha detectado un fallo de  Desconecte la
Fault. Power alimentaciénal encenderlos alimentacion de CA del
cycle AC. procesadores. sistema durante 10

Informacion sobre el sistema |

segundos y reinicie el
sistema.

Si el problema persiste,
consulte "Obtencién de
ayuda" en la pagina 395.
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Tabla1-26. Mensajes de estado de la pantalla LCD (continuacion)

Codigo Texto Causa Acciones correctivas

E122D Memory Uno de los reguladores de Recoloque los médulos de
Regulator #  memoria ha fallado. memoria. Consulte
Failed. "Solucién de problemas
Reseat DIMMs. de la memoria del médulo

de alta densidad" en la
pdgina 351.

E122E On-board Uno de los reguladores de Desconecte la
regulator voltaje integrados ha fallado. alimentacion de CA del
failed. Call sistema durante 10
support. segundos y reinicie el

sistema.

Si el problema persiste,
consulte "Obtencién de
ayuda" en la pagina 395.

E1310 Fan ## RPM La velocidad del ventilador ~ Consulte "Solucién de
exceeding especificado estd fuera del  problemas de los médulos
range. Check intervalo operativo de ventilador" en la
fan. aceptable. pagina 346.

E1311 Fan module ## La velocidad del ventilador Consulte "Solucién de
RPM exceeding especificado en el médulo  problemas de los médulos
range. Check especificado estd fueradel  de ventilador" en la
fan. intervalo operativo pdgina 346.

aceptable.

E1313 Fan El sistema ya no dispone de  Consulte la pantalla LCD
redundancy redundancia de ventiladores. para ver si hay mas
lost. Check  Siotro ventilador falla, mensajes. Consulte
fans. habra riesgo de "Solucién de problemas
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sistema.
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de los médulos de
ventilador" en la
pdgina 346.



Tabla1-26. Mensajes de estado de la pantalla LCD (continuacion)

Codigo Texto Causa Acciones correctivas
E1410 Internal Se ha producido un error ~ Desconecte la
Error interno en el procesador alimentacién de CA del
detected. especificado. El error puede  sistema durante 10
Check "FRU estar causado o no por el segundos y reinicie el
X", procesador. sistema.
Si el problema persiste,
consulte "Obtencién de
ayuda" en la pagina 395.
E1414 CPU # temp La temperatura del Asegtrese de que los
exceeding procesador especificado se  disipadores de calor del
range. Check encuentra fuera del procesador estén
CPU heatsink. intervalo de temperaturas  instalados correctamente.
aceptable. Consulte "Solucion de
problemas de los
procesadores” en la
pdgina 355y "Solucién de
problemas de los mddulos
de ventilador" en la
pagina 340.
E1418 CPU # not Falta el procesador Asegtirese de que el
detected. especificado o estd dafiado, y  procesador especificado
Check CPU is el sistema tiene una esté instalado
seated configuracién no admitida.  correctamente. Consulte
properly. "Solucién de problemas
de los procesadores” en la
pdgina 355.
E141C Unsupported  Losprocesadores tienen una Asegirese de que los
CPU configuracién no admitida.  procesadores coinciden y
configuration se adaptan al tipo descrito
Check CPU or en las especificaciones
BIOS técnicas del procesador
revision. que se encuentran en la
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Guia de introduccién del
sistema.
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Tabla1-26. Mensajes de estado de la pantalla LCD (continuacion)

Codigo Texto Causa Acciones correctivas
E141F CPU # EI BIOS del sistema ha Desconecte la
protocol notificado un error de alimentacion de CA del
error. Power protocolo del procesador.  sistema durante 10
cycle AC. segundos y reinicie el
sistema.
Si el problema persiste,
consulte "Obtencién de
ayuda" en la pagina 395.
E1420 CPU Bus EI BIOS del sistema ha Desconecte la
parity error. notificado un error de alimentacion de CA del
Power cycle  paridad en el bus del sistema durante 10
AC. procesador. segundos o borre el SEL.
Si el problema persiste,
consulte "Obtencién de
ayuda" en la pigina 395.
E1422 CPU # machine FlBIOS del sistema ha Desconecte la
check error. notificado un error de alimentaciéon de CA del
Power cycle  comprobacién del equipo.  sistema durante 10
AC. segundos y reinicie el
sistema.
Si el problema persiste,
consulte "Obtencién de
ayuda" en la pagina 395.
E1610 Power Supply Secha extraidola fuente de  Consulte "Solucion de
# (###F W) alimentacién especificada o problemas de los médulos
missing. no se encuentra en el de fuente de
Check power  sistema. alimentacién” en la
supply. pagina 345.
E1614 Power Supply Lafuente de alimentacion Consulte "Solucién de
# (##4 W) especificada ha fallado. problemas de los médulos
error. Check de fuente de

power supply.

Informacién sobre el sistema

alimentacion" en la
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Tabla1-26. Mensajes de estado de la pantalla LCD (continuacion)

Codigo Texto Causa Acciones correctivas

E1618 Predictive La fuente de alimentacion ~ Consulte "Solucién de
failure on especificada ha detectado  problemas de los mddulos
Power Supply una condicién que puede  de fuente de
# (W) . hacer prever un apagado, por alimentacion” en la
Check PSU. ejemplo, un aviso de exceso  pédgina 345.

de temperatura o un error de
comunicacién PSU, que
podria generar una
condicién de error en la
fuente de alimentacidn.

E161C Power Supply La fuente de alimentacion Comprucbe la fuente de
# (##4 W) especificada estd conectada  energia de CA dela fuente
lost AC al sistema, pero no recibe  de alimentacion
power. Check entrada de CA. especificada. Si el
PSU cables. problema persiste,

consulte "Solucion de
problemas de los mddulos
de fuente de
alimentacion” en la
pagina 345.

E1620 Power Supply Laentradade CAdela Comprucebe la fuente de
# (#4## W) AC fuente de alimentacién energia de CA de la fuente
power error. especificada estd fueradel  de alimentacion
Check PSU intervalo permitido. especificada. Si el
cables. problema persiste,

consulte "Solucion de
problemas de los mddulos
de fuente de
alimentacién” en la
pdgina 345.

E1624 Lost power El subsistema de la fuente  Consulte "Solucién de

supply
redundancy.
Check PSU
cables.

de alimentacién ya no es
redundante. Sila otra fuente
de alimentacién falla, el
sistema se apagard.
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problemas de los médulos
de fuente de
alimentacion" en la

pdgina 345.
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Tabla1-26. Mensajes de estado de la pantalla LCD (continuacion)

Codigo Texto

Causa

Acciones correctivas

E1626 Power Supply Lasfuentesde alimentacién Asegurese de que las
Mismatch. del sistema no tienen la fuentes de alimentacion
PSULl = ### W, misma potencia. instaladas tengan la
PSU2 = ### W. misma potencia. Consulte
las especificaciones
técnicas que se
encuentran en la Guia de
introduccion del sistema.
E1629 Power La configuracién del sistema  Desconecte la
required > requiere mds potencia de la  alimentacion del sistema,
PSU wattage. que pueden proporcionarlas reduzca la configuracién
Check PSU and fuentes de alimentacién, de hardware o instale
config. incluso con regulacion. fuentes de alimentacién
de mds potenciay, a
continuacioén, reinicie el
sistema.
E1710 I/O channel  EIBIOS del sistema ha Consulte el SEL para

check error.
Review &
clear SEL.

notificado una
comprobacién del canal de

E/S.

obtener informacién sobre
el mensaje de error.
Desconecte la
alimentaciéon de CA del
sistema durante 10
segundos y reinicie el
sistema.

Si el problema persiste,

consulte "Obtencién de
ayuda" en la pagina 395.

E1714 Unknown
error. Review
& clear SEL.

El BIOS del sistema ha
determinado que se ha
producido un error en el
sistema, pero no puede
determinar el origen.

Informacién sobre el sistema

Desconecte la
alimentacion de CA del
sistema durante 10
segundos y reinicie el
sistema.

Si el problema persiste,
consulte "Obtencién de
ayuda" en la pagina 395.



Tabla1-26. Mensajes de estado de la pantalla LCD (continuacion)

Codigo Texto Causa Acciones correctivas

E1810 Hard drive ## Elsubsistema SAS ha Consulte "Solucién de
fault. Review determinado quela unidad problemas de las unidades
& clear SEL. de disco duro especificada  de disco duro" en la

ha detectado un fallo. pagina 352.

E1812 Hard drive ## Seha extraido del sistemala Mensaje meramente
removed. unidad de disco duro informativo.
Check drive. especificada.

E2010 Memory not No se ha detectado ninguna Instale la memoria o
detected. memoria en el sistema. recoloque los médulos de
Inspect memoria. Consulte
DIMMs. "Solucién de problemas

de la memoria del médulo
de alta densidad" en la
pagina 351.

E2011 Memory Se ha detectado la memoria, Consulte "Solucién de
configuration pero no se puede configurar. problemas de la memoria
failure. Se ha detectado un error del modulo de alta
Check DIMMs. durante la configuracién de densidad" en la

la memoria. pagina 351.

E2012 Memory [.a memoria estd Consulte "Solucién de
configured configurada, pero no se problemas de la memoria
but unusable. puede utilizar. del médulo de alta
Check DIMMs. densidad" en la

pagina 351.
E2013 BIOS unable  FElBIOS del sistemanoha  Consulte "Solucion de

to shadow
memory. Check
DIMMs.

podido copiar su imagen
flash en la memoria.

Informacion sobre el sistema |

problemas de la memoria
del médulo de alta
densidad" en la

pagina 351.

123



Tabla1-26. Mensajes de estado de la pantalla LCD (continuacion)

Codigo Texto Causa Acciones correctivas
E2014 CMOS RAM Error de CMOS. La RAM  Desconecte la
failure. CMOS no funciona alimentacion de CA del
Power cycle correctamente. sistema durante 10
AC. segundos y reinicie el
sistema.
Si el problema persiste,
consulte "Obtencién de
ayuda" en la pagina 395.
E2015 DMA Error de la controladora Desconecte la
Controller DMA. alimentacion de CA del
failure. sistema durante 10

Power cycle

segundos y reinicic ¢l

AC. sistema.
Si el problema persiste,
consulte "Obtencién de
ayuda" en la pigina 395.
E2016 Interrupt Error de la controladora de  Desconecte la
Controller Interrupcion. alimentacion de CA del
failure. sistema durante 10
Power cycle segundos y reinicie el
AC. sistema.

Si el problema persiste,
consulte "Obtencién de
ayuda" en la pagina 395.

E2017 Timer refresh FError de actualizacion del
failure. temporizador.
Power cycle
AC.
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Desconecte la
alimentacion de CA del
sistema durante 10
segundos y reinicie el
sistema.

Si el problema persiste,

consulte "Obtencién de
ayuda" en la pagina 395.



Tabla1-26. Mensajes de estado de la pantalla LCD (continuacion)

Codigo Texto Causa Acciones correctivas
E2018 Programmable FError del temporizadorde  Desconecte la
Timer error. intervalos programable. alimentacién de CA del
Power cycle sistema durante 10
AC. segundos y reinicie el
sistema.
Si el problema persiste,
consulte "Obtencién de
ayuda" en la pagina 395.
E2019 Parity error. Errorde paridad. Desconecte la
Power cycle alimentacion de CA del
AC. sistema durante 10
segundos y reinicic el
sistema.
Si el problema persiste,
consulte "Obtencién de
ayuda" en la pigina 395.
E201A SuperIO Error de SIO. Desconecte la
failure. alimentacién de CA del
Power cycle sistema durante 10
AC. segundos y reinicie el
sistema.
Si el problema persiste,
consulte "Obtencién de
ayuda" en la pagina 395.
E201B Keyboard Error de la controladora del  Desconecte la
Controller teclado. alimentacion de CA del
error. Power sistema durante 10
cycle AC. segundos y reinicie el

sistema.

Si el problema persiste,
consulte "Obtencién de

ayuda" en la pagina 395.

Informacion sobre el sistema |

125



Tabla1-26. Mensajes de estado de la pantalla LCD (continuacion)

Codigo Texto Causa Acciones correctivas
E201C SMI Error de inicializacién enla  Desconecte la
initializatio interrupcién de alimentacién de CA del
n failure. administracion del sistema  sistema durante 10
Power cycle  (SMI). segundos y reinicie el
AC. sistema.
Si el problema persiste,
consulte "Obtencion de
ayuda" en la pagina 395.
E201D Shutdown test Errorde la prueba de Desconecte la
failure. apagado del BIOS. alimentacién de CA del
Power cycle sistema durante 10
AC. segundos y reinicic ¢l
sistema.
Si el problema persiste,
consulte "Obtencion de
ayuda" en la pigina 395.
E201E POST memory  Errordela prueba de Consulte "Solucion de
test failure. memoria del BIOS durante problemas de la memoria
Check DIMMs. laPOST. del modulo de alta
densidad" en la
pdgina 351.
Si el problema persiste,
consulte "Obtencion de
ayuda" en la pagina 395.
E2020 CPU Error de configuracién del ~ Consulte la pantalla para

configuration procesador.

failure.

Check screen

message.
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ver si hay mensajes de
error especificos.
Consulte "Solucién de
problemas de los
procesadores” en la
pdgina 355.



Tabla1-26. Mensajes de estado de la pantalla LCD (continuacion)

Codigo Texto Causa Acciones correctivas

E2021 Incorrect Configuracién incorrecta de Consulte la pantalla para
memory la memoria. ver si hay mensajes de
configur- error especificos (consulte
ation. Review "Solucion de problemas
User Guide. de la memoria del mddulo

de alta densidad" en la
pagina 351).

E2022 General Error general tras el video.  Consulte la pantalla para
failure ver si hay mensajes de
during POST. error especificos.

Check screen
message.

E2110 Multibit Error de varios bits (MBE)  Consulte "Solucion de
Error on DIMM en el DIMM de la ranura problemas de la memoria
##. Reseat "#A. del médulo de alta
DIMM. densidad" en la

pagina 351.

E2111 SBE log EI BIOS del sistema ha Desconecte la
disabled on  deshabilitado el registro de  alimentacién de CA del
DIMM ##. errores de un solo bit (SBE)  sistema durante 10

Reseat DIMM.

de la memoria y no
reanudard este registro hasta
que se reinicie el sistema.
"##" representa ¢l DIMM
denotado por el BIOS.

Informacion sobre el sistema |

segundos y reinicie el
sistema.

Si el problema persiste,
consulte "Solucién de
problemas de la memoria
del médulo de alta
densidad" en la

pagina 351.
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Tabla1-26. Mensajes de estado de la pantalla LCD (continuacion)

Codigo Texto Causa Acciones correctivas
E2112 Memory spared ElBIOS del sistema ha Desconecte la
on DIMM ##. sustituido la memoria alimentacion de CA del
Power cycle  porque ha determinado que sistema durante 10
AC. contenia demasiados segundos y reinicie el
errores. "##" representa el sistema.
DIMM denotado por el Si el problema persiste,
BIOS. consulte "Solucién de
problemas de la memoria
del modulo de alta
densidad" en la
pdgina 351.
E2113 Mem mirror EI BIOS del sistema ha Desconecte la
OFF on DIMM  deshabilitado la duplicacién alimentacién de CA del
& ##. de memoria porque ha sistema durante 10
Power cycle  determinado que una mitad segundos y reinicie el
AC de la duplicacién contenia  sistema.

demasiados errores. "## &

Si el problema persiste,
##" representa el par

consulte "Solucién de

DIMM denotado por el problemas de la memoria
BIOS. del médulo de alta
densidad" en la
pdgina 351.

11911 LCD Log Full. Mensaje de desbordamiento Consulte el SEL para
Check SEL to delapantalla LCD. De obtener informacion de
review all forma secuencial, se pueden los eventos.

Errors. mostrar un maximo de tres

Desconecte la
alimentaciéon de CA del
sistema durante 10
segundos o borre el SEL.

mensajes de error en la
pantalla LCD. El undécimo
mensaje muestra al usuario
c6mo consultar el SEL para
obtener informacién sobre
los eventos.
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Tabla1-26. Mensajes de estado de la pantalla LCD (continuacion)

Codigo Texto

Causa

Acciones correctivas

I1912 SEL Full El SEL estd lleno y no puede  Consulte el SEL para
Review & registrar mds eventos. obtener informacion sobre
clear log. los mensajes de error y, a
continuacién, desconecte
la alimentacion de CA del
sistema durante 10
segundos para borrar ¢l
SEL y reinicie el sistema.
W1228 RAID Avisa de que la bateria RAID  Deje que la bateria RAID
Controller dispone de menos de 24 se cargue hasta que
battery horas de carga. disponga de mds de 24
capacity < horas de autonomia.
24hr. Si el problema persiste,
sustituya la baterfa RAID.
Consulte "Instalacion de
la tarjeta controladora de
almacenamiento” en la
pagina 312.
W1627 Power La configuracion del sistema Desconecte la
required > requiere mds potencia de la  alimentacién del sistema,
PSU wattage. que puede proporcionarla  reduzca la configuraciéon
Check PSU and fuente de alimentacién. de hardware o instale
config. fuentes de alimentacion
de mds potenciay, a
continuacién, reinicie el
sistema.
W1628 Performance  Laconfiguraciondelsistema Desconecte la
degraded. requiere mds potencia de la  alimentacién del sistema,
Check PSU and que puede proporcionar la  reduzca la configuracion
system fuente de alimentacion, de hardware o instale
configur- pero el sistema se puede fuentes de alimentacion
ation. iniciar si se regula. de mds potenciay, a

continuacion, reinicie el
sistema.

NOTA: Para ver el nombre completo de las abreviaturas o siglas utilizadas en esta tabla,
consulte el @ osari oen support.dell.com/manuals.
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Mensajes del sistema

En la Tabla 1-27 se enumeran los mensajes del sistema que pueden aparecer,
asi como la causa probable y la accién correctiva para cada mensaje.

A CAUTION: Muchas de las reparaciones sélo pueden realizarlas los técnicos de

Mensajes de aviso

servicio autorizados. El usuario debe llevar a cabo unicamente las tareas de
solucion de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en la
documentacion del producto o indicadas por el personal de servicio y asistencia
en linea o telefonica. La garantia no cubre los daiios ocasionados por
reparaciones que Dell no haya autorizado. Lea y siga las instrucciones de
seguridad entregadas con el producto.

NOTA: Si recibe un mensaje del sistema que no figura en la Tabla 1-27, revise la
documentacion de la aplicacion que se esta ejecutando cuando aparece el

mensaje o la documentacion del sistema operativo para obtener una explicacion
del mensaje y la accion recomendada.

Tabla1-27. Mensajes del modulo de alta densidad

Mensaje Causas Acciones correctivas
Failed to Este error se produce cuando ¢l Este error suele producirse
allocate BIOS no recibe de la iDRAC el cuando la asignacion de
sufficient estado "Power Granted" alimentacion de la tarjeta

blade power.

Check PCIe card
power usage 1is
within limits.

(alimentacién concedida) para
el médulo de alta densidad
durante la POST en un tiempo

de espera determinado. Cuando
se produce este error, la POST
se detiene.

NOTA: Aplicable sélo a M610x.

PCle especificada en la GUI
de la iDRAC es demasiado
clevada y sobrepasa los
limites del sistema.

Warning:
expansion riser
failed to
initialize at
maximum link

Este aviso se¢ produce cuando la
tarjeta vertical de expansion
PCle sc inicializa con una
capacidad de enlace inferior a la
maxima, lo que se traduce en

width una disminucién del
Performance rendimiento.
will be NOTA: Aplicable sélo a M610x.
degraded.
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Esta condicion sucle deberse
a un cableado incorrecto.
Consulte "Tarjetas de
expansion y tarjeta vertical
de expansion (sdlo
PowerEdge M610x)" en la
pdgina 261.



Tabla 1-27.

Mensajes del maodulo de alta densidad (continuacion)

Mensaje

Causas

Acciones correctivas

Warning: PCIe
expansion riser
not found.
Check mezzanine
interface card
and cables.

Este aviso se produce si el BIOS
no detecta la tarjeta vertical de
expansion durante la POST. El
BIOS prosigue con la POST tras
mostrar este aviso en la consola.

NOTA: Aplicable s6lo a M610x.

Asegtrese de que la tarjeta
vertical de expansion esté
instalada en el sistema. Si
procede, vuelva a instalarla y
compruebe todas las
conexiones de los cables.
Consulte "Tarjeta vertical de
expansion (s6lo PowerEdge
M610x)" en la pagina 266.

Si el problema persiste,
puede que la tarjeta vertical
de expansion sea defectuosa.
Consulte "Obtencion de
ayuda" en la pagina 395.

Error:
Unsupported
mezzanine card
configuration.

Este error se produce si no se
admiten el tipo y la
configuracién de las tarjetas
intermedias instaladas.

Asegurese de que las tarjetas
intermedias estén instaladas
y sean compatibles con el
modulo de alta densidad.
Consulte "Tarjetas
intermedias del médulo de
E/S" en la pagina 242.

Verifying blade
power. ..

Mensaje de estado que indica
que el BIOS estd esperando a
que la iDRAC/CMC conceda

alimentacién al médulo de alta

densidad antes de continuar
con la POST.

Mensaje meramente
informativo.

Cannot Power
ON. Cables are
not installed
properly or
Mezz IFC FRU is
corrupted

Los cables de la tarjeta de
expansion no estdn bien

instalados o la FRU IFC de la

tarjeta intermedia estd dafiada.

NOTA: Aplicable s6lo a M610x.

Informacion sobre el sistema |

Asegtrese de que los cables
de la tarjeta de expansion
PCle estén conectados
correctamente. Si es preciso,
recoloque la FRU IFC de la
tarjeta intermedia. Si el
problema persiste, consulte
"Obtencién de ayuda" en la
pagina 395.
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Tabla 1-27.

Mensajes del madulo de alta densidad (continuacion)

Mensaje Causas Acciones correctivas
Expansion Los cables de la tarjeta de Asegtrese de que los cables
Cables are not expansion PCle no estdn de la tarjeta de expansion
installed instalados correctamente. PCle estén conectados
properly NOTA: Aplicable s6lo a Mg10x,  correctamente.
Current Aplicable al médulo de alta Comprucbe que ¢l consumo
Overlimit densidad base y a la tarjeta de  de energfa de las tarjetas de
detected in expansion. expansion PCle instaladas
Expansion NOTA: Aplicable sélo a M610x.  ™© sobrepa;se 'los 250 W Para
obtener mds informacién,
consulte "Pautas para la
instalacion de tarjetas de
expansion” en la pdgina 261.
Failsafe Consulte el registro de eventos  Consulte "Obtencién de

detected in
PCIe expansion
on mini planar

el sistema para ver si se han
del sist h
producido errores graves.

NOTA: Aplicable s6lo a M610x.

ayuda" en la pagina 395.

Global PFault
detected in
Expansion

Se ha producido un error PFault
en la tarjeta de expansion.

NOTA: Aplicable s6lo a M610x.

Consulte "Obtencién de
ayuda" en la pagina 395.

PCIe card
inserted in
slot X [Vendor
ID: YYYY Device
ID: Z72Z]

Se ha instalado una tarjeta PCle
nueva.

Mensaje meramente
informativo.

PCIe card
removed from
slot X

Se ha extraido una tarjeta de
expansion PCle.

Informacién sobre el sistema

Vuelva a instalar la tarjeta de
expansion. Consulte
"Instalacién de una tarjeta
de expansién” en la

pagina 262.



Tabla 1-27.

Mensajes del maodulo de alta densidad (continuacion)

Mensaje

Causas

Acciones correctivas

Invalid PCIe
card found in
the Internal
Storage slot!

El sistema se ha interrumpido
porque se ha instalado una
tarjeta de expansion PCle no
vilida en la ranura dedicada
para la controladora de
almacenamiento.

Extraiga la tarjeta de
expansion PCle e instale la
controladora de
almacenamiento integrada
en la ranura dedicada.
Consulte "Tarjeta
controladora de
almacenamiento" en la

pagina 311.

Memory
Initialization

Warning: Memory

size may be

La configuracion no es vilida.
El sistema funciona, pero con
menos memoria que la
instalada fisicamente.

Ascgurese de que los
modulos de memoria estén
instalados en una
configuracién vélida.

reduced Consulte "Memoria del
sistema” en la pdgina 194.
Unsupported La configuracién de la memoria  Asegurese de que los
memory no es vélida. Los DIMM no modulos de memoria estén
configuration. coinciden en las ranuras instalados en una

DIMM mismatch
across slots
detected:

especificadas.

configuracién vélida.
Consulte "Memoria del
sistema" en la pdgina 194.

Unsupported

DIMM detected.
The following
DIMM has been

La configuracién de la memoria

no cs vélida. El sistema
funciona, pero con ¢l DIMM
especificado deshabilitado.

Asegurese de que los
modulos de memoria estén
instalados en una
configuracién vélida.

disabled: Consulte "Memoria del
sistema” en la pdgina 194.

DIMM La configuracién de la memoria  Asegurese de que los

configuration  no esvilida en un sistema con médulos de memoria estén

on each CPU
should match

dos procesadores. La
configuracién de los DIMM de
cada procesador debe ser
idéntica.

Informacion sobre el sistema |

instalados en una
configuracién vélida.
Consulte "Memoria del
sistema” en la pdgina 194.
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Tabla 1-27.

Mensajes del maodulo de alta densidad (continuacion)

Mensaje

Causas

Acciones correctivas

Maximum rank
count exceeded.
The following
DIMM has been
disabled:

128-Bit
Advanced ECC
Mode Disabled -
For 128-Bit
Advanced ECC
mode,

ECC DIMMs must
be used.

DIMMs must be
installed in
pairs. Pairs
must be matched
in size and
geometry

La configuracién de la memoria

no es valida. El sistema
funciona, pero con el DIMM
especificado deshabilitado.

La configuracién de la memoria

no coincide con la
configuracién en el BIOS. La
configuracién del BIOS se ha
deshabilitado.

Asegtrese de que los
modulos de memoria estén
instalados en una
configuracién vilida.
Consulte "Memoria del
sistema" en la pagina 194.

Vuelva a configurar los
modulos de memoria para
que admitan el modo de
ECC avanzada. Consulte
"Memoria del sistema" en la
pdgina 194.

Sparing Mode
Disabled - For
Sparing mode,
matched sets of
three must be
populated
across slots.

La configuracién de la memoria

no coincide con la
configuracién en el BIOS. La
configuracién del BIOS se ha
deshabilitado.

Informacién sobre el sistema

Vuelva a configurar los
modulos de memoria en el
modo de sustitucién de
memoria. Consulte
"Memoria del sistema" en la
pdgina 194.



Tabla 1-27.

Mensajes del madulo de alta densidad (continuacion)

Mensaje

Causas

Acciones correctivas

The following
DIMM's should
match in size:

in rank count:

in size and
rank count:

in geometry:

in size and
geometry:

La configuracién de la memoria

no es vilida. Los DIMM
especificados no coinciden en
tamafio, niumero de bancos ni

en ntmero de carriles de datos.

Asegtrese de que los
modulos de memoria estén
instalados en una
configuracién vilida.
Consulte "Memoria del
sistema" en la pagina 194.

Thermal sensor
not detected on

MEMTEST lane
failure
detected on

La configuracién de la memoria
no es valida. Se ha instalado un

DIMM no coincidente.

La configuracién de la memoria
no es vilida. Se ha instalado un

DIMM no coincidente.

Informacion sobre el sistema |

Asegurese de que los
moédulos de memoria estén
instalados en una
configuracién vélida.
Consulte "Memoria del
sistema" en la pagina 194.

Asegurese de que los
moédulos de memoria estén
instalados en una
configuracién vélida.
Consulte "Memoria del
sistema" en la pagina 194.
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Tabla 1-27.

Mensajes del maodulo de alta densidad (continuacion)

Mensaje

Causas

Acciones correctivas

Processors with

differe
rating
detecte

System

nt power no coincidentes.

d!
halted.

Processors with

differe
logical
process
detecte

System

nt

ors
da!

halted.

CPUs wi
differe

th
nt core

sizes detected!

System

halted.

Se han instalado procesadores

Asegtrese de que todos los
procesadores tengan el
mismo tamaifio de caché, el
ndmero de nucleos y de
procesadores logicos y 1a
misma alimentacién
eléctrica, y compruebe que
estén instalados
correctamente. Consulte
"Procesadores" en la
pagina 271.

CPU x installed
with no memory

Se requieren médulos de
memoria, pero no s¢ han
instalado en las ranuras de
memoria del procesador
indicado.

Instale médulos de memoria
para el procesador. Consulte
"Memoria del sistema" en la
pagina 194.

Unused memory

detecte
DIMM's
install

the following

slot ar

available when

in Mirr
128-Bit

d. no es la 6ptima para el modo de
duplicacién ni para el modo de
ed in memoria ECC avanzada. Los

e not

or or

Advanced ECC
modes:

136

X, X, X

La configuracién de memoria

modulos instalados en las
ranuras especificadas no se
utilizan.

Informacién sobre el sistema

Vuelva a establecer la
memoria en el modo de
duplicacién de memoria o
de memoria ECC avanzada,
o bien cambie al modo de
optimizacién en la pantalla
de configuracién del BIOS.
Consulte "Memoria del
sistema" en la pgina 194.



Tabla 1-27.

Mensajes del maodulo de alta densidad (continuacion)

Mensaje

Causas

Acciones correctivas

Alert: DIMM [m] La configuraciéon dela memoria Asegurese de que los

and DIMM [n]
must be

populated with

a matched set
of DIMMs if
more than 1
DIMM is
present. The
following
memory DIMMs
have been
disabled.

instalada no es vélida.

modulos de memoria estén
instalados en pares
coincidentes. Consulte
"Memoria del sistema" en la
pagina 194.

Alert! Node

La configuracién de la memoria

Instale una configuracién de

Interleaving instalada no admite el memoria que admita el
disabled! intercalado de nodos. intercalado de nodos.
Memory . Consulte "Memoria del
configuration sistema" en la pagina 194.
does not

support Node

Interleaving.

Alert! La configuracién de la memoria Instale una configuracion de
Redundant instalada no admite memoria  memoria que admita
memory redundante. memoria redundante.
disabled! Consulte "Memoria del
Memory sistema” en la pdgina 194.
configuration Deshabilite la opcion

does not Redundant Memory
support (Memoria redundante) en el
redundant programa de configuracién
memory . del sistema. Consulte "Uso

Informacidn sobre el sistema

del programa de
configuracién del sistema y
de UEFI Boot Manager" en
la pdgina 157.
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Tabla1-27. Mensajes del modulo de alta densidad (continuacion)

Mensaje Causas Acciones correctivas
Alert! Se ha producido un error de Apague y encienda el
Redundancy was memoria. modulo de alta densidad.
previously

lost. Power
cycle required
to reconfigure

redundant

memory.

Alert! La configuracién de la memoria Anada, mueva o extraiga
Unsupported instalada no es vilida. modulos de memoria para
memory, conseguir una configuracion
incomplete que el sistema admita.
sets, or

Consulte "Memoria del

unmatched sets. sistema" en la pagina 194.

The following
memory DIMMs
have been
disabled:1,m,n

Caution! El puente NVRAM_CLR estd  Coloque el puente
NVRAM_CLR en la posicién de activado. NVRAM_CILRenla
jumper is posicion de desactivado.

installed on

Consulte "Configuracién de
system board.

los puentes de la placa base
del médulo de alta
densidad" en la pagina 365
para ver la ubicacién del

puente.
CPUs with Se han instalado procesadores  Instale una version correcta
different cache no coincidentes. del procesador para que los
sizes detected. dos procesadores tengan el

mismo tamafio de caché.
Consulte "Procesadores" en
la pdgina 271.
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Tabla 1-27.

Mensajes del maodulo de alta densidad (continuacion)

Mensaje Causas Acciones correctivas
Decreasing Los médulos de memoria son  Asegtrese de que todos los
available defectuosos o se han instalado  mddulos de memoria estén
memory. incorrectamente. instalados correctamente.

Consulte "Solucién de
problemas de la memoria del
médulo de alta densidad" en
la pagina 351.

DIMMs <Al-A8>
disabled - SMI
channel
training
failure.

DIMMs <Al1l-A8>
disabled -
Memory Buffer
communication
error.

Los médulos de memoria no

estdn insertados correctamente.

Es probable que los conectores
para modulos de memoria o el
z6calo del procesador estén
expuestos al polvo.

El procesador tiene patas
torcidas.

Informacion sobre el sistema |

Recoloque o sustituya los
modulos de memoria.
Consulte "Memoria del
sistema" en la pagina 194.

Asegtrese de que los
conectores para mddulos de
memoria y los zécalos del
procesador estdn limpios.

Compruebe que el
procesador no tiene patas
torcidas. Si el procesador
tiene algunas patas torcidas,
consulte "Obtencién de
ayuda" en la pigina 395.
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Tabla1-27. Mensajes del modulo de alta densidad (continuacion)

Mensaje Causas Acciones correctivas
DIMMs <Al1-A8>  Los mdédulos de memoriano  Sustituya o recoloque los
disabled - estdn insertados correctamente. modulos de memoria.

Consulte "Memoria del
sistema" en la pdgina 194.

MemBIST error. g probable que el conector

DIMMs <Al-A8> para médulos de memoria esté
disabled - expuesto al polvo. Ascgtrese de que los

MemBIST Médulo de memoria no conectores para mddulos de
timeout. admitido. memoria estaTl hmplos y de
que se hayan instalado
DIMMs <Al-A8> , ‘ .
; modulos de memoria
disabled - Rank ..
admitidos en una
not found. . ., e
configuracién vélida.
DIMMs <A1-A8> Consulte "Pautas generales
disabled - DIMM para la instalacion de
communication modulos de memoria:
error. PowerEdge M910" en la
DIMMs <A1-A8> pagina 202.
disabled - DDR
training error.
DIMMs <Al-A8>
disabled -
Simple memory
test failure.
DIMMs <Al1-A8>  Losmddulos de memoriano  Sustituya o recoloque los
disabled - No estdn insertados correctamente. mdédulos de memoria.

Consulte "Memoria del
sistema" en la pagina 194.

memory

Es probable que los conectores
detected.

para médulos de memoria estén
expuestos al polvo. Compruebe que los
modulos de memoria sean
idénticos y que estén en un
par lockstep.

Moédulo de memoria no
admitido.
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Tabla 1-27.

Mensajes del maodulo de alta densidad (continuacion)

Mensaje

Causas

Acciones correctivas

DIMMs <Al1l-A8>
disabled -
Invalid DIMM.

Moédulos de memoria no
admitidos en el primer par
lockstep.

Consulte "Pautas generales
para la instalacion de
modulos de memoria:
PowerEdge M910" en 1a
pdgina 202.

Vuelva a colocar los médulos
de memoria. Consulte
"Memoria del sistema" en la
pagina 194.

DIMMs should be
installed in
pairs. Pairs
must be matched
in size, speed,
and technology.

Los DIMM instalados no son
coincidentes; los médulos de
memoria son defectuosos o se
han instalado incorrectamente.
El sistema funciona en modo
degradado con proteccién ECC
reducida. Sélo se puede acceder
a la memoria instalada en el
canal 0.

Asegtrese de que todos los
pares de modulos de
memoria sean del mismo
tipo y tamano y estén
instalados correctamente.
Consulte "Memoria del
sistema" en la pagina 194. Si
el problema persiste,
consulte "Solucién de
problemas de la memoria del
modulo de alta densidad" en
la pdgina 351.

DIMMs must be
populated in
sequential
order beginning
with slot 1.
The following

DIMM is
electrically
isolated: DIMM
X.

El sistema no puede acceder al
DIMM especificado debido a su
ubicacion. Los DIMM deben

rellenarse en orden secuencial, y

se debe empezar por la ranura 1.

Informacidn sobre el sistema

Rellene dos, cuatro u ocho
DIMM en orden secuencial.
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Tabla 1-27.

Mensajes del maodulo de alta densidad (continuacion)

Mensaje

Causas

Acciones correctivas

DIMM pairs must
be matched in
size, speed,
and technology.
The following
DIMM pair is
mismatched:
DIMM [x] and
DIMM [y].

Los DIMM instalados no son
coincidentes; los mddulos de
memoria son defectuosos o se
han insertado incorrectamente.

Asegtrese de que todos los
pares de modulos de
memoria sean del mismo
tipo y tamaio y estén
instalados correctamente.
Consulte "Memoria del
sistema" en la pdgina 194y
"Solucion de problemas dela
memoria del médulo de alta
densidad" en la pagina 351.

Diskette read
failure.

El disquete es defectuoso o se
ha insertado incorrectamente.

Sustituya el disquete.

Drive not

Falta el disquete o s¢ ha

Vuelva a insertar ¢l disquete

ready. insertado incorrectamente en la o sustitdyalo.

unidad de disquete.
Error: Los DIMM instalados no son  Asegtrese de que todos los
Incorrect coincidentes; los médulos de  pares de médulos de
memory memoria son defectuosos 0 se  memoria sean del mismo
configuration. fap insertado incorrectamente.

DIMMs must be
installed in
pairs of
matched memory
size, speed,

and technology.

tipo y tamano y estén
instalados correctamente.
Consulte "Memoria del
sistema" en la pagina 194. Si
el problema persiste,
consulte "Solucién de
problemas de la memoria del
modulo de alta densidad" en
la pdgina 351.

Error:
Incorrect
memory
configuration.
System halted.

Hay menos de 512 MB de
memoria instalada.

Informacién sobre el sistema

Afiada médulos de memoria
para conseguir una
configuracién que el sistema
admita. Consulte "Memoria
del sistema" en la

pagina 194.



Tabla 1-27.

Mensajes del maodulo de alta densidad (continuacion)

Mensaje Causas Acciones correctivas
Error: Memory Los médulos de memoria son ~ Consulte "Solucién de
failure defectuosos o se han insertado  problemas de la memoria del

detected. Memory
size reduced.
Replace the
faulty DIMM as
soon as
possible.

incorrectamente.

modulo de alta densidad" en
la pagina 351.

Error
programming
flexAddress
(MAC) for bus,
dispositivo,
funcion.

FlexAddress (MAC virtual) no
se admite en el dispositivo
especificado.

Mensaje meramente
informativo.

Error
programming
flexAddress
(1SCSI MAC)
bus,
dispositivo,
funcion.

for

FlexAddress (MAC virtual) no
se admite en el dispositivo
especificado.

Mensaje meramente
informativo.

Error resetting
NIC after
programming
flexAddress for
bus,
dispositivo,
funcidn.

FBD training
error: The
following
branch has been
disabled:
Branch x.

FlexAddress (MAC virtual) no
sc admite en ¢l dispositivo
especificado.

La bifurcacion especificada (par

de canales) contiene DIMM
que son incompatibles entre
ellos.

Informacidn sobre el sistema

Mensaje meramente
informativo.

Asegurese de que solo se
utiliza memoria aprobada
por Dell. Dell recomienda
adquirir los kits de
ampliacién de memoria
directamente de dell.com o
de su representante de
ventas de Dell para asegurar
la compatibilidad.
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Tabla1-27. Mensajes del modulo de alta densidad (continuacion)
Mensaje Causas Acciones correctivas
Gate A20 La controladora del teclado es  Consulte "Obtencion de
failure. defectuosa (o la placa del ayuda" en la pagina 395.
modulo de alta densidad es
defectuosa).
General El sistema operativo estd Reinstale el sistema
failure. dafiado o se ha instalado operativo.
incorrectamente.
HyperTransport Se ha producido un error de Consulte "Obtencién de

error caused a
system reset.
Please check
the system
event log for

HyperTransport.

ayuda" en la pagina 395.

details.
Invalid FlexAddress (MAC virtual) no  Mensaje meramente
flexAddress for seadmite en el dispositivo informativo.
bus, especificado.
dispositivo,
funcidn.
Keyboard La controladora del teclado es  Consulte "Obtencién de
controller defectuosa (o la placa del ayuda" en la pagina 395.
failure. médulo de alta densidad es
defectuosa).
Keyboard El cable del teclado estd suclto  Asegtrese de que el teclado
failure. o se ha conectado esté bien conectado. Si el
Incorrectamente. problema persiste, sustituya
el teclado.
Error 8602 - El cable del ratén o del teclado  Recoloque el cable del ratén
Auxiliary estd suelto o mal conectado. o del teclado. Compruebe

Device Failure

Verify that
mouse and
keyboard are
securely
attached to
correct
connectors.

El ratén o el teclado son
defectuosos.

Informacién sobre el sistema

que el ratén o el teclado
funcionen correctamente.
Consulte "Solucion de
problemas de los
dispositivos USB" en la
pagina 343.



Tabla 1-27. Mensajes del modulo de alta densidad (continuacion)
Mensaje Causas Acciones correctivas
Manufacturing  Elsistema no estd bien Establezca el puente

mode detected.

configurado.

NVRAM_CLR en la
posicion de activado y
reinicie el médulo de alta
densidad. Consulte
"Configuracion de los
puentes de la placa base del
modulo de alta densidad" en
la pdgina 365 para ver la
ubicacion del puente.

Memory address
line failure at
direccion, read
valor expecting
valor.

Memory double
word logic
failure at
direccion, read
valor expecting
valor.

Memory odd/even
logic failure
at direccidn
inicial to
direccidén
final.

Memory
write/read
failure at
direccidn, read
valor expecting
valor.

Los médulos de memoria son
defectuosos o se han instalado
incorrectamente, o bien la placa
del médulo de alta densidad es
defectuosa.

Asegurese de que todos los
modulos de memoria estén
instalados correctamente.
Consulte "Solucion de
problemas de la memoria del
modulo de alta densidad" en
la pagina 351. Si ¢l problema
persiste, consulte
"Obtencién de ayuda" en la
pagina 395.

Memory mirroring
enabled.

La duplicacién de memoria
estd habilitada.

Mensaje meramente
informativo.

Memory tests
terminated by
keystroke.

Se ha pulsado la barra
espaciadora o la tecla ESC
durante la POST para cancelar
la prueba de memoria.

Informacidn sobre el sistema

Mensaje meramente
informativo.
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Tabla 1-27.

Mensajes del maodulo de alta densidad (continuacion)

Mensaje

Causas

Acciones correctivas

Keyboard data
line failure.

Keyboard stuck
key failure.

El conector del cable del
teclado estd suelto o se ha
conectado incorrectamente.
Puede que la controladora del
teclado o del teclado/ratén sea
defectuosa.

Asegtrese de que el teclado
esté bien conectado. Si el
problema persiste, consulte
"Obtencién de ayuda” en la
pagina 395.

Keyboard fuse
has failed.

Se ha detectado una
sobrecorriente en el conector
del teclado.

Consulte "Obtencién de
ayuda" en la pagina 395.

No boot device
available.

Falta la unidad de disquete, la
unidad éptica o la unidad de
disco duro, o bien son
defectuosas.

Compruebe los valores de
configuracién de Integrated
Devices (Dispositivos
integrados) en el programa
de configuracion del sistema
y asegurese de que la
controladora del dispositivo
de inicio esté habilitada.
Consulte "Uso del programa
de configuracion del sistema
y de UEFI Boot Manager" en
la pdgina 157. Asegtrese de
que la controladora del
dispositivo de inicio estd
activada.

Si el problema persiste,
sustituya la unidad.
Consulte "Unidades de disco
duro" en la pigina 295.

No boot sector
on hard-disk
drive.

146 |

La unidad de disco duro no

tiene ningtn sistema operativo.

Informacién sobre el sistema

Compruebe los valores de
configuracién de la unidad
de disco duro en el programa
de configuracién del
sistema. Consulte "Uso del
programa de configuracién
del sistema y de UEFI Boot
Manager" en la pdgina 157.



Tabla1-27. Mensajes del modulo de alta densidad (continuacion)

Mensaje Causas

Acciones correctivas

No timer tick  La placa del médulo de alta

Consulte "Obtencién de

interrupt. densidad es defectuosa. ayuda" en la pagina 395.
Not a boot El disquete no es de inicio. Utilice un disquete de inicio.
diskette.

PCI BIOS failed La tarjcta intermedia es
to install. defectuosa o se ha instalado
incorrectamente.

Recoloque la tarjeta
intermedia. Consulte
"Tarjetas intermedias del
médulo de E/S" en la
pagina 242. Si el problema
persiste, consulte
"Obtencién de ayuda" en la
pagina 395.

Plug & Play Se ha producido un error al
Configuration injcializar el dispositivo PCI, o
Brror. la placa del médulo de alta

densidad es defectuosa.

Establezca el puente
NVRAM_CIR en la
posicién de activado y
reinicie el moédulo de alta
densidad. Consulte
"Configuracién de los
puentes de la placa base
del médulo de alta
densidad" en la

pagina 365 para ver la
ubicacion del puente.

Comprucbe si existe alguna
actualizacién del BIOS. Si el
problema persiste, consulte

"Obtencién de ayuda" en la

pagina 395.

PCIe Training  La tarjeta PCle es defectuosa o
Error: Expected gehainstalado incorrectamente

Link Width is . e
%', Actual Dink " la ranura especificada.

Width is x

Recoloque la tarjeta PCle en
el nimero de ranura
especificado. Consulte
"Solucién de problemas de
las tarjetas de expansion” en
la pagina 353. Si el problema
persiste, consulte
"Obtencién de ayuda” en la
pagina 395.
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Tabla 1-27. Mensajes del modulo de alta densidad (continuacion)

Mensaje Causas Acciones correctivas

ROM bad La tarjeta de expansion es Asegtrese de que la tarjeta
checksum = defectuosa o se ha instalado de expansion esté bien
direccién Incorrectamente. instalada. Consulte

"Solucién de problemas de
las tarjetas de expansion” en
la pagina 353.

BIOS Update

Attempt Failed.

Se ha producido un error en la
actualizacién remota del BIOS.

Vuelva a realizar la
actualizacién del BIOS. Si el
problema persiste, consulte
"Obtencién de ayuda" en la
pagina 395.

Invalid
configuration
information -
please run
SETUP program

Error de suma de comprobacién Abra el programa de

de CMOS.

configuracién del sistema
para corregir los valores
actuales. Consulte "Uso del
programa de configuracion
del sistema y de UEFI Boot
Manager" en la pdgina 157.

Read fault.

El disquete, la unidad de

Sustituya el disquete.

disquete o la unidad éptica son Asegtrese de que el cable de

defectuosos.

la unidad esté bien
conectado. Consulte
"Solucién de problemas de
los dispositivos USB" en la
pagina 343 o "Solucion de
problemas de las unidades
de disco duro" en la
pdgina 352 para obtener
informacioén sobre las
unidades pertinentes
instaladas en el sistema.

Remote
Configuration
update attempt
failed.

El médulo de alta densidad no

ha podido implementar la
peticién de configuracion
remota.

Informacién sobre el sistema

Vuelva a intentar la
configuracién remota.



Tabla 1-27.

Mensajes del maodulo de alta densidad (continuacion)

Mensaje

Causas

Acciones correctivas

Sector not
found.

Seek error.

Seek operation
failed.

Shutdown
failure.

La unidad de disco duro o de
disquete es defectuosa.

Error de la prueba de apagado.

Sustituya el disquete. Si el
problema persiste, consulte
"Solucién de problemas de
las unidades de disco duro”
en la pagina 352 para
obtener informacién sobre la
unidad pertinente instalada
en el sistema.

Asegtirese de que todos los
modulos de memoria estén
instalados correctamente.
Consulte "Solucion de
problemas de la memoria del
modulo de alta densidad" en
la pagina 351. Si el problema
persiste, consulte
"Obtencién de ayuda” en la
pagina 395.

Spare bank
enabled.

La sustitucién de memoria estd

habilitada.

Mensaje meramente
informativo.

System service
update
required.

Puede que la memoria flash de

la tarjeta iDRACG6 Enterprise
esté danada.

Restaure la memoria flash
utilizando la versién mds
reciente disponible en
ftp.dell.com o en
support.dell.com. Consulte
la Guia del usuario de
iDRAC6 para obtener
instrucciones sobre cémo
realizar una sustitucion en
campo de la memoria flash.
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Tabla 1-27.

Mensajes del maodulo de alta densidad (continuacion)

Mensaje

Causas

Acciones correctivas

The amount of
system memory
has changed.

El médulo de memoria es
defectuoso.

Consulte "Soluciéon de
problemas de la memoria del
modulo de alta densidad" en
la pagina 351. Si ¢l problema
persiste, consulte
"Obtencién de ayuda" en la
pagina 395.

This system
does not
support
processors
greater than
95W.

Se han instalado procesadores

incompatibles.

Sustituya los procesadores
pOr unos con una version
compatible. Consulte
"Procesadores" en la
pdgina 271.

Time-of-day
clock stopped.

La bateria o la placa del médulo

de alta densidad son
defectuosas.

Consulte "Solucién de
problemas de la memoria del
modulo de alta densidad" en
la pagina 351. Si el problema
persiste, consulte
"Obtencién de ayuda" en la
pagina 395.

Time-of-day not
set — please
run SETUP
program.

Los valores de hora o fecha son
incorrectos, o bien la baterfa de

la placa del médulo de alta
densidad es defectuosa.

Compruebe los valores de
hora y fecha. Consulte "Uso
del programa de
configuracién del sistema y
de UEFI Boot Manager" en
la pagina 157. Si el problema
persiste, consulte "Solucion
de problemas de la bateria
de reserva de la NVRAM" en
la pagina 356.

Timer chip
counter 2
failed.

La placa del médulo de alta
densidad es defectuosa.

Consulte "Obtencién de
ayuda" en la pagina 395.

TPM Failure

Se ha producido un error en una

funcion del modulo de
plataforma segura (TPM).

Informacién sobre el sistema

Consulte "Obtencién de
ayuda" en la pagina 395.



Tabla1-27. Mensajes del modulo de alta densidad (continuacion)

Mensaje Causas Acciones correctivas

TPM Este mensaje aparece cuando el Introduzca I (ignorar) o M
configuration sistema sc reinicia después de  (modificar) para continuar.
operation is que se haya introducido un

pending. comando de configuracién del

Press I TPM.

to Ignore or M
to Modify to
allow this
change and
reset the

system.
WARNING:

Modifying could

prevent
security

TPM

Se ha aceptado un comando de  Mensaje meramente

configuration operacién de configuracién del  informativo.
operation TPM.

honored.
will now

System
reset

Unsupported CPU Se han instalado procesadores  Sustituya un procesador

combination. no coincidentes. para que los dos

El médulo de alta densidad no procesado”res comc1dan.”
Consulte "Procesadores" en

admite el procesador. o
la pdgina 271.

Compruebe en la pagina
web de asistencia de Dell
(support.dell.com) si hay

una actualizacién del BIOS.

Unsupported CPU El médulo de alta densidad no  Compruebe en la pdgina
admite el procesador. web de asistencia de Dell
(support.dell.com) si hay

stepping
detected

una actualizacién del BIOS.

Si el problema persiste,
instale un procesador
compatible. Consulte
"Procesadores" en la

pagina 271.

Informacidn sobre el sistema
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Tabla1-27. Mensajes del modulo de alta densidad (continuacion)

Mensaje Causas Acciones correctivas

CPU set to
minimum
frequency.

Sino es asi, compruebe si
hay otros mensajes para
obtener informacién sobre
las posibles causas.

Puede que se haya establecido
expresamente la velocidad del
procesador en un valor bajo con
el fin de ahorrar energa.

Memory set to
minimum

Puede que se haya establecido
expresamente la frecuencia de

Sino es asi, comprucbe si
hay otros mensajes para

152 |

frequency.

la memoria en un valor mds
bajo con ¢l fin de ahorrar
energia.

Es posible que la configuraciéon

actual de la memoria sélo
admita la frecuencia minima.

obtener informacién sobre
las posibles causas.

Asegrese de que la
configuracién de la memoria
admita la frecuencia mds
alta. Consulte "Memoria del
sistema" en la pagina 194.

Warning! A
fatal error has
caused system
reset. Please
check the event
log for
details.

Se ha producido un error no
especificado.

Revise el registro de eventos
del sistema para obtener
informacién sobre el error.

Warning!
Following
faulty DIMMs
are disabled:
DIMMxx, DIMMyy.

Los médulos de memoria son

defectuosos o se han insertado

incorrectamente.

Consulte "Solucion de
problemas de la memoria del
modulo de alta densidad" en
la pdgina 351.

Warning! No
microcode update
loaded for
processor n.

El procesador no es compatible.

Informacién sobre el sistema

Actualice el firmware del
BIOS mediante la pagina
web de asistencia de Dell
(support.dell.com).



Tabla 1-27. Mensajes del modulo de alta densidad (continuacion)

Mensaje Causas Acciones correctivas
Warning: The No hay ningun error en la Consulte "Memoria del
current memory configuracién de la memoria,  sistema" en la pdgina 194.
configuration  pero Dell no la recomienda.

is not

validated.

Change it to
the recommended
memory
configuration
or press any
key to
continue.

Warning: The
current memory
configuration
is not optimal.
For more
information on
valid memory
configurations,
please see the
Hardware Owner’
Manual on the
technical
support site.

No hay ningun error en la
configuracién de la memoria,
pero Dell no la recomienda.

Consulte "Memoria del
sistema" en la pdgina 194.

Los médulos DIMM se han
insertado incorrectamente o el
chip de la controladora del
teclado/raton es defectuoso.

Unexpected
interrupt in
protected mode
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Recoloque los médulos de
memoria. Consulte
"Solucién de problemas de la
memoria del médulo de alta
densidad" en la pagina 351.
Si el problema persiste,
consulte "Obtencién de
ayuda" en la pagina 395.
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Tabla 1-27. Mensajes del modulo de alta densidad (continuacion)

Mensaje Causas Acciones correctivas
Write fault. El disquete, la unidad de Sustituya el disquete.
Write fault on disqueteolaunidad épticason Asegirese de que el cable de

defectuosos. la unidad esté bien
conectado. Consulte
"Solucién de problemas de
los dispositivos USB" en la
pagina 343 o "Solucion de
problemas de las unidades
de disco duro" en la
pdgina 352 para obtener
informacion sobre las
unidades pertinentes
instaladas en el sistema.

selected drive.

NOTA: Para ver el nombre completo de las abreviaturas o siglas utilizadas en esta tabla,
consulte el G osari oen support.dell.com/manuals.

Un mensaje de aviso le alerta de un posible problema y le solicita que
responda antes de que el sistema continde con una tarea. Por ejemplo, antes
de formatear un disquete, aparece un mensaje que le advierte de que puede
que se pierdan todos los datos del disquete. Por lo general, los mensajes de
aviso interrumpen la tarea que se estd realizando y requieren que el usuario
responda y (si) o n (no).
Q NOTA: Los mensajes de aviso los genera la aplicacion o el sistema operativo. Para
obtener mas informacion, consulte la documentacion incluida con el sistema
operativo o la aplicacion.

Mensajes de diagnostico

Cuando ejecute los diagnésticos del sistema, puede aparecer un mensaje de
error. Los mensajes de error de diagndstico no se tratan en esta seccién. Anote
¢l mensaje en una copia de la lista de verificaciéon de diagnésticos que aparece
en "Obtencién de ayuda” en la pdgina 395 y siga las instrucciones descritas en
dicha seccién para obtener asistencia técnica.
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Mensajes de alerta

El software de administracién de sistemas genera mensajes de alerta sobre el
sistema. Los mensajes de alerta incluyen mensajes de informacién, de estado,
de aviso y de error relativos a las condiciones de la unidad, la temperatura, el
ventilador y la alimentacién. Para obtener mds informacién, consulte la
documentacién del software de administracién de sistemas.
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Uso del programa de configuracion
del sistema y de UEFI Boot Manager

El programa de configuracién del sistema es el programa del BIOS que
permite administrar el hardware del sistema y especificar las opciones de nivel
de BIOS. El programa de configuracién del sistema permite:

*  Modificar la configuracion de la NVRAM tras afiadir o quitar hardware
*  Ver la configuracién de hardware del sistema

*  abilitar o deshabilitar los dispositivos integrados

*  Definir umbrales de administracién de energia y rendimiento

*  Administrar la seguridad del sistema

Seleccion del modo de inicio del sistema

El programa de configuracién del sistema también permite especificar el
modo de inicio para la instalacién del sistema operativo:

* Elmodo de inicio BIOS (valor predeterminado) es la interfaz de inicio
estandar de nivel de BIOS.

* Elmodo de inicio UEFI es una interfaz de inicio de 64 bits mejorada
basada en especificaciones UEFI (interfaz de firmware extensible
unificada) que reemplaza el BIOS del sistema. Para obtener mas
informacion sobre esta interfaz, consulte "Acceso a UEFI Boot Manager"
en la pagina 172.

El modo de inicio se selecciona en el campo Boot Mode (Modo de inicio) de la
pantalla Boot Settings (Configuracién de inicio) del programa de
configuracién del sistema (consulte "Pantalla Boot Settings" en la

pagina 164). Una vez especificado ¢l modo de inicio, el sistema se iniciard
segtn el modo de inicio indicado y se podrd proceder a la instalacion del
sistema operativo desde dicho modo. En lo sucesivo, deberd iniciar el sistema
mediante el mismo modo (BIOS o UEFI) para acceder al sistema operativo
instalado. Si intenta iniciar el sistema operativo desde otro modo de inicio, el
sistema se interrumpird inmediatamente durante el inicio.
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NOTA: Los sistemas operativos deben ser compatibles con UEFI (por ejemplo,
Microsoft Windows Server 2008 version x64) para poder instalarlos desde el modo
de inicio UEFI. Los sistemas operativos de 32 bits y DOS no son compatibles con
UEFI y s6lo se pueden instalar desde el modo de inicio BIOS.

Acceso al programa de configuracion del sistema

1 Encienda o reinicie el sistema.

2 Pulse <F2> inmediatamente después de que aparezca el mensaje
siguiente:

<F2> = System Setup (F2 = Programa de configuracién del
sistema)

Si el sistema operativo empieza a cargarse antes de pulsar <F2>, espere a
que el sistema termine de iniciarse y, a continuacion, reinicie el sistema ¢
inténtelo de nuevo.

Respuesta a los mensajes de error

Si aparece un mensaje de error mientras se inicia el sistema, anételo.
Consulte "Mensajes del sistema" en la pagina 130 para obtener una
explicacion del mensaje y sugerencias para corregir los errores.

% NOTA: Tras instalar una ampliacion de memoria, es normal que el sistema muestre
un mensaje la proxima vez que se inicie.

Uso de las teclas de navegacion del programa de configuracion del sistema

Tabla 2-1. Teclas de navegacion del programa de configuracion del sistema

Teclas Accion

Flecha hacia arriba o Se desplaza al campo anterior.
<Mayuis> <Tab>

Flecha hacia abajo o <Tab> Se desplaza al campo siguiente.

Barra espaciadora, <+>, <—>,  Recorre los valores de un campo. En algunos
flecha izquierda y flecha derecha  campos, también se puede escribir el valor
adecuado.

<FKEsc> Sale del programa de configuracién del sistema y
reinicia el sistema si se han efectuado cambios.
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Tabla 2-1. Teclas de navegacion del programa de configuracion del sistema

Teclas Accion

<Fl1> Muestra el archivo de ayuda del programa de
configuracién del sistema.

Q NOTA: Para la mayoria de las opciones, los cambios efectuados se registran pero
no se aplican hasta que se reinicia el sistema.

Opciones del programa de configuracion del sistema

% NOTA: Las opciones del programa de configuracion del sistema cambian en
funcién de la configuracion del sistema.

Q NOTA: Los valores predeterminados del programa de configuracion del sistema se
enumeran bajo las opciones correspondientes, si procede.

Opcion Descripcion

System Time Establece la hora del reloj interno del sistema.

System Date Establece la fecha del calendario interno del sistema.
Memory Settings Consulte "Pantalla Memory Settings" en la pdgina 160.
Processor Settings Consulte "Pantalla Processor Settings” en la pagina 162.
SATA Settings Consulte "Pantalla SATA Settings (PowerEdge M610,

M610x)" en la pdgina 164.
Boot Settings Consulte "Pantalla Boot Settings" en la pagina 164.
Integrated Devices ~ Consulte "Pantalla Integrated Devices" en la pagina 165.

PCIIRQ Assignment Muestra una pantalla que permite cambiar la peticién de
interrupcion (IRQ) asignada a todos los dispositivos
integrados del bus PCl y todas las tarjetas de expansion
instaladas que requieran una IRQ.

Serial Consulte "Pantalla Serial Communication” en la pagina 168.
Communication

Power Management ~ Consulte "Pantalla Power Management (sélo PowerEdge
M915, M910, M710, M710HD, M610 y M610x)" en la
pagina 169.

System Security Consulte "Pantalla System Security” en la pagina 170.
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Opcion

Descripcion

Keyboard NumLock
(valor
predeterminado: On)

Report Keyboard
Errors

(valor
predeterminado:
Report)

F'1/F2 Prompt on
Error (valor

predeterminado:
Enabled)

Determina si el sistema se inicia con el modo Blog Num
activado en teclados de 101 o 102 teclas (no se aplica a
teclados de 84 teclas).

Habilita o deshabilita la notificacién de errores del teclado
durante la POST. Seleccione Report (Notificar) para los
sistemas host que tengan teclados conectados. Seleccione Do
Not Report (No notificar) para omitir todos los mensajes de
error relacionados con el teclado o la controladora del teclado
durante la POST. Esta opcién no afecta al funcionamiento del
teclado si hay uno conectado al sistema.

Habilita la interrupcion del sistema si se producen errores
durante la POST, lo que permite al usuario detectar eventos
que podrian pasar inadvertidos durante el funcionamiento
normal de la POST. El usuario puede pulsar <FI1> para
continuar o <F2> para abrir el programa de configuraciéon
del sistema.

A PRECAUCION: Si se deshabilita esta opcion, el
sistema no se interrumpe en caso de producirse un error
durante la POST. Se muestran todos los errores graves y
se anotan en el registro de eventos del sistema.

Pantalla Memory Settings

Opcion

Descripcion

System Memory Size
System Memory Type
System Memory Speed

System Memory
Voltage (PowerEdge
M915, M710HD)

Video Memory

System Memory Testin
(valor predeterminado:

Enabled)

Muestra el tamafio de la memoria del sistema.
Muestra el tipo de memoria del sistema.
Muestra la velocidad de la memoria del sistema.

Muestra el voltaje de funcionamiento actual de la memoria
del sistema.

Muestra el tamafio de la memoria de video.

g Especifica si se ejecutan las pruebas de memoria del sistema
cuando éste sc inicia. Las opciones son Enabled

(Habilitada) y Disabled (Deshabilitada).
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Opcion

Descripcion

Memory Operating
Mode

(PowerEdge M710,
M710HD, M610 y

M610x)

Memory Optimizer

(valor predeterminado:

Enabled) (PowerEdge
M905, M805 y M605)

Redundant Memory
(PowerEdge M910,
M710HD y M600)

Redundant Memory
(PowerEdge M915,
M910, M905, M805 y
M605)

Node Interleaving

(valor predeterminado:

Disabled)

Memory Operating
Voltage

(valor predeterminado:

Auto)
(PowerEdge MO15 y
M710HD)

Este campo muestra el tipo de funcionamiento de la
memoria si hay instalada una configuracién de memoria
vélida. Si se establece en Optimizer Mode (Modo de
optimizacién), las dos controladoras de memoria funcionan
en el modo de 64 bits en paralelo para mejorar el
rendimiento de la memoria. Si se establece en Mirror Mode
(Modo de duplicacién), se habilitara la duplicacion de
memoria. Si se establece en Advanced ECC Mode (Modo
de ECC avanzada), las controladoras funcionan en el modo
de 128 bits con ECC avanzada de varios bits.

Si se establece en Disabled (Deshabilitado), las dos
controladoras DRAM funcionan en modo de 128 bits, con
lo que mejora la fiabilidad de la memoria. Si se establece en
Enabled (Habilitado), las controladoras de memoria
funcionan independientemente en modo de 64 bits, con lo
que se optimiza el rendimiento de la memoria.

Si se ha instalado una configuracién valida de la memoria,
pucde habilitar la duplicacién de memoria o la memoria de
sustitucion. Las opciones son Mirror Mode (Modo de
duplicacion), Spare Mode (Modo de repuesto) y Disabled
(Deshabilitada).

NOTA: Los sistemas M710HD instalados con procesadores
Intel Xeon serie 5600 admiten la sustitucion de memoria.

Si se ha instalado una configuracién vilida de la memoria,
puede habilitar la memoria de sustitucién. Las opciones son
Spare Mode (Modo de repuesto) y Disabled
(Deshabilitada).

Si se establece en Disabled (Deshabilitado) (valor
predeterminado), se utiliza NUMA. Si se establece en
Enabled (Habilitado), se implementa el intercalado de
memoria.

Si se establece en Auto (Automdtico), el sistema establece
¢l voltaje en un valor 6ptimo en funcién de la capacidad de
los médulos de memoria instalados. También puede
establecer el voltaje del médulo de memoria en un valor
superior (1,5 V), siempre y cuando los médulos admitan
varios voltajes.
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Pantalla Processor Settings

Opcion

Descripcion

64-bit

Core Speed
Bus Speed

HyperTransport
Technology (s6lo
M915)

HT Assist (s6lo M915)
(valor predeterminado
para sistemas con un
solo procesador:
Disabled; valor
predeterminado para
sistemas con varios
procesadores: Enabled)

Logical Processor (valor
predeterminado:

Enabled)

Virtualization
Technology (valor
predeterminado:

Disabled)

DMA Virtualization
(s6lo M915) (valor
predeterminado:

Disabled)

Especifica si los procesadores admiten extensiones de 64

bits.
Muestra la velocidad del nidcleo de los procesadores.
Muestra la velocidad del bus de los procesadores.

Este campo indica la especificacion del enlace de E/S de
HyperTransport admitida por el sistema. Si la placa base y
todos los procesadores admiten HT 3, se puede definir este
campo en HT 3 o HT 1. De lo contrario, serd un campo de
solo lectura y no se podra definir en HT 3.

Si se establece en Enabled (Habilitado), el sistema filtra las
sondas de difusién para mejorar el ancho de banda del
enlace de E/S de HyperTransport y el rendimiento en
sistemas de varios nodos.

NOTA: El filtro de sonda solo esté activo si el sistema
funciona con dos 0 mas procesadores y todos ellos admiten el
filtro de sonda. Si s6lo hay un procesador instalado, ambos
nodos deben funcionar a una velocidad minima de 1 067 MHz.

Si se establece en Enabled (Habilitado), se habilitan los dos
procesadores 1dgicos por nicleo del procesador. Si se
establece en Disabled (Deshabilitado), sélo se habilita un
procesador légico por nicleo.

NOTA: Deshabilite esta funcion si el sistema no ejecuta
software de virtualizacion.

Se muestra cuando los procesadores admiten la tecnologia
Virtualization Technology. Enabled (Habilitada) permite
que el software de virtualizacién utilice la tecnologia
Virtualization Technology incorporada en el disefio del
procesador. Esta funcién sélo se puede utilizar con el
software que admita tecnologfa Virtualization Technology.

Si se establece en Enabled (Habilitada), estdn disponibles
las capacidades de hardware adicionales para la
virtualizacién y la reasignacion DMA.
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Opciodn

Descripcion

DRAM Prefetcher (sélo
M915)
(valor predeterminado:

Enabled)

Adjacent Cache Line
Prefetch (valor
predeterminado:

Enabled)

Hardware Prefetch
Training on Software
Prefetch (s6lo M915)
(valor predeterminado:

Enabled)

Hardware Prefetcher
(valor predeterminado:

Enabled)

DCU Streamer
Prefetcher (valor
predeterminado:

Enabled)
Data Reuse

Execute Disable (valor
predeterminado:

Enabled)

Number of Cores per
Processor (valor
predeterminado: All)

Intel<R> QPI
Bandwidth Priority

Turbo Mode

CIE (s6lo M915)
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Activa o desactiva la unidad de prefetch DRAM en
Northbridge.

Habilita o deshabilita la optimizacion del sistema para el
acceso secuencial a la memoria.

Si se establece en Enabled (Habilitado), el prefetcher de
hardware incluye prefetches de software cuando el sistema
detecta peticiones de prefetch secuenciales separadas por
una longitud constante (strides).

Habilita o deshabilita ¢l prefetcher de hardware.

Habilita o deshabilita el prefetcher de flujo de la unidad de
caché de datos (DCU).

Habilita o deshabilita la reutilizacién de datos de la caché.

Si se establece en Enabled (Habilitado), se habilita la
tecnologia de proteccién de memoria Execute Disable.

Si se establece en All (Todos), se habilitan todos los nicleos
de cada procesador.

Establece la prioridad de la amplitud de banda en Compute
(Calcular).

Silos procesadores lo admiten, habilita o deshabilita el
modo turbo.

Cuando se establece en Enabled (Habilitado), el
procesador pasa a un estado de rendimiento minimo
cuando estd inactivo.
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Opcion

Descripcion

C States (valor
predeterminado:

Enabled)

Processor X Family-
Model-Stepping

Si se establece en Enabled (Habilitado), los procesadores
pueden funcionar en todos los estados de alimentacion.

Muestra la familia y el nimero de modelo de cada
procesador. En un submend se muestra la velocidad del
nucleo de los procesadores, la cantidad de memoria caché y
el niimero de ntcleos.

Pantalla SATA Settings (PowerEdge M610, M610x)

Opcion

Descripcion

Embedded SATA
(valor predeterminado:

ATA Mode)

Port A
(valor predeterminado:
Auto)

Port B
(valor predeterminado:
Auto)

ATA Mode (Modo ATA) habilita la controladora SATA
integrada. Si se establece en Off (Desactivar), se
deshabilita la controladora.

Auto (Automitico) habilita la compatibilidad en BIOS
para el dispositivo conectado al puerto SATA A. Off
(Desactivar) deshabilita la compatibilidad en BIOS para
el dispositivo.

Auto (Automdtico) habilita la compatibilidad en BIOS
para cl dispositivo conectado al puerto SATA B. Off

(Desactivar) deshabilita la compatibilidad en BIOS para
el dispositivo.

Pantalla Boot Settings

Opcion

Descripcion

Boot Mode (valor
predeterminado: BIOS)
(PowerEdge M915, M910
M710, M710HD, M610 y
M610x)

Si el sistema operativo es compatible con UEFI (interfaz

de firmware extensible unificada), establezca esta opcién
, en UEFL. Si se establece el campo en BIOS, se habilita la

compatibilidad con sistemas operativos no UEFI.

NOTA: Si este campo se establece en UEFI, se
deshabilitaran los campos Boot Sequence (Secuencia de
inicio), Hard-Disk Drive Sequence (Secuencia de unidades
de disco duro) y USB Flash Drive Emulation Type (Tipo de
emulacion de unidad flash USB).
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Opcion

Descripcion

Boot Sequence

Hard-Disk Drive
Sequence

USB Flash Drive
Emulation Type

(valor predeterminado:
Auto)

Boot Sequence Retry
(valor predeterminado:

Disabled)

Si Boot Mode (Modo de inicio) se ha establecido en
BIOS, este campo indica al sistema dénde se encuentran
los archivos del sistema operativo necesarios para llevar a
cabo el inicio. Si Boot Mode (Modo de inicio) se ha
establecido en UEFI, puede acceder a la utilidad UEFI
Boot Manager reiniciando el sistema y pulsando F11
cuando se le solicite.

Determina el orden en el que el BIOS intentard iniciarse
desde las unidades de disco duro del sistema durante el
inicio del sistema.

Determina el tipo de emulacién de una unidad flash
USB. Hard disk (Disco duro) permite que la unidad flash
USB actie como una unidad de disco duro. Floppy
(Disquete) permite que la unidad flash USB actie como
una unidad de disquete extraible. Auto (Automatico)
elige automdticamente un tipo de emulacién.

Si este campo estd habilitado y el sistema no se ha podido
iniciar, el sistema intentar4 iniciarse otra vez al cabo de 30
segundos.

Pantalla Integrated Devices

Opcion

Descripcion

Integrated SAS
Controller

O bien:

Integrated RAID
Controller

(valor predeterminado:

Enabled)

User Accessible USB
Ports
(valor predeterminado:

All Ports On)
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Habilita la controladora SAS o RAID integrada.

Habilita o deshabilita los puertos USB del sistema. Las
opciones son All Ports On (Todos los puertos activados) o
All Ports Off (Todos los puertos desactivados).
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Opcion

Descripcion

Internal USB Port

M910, M710, M710HD,

(PowerEdge M915,

M610 y M610x)
Internal SD Card Port

(PowerEdge M915,

M910, M905, MS805,

M710, M710HD, M610

y M610x)

Redundancy

(valor predeterminado:

Disabled)

(M915, M910 y

M710HD)

Embedded NICn and
NICn

Embedded Gb NICx

(valor predeterminado:

Enabled with PXE)

Embedded NIC1 and
NIC2

(valor predeterminado:

Enabled)

MAC Address

iISCSI MAC Address
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Habilita o deshabilita el puerto USB interno del sistema.

Habilita o deshabilita el puerto de tarjeta SD interno del
sistema.

NOTA: Si hay instalado un hypervisor, utiliza este puerto.

Habilita o deshabilita el modo de duplicacion para el
modulo SD dual interno (IDSDM).

NOTA: Si se establece en Mirror Mode (Modo de
duplicacion), la funcionalidad VFlash de la tarjeta iDRAC 6 no
esta disponible y la tarjeta se define como la tarjeta SD
secundaria (SD2) en IDSDM.

Habilita o deshabilita la NIC1 y la NIC2 integradas. Los
cambios se aplican después de reiniciar el sistema.

Habilita o deshabilita las NIC Gb integradas del sistema.
Las opciones son Enabled (Habilitada), Enabled with PXE
(Habilitada con PXE), Enabled with iSCSI Boot
(Habilitada con inicio iSCSI) y Disabled (Deshabilitada).
La compatibilidad con PXE permite al sistema iniciarse
desde la red. Los cambios se aplican después de reiniciar el
sistema.

Habilita o deshabilita la controladora NIC1 y NIC2
integrada del sistema.

NOTA: En el caso de M710HD, puede habilitar o deshabilitar
las controladoras NIC1/NIC2 y NIC3/NIC4.

Muestra la direccion MAC de una NIC integrada
determinada. Este campo no tiene valores que el usuario
pueda scleccionar.

Muestra la direccion MAC iSCSI de una NIC integrada
determinada si la opcion Enabled with iSCSI Boot
(Habilitada con inicio iSCSI) esta habilitada. Este campo
no tiene valores que el usuario pueda seleccionar.
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Opcion

Descripcion

Capability Detected

OS Watchdog Timer
(valor predeterminado:

Disabled)

I/OAT DMA Engine
(valor predeterminado:
Disabled) (PowerEdge
M910, M710, M610x,
M610, M600)

Embedded Video
Controller (valor
predeterminado:

Enabled)

Muestra las funciones proporcionadas por la llave de
hardware instalada en el z6calo de llave de hardware NIC
de la placa base.

NOTA: Es posible que algunas funciones requieran la
instalacion de un controlador adicional.

Si se establece en Enabled (Habilitado), cuando el sistema
se bloquee el sistema operativo lo reiniciard una vez
transcurrido un periodo definido. Si se establece en
Disabled (Deshabilitado), cuando el sistema se bloquee no
habra ningin periodo definido y el sistema operativo no
reiniciard el sistema.

Si se establece en Enabled (Habilitado), se habilita la
tecnologia de aceleracion de E/S para las controladoras de
red que la admitan.

Esta opcidn se debe establecer siempre en Enabled

(Habilitada).

SR-IOV-Clobal Enable
(s6lo PowerEdge M915)
(valor

predeterminado:
Disabled)

Habilita/deshabilita la configuracién del BIOS de
dispositivos de virtualizacién de E/S de una raiz

(SR-IOV).

Pantalla PCI IRQ Assignments

Opcion

Descripcion

<dispositivo PCle>

Utilice las teclas <+>y <-> para seleccionar
manualmente una IRQ para un dispositivo
determinado, o seleccione Default (Valor
predeterminado) para que el BIOS seleccione un valor
de IRO cuando se inicie el sistema.

Uso del programa de configuracion del sistema y de UEFI Boot Manager |

167



168 |

Pantalla Serial Communication

Fl médulo de alta densidad dispone de un tnico puerto serie (COMI), que
puede habilitarse para la redireccion de consola a través de IMC.

Opcion

Descripcion

Serial Communication
(valor predeterminado:

Off)

Serial Port Address
(valor predeterminado:

COML1)

Failsafe Baud Rate
(valor predeterminado:

115200)

Remote Terminal Type
(valor predeterminado:

VT 100/VT 220)

Redirection After Boot
(valor predeterminado:

Enabled)

Las opciones son On with Console Redirection (Activar
con redireccion de consola), On without Console
Redirection (Activar sin redireccién de consola) y Off
(Desactivar).

Establece las direcciones de puerto seric en COM1 o

COM2.

Muestra la velocidad en baudios a prucba de fallos utilizada
para la redireccién de consola cuando la velocidad en
baudios no puede negociarse automaticamente con el
terminal remoto.

Seleccione VI 100/VT 220 o ANSI.

Habilita o deshabilita la redireccién de consola del BIOS
tras el inicio del sistema operativo.
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Pantalla Power Management (sélo PowerEdge M915, M910, M710,
M710HD, M610 y M610x)

Opcion

Descripcion

Power Management

CPU Power and
Performance
Management

Fan Power and
Performance
Management

Memory Power and
Performance
Management

Las opciones son OS Control (Control del SO), Active
Power Controller (Controladora de alimentacion activa),
Custom (Personalizada) o Maximum Performance
(Rendimiento méximo).

Si selecciona OS Control (Control del SO), Active Power
Controller (Controladora de alimentacién activa) o
Static Management Performance (Rendimiento estdtico
de administracién), el BIOS preconfigura las opciones
restantes de esta pantalla. Si selecciona Custom
(Personalizada), puede configurar cada opcién de forma
independiente.

Las opciones son OS DBPM (DBPM del SO), System
DBPM (DBPM del sistema), Maximum Performance
(Rendimiento maximo) o Minimum Power (Energia
minima).

Las opciones son Maximum Performance (Rendimiento
maximo) o Minimum Power (Energia minima).

Las opciones son Maximum Performance (Rendimiento
mdximo), una frecuencia determinada o Minimum
Performance (Rendimiento minimo).
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Pantalla System Security

Opcion

Descripcion

System Password

Setup Password

Password Status

(valor predeterminado:

Unlocked)

TPM Security

(valor predeterminado:

Off)

Muestra el estado actual de la funcién de seguridad por
contraseia y permite asignar y confirmar una nueva
contrasena del sistema.

NOTA: Para obtener mas informacion, consulte "Uso de la
contrasefia del sistema" en la pagina 174.

Restringe el acceso al programa de configuracion del
sistema por medio de una contrasefia de configuracion.

NOTA: Para obtener mas informacion, consulte "Uso de la
contrasefia del sistema" en la pagina 174.

Si se asigna una contrasefia de configuracién y el valor de
este campo es Locked (Bloqueado), la contrasena del
sistema no s¢ puede cambiar ni deshabilitar durante el
inicio del sistema.

NOTA: Para obtener méas informacion, consulte “Uso de la
contrasefia del sistema" en la pagina 174.

Define las notificaciones del médulo de plataforma
segura (TPM) en el sistema.

Si se establece en Off (Desactivar), no se notifica la
presencia del médulo de plataforma segura al sistema
operativo.

Si se establece en On with Pre-boot Measurements
(Activar con medidas de preinicio), el sistema informa
sobre el TPM al sistema operativo y almacena las medidas
de preinicio en el TPM durante la POST.

Si se establece en On without Pre-boot Measurements
(Activar sin medidas de preinicio), el sistema informa
sobre el TPM al sistema operativo ¢ ignora las medidas de
preinicio.
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Opcion

Descripcion

TPM Activation

(valor predeterminado:

No Change)

TPM Clear

(valor predeterminado:

No)

Power Button

(valor predeterminado:

Enabled)

Si se establece en Activate (Activar), el TPM se habilita
con la configuracién predeterminada. Si se establece en
Deactivate (Desactivar), el TPM se deshabilita. El estado
No Change (Sin cambios) no inicia ninguna accién. No
se modifica el estado operativo del médulo de plataforma
segura y se conserva toda la configuracion de usuario de
dicho mdédulo.

NOTA: Este campo es de solo lectura si la opcion TPM
Security (Seguridad del TPM) se establece en Off
(Desactivar).

NOTA: Si se elimina el mddulo de plataforma segura, se
perderan todas las claves de cifrado del mddulo. Esta
opcion impedira que se inicie el sistema operativo y
provocara la pérdida de datos si no es posible restablecer
las claves de cifrado. Realice una copia de seguridad de las
claves del modulo de plataforma segura antes de habilitar
esta opcion.

Si se establece en Yes (Si), se borra todo el contenido del
TPM.

NOTA: Este campo es de solo lectura sila opcion TPM
Security (Seguridad del TPM) se establece en Off
(Desactivar).

Si se establece en Enabled (Habilitado), el botén de
encendido puede encender y apagar la alimentacién del
sistema. En un sistema operativo compatible con ACPI, el
sistema realiza un cierre ordenado antes de apagarse.

Si se establece en Disabled (Deshabilitado), el botéon sélo
puede encender la alimentacion del sistema.

NOTA: Aunque la opcion Power Button (Botdn de
encendido) tenga el valor Disabled (Deshabilitado), es
posible encender el sistema mediante el boton de
encendido.
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Opcion

Descripcion

AC Power Recovery

(valor predeterminado:

Last)

Determina cémo reacciona el sistema cuando se
restablece la alimentacion. Si se establece en Last
(Ultimo), el sistema vuelve al dltimo estado de
alimentacion. Si se establece en On (Activar), el sistema
se enciende tras restablecerse la alimentacion. Off
(Desactivar) permite que el sistema permanezca apagado
una vez restablecida la alimentacion.

Pantalla Exit

Después de pulsar <Esc> para salir del programa de configuracién del
sistema, la pantalla Exit (Salir) mostrara las opciones siguientes:

* Save Changes and Exit (Guardar los cambios y salir)

* Discard Changes and Exit (Descartar los cambios y salir)

* Return to Setup (Volverala configuracién)

Acceso a UEFI Boot Manager

1 Encienda o reinicie el sistema.

2 Pulse <I'11> inmediatamente después de que aparezca el mensaje

siguiente:

<F11> = UEFI Boot Manager

[E4 NOTA: Ei sistema no responde hasta que se activa el teclado USB.

g NOTA: Se debe establecer la opcion de modo de inicio del programa de
configuracion del sistema en UEFI para acceder a UEFI Boot Manager.

Si el sistema operativo empieza a cargarse antes de pulsar <F11>, espere a
P p P , €sp
que el sistema termine de iniciarse, reinicielo e inténtelo de nuevo.

Pantalla UEFI Boot Manager

Opcion

Descripcion

Continue

Al seleccionar esta opcion se ejecutan las opciones de
inicio actuales en el orden indicado.
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Opcion Descripcion

<Boot options> Se muestra la lista de opciones de inicio actuales, con
un asterisco. Seleccione la opcién de inicio que desee
utilizar y pulse <Intro>.

UEFI Boot Settings Permite afadir, eliminar, habilitar, deshabilitar y
modificar opciones de inicio, asf como ejecutar una
opcion de inicio para una sola vez.

System Utilities Permite acceder al programa de configuracién del
sistema de legado, a los servicios del sistema y a las
opciones de inicio de nivel de BIOS.

Pantalla UEFI Boot Settings

Opcion Descripcion

Add Boot Option Aniade una nueva opcién de inicio.

Delete Boot Option Elimina una opcién de inicio existente.

Enable/Disable Boot Habilita o deshabilita una opcién de inicio de la lista de
Option opciones de inicio.

Change Boot Option Modifica el orden de la lista de opciones de inicio.

One-Time Boot From File  Establece una opcién de inicio para una sola vez no
incluida en la lista de opciones de inicio.

Pantalla System Utilities

Opcion Descripcion

System Setup Accede al programa de configuracion del sistema sin
reiniciar.

System Services Reinicia el sistema y accede a Unified Server

Configurator, que permite cjecutar utilidades como los
diagnésticos del sistema. Para obtener mas informacién,
consulte la Guia del usuario de Unified Server
Configurator.

BIOS Boot Manager Accede a la lista de opciones de inicio de nivel de BIOS

sin reiniciar.

Reboot System Reinicia el sistema.
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Funciones de contraseiia del sistemay
contraseiia de configuracion

El sistema se entrega sin tener habilitada la funcién de contrasefia del
sistema. Utilice el sistema tinicamente con la proteccién por contrasefia del
sistema.

[E4 NOTA: Las funciones de contrasefia ofrecen un nivel basico de seguridad para los
datos del sistema.

% NOTA: Cualquier persona puede acceder a los datos almacenados en su sistema
si lo deja funcionando sin supervision.

Uso de la contraseia del sistema

Cuando se asigna una contrasefia del sistema, el sistema la solicita cada vez
que se inicia y s6lo aquellas personas que la conocen pueden hacer un uso
completo del sistema.

Asignacion de una contraseia del sistema

Antes de asignar una contrasefia del sistema, abra el programa de
configuracién del sistema y compruebe la opcién System Password
(Contrasefia del sistema).

Cuando hay asignada una contrasefia del sistema, la opcién System Password
(Contrasefia del sistema) tiene el valor Enabled (Habilitada). Si el valor que
se muestra para Password Status (Estado de la contrasefia) es Unlocked
(Desbloqueado), puede cambiar la contrasefia del sistema. Si el valor es
Locked (Bloqueado), no podrd cambiarla. Si se deshabilita el puente de
contrasefia de la placa base, la opcién System Password (Contrasena del
sistema) se establecerd en Disabled (Deshabilitada) y no serd posible cambiar
la contrasefia del sistema ni introducir una nueva.

Sino se ha asignado ninguna contrasefia del sistema y el puente de
contrasefia de la placa base estd en la posicién de habilitado, System Password
tendrd el valor Not Enabled (No habilitada) y Password Status (Estado de la
contrasefia) tendrd el valor Unlocked (Desbloqueado). Para asignar una
contrasefia del sistema:
1 Compruebe que el campo Password Status (Estado de la contrasefia) tenga
el valor Unlocked Desgloqueado
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2 Resalte la opcion System Password (Contrasefa del sistema) y pulse
<Intro>.

3 Escriba la nueva contrasena del sistema.

La contrasena puede contener hasta 32 caracteres.

A medida que introduzca la contrasefia, en el campo irdn apareciendo
marcadores.

En la asignacién de contrasenas no se distingue entre mayusculas y
minﬁscu%as. Hay determinadas combinaciones de teclas que no son
validas; si se introduce alguna de ellas, el sistema emitird un sonido. Para
borrar un caricter, pulse iga tecla de retroceso o la tecla de flecha izquierda.

g NOTA: Para salir del campo sin asignar una contrasefia del sistema, pulse
<Intro> para pasar a otro campo o bien pulse <Esc> antes de completar el
paso 5.

Pulse <Intro>.
Para confirmar la contrasefia, escribala otra vez y pulse <Intro>.

El valor de System Password (Contrasefia del sistema) pasa a ser Enabled
(Habilitada). Cierre el programa de configuracién del sistema y comience a
utilizar el sistema.

6 Reinicie el sistema en este momento para que se aplique la proteccién por
contrasefia o bien continue trabajando.

Q NOTA: La proteccion por contrasefia no se aplicara hasta que reinicie el
sistema.
Uso de la contraseiia del sistema para proteger el sistema

4 NOTA: Si ha asignado una contrasefia de configuracion (consulte "Uso de Ia
contrasefia de configuracion" en la pagina 177), el sistema acepta su contraseiia de
configuraciéon como contrasefia del sistema alternativa.

Cuando Password Status (Estado de la contrasena) tiene el valor Unlocked
(Desbloqueado), puede dejar la seguridad por contrasena habilitada o puede
deshabilitarla.

Para dejar habilitada la seguridad por contraseia:
1 Encienda o reinicie el sistema; para ello, pulse <Ctrl> <Alt><Supr>.

2 Escriba la contrasena y pulse <Intro>.
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Para deshabilitar la seguridad por contraseia:
1 Encienda o reinicie el sistema; para ello, pulse <Ctrl> <Alt><Supr>.
2 [scriba la contrasena y pulse <Ctrl><Intro>.

Cuando la opciéon Password Status (Estado de la contrasefa) tiene el valor
Locked (Bloqueado), deberd introducir la contrasefia y pulsar <Intro>
cuando se le solicite al reiniciar.

Si se introduce una contrasefia del sistema incorrecta, el sistema muestra un
mensaje y le solicita que vuelva a introducir la contrasefia. Dispone de tres
intentos para introducir la contraseia correcta. Después del tercer intento
incorrecto, se mostrard un mensaje de error en el que se indica que el sistema
se ha interrumpido y va a apagarse.

Incluso después de haber apagado y reiniciado el sistema, seguird mostrandose el
mensaje de error hasta que se introduzca la contrasefia correcta.

g NOTA: Puede utilizar la opcion Password Status (Estado de la contrasefia) junto
con las opciones System Password (Contrasefia del sistema) y Setup Password
(Contrasefia de configuracion) para proteger el sistema frente a cambios no
autorizados.

Cambio de una contraseia del sistema existente

1 Abra el programa de configuracién del sistema pulsando <F2> durante la
POST.

Seleccione la pantalla System Security (Seguridad del sistema).

Compruebe que el campo Password Status (Estado de la contrasefia) tenga
el valor Unlocked (Desbloqueado).

4 Introduzca la nueva contrasefia del sistema en los dos campos de
contrasena.

El campo System Password (Contrasena del sistema) pasa a tener el valor
Not Enabled (No habilitada) si se ha eliminado la contrasena.
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Uso de la contraseiia de configuracion

Asignacion de una contraseiia de configuracion

Sélo es posible asignar una contrasefia de configuracion si la opcién Setup
Password (Contrasena de configuracién) tiene el valor Not Enabled (No
habilitada). Para asignar una contrasefia de configuracion, resalte la opcién
Setup Password (Contraseina de configuracién) y pulse la tecla <+> 0 <->.
El sistema le pedird que introduzca y confirme la contraseiia.

Q NOTA: La contrasefia de configuracion puede ser la misma que la contrasefia del
sistema. Si las dos contrasefias son diferentes, se puede utilizar la contrasefia de
configuraciéon como contrasefia del sistema alternativa. No se puede utilizar la
contrasefia del sistema en lugar de la contrasefia de configuracion.

La contrasefia puede contener hasta 32 caracteres.

A medida que introduzca la contrasefa, en el campo irdn apareciendo
marcadores.

En la asignacién de contrasenas no se distingue entre mayusculas y
minusculas. Hay determinadas combinaciones de teclas que no son vilidas; si
se introduce alguna de ellas, el sistema emitird un sonido. Para borrar un
cardcter, pulse la tecla de retroceso o la tecla de flecha izquierda.

Cuando haya confirmado la contrasefia, Setup Password (Contrasefia de
configuracién) pasard a tener el valor Enabled (Habilitada). La proxima vez
que intente abrir el programa de configuracién del sistema, el sistema le
pedird que introduzca la contrasefia de configuracion.

Cualquier cambio en la opcién Setup Password (Contrasefia de configuracién) se
aplica inmediatamente (no es necesario reiniciar el sistema).

Funcionamiento con una contraseiia de configuracion habilitada

Sila opcién Setup Password (Contrasefia de configuracion) estd establecida
en Enabled (Habilitada), deberd introducir la contrasefa de configuracién
correcta para poder modificar la mayoria de las opciones del programa de
configuracién del sistema.

Sino introduce la contrasefia correcta en tres intentos, el sistema le permitird
ver, pero no modificar, las pantallas del programa de configuracion del
sistema. Las opciones siguientes son excepciones: si System Password
(Contrasefia del sistema) no tiene el valor Enabled (Habilitada) y no se ha
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bloqueado mediante la opcion Password Status (Estado de la contrasefia), es
posible asignar una contrasefia del sistema. No se puede deshabilitar ni
cambiar una contrasefia del sistema existente.

[E4 NOTA: Puede utilizar la opcion Password Status (Estado de la contrasefia) junto
con la opcion Setup Password (Contrasefia de configuracion) para proteger la
contrasefia del sistema frente a cambios no autorizados.

Eliminacion o cambio de una contraseiia de configuracion existente

1 Abra el programa de configuracién del sistema y seleccione la opcion
System Security (Seguridad del sistema).

2 Resalte la opcion Setup Password (Contraseiia de configuracion) y pulse
<Intro> para acceder a la ventana de la contrasefia de configuracion.
Pulse <Intro> dos veces para borrar la contraseia de configuracién
existente.

El valor pasard a Not Enabled (No habilitada).

3 Sidesca asignar una nueva contrasena de configuracion, realice los pasos
que se indican en "Asignacién de una contrasefia de configuracién” en la

pagina 177.
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Instalacion de los componentes del
modulo de alta densidad

Herramientas recomendadas

Para llevar a cabo los procedimientos descritos en esta seccidn, necesitard los
clementos siguientes:

*  Destornilladores Phillips ndmero 1y 2
*  Destornilladores Torx TS y T10

* Muiiequera de conexidn a tierra

Extraccion e instalacion de un modulo de alta
densidad

Extraccion de un médulo de alta densidad

1 Apague el médulo de alta densidad mediante la controladora de
administracién del chasis (CMC) o los comandos del sistema operativo y
asegurese de que estd apagado.

Cuando un médulo de alta densidad estd apagado, el indicador de
alimentacién del panel frontal estd apagado. Consulte Hustracién 1-13.

2 Antes de extraer los modulos de alta densidad de altura completa 3 04 o
los médulos de alta densidad de media altura 11 o 12, gire el panel LCD
hacia la posicién de almacenamiento para evitar que la pantalla LCD
resulte dafiada accidentalmente.

3 Presione el botén de liberaciéon del asa. Consulte [ustracién 3-1 o
[lustracién 3-2.

4 Tire del asa hacia fuera para desbloquear el médulo de alta densidad del
alojamiento.

Extraiga el médulo de alta densidad del alojamiento.

Instale la cubierta del conector de E/S en el conector de E/S.
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A PRECAUCION: Para proteger las patas del conector de E/S, instale la cubierta
del conector de E/S cada vez que extraiga un modulo de alta densidad del
alojamiento. En el caso de un modulo de alta densidad de altura completa se
requieren dos cubiertas del conector.

A PRECAUCION: Si va a extraer el médulo de alta densidad de forma permanente,
instale un panel de relleno para madulo de alta densidad.
En el caso de un médulo de alta densidad de altura completa se requieren dos
paneles de relleno para médulo de alta densidad. Si utiliza el sistema durante
periodos prolongados sin haber instalado un panel de relleno para madulo de alta
densidad, puede producirse un sobrecalentamiento del alojamiento. Consulte
"Instalacion de un panel de relleno para madulo de alta densidad" en la
pagina 183.

llustracion 3-1. Extraccion e instalacion de un médulo de alta densidad de media
altura

1 Asa del mddulo de alta densidad 2 Boton de liberacion
3 Médulo de alta densidad 4 Riel guia del alojamiento M1000e

5 Riel guia del modulo de alta
densidad (o panel de relleno para
madulo de alta densidad)
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llustracion 3-2. Extraccion e instalacion de un modulo de alta densidad de altura
completa

5
1 Asa del médulo de alta densidad 2 Boton de liberacién
3 Maédulo de alta densidad 4 Riel guia del alojamiento M1000e
5 Riel guia del médulo de alta
densidad
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Instalacion de un médulo de alta densidad

1

Si va a instalar un mddulo de alta densidad nuevo, extraiga la cubierta de
plastico de los conectores de /S y gudrdela por si debe utilizarla en el
futuro. Consulte Ilustracion 3-3.

Oriente el médulo de alta densidad de manera que el asa quede en el lado
izquierdo.

Si va a instalar un médulo de alta densidad en uno de los ocho
compartimientos superiores, alinee el riel guia del borde superior del
moédulo de alta densidad de manera que encaje entre las guias de plastico
del alojamiento.

Siva a instalar un médulo de alta densidad de media altura en uno de los
ocho compartimientos inferiores, alinee el borde del médulo de alta
densidad con el riel guia de la parte inferior del alojamiento M1000e.

Siva a instalar un médulo de alta densidad de altura completa en los
compartimientos 1 0 2 0 un médulo de alta densidad de media altura en
los compartimientos 12 o 13, gire el médulo LCD hacia la posicién de
almacenamiento horizontal para evitar que la pantalla LCD resulte dafiada
accidentalmente.

Inserte el mddulo de alta densidad en el alojamiento hasta que el asa
encaje y bloquee el médulo de alta densidad en su sitio.

Extraccion e instalacion de un panel de relleno
para médulo de alta densidad
A PRECAUCION: Si va a extraer el modulo de alta densidad de forma permanente,
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instale un panel de relleno para modulo de alta densidad. En el caso de un modulo
de alta densidad de altura completa se requieren dos paneles de relleno para
modulo de alta densidad. Si utiliza el sistema durante periodos prolongados sin
haber instalado un panel de relleno para médulo de alta densidad, puede
producirse un sobrecalentamiento del alojamiento. Consulte "Instalacion de un
panel de relleno para médulo de alta densidad” en la pagina 183.
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Extraccion de un panel de relleno para médulo de alta densidad

Si va a extraer un panel de relleno para médulo de alta densidad de uno de los
ocho compartimientos superiores, presione el pestillo azul del borde superior de
la placa frontal del panel de relleno y extraiga el panel de relleno del
alojamiento.

Si va a extraer un panel de relleno para médulo de alta densidad de uno de los
ocho compartimientos inferiores, presione el pestillo azul del borde inferior de
la placa frontal del panel de relleno y extraiga el panel de relleno del
alojamiento.

Instalacion de un panel de relleno para modulo de alta densidad

1 Sujete el panel de relleno con el riel guia orientado hacia arriba (consulte
TNustracion 3-1).

2 Instale el panel de relleno en el alojamiento:

*  Siva ainstalar un panel de relleno para médulo de alta densidad en uno
de los ocho compartimientos superiores, alinee el riel gufa metlico del
borde superior del panel de relleno para médulo de alta densidad de
manera que ¢l riel gufa encaje entre las guias de pldstico del
alojamiento (consulte llustracion 3-1).

*  Siva ainstalar un panel de relleno para médulo de alta densidad en uno
de los ocho compartimientos inferiores, alinee el borde del panel de
relleno con el riel guia de plastico de la parte inferior del alojamiento
M1000e ¢ inserte el panel de relleno en el alojamiento hasta que el
pestillo inferior encaje en su sitio.

Apertura y cierre del médulo de alta densidad

Apertura del médulo de alta densidad

1 Extraiga el médulo de alta densidad del alojamiento. Consulte "Extraccion
de un modulo de alta densidad" en la pagina 179.

2 Instale las cubiertas de los conectores de E/S. Consulte Ilustracién 3-3.

En el caso de un médulo de alta densidad de altura completa se requieren
dos cubiertas del conector.
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3 Oriente el mddulo de alta densidad como se muestra en la Ilustracion 3-3
de manera que el pestillo de liberacién de la cubierta quede orientado
hacia arriba.

4 Levante el pestillo de liberacién de la cubierta y deslice la cubierta hacia la
parte posterior del médulo de alta densidad hasta que se detenga.

5 Levante con cuidado la cubierta y extrdigala del mddulo de alta densidad.

llustracion 3-3. Apertura de un modulo de alta densidad (PowerEdge M600)

1 Cubierta del conector de E/S 2 Pestillo de liberacion de la cubierta
3 Cubierta del chasis
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Cierre del modulo de alta densidad

1 Asegtrese de no dejar ninguna herramienta o pieza en el interior del
modulo de alta densidad.

2 Alinee las muescas de los bordes del alojamiento con las patas de
alineamiento de la cubierta situadas en la parte interior de la cubierta.

3 Ascgurese de que el pestillo de liberacion de la cubierta esté totalmente
abierto y coloque la cubierta en el alojamiento.

4 Cierre el pestillo de liberacién de la cubierta hasta que esté alineado con la
superficie de la cubierta.

Interior del sistema

En las ilustraciones de la [ustracion 3-4 a la Tlustracion 3-12 se muestran los
componentes internos de los médulos de alta densidad.

llustracion 3-4. Interior de un madulo de alta densidad de media altura (PowerEdge
M710HD)
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1 Tarjeta iDRAC6 Enterprise 2 Tarjeta intermedia opcional 1 de

red Fabric C

3 Tarjeta intermedia opcional 2de 4 Tarjeta secundaria de red

red Fabric B

5 Madulos de memoria (A1-A9) 6 Procesador CPU2y disipador de
calor

7 Unidades de disco duro (2) 8 Plano posterior de la unidad de
disco duro

9 Madulos de memoria (B1-B9) 10  Procesador CPU1y disipador de
calor

llustracion 3-5. Interior de un madulo de alta densidad de media altura (PowerEdge M600)
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llustracion 3-6.

Tarjeta intermedia de red Fabric
C opcional

Médulos de memoria

Plano posterior de la unidad de
disco duro

Unidad de disco duro 1

Procesador CPU2 y disipador de
calor

Tarjeta intermedia de red Fabric
B opcional

Procesador CPU1 y disipador de
calor

Tarjeta controladora de
almacenamiento (debajo de los
compartimientos para unidades)

Unidad de disco duro 0

Tarjeta vertical de video
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Interior de un madulo de alta densidad de media altura (PowerEdge M610)
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llustracion 3-7.

Tarjeta intermedia opcional 2
Mezz3_Fab_C

Médulos de memoria 4

Plano posterior de la unidad de 6
disco duro

Unidad de disco duro 1 8

Procesador CPU1y disipador de 10
calor

M915)

Tarjeta intermedia opcional 2
Mezz1_Fab_C
Tarjeta vertical de LOM A 4

Tarjeta intermedia opcional
Mezz4_Fab_B

Procesador CPU2 y disipador de
calor

Tarjeta controladora de
almacenamiento (debajo de los
compartimientos para unidades)

Unidad de disco duro 0

Tarjeta iDRACB Enterprise
(debajo de la tarjeta intermedia)

Interior de un médulo de alta densidad de altura completa (PowerEdge

Tarjeta intermedia opcional
Mezz2_Fab_B
Tarjeta intermedia opcional
Mezz3_Fab_C
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13

15

17

19

llustracion 3-8.

M910)

Tarjeta intermedia opcional
Mezz4_Fab_B

Procesador CPU2y disipador de
calor

Procesador CPU4 y disipador de
calor

Plano posterior de la unidad de
disco duro 2

Médulos de memoria

(parala CPU 3)

Plano posterior de la unidad de
disco duro 1

Médulos de memoria

(parala CPU 1)

Tarjeta iDRAC6 Enterprise

6

Tarjeta vertical de LOM B

Maédulos de memoria
(parala CPU 2)
Médulos de memoria
(parala CPU 4)

Unidad de disco duro 1

Unidad de disco duro 0

Procesador CPU3y disipador de
calor
Procesador CPU1y disipador de
calor
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llustracion 3-9.

"

M905)

190

Tarjeta intermedia opcional 1 de
red Fabric C

Tarjeta intermedia opcional 3 de
red Fabric C

Procesador CPU2y disipador de
calor

Unidad de disco duro 1

Plano posterior de la unidad de
disco duro

Procesador CPU3

10

12

Tarjeta intermedia opcional 2 de
red Fabric B

Tarjeta intermedia opcional 4 de
red Fabric B

Procesador CPU4

Unidad de disco duro 0

Procesador CPU1 y disipador de
calor

Tarjeta iDRAC6 Enterprise

Interior de un médulo de alta densidad de altura completa (PowerEdge

/v

v/
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llustracion 3-10.

Tarjeta intermedia opcional 1 de
red Fabric C

Tarjeta intermedia opcional 3 de
red Fabric C

Ubicacion de la tarjeta SD

Procesador CPU2y disipador de
calor

Unidad de disco duro 1

Plano posterior de la unidad de
disco duro

Procesador CPU1 y disipador de
calor

(PowerEdge M805)

Tarjeta intermedia opcional 2 de
red Fabric B

Tarjeta intermedia opcional 4 de
red Fabric B

Médulos de memoria

Procesador CPU4 y disipador de
calor

Unidad de disco duro 0

Procesador CPU3 y disipador de
calor

Tarjeta vertical de video

Interior de un médulo de alta densidad de altura completa
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llustracion 3-11.

"

Tarjeta intermedia opcional 1 de
red Fabric C

Tarjeta intermedia opcional 3 de
red Fabric C

Ubicacion de la tarjeta SD

Unidad de disco duro 1

Plano posterior de la unidad de
disco duro

Tarjeta vertical de video

(PowerEdge M710)
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10

Tarjeta intermedia opcional 2 de
red Fabric B

Tarjeta intermedia opcional 4 de
red Fabric B

Procesador CPU2y disipador de
calor

Unidad de disco duro 0

Procesador CPU1 y disipador de
calor

Interior de un moédulo de alta densidad de altura completa
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llustracion 3-12.

Tarjeta intermedia opcional 1 de
red Fabric C

Tarjeta intermedia opcional 3 de
red Fabric C

Médulos de memoria

Unidades de disco duro (4)

Procesador CPU1 y disipador de
calor

(PowerEdge M610x)

10

Tarjeta intermedia opcional 2 de
red Fabric B

Tarjeta intermedia opcional 4 de
red Fabric B

Procesador CPU2y disipador de
calor

Plano posterior de la unidad de
disco duro

Tarjeta iDRACB Enterprise
(debajo de la tarjeta intermedia)

Interior de un maédulo de alta densidad de altura completa
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1 Ranura para tarjeta VFlash SD 2 Tarjeta iDRAC6 Enterprise

interna
3 Tarjeta de interfaz intermedia 4 Seguro para la administracion de
cables
5 Tarjeta de interfaz de plano 6 Tarjeta intermedia opcional
medio Mezz1_Fab_C1
7 Tarjeta intermedia opcional 8 Tarjeta vertical PCle

Mezz2_Fab_B1

9 Paneles de relleno para tarjetas 10 Plano posterior de la unidad de

PCle estandar o de expansion disco duro
11 Procesador CPU2y disipadorde 12  Modulos de memoria (B1-B6)
calor
13 Modulos de memoria (A1-A6) 14 Procesador CPU1 y disipador de
calor

Memoria del sistema

Memoria del sistema: PowerEdge M915

La placa base tiene 32 z6calos de memoria organizados en cuatro canales por
procesador con dos DIMM LV por canal. Esta configuracién admite las
configuraciones maximas de memoria siguientes:

Se admiten DIMM LV de 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GBy 16 GB por canal, para un
total de hasta 512 GB. Se admiten RDIMM simples, duales y cuddruples.
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llustracion 3-13. Ubicaciones de memoria: PowerEdge M915

/" D8 N
D4
D7
o —
Df M
Dy )
D5 Lie——————]
D1

OO0
o0 B~

N wo N ol —-
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Pautas generales para la instalacion de médulos de memoria: PowerEdge M915

Para garantizar un rendimiento éptimo del sistema, aplique las pautas
siguientes al configurar la memoria del sistema:

A PRECAUCION: Es preciso instalar paneles de relleno para médulo de memoria
en los zdcalos de memoria vacios para mantener el flujo de aire de refrigeracion
adecuado.

*  Los médulos de memoria se deben instalar por pares, comenzando por los
dos primeros zécalos de cada conjunto de médulos de memoria. Estos
z6calos estdn marcados mediante palancas de retencién de color blanco.

* La configuracién de memoria de cada procesador debe ser idéntica.

*  Cada par (mismo color de palancas) de médulos de memoria debe ser del
mismo tamano, velocidad y tecnologia.

*  Si se combinan médulos de memoria cuddruples con médulos simples o
duales, los médulos cuddruples se deben instalar en los z6calos con las
palancas de liberacién blancas.

*  Sise instalan pares de médulos de memoria de distinto tamafio, los
moédulos de memoria de mayor capacidad se deben instalar en las ranuras
con la numeracién mds baja.

* Lasustitucién de memoria se admite en un sistema de cuatro procesadores
s6lo si hay instalados 32 médulos de memoria.

* La sustitucién de memoria se admite en un sistema de dos procesadores
s6lo si hay instalados 16 médulos de memoria.
Tabla 3-1. Ejemplos de configuraciones de memoria de PowerEdge M915

NOTA: Los mddulos DIMM del A1 al A8 se asignan al procesador 1, los mddulos
DIMM del B1 al B8 se asignan al procesador 2 y asi sucesivamente.

Memoria Nimerode Maodulos de Compatib Ubicacion de los modulos de
fisica procesador memoria: niimeroy ilidad memoria
total es tipo con la

sustitucio

nde

memoria
§GB Dos Ocho de 1 GB N Al, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4
16 GB Dos Ocho de 2 GB N Al, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4
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Memoria Nimerode Modulos de Compatib Ubicacion de los médulos de
fisica procesador memoria: niimeroy ilidad memoria
total es tipo con la
sustitucio
nde
memoria
16 GB Cuatro Diecis¢isde 1 GB N Al, A2, A3, A4, B1, B2, B3,
B4, CI, C2, C3, C4, D1, D2,
D3, D4
32 GB Dos Diecisé¢isde 2GB S Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7,
A8, B1, B2, B3, B4, B5, Bo,
B7, B8
32GB Cuatro Dieciséisde 2GB N Al, A2, A3, A4, B1, B2, B3,
B4, C1, C2, C3,C4, D1, D2,
D3, D4
64 GB Dos Diecisé¢isde 4 GBS Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7,
A8, B1, B2, B3, B4, B5, Bo,
B7, BS
64 GB Cuatro Dieciséisde 4 GB N Al, A2, A3, A4, B1, B2, B3,
B4, Cl1, C2, C3, C4, D1, D2,
D3, D4
96 GB Dos Ochode 4GBy N Al, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4
ocho de 8§ GB A5, A6, A7, A8, B5, B6, B7, BS

Instalacion de los componentes del modulo de alta densidad

NOTA: Los mddulos de
memoria de 8 GB deben
instalarse en las ranuras con
lanumeracionx7, x2, x3y x4,
y los modulos de memoria de
4 GB deben instalarse en las
ranuras x5, x6, x7y x8.
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Memoria

fisica
total

Nimero de Madulos de
procesador memoria: niimero y
es tipo

Compatib
ilidad
conla
sustitucio
nde
memoria

Ubicacion de los modulos de
memoria

96 GB

198

128 GB

128 GB

192 GB?

Cuatro

dieciséis de 2 GB

Dos Dieciséis de 8 GB

Treinta y dos de 4
GB

Cuatro

Dos Ochode 16 GBy

ocho de 8 GB

Dicciséis de 4 GBy

N

AL, A2, A3, A4, A5, A6, A7,
AS, B1, B2, B3, B4, B3, BG,
B7, BS, Cl, C2, C3, C4, C5,
C6, C7, C8, D1, D2, D3, D4,
D5, D6, D7, DS

NOTA: Los médulos de
memoria de 4 GB deben
instalarse en las ranuras con
lanumeracionx7, x2, x3y x4,
y los médulos de memoria de
2 GB deben instalarse en las
ranuras x5, x6, x7y x8.

Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7,
A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6,
B7, B8

AL, A2, A3, A4, A5, A6, A7,
AS, B1, B2, B3, B4, B3, BG,
B7, BS, Cl, C2, C3, C4, C5,
C6, C7, C8, D1, D2, D3, D4,
D5, D6, D7, DS

Al, A2, A3, A4, B, B2, B3, B4
A5, A6, A7, A8, B5, B6, B7, BS

NOTA: Los médulos de
memoria de 8 GB deben
instalarse en las ranuras con
lanumeracién x7, x2, x3y x4,
y los modulos de memoria de
4 GB deben instalarse en las
ranuras x5, x6, x7y x8.
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Memoria Nimerode Modulos de Compatib Ubicacion de los médulos de

fisica procesador memoria: niimeroy ilidad memoria
total es tipo con la
sustitucio
nde
memoria
192 GB  Cuatro Dieciséis de 8 GBy N Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7,
dieciséis de 4 GB A8, B1, B2, B3, B4, B5, Bo,

B7, BS, Cl1, C2, C3, C4, C5,
Co6, C7,C8, D1, D2, D3, D4,
D5, D6, D7, D8

NOTA: Los madulos de
memoria de 8 GB deben
instalarse en las ranuras con
lanumeracionx7, x2, x3y x4,
y los médulos de memoria de
4 GB deben instalarse en las
ranuras x5, x6, x7y x8.

256 GB* Dos Dicciséis de 16 GBS Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7,
A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6,

B7, B8
256 GB  Cuatro Treintay dosde 8 S Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7,
GB A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6,

B7, BS, C1, C2, C3, C4, C5,
Co6,C7,C8, D1, D2, D3, D4,

D5, D6, D7, D8
512 GB  Cuatro Treintay dosde 16 S Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7,
GB? A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6,

B7, BS, Cl1, C2, C3, C4, C5,
Co6, C7,C8, D1, D2, D3, D4,

D5, D6, D7, D8
1 TB? Cuatro Treintay dosde 32 S Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7,
GBP A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6,

B7, BS, Cl1, C2, C3, C4, C5,
Co6, C7,C8, D1, D2, D3, D4,
D5, D6, D7, D8

Indica las configuraciones de DIMM que operan a 1 066 MHz, mientras
que el resto de configuraciones operan a 1 333 MHz.

bSj esta disponible.
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Configuraciones de memoria no optimas

El rendimiento del sistema puede verse afectado si la configuracion de la
memoria no cumple las pautas de instalacién anteriores. El sistema puede
mostrar un mensaje de error durante el inicio que indique que la
configuracién de la memoria no es éptima.

Compatibilidad con la sustitucion de memoria: PowerEdge M915

Asimismo, se debe habilitar la funcién de sustituciéon de memoria en la
pantalla Memory Information (Informacién de la memoria) del programa de
configuracién del sistema. Consulte "Pantalla Memory Settings" en la

pégina 160. Para utilizar la sustituciéon de memoria, debe deshabilitar el
intercalado de nodos.

Memoria del sistema: PowerEdge M910

Este sistema solamente admite médulos DIMM registrados (RDIMM)
DDR3.

La placa base incluye 32 zécalos de memoria, organizados en ocho canales
con cuatro DIMM por canal. Esta configuracién admite las configuraciones
mdaximas de memoria siguientes:

Se admiten hasta cuatro RDIMM de 2 GB, 4 GB, 8§ GB y 16 GB por canal,
para un total de 512 GB como maximo. Se admiten RDIMM simples, duales
y cuddruples.
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llustracion 3-14. Ubicaciones de memoria: PowerEdge M910

B1
B5
B3
B7
B2
B6
B4
B8

A1
A5
A3
A7
A2
A6
A4
A8
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Pautas generales para la instalacion de médulos de memoria: PowerEdge M910

Para garantizar un rendimiento éptimo del sistema, aplique las pautas
generales siguientes al configurar la memoria del sistema:

* Los médulos de memoria se deben instalar por pares, comenzando por los
dos primeros zécalos de cada conjunto de médulos de memoria. Estos
z6calos estdn marcados mediante palancas de retencién de color blanco.

* La configuraciéon de memoria de cada procesador debe ser idéntica.

* (Cada par (mismo color de palancas) de médulos de memoria debe ser del
mismo tamano, velocidad y tecnologfa.

*  Si se combinan médulos de memoria cuddruples con médulos simples o
duales, los médulos cuddruples se deben instalar en los z6calos con las
palancas de liberacién blancas.

*  Sise instalan pares de mdédulos de memoria de distinto tamaio, los
moédulos de memoria de mayor capacidad se deben instalar en las ranuras
con la numeracién mds baja.

* La duplicacién y la sustitucién de memoria sélo se admiten si hay
instalados 32 médulos de memoria.

Tabla 3-2. Ejemplos de configuraciones de memoria de PowerEdge M910

Memoria Maodulos de Ubicacion de los modulos de memoria
fisica memoria: nimeroy
total tipo

4GB Cuatrode 1 GB Al A2, B, B2

8 GB Ochode1GB Al A2, B, B2, Cl, C2, D1, D2

16GB  Ochode2GB Al A2, Bl, B2, Cl, G2, D1, D2

32GB Ochode4GB Al A2, Bl, B2,Cl,C2, DI, D2

64GB  Dicciséis de 4GB Al, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1,

D2, D3, D4
96 GB Veinticuatro de 4 Al, A2, A3, A4, A5, A6, Bl, B2, B3, B4, B5, B6, Cl,
GB C2, C3, C4, C5,Co, DI, D2, D3, D4, D5, D6
128§ GB  Treintay dosde4 Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B, B2, B3, B4, B5, B6,
GB B7,BS§, Cl, Cz, C3,C4, C5,C6,C7,C8, D1, D2, D3,

D4, D5, D6, D7, D8
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Tabla 3-2.

Ejemplos de configuraciones de memoria de PowerEdge M910

Memoria Madulos de Ubicacion de los modulos de memoria
fisica memoria: nimero y
total tipo
128 GB  Dieciséis de 8 GB Al, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1,
D2, D3, D4
128GB  Ocho de 16 GB Al, A2, BI,B2,Cl,C2,Dl,D2
160 GB  Veinticuatrode 4 Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B3, B4, BS, B6,
GBy ocho de § B7, B8, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7,C8, DI, D2, D3,
GB D4, D5, D6, D7, DS
NOTA: Los mddulos de memoria de 8 GB deben
instalarse en las ranuras con la numeracion mas baja,
es decir, X1 y X2, y los médulos de memoria de 4 GB
deben instalarse en las ranuras X3, x4, x5, X6, X1 y x8.
192 GB  Veinticuatrode 8 Al, A2, A3, A4, A5, A6, B, B2, B3, B4, B5, B6, Cl,
GB C2,C3,C4, C5,C6, D1, D2, D3, D4, D5, D6
192 GB  Dieciséis de 4 GB  Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B3, B4, BS, B6,
y dieciséis de 8 GB B7, B§, Cl, C2, C3, C4, C5, C6,C7,C8, D1, D2, D3,
D4, D5, D6, D7, DS
NOTA: Los mddulos de memoria de 8 GB deben
instalarse en las ranuras con la numeracion mas baja,
es decir, x1, X2, X3y x4,y los modulos de memoria de
4 GB deben instalarse en las ranuras x5, x6, X7 y X8.
256 GB Treintaydosde 8 Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7, AS, B, B2, B3, B4, B5, B6,
GB B7, B8, C1, C2,C3, C4, C5,C6,C7,CS8, D1, D2, D3,
D4, D5, D6, D7, D8
256 GB  Dieciséisde 16 GB Al, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, DI,
D2, D3, D4
384 GB  Dieciséisde 8 GB  Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6,

y dieciséis de 16 B7, B§, C1, C2, C3, C4, C5, C6,C7, C§, D1, D2, D3,
GB D4, D5, D6, D7, DS
NOTA: Los mddulos de memoria de 16 GB deben
instalarse en las ranuras con la numeracion mas baja,
es decir, x1, X2, X3y x4, y los modulos de memoria de
8 GB deben instalarse en las ranuras x5, x6, X7 y X8.
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Tabla 3-2. Ejemplos de configuraciones de memoria de PowerEdge M910

Memoria Maodulos de Ubicacion de los modulos de memoria

fisica memoria: nimeroy

total tipo

512GB  Treintaydosde 16 Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6,
GB B7, B8, C1, C2,C3,C4, C5,C6,C7,C8, D1, D2, D3,

D4, D5, D6, D7, D8

Configuraciones de memoria no optimas

El rendimiento del sistema puede verse afectado si la configuracion de la
memoria no cumple las pautas de instalacion anteriores. El sistema puede
mostrar un mensaje de error durante el inicio que indique que la
configuracién de la memoria no es éptima.

Compatibilidad con la sustitucién de memoria: PowerEdge M910

La sustituciéon de memoria (banco de repuesto) se admite en los sistemas que
cuentan con una de las configuraciones de memoria indicadas en la Tabla 3-3.
Asimismo, se debe habilitar la funciéon de sustituciéon de memoria en la
pantalla Memory Information (Informacién de la memoria) del programa de
configuracién del sistema. Consulte "Pantalla Memory Settings" en la

pégina 160. Para utilizar la sustitucién de memoria, debe deshabilitar el
intercalado de nodos.

Tabla 3-3. Configuraciones de sustitucion de memoria: PowerEdge M910

Memoria Memoria Modulos de memoria: Ubicacion de los médulos de memoria

total del del namero y tamaiio
sistema  sistema
utilizable

128GB 112GB  'Treintay dos de 4 GB Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, Bl, B2,
L B3, B4, B5, B6, B7, B8, C1, C2, C3, C4,
256 GB 224 GB  Treintay dos de 8 GB C5.C6, C7. C8. D1, D2, D3, D4, D5,
512GB 448 GB  Treintaydosde 16 D6, D7, D8
GB
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Memoria del sistema: PowerEdge M905

Puede ampliar la memoria del sistema a un maximo de 192 GB mediante la
instalacién de hasta 24 médulos de memoria DDR2 registrada a 667 MHz en
conjuntos de médulos de memoria de 1 GB, 2 GB, 4 GB u 8 GB. Se admiten
modulos de 8 GB duales, pero no médulos de 8 GB cuddruples. Cada

procesador tiene cuatro canales de memoria, organizados en conjuntos de

dos.

Q NOTA: Si hay instalados mas de cuatro modulos de memoria por procesador, la
frecuencia de reloj de los médulos de memoria se reduce a 533 MHz.

llustracion 3-15. Ubicaciones de memoria: PowerEdge M905
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Pautas generales para la instalacion de médulos de memoria: PowerEdge M905

Para garantizar un rendimiento éptimo del sistema, aplique las pautas
siguientes al configurar la memoria del sistema:

Los médulos de memoria se deben instalar por pares, comenzando por los
dos primeros zécalos de cada conjunto de médulos de memoria. Estos
z6calos estdn marcados mediante palancas de retencién de color blanco.

Todos los mddulos de memoria del médulo de alta densidad deben ser
idénticos en cuanto a velocidad y tecnologia. Los mddulos de memoria de
cada par deben tener el mismo tamario.

Si se instalan pares de médulos de memoria de distinto tamario, los
modulos de memoria de mayor capacidad se deben instalar en las ranuras
con la numeracién mds baja.

Se admite la sustitucién de memoria si hay instalados 24 médulos de
memoria. No se admite la duplicaciéon de memoria.

En la Tabla 3-4 se muestran ejemplos de configuraciones de memoria
admitidas.

A PRECAUCION: Es preciso instalar paneles de relleno para médulo de memoria

en los zoécalos de memoria vacios para mantener el flujo de aire de refrigeracion
adecuado.

Tabla 3-4. Ejemplos de configuraciones de memoria de PowerEdge M905

Memoria Madulos de memoria: Ubicacion de los modulos de memoria
total del namero y tamaio

sistema

8 GB Ocho de 1 GB Al, A2, B1, B2, Cl1,C2,DI1, D2

16 GB Dieciséis de 1 GB

16 GB Ocho de 2 GB
32 GB Ocho de 4 GB
32 GB Dicciséis de 2 GB

Al, A2, A3, A4, B, B2, B3, B4, CI, C2, C3,
C4,DI1, D2, D3, D4

Al, A2, B1, B2, C1,C2, D1, D2
Al, A2, B1, B2, C1,C2, D1, D2

Al, A2, A3, A4, B, B2, B3, B4, C1, C2, C3,
C4, D1, D2, D3, D4

*Si se instalan 64 GB de memoria, el sistema sélo reconoce 63,75 GB durante la POST.
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Tabla 3-4. Ejemplos de configuraciones de memoria de PowerEdge M905

Memoria Maédulos de memoria: Ubicacion de los modulos de memoria

total del namero y tamaiio

sistema

48 GB Veinticuatro de 2 GB Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, Bl, B2, B3,
B4, B5, B6, B7, B8, C1, C2, C3, C4, D1, D2,
D3, D4

64 GB*  Ocho de 8 GB Al, A2, Bl, B2, Cl,C2, D1, D2

64 GB*  Dieciséis de 4 GB Al, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3,
C4, D1, D2, D3, D4

96 GB Veinticuatro de 4 GB Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, Bl, B2, B3,
B4, B5, B6, B7, B8, C1, C2, C3, C4, D1, D2,
D3, D4

128 GB  Dieciséis de 8 GB Al, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, Cl1, C2, C3,
C4, D1, D2, D3, D4

192 GB  Veinticuatro de 8 GB Al, A2, A3, A4, A5 A6, A7, A8, Bl, B2, B3,
B4, B5, Bo, B7, B8, C1, C2, C3, C4, D1, D2,
D3, D4

*Si se instalan 64 GB de memoria, el sistema sélo reconoce 63,75 GB durante la POST.

Configuraciones de memoria no éptimas

El rendimiento del sistema puede verse afectado si la configuracion de la
memoria no cumple las pautas de instalacion anteriores. Fl sistema puede
mostrar un mensaje de error durante el inicio que indique que la
configuracién de la memoria no es 6ptima.

Compatibilidad con la sustitucién de memoria: PowerEdge M905

La sustitucién de memoria (banco de repuesto) se admite en los sistemas que
cuentan con una de las configuraciones de memoria indicadas en la Tabla 3-5.
Asimismo, se debe habilitar la funcién de sustituciéon de memoria en la
pantalla Memory Information (Informacién de la memoria) del programa de
configuracién del sistema. Consulte "Pantalla Memory Settings" en la

pégina 160. Para utilizar la sustitucién de memoria, debe deshabilitar el
intercalado de nodos.
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Tabla 3-5. Configuraciones de sustitucion de memoria: PowerEdge M905

4 NOTA: Se admite la sustitucion de memoria si hay instalados 24 médulos de
memoria idénticos.

Memoria Memoria Maodulos de memoria: Ubicacion de los médulos de memoria

total del  del nimero y tamaiio
sistema  sistema
utilizable

48 GB 40 GB Veinticuatro de 2 GB Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2,
96 GB 80 GB Veinticuatro de 4 GB B3, B4, B, B6, B7, B8, Cl, C2, C3, C4,

D1, D2, D3, D4
192GB 160 GB  Veinticuatro de 8 GB

Memoria del sistema: PowerEdge M805

Puede ampliar la memoria del sistema a un méximo de 128 GB mediante la
instalaciéon de médulos de memoria DDR2 registrada a 667 Mz en conjuntos
de médulos de memoria de 1 GB, 2 GB, 4 GB u 8 GB. Se admiten mdédulos de
8 GB duales, pero no médulos de 8 GB cuddruples. Cada procesador tiene
cuatro canales de memoria, organizados en conjuntos de dos.

Q NOTA: Si hay instalados mas de cuatro mddulos de memoria por procesador, la
frecuencia de reloj de los médulos de memoria se reduce a 533 MHz.
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llustracion 3-16. Ubicaciones de memoria: PowerEdge M805
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Pautas generales para la instalacion de médulos de memoria: PowerEdge M805

Para garantizar un rendimiento 6ptimo del sistema, aplique las pautas
siguientes al instalar la memoria del sistema:

*  Los médulos de memoria se deben instalar en pares de médulos DIMM
del mismo tamafio, empezando por las ranuras Al y A2 (procesador 1) y Bl
y B2. Estas ranuras estdn marcadas mediante lengiietas extractoras de color
blanco.
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*  Todos los médulos de memoria del médulo de alta densidad deben ser
idénticos en cuanto a velocidad y tecnologia. Los mddulos de memoria de
cada par deben tener el mismo tamario.

* Lamemoria se debe instalar en la misma configuracién (de forma
simétrica) para ambos procesadores.

* i se instalan pares de médulos de memoria de distinto tamafio, los
modulos de memoria de mayor capacidad se deben instalar en las ranuras
con la numeracién mas baja.

*  Se admite la sustitucién de memoria si hay instalados 16 médulos de
memoria. No se admite la duplicaciéon de memoria.

En la Tabla 3-6 se muestran ejemplos de configuraciones de memoria
admitidas.

A PRECAUCION: Es preciso instalar paneles de relleno para médulo de memoria
en los zdcalos de memoria vacios para mantener el flujo de aire de refrigeracion

adecuado.

Tabla 3-6. Ejemplos de configuraciones de memoria de PowerEdge M805

Memoria Madulos de memoria: Ubicacion de los modulos de memoria

total del ndmero y tamaiio

sistema

4GB Cuatro de 1 GB Al, A2, Bl, B2

8 GB Ocho de 1 GB Al, A2, A3, A4, Bl, B2, B3, B4

8 GB Cuatro de 2 GB Al, A2, Bl, B2

12 GB Doce de 2 GB Al, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6

16 GB Dieciséis de 1 GB Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, Bl, B2, B3, B4,
BS, B6, B7, B8

16 GB Ocho de 2 GB Al, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4

16 GB Cuatro de 4 GB Al, A2, Bl, B2

24 GB Doce de 2 GB Al, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6

32GB Dieciséis de 2 GB Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7, AS, B, B2, B3, B4,
B5, B6, B7, BS

32 GB Ocho de 4 GB Al, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4

48 GB Doce de 4 GB Al, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6
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Tabla 3-6. Ejemplos de configuraciones de memoria de PowerEdge M805

Memoria Madulos de memoria: Ubicacion de los modulos de memoria

total del namero y tamaio

sistema

64 GB*  Dieciséis de 4 GB Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, Bl, B2, B3, B4,
BS, B6, B7, B8

64 GB*  Ocho de 8 GB Al, A2, A3, A4, Bl, B2, B3, B4

128 GB  Dieciséis de 8 GB Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B3, B4,
BS5, B6, B7, BS

*Si se instalan 64 GB de memoria, el sistema sdlo reconoce 63,75 GB durante la POST.

Configuraciones de memoria no optimas

El rendimiento del sistema puede verse afectado si la configuracion de la
memoria no cumple las pautas de instalacién anteriores. El sistema puede
mostrar un mensaje de error durante el inicio que indique que la
configuracién de la memoria no es 6ptima.

Compatibilidad con la sustitucién de memoria: PowerEdge M805

La sustitucién de memoria (banco de repuesto) se admite en los sistemas que
cuentan con una de las configuraciones de memoria indicadas en la Tabla 3-7.
Asimismo, se debe habilitar la funcién de sustituciéon de memoria en la
pantalla Memory Information (Informacién de la memoria) del programa de
configuracién del sistema. Consulte "Pantalla Memory Settings” en la

pégina 160. Para utilizar la sustitucién de memoria, debe deshabilitar el
intercalado de nodos.

Tabla 3-7. Configuraciones de sustitucion de memoria: PowerEdge M805

Q NOTA: Se admite la sustitucion de memoria si hay instalados 16 modulos de
memoria idénticos.

Memoria Memoria Madulos de memoria: Ubicacion de los médulos de memoria

total del del namero y tamaiio
sistema  sistema
utilizable

32GB  28GB  Dicciséisde 2 GB Al A2, A3, A4, A5, A6, A7, AS, Bl, B2,
B3, B4, BS, B6, B7, BS
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Tabla 3-7. Configuraciones de sustitucion de memoria: PowerEdge M805
(continuacion)

[E4 NOTA: Se admite la sustitucion de memoria si hay instalados 16 modulos de

Memoria Memoria Maodulos de memoria: Ubicacion de los médulos de memoria

total del del namero y tamaiio
sistema  sistema
utilizable

64 GB 56 GB Dieciséis de 4 GB Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, BZ,
B3, B4, B5, B6, B7, BS

128GB  112GB  Dieciséis de 8 GB Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2,
B3, B4, B5, Bo, B7, B8

Memoria del sistema: PowerEdge M710

Este sistema admite médulos DIMM registrados (RDIMM) DDR3 o
mdédulos DIMM sin bufer (UDIMM).

La placa base incluye 18 z6calos de memoria, organizados en tres canales con
tres DIMM por canal. Esta configuracién admite las configuraciones méximas
de memoria siguientes:

*  Se admiten hasta tres RDIMM de 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8§ GB y 16 GB por
canal, para un total de hasta 288 GB. Se admiten RDIMM simples,
duales y cuddruples.

*  Se admiten uno o dos UDIMM de 1 GB y 2 GB por canal para un total
de hasta 24 GB.
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llustracion 3-17. Ubicaciones de memoria: PowerEdge M710
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Pautas generales para la instalacion de médulos de memoria: PowerEdge M710

Para garantizar un rendimiento éptimo del sistema, aplique las pautas
generales siguientes al configurar la memoria del sistema:

*  No se pueden combinar RDIMM y UDIMM.

*  Los médulos de memoria se ocupan comenzando por el zocalo més alejado
del procesador. Dicho zdcalo estd indicado por una palanca de liberacion
del z6calo blanca.

*  En una configuracién con dos procesadores, la configuracién de memoria
de cada procesador debe ser idéntica.

* i se instalan médulos de memoria cuddruples, se admite un maximo de

dos DIMM por canal.

*  Sise instalan médulos de memoria con velocidades distintas, todos los
modulos funcionardn a la velocidad del médulo de memoria m4s lento
instalado.

Se asignan tres canales de memoria a cada procesador. El ndmero de canales
utilizados y de configuraciones permitidas depende del modo de memoria
seleccionado. Los canales se organizan de la manera siguiente:

* Canal 0: zécalos 3,6y 9
* Canal 1: zécalos 2,5y 8
* Canal 2: z6calos 1,4y 7

Los zécalos A1-A9 estan asignados a CPUL, y los zécalos B1-B9 a CPUZ.

Compatibilidad con el modo de ECC avanzada: PowerEdge M710

En esta configuracion, los canales 0y 1 se combinan para formar un canal de
128 bits. Si se produce un error de memoria en un chip determinado, se
deshabilita el chip defectuoso. Los médulos de memoria deben ser idénticos
en cuanto a tamafo, velocidad y tecnologia al instalarlos en las ranuras
correspondientes.
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Compatibilidad con la duplicacion de memoria: PowerEdge M710

El sistema admite la duplicacién de memoria si hay instalados médulos de
memoria idénticos en el canal 0 y en el canal 1 (no hay memoria instalada en el
canal 2). Asimismo, se debe habilitar la duplicacion en el programa de
configuracién del sistema. En una configuracién duplicada, la memoria total
disponible del sistema es igual a la mitad de la memoria fisica total instalada.

Modo de canal independiente (modo de optimizacion): PowerEdge M710

En este modo, los tres canales estdn ocupados con médulos de memoria
idénticos. Este modo permite una mayor capacidad total de memoria, pero no
admite las funciones de fiabilidad de los otros modos. Para habilitar este
modo, seleccione la opciéon Optimizer (Optimizacién) en la pantalla Memory
Settings (Configuracién de la memoria) del programa de configuracion del
sistema. Consulte "Pantalla Memory Settings" en la pdgina 160.

En este modo también se admite una configuracién minima de un solo canal
de un médulo de memoria de 1 GB por procesador.

Tabla 3-8. Ejemplos de configuraciones de memoria de PowerEdge M710

Memoria Madulos de Ubicacionde  Procesado Modo de Memoria
fisica memoria: namero los médulos de res memoria disponible
total y tipo memoria
1 GB UnUDIMMde 1 Al Uno Canal 1 GB
GB independiente
2GB Dos UDIMM de A2, A3 Uno Duplicacion 1 GB
1 GB
2 GB Dos UDIMM de A2, A3 Uno ECC 2 GB
1 GB avanzada
2 GB Dos UDIMM de Al, Bl Dos Canal 2 GB
1 GB independiente
4GB Dos UDIMM de A2, A3 Uno Duplicacion 2 GB
2 GB
4GB Dos UDIMM de A2, A3 Uno ECC 4GB
2GB avanzada
4GB Cuatro UDIMM A2, A3, B2, B3 Dos Duplicacion 2 GB
de 1 GB
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Tabla 3-8. Ejemplos de configuraciones de memoria de PowerEdge M710

Memoria Madulos de Ubicacionde  Procesado Modo de Memoria

fisica memoria: namero los médulos de res memoria disponible

total y tipo memoria

4GB Cuatro UDIMM A2, A3,B2, B3 Dos ECC 4GB
de 1 GB avanzada

6 GB Seis UDIMM de  Al, A2, A3, B, Dos Canal 6 GB
1 GB B2, B3 independiente

6 GB Tres UDIMM de  Al, A2, A3 Uno Canal 6 GB
2 GB independiente

8 GB Cuatro UDIMM A2, A3, B2, B3 Dos Duplicaciéon 4 GB
de 2 GB

8 GB Cuatro UDIMM A2, A3,B2, B3 Dos ECC 8 GB
de 2 GB avanzada

8 GB Cuatro UDIMM A2, A3, A5, A6 Uno Duplicaciéon 4 GB
de 2 GB

8 GB Cuatro UDIMM A2, A3, A5, A6 Uno ECC 8 GB
de 2 GB avanzada

12GB Seis UDIMM de Al, A2, A3, A4, Uno Canal 12 GB
2 GB A5, A6 independiente

12 GB Seis UDIMM de  Al, A2, A3,Bl, Dos Canal 12 GB
2 GB B2, B3 independiente

16 GB Ocho UDIMM A2, A3, A5, A6, Dos Duplicaciéon 8 GB
de 2 GB B2, B3, BS, B6

16 GB Ocho UDIMM A2, A3, A5, A6, Dos ECC 16 GB
de 2 GB B2, B3, B5, B6 avanzada

24 GB Doce RDIMM de A2, A3, A5, A6, Uno ECC 24 GB
2 GB A8, A9, B2, B3, avanzada

B5, B6, B8, B9

24 GB Seis UDIMM de  Al, A2, A3, A4, Uno Canal 24 GB
4GB A5, A6 independiente

24 GB Seis RDIMM de  Al, A2, A3, Bl, Dos Canal 24 GB
4GB B2, B3 independiente
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Tabla 3-8.

Ejemplos de configuraciones de memoria de PowerEdge M710

Memoria Madulos de Ubicacionde  Procesado Modo de Memoria
fisica memoria: nimero los médulos de res memoria disponible
total y tipo memoria
32GB OchoRDIMM de A2, A3, A5, A6, Dos Duplicacion 16 GB
4GB B2, B3, B5, B6
32 GB OchoRDIMMde A2, A3, A5, A6, Dos ECC 32 GB
4GB B2, B3, B5, B6 avanzada
36 GB Nueve RDIMM  Al, A2, A3, A4, Uno Canal 36 GB
de 4 GB A5, A6, A7, A8, independiente
A9
64 GB OchoRDIMMde A2, A3, A5, A6, Dos Duplicacion 32 GB
8 GB B2, B3, B5, B6
64 GB OchoRDIMMde A2, A3, A5, A6, Dos ECC 64 GB
8§ GB B2, B3, B5, B6 avanzada
72 GB Dieciocho Al, A2, A3, A4, Dos Canal 72 GB
RDIMM de 4 GB A5, A6, A7, A8, independiente
A9, B1, B2, B3,
B4, BS, B6, B7,
BS, B9
96 GB Doce RDIMM de Al, A2, A3, A4, Dos Canal 96 GB
8 GB A5, A6, Bl, B2, independiente
B3, B4, B5, B6
144 GB  Dieciocho Al, A2, A3, A4, Dos Canal 144 GB
RDIMM de 8 GB A5, A6, A7, AS, independiente
A9, B1, B2, B3,
B4, BS, Bo, B7,
B8, B9
192 GB  Doce RDIMM de Al, A2, A3, A4, Dos Canal 192 GB
16 GB A5, A6, B, B2, independiente
B3, B4, BS, B6
288 GB  Dieciocho Al, A2, A3, A4, Dos Canal 288 GB
RDIMM de 16 A5, A6, A7, AS, independiente
GB A9, B1, B2, B3,
B4, BS, B6, B7,
BS, B9
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Memoria del sistema: PowerEdge M710HD
Este sistema admite médulos DIMM registrados (RDIMM) DDR3.

La placa base incluye 18 zécalos de memoria, organizados en tres canales por

procesador con tres DIMM por canal. Esta configuracién admite hasta tres

RDIMM de 2 GB, 4 GBy § GB y hasta dos RDIMM de 16 GB por canal, para
un total de hasta 192 GB. Se admiten RDIMM simples, duales y cuddruples.

llustracion 3-18. Ubicaciones de memoria: PowerEdge M710HD

Canal 0
= (A3, A6, A9)

Canal 1
(A2, A5, A8)

Canal 2
(A1, A4, A7)

Canal 2
(B1, B4, B7)

Canal 1
(B2, B5, B8)

ﬁﬂ%ﬁﬂﬂﬁﬂﬂ

Canal 0
(B3, B6, B9)

218 [ Instalacion de los componentes del mdadulo de alta densidad



Pautas generales para la instalacion de médulos de memoria: PowerEdge M710HD

Para garantizar un rendimiento éptimo del sistema, aplique las pautas
generales siguientes al configurar la memoria del sistema:

*  Los mddulos de memoria se ocupan comenzando por el zécalo més alejado
del procesador. Dicho zdcalo estd indicado por una palanca de liberacién
del z6calo blanca.

*  En una configuracién con dos procesadores, la configuracién de memoria
de cada procesador debe ser idéntica.

*  Sise instalan médulos de memoria cuddruples, se admite un maximo de
dos DIMM por canal.

e Sise instalan moédulos de memoria con velocidades distintas, todos los
moddulos funcionarin a la velocidad del médulo de memoria m4s lento
instalado.

Se asignan tres canales de memoria DDR3 a cada procesador. El numero de
canales utilizados y de configuraciones permitidas depende del modo de
memoria seleccionado. Los canales se organizan de la manera siguiente:

*  Canal 0: zécalos 3,6y9
* Canal l: z6calos 2,5y 8
* Canal 2: z6calos 1,4y 7
Los z6calos A1-A9 estan asignados a CPUL, y los zécalos B1-B9 a CPU2.

Compatibilidad con el modo de ECC avanzada: PowerEdge M710HD

En esta configuracion, los canales 0y 1 se combinan para formar un canal de
128 bits. Si se produce un error de memoria en un chip determinado, se
deshabilita el chip defectuoso. Los mddulos de memoria deben ser idénticos
en cuanto a tamano, velocidad y tecnologia al instalarlos en las ranuras
correspondientes.

Compatibilidad con la duplicacion de memoria: PowerEdge M710HD

El sistema admite la duplicacién de memoria si hay instalados médulos de
memoria idénticos en el canal 0y en el canal 1 (no hay memoria instalada en el
canal 2). Asimismo, se debe habilitar Ia duplicacién en el programa de
configuracién del sistema. En una configuracién duplicada, la memoria total
disponible del sistema es igual a la mitad de la memoria fisica total instalada.
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Compatibilidad con la sustitucion de memoria: PowerEdge M710HD

[E4 NOTA: Para admitir la sustitucion de memoria, el sistema debe instalarse con

procesadores Intel Xeon serie 5600.

La sustitucion de memoria (banco de repuesto) se admite en los sistemas que
cuentan con una de las configuraciones de memoria indicadas en la Tabla 3-9.
Asimismo, se debe habilitar la funcién de sustitucién de memoria en la
pantalla Memory Information (Informacién de la memoria) del programa de
configuracién del sistema. Consulte "Pantalla Memory Settings" en la

pdgina 160. Para utilizar la sustitucién de memoria, debe deshabilitar el
intercalado de nodos.

Modo de canal independiente (modo de optimizacion): PowerEdge M710HD

En este modo, los tres canales estdn ocupados con mddulos de memoria
idénticos. Este modo permite una mayor capacidad total de memoria, pero no
admite las funciones de fiabilidad de los otros modos. Para habilitar este
modo, seleccione la opcién Optimizer (Optimizacion) en la pantalla Memory
Settings (Configuracién de la memoria) del programa de configuracion del
sistema. Consulte "Pantalla Memory Settings" en la pdgina 160.

En este modo también se admite una configuracién minima de un solo canal
de un médulo de memoria de 1 GB por procesador.

Tabla 3-9. Ejemplos de configuraciones de memoria de PowerEdge M710HD

Memoria Médulos de Ubicacionde Procesado Modo de Memoria
fisica memoria: nimero los médulos de res memoria disponible
total y tipo memoria
1 GB UnUDIMMde 1l Al Uno Canal 1 GB
GB independiente
2 GB Dos UDIMM de A2, A3 Uno Duplicaciéon 1 GB
1 GB
2 GB Dos UDIMM de A2, A3 Uno ECC 2 GB
1 GB avanzada
2 GB Dos UDIMM de Al, Bl Dos Canal 2 GB
1 GB independiente
4GB Dos UDIMM de A2, A3 Uno Duplicacion 2 GB
2 GB
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Tabla 3-9. Ejemplos de configuraciones de memoria de PowerEdge M710HD

Memoria Maodulos de Ubicacionde Procesado Modo de Memoria

fisica memoria: naimero los modulos de res memoria disponible

total y tipo memoria

4GB Dos UDIMM de A2, A3 Uno ECC 4GB
2 GB avanzada

4GB Cuatro UDIMM A2, A3, B2, B3 Dos Duplicaciéon 2 GB
de 1 GB

4GB Cuatro UDIMM A2, A3,B2, B3 Dos ECC 4GB
de 1 GB avanzada

6 GB Seis UDIMM de Al, A2, A3, Bl, Dos Canal 6 GB
1 GB B2, B3 independiente

6 GB Tres UDIMM de  Al, A2, A3 Uno Canal 6 GB
2 GB independiente

8 GB Cuatro UDIMM A2, A3, B2, B3 Dos Duplicacién 4 GB
de 2 GB

8 GB Cuatro UDIMM A2, A3,B2, B3 Dos ECC 8 GB
de 2 GB avanzada

8 GB Cuatro UDIMM A2, A3, A5, A6 Uno Duplicaciéon 4 GB
de 2 GB

8 GB Cuatro UDIMM A2, A3, A5, A6 Uno ECC 8 GB
de 2 GB avanzada

12 GB Seis UDIMM de  Al,A2,A3,A4, Uno Canal 12 GB
2 GB A5, A6 independiente

12 GB Seis UDIMM de  Al, A2, A3, Bl, Dos Canal 12 GB
2GB B2, B3 independiente

16 GB Ocho UDIMM A2, A3,A5,A6, Dos Duplicacion 8 GB
de 2 GB B2, B3, B5, B6

16 GB Ocho UDIMM A2, A3, A5, A6, Dos ECC 16 GB
de 2 GB B2, B3, B5, B6 avanzada

24 GB Seis UDIMM de  Al,A2,A3,A4, Uno Canal 24 GB
4GB A5, A6 independiente

24 GB Seis RDIMM de  Al, A2, A3, Bl, Dos Canal 24 GB
4GB B2, B3 independiente
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Tabla 3-9.

Ejemplos de configuraciones de memoria de PowerEdge M710HD

Memoria Maoadulos de Ubicacionde Procesado Modo de Memoria
fisica memoria: namero los médulos de res memoria disponible
total y tipo memoria
32GB OchoRDIMM de A2,A3,A5,A6, Dos Duplicaciéon 16 GB
4GB B2, B3, B5, B6
32GB OchoRDIMM de A2, A3, A5, A6, Dos ECC 32GB
4GB B2, B3, B5, B6 avanzada
36 GB Nueve RDIMM  Al,A2, A3, A4, Uno Canal 36 GB
de 4 GB A5, A6,A7, A8, independiente
A9
64 GB OchoRDIMM de A2, A3, A5, A6, Dos Duplicaciéon 32 GB
8 GB B2, B3, B5, B6
64 GB OchoRDIMM de A2, A3, A5, A6, Dos ECC 64 GB
8§ GB B2, B3, B5, B6 avanzada
72 GB Dieciocho Al, A2, A3, A4, Dos Canal 72 GB
RDIMM de 4 GB A5, A6, A7, AS, independiente
A9, B1, B2, B3,
B4, B5, B6, B7,
BS, B9
96 GB Doce RDIMM de Al,A2,A3,A4, Dos Canal 96 GB
8 GB A5, A6, B1, B2, independiente
B3, B4, B5, B6
128 GB OchoRDIMM de A2, A3,A5,A6, Dos Duplicacion 64 GB
16 GB B2, B3, B5, B6
128 GB OchoRDIMMde A2, A3,A5,A6, Dos ECC 128 GB
16 GB B2, B3, B5, B6 avanzada
144 GB  Dieciocho Al,A2, A3, A4, Dos Canal 144 GB
RDIMM de 8 GB A5, A6, A7, A8, independiente
A9, Bl, B2, B3,
B4, B5, B6, B7,
BS, B9
192 GB  Doce RDIMM de Al,A2,A3, A4, Dos Canal 192 GB
16 GB A5, A6, B1, B2, independiente
B3, B4, B5, B6
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Tabla 3-9. Ejemplos de configuraciones de memoria de PowerEdge M710HD
Memoria Madulos de Ubicacionde Procesado Modo de Memoria
fisica memoria: nimero los médulos de res memoria disponible
total y tipo memoria
288 GB  Dieciocho Al,A2,A3, A4, Dos Canal 288 GB
RDIMM de 16  A5,A6,A7, AS, independiente
GB A9, B1, B2, B3,
B4, B5, B6, B7,
BS, B9

Memoria del sistema: PowerEdge M610/M610x
Este sistema admite médulos DIMM registrados (RDIMM) DDR3 o
maddulos DIMM sin buafer (UDIMM). La placa base incluye 12 zdcalos de
memoria, lo que permite disponer de las configuraciones méximas de
memoria siguientes:
*  Se admiten RDIMM de 1 GB, 2 GB, 4 GB, § GBy 16 GB (si estdn
disponibles) para un total de hasta 192 GB. Se admiten RDIMM
simples, duales y cuddruples.
e Se admiten UDIMM de 1 GBy 2 GB para un total de hasta 24 GB.
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llustracion 3-19. Ubicaciones de memoria: PowerEdge M610/M610x

Al Canal 2 (A1, A4)
A4
A2 Canal 1 (A2, A5)
A5
A3

Canal 0 (A3, A6)

— )=

CPUT

O i

Canal 0 (B3, B6) B6
B3 i
Canal 1 (B2, B5) gg i
B
[

Canal 2 (B1, B4) 1

Pautas generales para la instalacion de médulos de memoria: PowerEdge
M610/M610x

Para garantizar un rendimiento 6ptimo del sistema, aplique las pautas
generales siguientes al configurar la memoria del sistema:

224

No se pueden combinar RDIMM y UDIMM.

Los mddulos de memoria se ocupan comenzando por el zécalo mas alejado
del procesador. Dicho zdcalo estd indicado por una palanca de liberacién
del z6calo blanca.

En una configuracién con dos procesadores, la configuracion de memoria
de cada procesador debe ser idéntica.

Si se instalan médulos de memoria cuddruples, se admite un maximo de
dos DIMM por canal.

Si se instalan médulos de memoria con velocidades distintas, todos los
modulos funcionardn a la velocidad del médulo de memoria m4s lento
instalado.
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Se asignan tres canales de memoria a cada procesador. El ndmero de canales
utilizados y de configuraciones permitidas depende del modo de memoria
seleccionado. Los canales se organizan de la manera siguiente:

*  Canal 0: z6calos 3y 6
* Canal 1: zécalos 2y 5
*  Canal 2: zécalos 1 y 4
Los z6calos A1-A6 estan asignados a CPUL, y los zécalos B1-B6 a CPUZ.

Compatibilidad con el modo de ECC avanzada: PowerEdge M610/M610x

En esta configuracion, los canales 0y 1 se combinan para formar un canal de
128 bits. Si se produce un error de memoria en un chip determinado, se
deshabilita el chip defectuoso. Los mddulos de memoria deben ser idénticos
en cuanto a tamarno, velocidad y tecnologia al instalarlos en las ranuras
correspondientes.

Compatibilidad con la duplicacion de memoria: PowerEdge M610/M610x

El sistema admite la duplicacién de memoria si hay instalados médulos de
memoria idénticos en el canal 0 y en el canal 1 (no hay memoria instalada en el
canal 2). Asimismo, se debe habilitar la duplicacién en el programa de
configuracién del sistema. En una configuracion duplicada, la memoria total
disponible del sistema es igual a la mitad de la memoria fisica total instalada.

Modo de canal independiente (modo de optimizacion): PowerEdge M610/M610x

En este modo, los tres canales estdn ocupados con mddulos de memoria
idénticos. Este modo permite una mayor capacidad total de memoria, pero no
admite las funciones de fiabilidad de los otros modos. Para habilitar este
modo, seleccione la opcién Optimizer (Optimizacién) en la pantalla Memory
Settings (Configuracién de la memoria) del programa de configuracién del
sistema. Consulte "Pantalla Memory Settings" en la pagina 160. En este modo
también se admite una configuracién minima de un solo canal de un médulo
de memoria de 1 GB por procesador.
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Tabla 3-10. Ejemplos de configuraciones de memoria de PowerEdge M610/M610x

Memoria Maoadulos de Ubicacionde Procesado Modo de Memoria

fisica memoria: naimero los modulos de res memoria disponible

total y tipo memoria

1 GB UnUDIMMde 1 Al Uno Canal 1 GB
GB independiente

2 GB Dos UDIMM de A2, A3 Uno ECCavanzada 1 GB
1 GB o duplicacién

2 GB Dos UDIMM de Al, Bl Dos Canal 2GB
1 GB independiente

4GB Dos UDIMM de A2, A3 Uno Duplicaciéon 2 GB
2GB

4GB Dos UDIMM de A2, A3 Uno ECCavanzada 4 GB
2GB

4GB Cuatro UDIMM A2, A3, B2, B3 Dos Duplicaciéon 2 GB
de 1 GB

4GB Cuatro UDIMM A2, A3, B2, B3 Dos ECC avanzada 4 GB
de 1 GB

6 GB Seis UDIMM de  Al, A2, A3, Bl, Dos Canal 6 GB
1 GB B2, B3 independiente

6 GB Tres UDIMM de Al, A2, A3 Uno Canal 6 GB
2GB independiente

8 GB Cuatro UDIMM A2, A3,B2, B3 Dos Duplicacion 4 GB
de 2 GB

8§ GB Cuatro UDIMM A2, A3, B2, B3 Dos ECC avanzada 8 GB
de 2 GB

8 GB Cuatro UDIMM A2, A3, A5, A6 Uno Duplicacion 4 GB
de 2 GB

8 GB Cuatro UDIMM A2, A3, A5, A6 Uno ECC avanzada 8 GB
de 2 GB

12 GB Seis UDIMM de  Al, A2, A3, Bl, Dos ECCavanzada 12 GB
2GB B2, B3

12 GB Seis UDIMM de  Al,A2,A3,A4, Uno ECCavanzada 12 GB
2GB A5, A6
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Tabla 3-10. Ejemplos de configuraciones de memoria de PowerEdge M610/M610x

Memoria Modulos de Ubicacionde Procesado Modo de Memoria
fisica memoria: niamero los médulos de res memoria disponible
total y tipo memoria
16 GB Ocho UDIMM A2, A3, A5, A6, Dos Duplicacion 8 GB
de 2 GB B2, B3, B5, B6
16 GB Ocho UDIMM  A2,A3,A5,A6, Dos ECCavanzada 16 GB
de 2 GB B2, B3, B5, B6
24 GB Doce UDIMM de Al, A2, A3, A4, Dos Canal 24 GB
2 GB A5, A6, B1, B2, independiente
B3, B4, B5, B6
24 GB Seis RDIMM de  Al, A2, A3, Bl, Dos Canal 24 GB
4GB B2, B3 independiente
32GB OchoRDIMM de A2,A3,A5,A6, Dos Duplicacion 16 GB
4GB B2, B3, BS5, B6
32 GB Ocho RDIMM de A2, A3, A5, A6, Dos ECC avanzada 32 GB
4GB B2, B3, B5, B6
48 GB Doce RDIMM de Al, A2, A3, A4, Dos Canal 48 GB
4GB A5, A6, Bl, B2, independiente
B3, B4, B5, B6
64 GB OchoRDIMM de A2,A3,A5, A6, Dos Duplicaciéon 32 GB
8 GB B2, B3, B5, B6
64 GB OchoRDIMM de A2,A3,A5,A6, Dos ECC avanzada 64 GB
8 GB B2, B3, B5, B6
96 GB Doce RDIMM de Al, A2, A3, A4, Dos Canal 96 GB
8 GB A5, A6, Bl, B2, independiente
B3, B4, B5, B6
128 GB OchoRDIMMde A2, A3, A5, A6, Dos Duplicaciéon 64 GB
16 GB B2, B3, BS, B6
1286 GB  OchoRDIMM de A2, A3, A5, A6, Dos ECC avanzada 128 GB
16 GB B2, B3, B5, B6
192 GB  Doce RDIMMde Al, A2, A3, A4, Dos Canal 192 GB
16 GB A5, A6, Bl, B2, independiente
B3, B4, B5, B6
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Memoria del sistema: PowerEdge M605

Puede ampliar la memoria del sistema a un maximo de 16 GB (un solo
procesador) o 32 GB (dos procesadores) mediante la instalacién de médulos
de memoria DDR2 registrada a 667 u 800 MHz en conjuntos de médulos de
512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB u 8 GB. Cada procesador tiene cuatro canales de

memoria, organizados en conjuntos de dos canales.
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llustracion 3-20. Ubicaciones de memoria: PowerEdge M605
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Pautas generales para la instalacion de médulos de memoria: PowerEdge M605

Para garantizar un rendimiento 6ptimo del sistema, aplique las pautas
siguientes al instalar la memoria del sistema:

Los médulos de memoria se deben instalar en pares de médulos DIMM
del mismo tamano, empezando por las ranuras Al y A2 (procesador 1) y Bl
y B2 (procesador 2, si estd instalado). Estas ranuras estin marcadas
mediante lengiietas extractoras de color blanco.

Todos los médulos de memoria del médulo de alta densidad deben ser
idénticos en cuanto a velocidad y tecnologia. Los mdodulos de memoria de
cada par deben tener el mismo tamaiio.

En una configuracién con dos procesadores, la memoria se debe instalar en
la misma configuracién (de forma simétrica) para ambos procesadores.

Si se instalan pares de médulos de memoria de distinto tamaiio, los
moédulos de memoria de mayor capacidad se deben instalar en las ranuras
con la numeracién mds baja.

Se admite la sustitucién de memoria si se instalan cuatro (sistemas con un
solo procesador) u ocho (sistemas con dos procesadores) médulos de
memoria.
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En la Tabla 3-11 y la Tabla 3-12 se muestran ejemplos de configuraciones de
memoria admitidas con un solo procesador y con dos procesadores.
Configuraciones de memoria con un solo procesador

A PRECAUCION: Es preciso instalar paneles de relleno para médulo de memoria
en los zdcalos de memoria vacios para mantener el flujo de aire de refrigeracion
adecuado.

Tabla 3-11. Configuraciones de memoria con un solo procesador: PowerEdge M605

Memoria CPU1

total del Ty A2 A3 A4

sistema

1 GB 512 MB 512 MB Panel de Panel de
relleno relleno

2 GB 512 MB 512 MB 512 MB 512 MB

2 GB 1 GB 1 GB Panel de Panel de
relleno relleno

4GB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB

4GB 2 GB 2 GB Panel de Panel de
relleno relleno

6 GB 2GB 2GB 1 GB 1 GB

8 GB 2 GB 2 GB 2 GB 2 GB

8§ GB 4GB 4GB Panel de Panel de
relleno relleno

12 GB 4GB 4GB 2GB 2GB

16 GB 4GB 4GB 4GB 4GB

32GB 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB
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Configuraciones de memoria con dos procesadores

A PRECAUCION: Es preciso instalar paneles de relleno para médulo de memoria
en los zdcalos de memoria vacios para mantener el flujo de aire de refrigeracion
adecuado.

Tabla 3-12. Configuraciones de memoria con dos procesadores: PowerEdge M605

Memori CPU1 CPU2

:e‘:"a' M A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4

sistema

2GB 512MB 512MB Panel  Panel |512MB 512 MB Panel  Panel de
de de de relleno
relleno  relleno relleno

4GB 512MB 512MB 512 MB 512 MB 512 MB 512 MB 512 MB 512 MB

4GB 1 GB 1 GB Panel  Panel 1 GB 1 GB Panel  Panel de
de de de relleno
relleno  relleno relleno

6 GB 1 GB 1 GB 512MB 512 MB |1 GB 1 GB 512 MB 512 MB

8 GB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB

8 GB 2 GB 2 GB Panel  Panel |2 GB 2 GB Panel  Panel de
de de de relleno
relleno  relleno relleno

12GB |2GB  2GB 1 GB 1GB |2GB 2GB 1 GB 1 GB

16GB |[2GB 2GB 2GB 2GB |2GB 2GB 2GB 2GB

16 GB |4 GB 4GB Panel  Panel |4 GB 4GB Panel  Panel de
de de de relleno
relleno  relleno relleno

24GB |4GB 4GB 2GB 2GB |4GB 4GB 2GB 2GB

32GB 4GB 4GB 4GB 4GB (4GB 4GB 4GB 4GB

64 GB* |8 GB 8 GB 8 GB 8GB |8GB 8GB 8GB 8 GB

*Si se instalan 64 GB de memoria, el sistema sdlo reconoce 63,75 GB durante la POST.
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Configuraciones de memoria no optimas

El rendimiento del sistema puede verse afectado si la configuracion de la
memoria no cumple las pautas de instalacién anteriores. El sistema puede
mostrar un mensaje de error durante el inicio que indique que la
configuracién de la memoria no es éptima.

Compatibilidad con la sustitucion de memoria: PowerEdge M605

La sustitucion de memoria se admite en los sistemas con un solo procesador o
con dos procesadores que cuentan con una de las configuraciones de memoria
totalmente ocupadas que se muestran en la Tabla 3-13. La funcién de
sustitucion de memoria se debe habilitar en la pantalla Memory Information
(Informacién de la memoria) del programa de configuracion del sistema.
Consulte "Pantalla Memory Settings" en la pdgina 160. Para utilizar la
sustitucion de memoria, debe deshabilitar el intercalado de nodos.

La sustitucién de memoria asigna sélo el primer rango de memoria de un
DIMM. En el caso de los médulos DIMM simples, toda la capacidad del
médulo DIMM se debe asignar para sustitucién junto con el médulo DIMM
simple adyacente para dar redundancia a un canal de memoria. En el caso de
un DIMM dual, también se requicren dos DIMM para la sustitucion, pero
como s6lo se asigna el primer rango de cada DIMM, dnicamente se asigna la
mitad de la capacidad de un DIMM dual para la sustitucién. Los segundos
rangos de ambos médulos DIMM son memoria disponible. En la Tabla 3-13
se muestra cémo la sustitucion de memoria divide la memoria disponible y la
memoria sustituida en cada una de las configuraciones de médulo de
memoria.
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Tabla 3-13. Configuraciones de sustitucion de memoria: PowerEdge M605

Memoria |Memoria

Procesador 1 Procesador 2 disponible |sustituida
piMmM DIMM DIMM DIMM DIMM DIMM DIMM DIMM 1CPU/2 1CPU/2
1 2 3 4 5 6 17 8 CPU CPU
512 512 512 512 512 512 512 512 1 GB/2 GB 1 GB/2 GB
MB MB MB* MB* MB MB MB* MB*
1 GB* 1GB* 512 512 1 GB* 1GB* 512 512 1 GB/2 GB 2 GB/4 GB
MB  MB MB  MB
1GB 1GB 1GB* 1GB* 1GB 1GB 1GB* 1GB* 2GB/4GB 2GB/4GB
2 GB* 2 GB* 512 512 2 GB* 2GB* 512 512 3GB/6GB 2GB/A4GB
MB  MB MB  MB
2GB 2GB 1GB* 1GB* 2GB 2GB 1GB* 1GB* 4GB/SGB 2 GB/4 GB
2GB 2GB 2GB* 2GB* 2GB 2GB 2GB* 2GB* 6GB/12 2GB/M4GB
GB
4GB* 4 GB* 512 512 4 GB* 4GB* 512 512 5GB/10  4GB/SGB
MB  MB MB MB GB
4GB* 4GB* 1GB 1GB 4GB* 4GB* 1GB 1GB 6GB/12 4 GB/SGB
GB
4GB* 4GB* 2GB 2GB 4GB* 4GB* 2GB 2GB 8GB/16  4GB/SGB
GB
4GB 4GB 4GB* 4GB* 4GB 4GB 4GB* 4GB* 12 GB/24 4 GB/SGB

GB

Indica un médulo DIMM simple para sustitucion (512 MB o 1 GB). Toda la capacidad de este
DIMM esta reservada para la sustitucion.

Indica un médulo DIMM dual para sustitucion (2 GB y superior). La mitad de la capacidad
de este DIMM esta reservada para la sustitucion.
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Memoria del sistema: PowerEdge M600

Puede ampliar la memoria del sistema a un mdximo de 32 GB mediante la
instalaciéon de médulos DIMM con bufer completo (FB-DIMM) DDRII
registrados a 667 MHz. Se admiten médulos de memoria de 512 MB, 1 GB,
2GB, 4GBy 8 GB.

Los zdcalos de médulo de memoria se dividen en dos bifurcaciones iguales (0 y
1). Cada bifurcacién consta de dos canales y cada canal consta de dos zdcalos de
modulo de memoria:

*  FEl canal 0 de la bifurcacién 0 contiene las ranuras 1 y 5.
* Flcanal 1 de la bifurcacion 0 contiene las ranuras 2 y 6.
* Fl canal 2 de la bifurcacién 1 contiene las ranuras 3y 7.
* Fl canal 3 de la bifurcacién 1 contiene las ranuras 4 y 8.

El primer z6calo DIMM de cada canal cuenta con lengtictas de liberacion
blancas.

En la Hustracién 3-21 se muestra la ubicacién de los zécalos de médulo de
memoria.

llustracion 3-21. Ubicaciones de memoria: PowerEdge M600

[RERERE
el b Tt
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Pautas generales para la instalacion de médulos de memoria: PowerEdge M600

Para garantizar un rendimiento éptimo del sistema, aplique las pautas
siguientes al configurar la memoria del sistema:

Los médulos de memoria deben instalarse en pares de médulos DIMM del
mismo tamaiio. El nimero total de mdédulos de memoria debe ser igual a
dos, cuatro u ocho.

No se admiten seis médulos.

Todos los médulos de memoria del médulo de alta densidad deben ser
idénticos en cuanto a velocidad y tecnologia. Los médulos de memoria de
cada par deben tener el mismo tamaiio.

Para conseguir el mejor rendimiento del sistema, todos los médulos de
memoria deben tener el mismo tamano de memoria, velocidad y
tecnologia.

Para la sustitucién de memoria y la duplicacién de memoria se requieren
ocho médulos de memoria del mismo tamariio, velocidad y tecnologia.

No es posible implementar la sustitucién de memoria y la duplicacién de
memoria a la vez.

En la Tabla 3-14 se muestran ejemplos de configuraciones de memoria
admitidas.

JAN

PRECAUCION: Es preciso instalar paneles de relleno para modulo de memoria
en los zdcalos de memoria vacios para mantener el flujo de aire de refrigeracion
adecuado.

Tabla 3-14. Ejemplos de configuraciones de memoria: PowerEdge M600

Memori Rangos

atotal |[1 2 3 4 5 6 1 8

1 GB 512MB 512 MB Panel  Panel  Panel  Panel  Panel  Panel de

2GB

2GB

4GB

de de de de de relleno
relleno relleno relleno relleno relleno
512MB 512MB 512 MB 512 MB Panel  Panel  Panel  Panelde
de de de relleno
relleno relleno relleno
1 GB 1 GB Panel  Panel  Panel  Panel  Panel  Panelde
de de de de de relleno
relleno relleno relleno relleno relleno
512MB 512 MB 512MB 512 MB 512MB 512 MB 512 MB 512 MB
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Tabla 3-14. Ejemplos de configuraciones de memoria: PowerEdge M600

Memori Rangos

atotal |1 2 3 4 5 6 17 8

4GB 1 GB 1 GB 1 GB 1GB  Panel Panel Panel  Panelde
de de de relleno

relleno relleno relleno

8 GB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 1GB 1 GB 1 GB 1 GB

8 GB 2 GB 2 GB 2 GB 2 GB Panel  Panel  Panel  Panelde
de de de relleno
relleno relleno relleno

16GB |2GB 2GB 2GB 2GB 2GB 2GB 2GB 2GB
16 GB |4GB 4GB 4GB 4GB Panel  Panel  Panel  Panel de
de de de relleno
relleno  relleno  relleno

32GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB

Configuraciones de memoria no dptimas

El rendimiento del sistema puede verse afectado si la configuracion de la
memoria no cumple las pautas de instalacion anteriores. Fl sistema puede
mostrar un mensaje de error durante el inicio que indique que la
configuracién de la memoria no es éptima.

Compatibilidad con la sustitucion de memoria: PowerEdge M600

Para la sustitucién de memoria se requieren ocho médulos de memoria
idénticos. Asimismo, se debe habilitar la funcién de sustitucién de memoria en
el programa de configuracién del sistema, y sélo se puede utilizar si la
duplicacién de memoria no estd habilitada.

En la Tabla 3-15 se muestra cémo la sustituciéon de memoria divide la
memoria disponible y la memoria sustituida en cada una de las
configuraciones de médulo de memoria.
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Tabla 3-15. Configuraciones de sustitucion de memoria: PowerEdge M600

DIMM Tamaiio/tipo Memoria total Disponible  Sustitucion
8 512 MB 4GB 2CGB 2CGB
8§ 1 GB simple 8 GB 4GB 4GB
8§ 2 GB dual 16 GB 12 GB 4GB
8 4 GB dual 32 GB 24 CGB 8§ GB

Compatibilidad con la duplicacion de memoria: PowerEdge M600

El sistema admite la duplicacién de memoria si hay ocho médulos de memoria
idénticos instalados. La duplicacién de memoria se debe habilitar en el
programa de configuracién del sistema, y s6lo se puede utilizar si la sustitucién
de memoria no estd habilitada. En una configuracion duplicada, la memoria
total disponible del sistema es igual a la mitad de la memoria total instalada.

Instalacion de modulos de memoria

A AVISO: Los modulos de memoria permanecen calientes durante un tiempo tras

apagar el modulo de alta densidad. Antes de manipularlos, deje transcurrir tiempo
suficiente para que se enfrien. Sujete los médulos de memoria por los bordes de la
tarjeta y evite tocar los componentes.

Extraiga el médulo de alta densidad. Consulte "Extracciéon de un médulo
de alta densidad" en la pdgina 179.

Abra el médulo de alta densidad. Consulte "Apertura del médulo de alta
densidad" en la pdgina 183.

Localice los zécalos de médulo de memoria. Consulte lustracién 7-13 o
[ustracion 7-12.

Sélo para los sistemas Powerkidge M910 y M905: debe volver a colocar la
placa base en el chasis del médulo de alta densidad para acceder a los
z6calos de memoria B1-B8 y D1-D§ (para M910) y C1-C4 y D1-D4 (para
M905). Consulte del paso 1 al paso 8 en "Extraccién de la placa base" en la
pdgina 305.

Presione los expulsores del z6calo de médulo de memoria hacia abajo y
hacia fuera, como se muestra en la llustracion 3-22, para que el médulo de
memoria pueda insertarse en el zdcalo.
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Si hay un panel de relleno para médulo de memoria instalado en el zdcalo,
extraigalo.

llustracion 3-22. Instalacion y extraccion de un médulo de memoria o un panel de
relleno para maodulo de memoria

ol W =

Médulo de memoria 2 Conector de borde
Expulsores (2) 4 Zocalo
Guia de alineamiento

Alinee el conector de borde del médulo de memoria con la guia de
alineamiento del zdcalo e inserte el modulo de memoria en el zécalo.

g NOTA: El zdcalo de mddulo de memoria dispone de una guia de alineamiento
que solo permite instalar el médulo en una dnica direccion.

Presione el médulo de memoria con los pulgares para fijarlo en el zdcalo.

Cuando el mddulo de memoria estd encajado correctamente en el zécalo,
los expulsores del zécalo estan alineados con los expulsores de los otros
z6calos que tienen instalados médulos de memoria.

Repita del paso 5 al paso 7 de este procedimiento para instalar los médulos
de memoria restantes. En la Tabla 3-14, 1a Tabla 3-11 o la Tabla 3-12 se
muestran ejemplos de configuraciones de memoria.

Sélo para los sistemas Powerldge M910 y M905: s ha extraido la placa base

para acceder a los mdédulos de memoria, vuelva a instalarla.
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Cierre el médulo de alta densidad. Consulte "Cierre del médulo de alta
densidad" en la pdgina 185.

Instale el médulo de alta densidad. Consulte "Instalacién de un médulo de
alta densidad" en la pdgina 182.
(Opcional) Pulse <I'2> para abrir el programa de configuracién del

sistema y compruebe el valor de System Memory (Memoria del sistema)
en la pantalla principal de System Setup (Configuracién del sistema).

El sistema deberia haber cambiado ya el valor para reflejar la nueva
memoria instalada.

Si el valor es incorrecto, es posible que uno o varios de los médulos de
memoria no estén instalados correctamente. Compruebe que los médulos
de memoria estén bien encajados en sus zécalos.

Ejecute la prueba de la memoria del sistema incluida en los diagnésticos
del sistema. Consulte "Ejecucion de los diagndsticos del sistema” en la
pégina 359.

Extraccion de modulos de memoria

A AVIS0: Los DIMM permanecen calientes durante un tiempo tras apagar el

modulo de alta densidad. Antes de manipularlos, deje transcurrir tiempo
suficiente para que se enfrien. Sujete los DIMM por los bordes de la tarjeta y evite
tocar sus componentes.

Extraiga el médulo de alta densidad. Consulte "Extraccién de un médulo
de alta densidad" en la pdgina 179.

Abra el médulo de alta densidad. Consulte "Apertura del médulo de alta
densidad" en la pdgina 183.

Localice los zécalos de mddulo de memoria. Consulte [ustracién 7-13 o
[lustracién 7-12.

Sélo para los sistemas Powerkidge M910 y M905: debe volver a colocar la
placa base en el chasis del médulo de alta densidad para acceder a los
z6calos de memoria B1-B8 y D1-D8 (para M910) y C1-C4 y D1-D4 (para
M905). Consulte del paso 1 al paso 9 en "Extraccion de la placa base" en la
pdgina 305.

Presione hacia abajo y hacia fuera los expulsores de cada extremo del
zo6calo hasta que el mdodulo de memoria se expulse del zocalo. Consulte
[lustracién 3-22.
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Sélo para los sistemas Powerlidge M910 y M905: s ha extraido la placa base
para acceder a los médulos de memoria, vuelva a instalarla.

Cierre el médulo de alta densidad. Consulte "Cierre del médulo de alta
densidad" en la pdgina 185.

Instale el médulo de alta densidad. Consulte "Instalacién de un médulo de
alta densidad” en la pdgina 182.

Tarjeta de interfaz intermedia (solo PowerEdge
M610x)

La tarjeta de interfaz intermedia se instala en los conectores MEZZ1 _FAB_C
y MEZZ2_FAB_B de la placa base y proporciona conectividad entre la tarjeta
vertical de expansién PCle y la placa base.

Extraccion de la tarjeta de interfaz intermedia

1

240

Extraiga el médulo de alta densidad. Consulte "Extraccién de un médulo
de alta densidad" en la pdgina 179.

Abra el médulo de alta densidad. Consulte "Apertura del médulo de alta
densidad" en la pdgina 183.

Desconecte los cables de datos de los conectores para tarjetas de interfaz.

Para desconectar un cable de datos, presione el pestillo de liberacién del
conector, presione hacia dentro ligeramente y luego presione hacia fuera
para liberar el conector del cable del conector para tarjetas de interfaz.

Extraiga el seguro para la administracién de cables de la pared interior del
chasis. Consulte Ilustracion 3-12.

Abra el seguro de retencién de la tarjeta presionando con el pulgar el drea
acanalada del pestillo y levantando su extremo. Consulte Ilustracion 3-23.

% NOTA: Sujete siempre la tarjeta de interfaz intermedia por los bordes.
Levante la tarjeta de interfaz para extraerla de la placa base.
Cierre el seguro de retencion de la tarjeta.

Cierre el médulo de alta densidad. Consulte "Cierre del médulo de alta
densidad" en la pdgina 185.
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llustracion 3-23. Extraccion e instalacion de la tarjeta de interfaz intermedia (solo
PowerEdge M610x)

1 Tarjeta de interfaz intermedia 2 Seguro para la administracion de
cables
3 Seguro de retencion de la tarjeta 4 Conector para tarjetas intermedias (2)

5 Conector del cable de datos (2) 6 Ranura del seguro de retencion
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Instalacion de la tarjeta de interfaz intermedia

1

10
1"

12

Extraiga el médulo de alta densidad. Consulte "Extraccién de un médulo
de alta densidad" en la pagina 179.

Abra el médulo de alta densidad. Consulte "Apertura del médulo de alta
densidad" en la pdgina 183.

Abra el seguro de retencion de la tarjeta presionando con el pulgar el drea
acanalada del pestillo y levantando su extremo. Consulte Ilustracion 3-23.

Si estd instalada, extraiga la cubierta del conector del compartimiento para
tarjetas de interfaz.

Q NOTA: Sujete siempre la tarjeta de interfaz intermedia por los bordes.

Oriente la tarjeta de interfaz de forma que los conectores de la parte
inferior estén alineados con los zdcalos correspondientes de la placa base.

Inserte el extremo del seguro de retencién en la ranura correspondiente de
la tarjeta de interfaz.

Baje la tarjeta de interfaz hasta que quede bien asentada en su lugar y el
gancho de plastico del borde externo de la tarjeta encaje en el lateral del
chasis del médulo de alta densidad.

Cierre el seguro de retencion de la tarjeta para fijar la tarjeta de interfaz.

Inserte el seguro para la administracién de cables en la pared interna del
chasis y coloque los cables de datos correctamente. Consulte
[Nustracién 3-37.

Conecte los cables de datos a los conectores para tarjetas de interfaz.

Cierre el médulo de alta densidad. Consulte "Cierre del médulo de alta
densidad" en la pdgina 185.

Instale el médulo de alta densidad. Consulte "Instalacién de un médulo de
alta densidad" en la pagina 182.

Tarjetas intermedias del modulo de E/S

Los médulos de alta densidad admiten varias tarjetas intermedias opcionales.
Si estdn instaladas, las tarjetas intermedias se deben utilizar junto con
madulos de F/S coincidentes. Para obtener mds informacion sobre los
modulos de E/S, consulte "Pautas para la instalacién de médulos de E/S" en la
pagina 59.
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Pautas para la instalacion de tarjetas intermedias

Madulos de alta densidad de altura completa

Los médulos de alta densidad de altura completa admiten hasta cuatro
tarjetas intermedias.

Q NOTA: Aunque PowerEdge M610x es un mddulo de alta densidad de altura
completa, solo hay disponibles dos ranuras para tarjeta intermedia (MEZZ1_Fab_C1
y MEZZ2_FAB_B1) en el compartimiento de expansion. Las otras dos ranuras de la
placa base (MEZZ1_FAB_C y MEZZ2_FAB_B) estan ocupadas por la tarjeta de
interfaz intermedia, que proporciona conectividad entre la tarjeta vertical de
expansion PCle y la placa base.

* Laranura 1 yla ranura 3 admiten la red Fabric C. Deben coincidir con el
tipo de red Fabric de los médulos de E/S instalados en los compartimientos
para médulos de E/S Cly C2.

* Laranura 2 y la ranura 4 admiten la red Fabric B. Deben coincidir con el
tipo de red Fabric del médulo de E/S instalado en los compartimientos
para médulos de E/S Bl y B2.

A PRECAUCION: Unicamente en el caso de PowerEdge M610x, no es posible
instalar una tarjeta intermedia bifurcada (que utiliza dos controladoras PCle x4
independientes) en la ranura MEZZ1_FAB_C1 a menos que se instale también una
tarjeta intermedia bifurcada en la ranura MEZZ2_FAB_B1 o que no se instale
ninguna tarjeta intermedia en MEZZ2_FAB_B1. El BIOS se detiene durante la POST
si se detecta una configuracion de tarjeta intermedia no admitida.

[E4 NOTA: Las tarjetas intermedias Ethernet de cuatro puertos estan bifurcadas.

Q NOTA: No es necesario que las cuatro ranuras para tarjeta intermedia estén
ocupadas.

Si un mdédulo de alta densidad requiere compatibilidad con una red Fabric
determinada y sélo se necesitan dos conexiones de puerto de E/S externas,
bastard con una tnica tarjeta intermedia. Por ¢jemplo, un médulo de E/S
Fibre Channel en el compartimiento de E/S C1 o C2 sélo requiere una tarjeta
intermedia Fibre Channel en la ranura 1 o la ranura 3 del médulo de alta
densidad.

Siun médulo de alta densidad no requiere compatibilidad con una red Fabric
determinada, no se necesita ninguna tarjeta intermedia en ninguna de las
ranuras para tarjeta intermedia correspondientes.
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Tipos de tarjetas admitidas

*  Powerlidge M915 admite tarjetas intermedias SFI” en las cuatro ranuras.
Sc admiten tarjetas x8 PCle Gen 2.

*  PowerEdge M910 admite tarjetas intermedias SFF en las cuatro ranuras.
Se admiten tarjetas PCle x8 Gen 1 y PCle x8 Gen 2.

*  Powerlidge M905 y M805 admiten tarjetas intermedias PCle x8 Gen 1
LFF en las cuatro ranuras.

*  Powerlidge M710 admite tarjetas intermedias SFF y LIF en las cuatro
ranuras. Se admiten tarjetas PCle x8 Gen 1 y PCle x4 Gen 2.

*  PowerEdge M610x admite dos tarjetas intermedias de factor de forma
pequenio (SFF). Se admiten tarjetas PCle x8 Gen 1 y PCle x8 Gen 2.

Médulos de alta densidad de media altura
Los médulos de alta densidad de media altura admiten dos tarjetas

intermedias:

* Laranura C para tarjeta intermedia admite la red Fabric C. Esta tarjeta
debe coincidir con el tipo de red Fabric de los médulos de E/S instalados
en los compartimientos para médulos de E/S Cly C2.

* Laranura B para tarjeta intermedia admite la red Fabric B. Esta tarjeta
debe coincidir con el tipo de red Fabric de los médulos de E/S instalados
en los compartimientos para médulos de F/S Bl y B2.

Tipos de tarjetas admitidas

*  Powerlidge M710HD admite tarjetas intermedias SFF y LFE Se admiten

tarjetas PCle x8 Gen 1 y PCle x4 Gen 2.

*  PowerEldge M610 admite dos tarjetas intermedias SFI o una tarjeta
intermedia SFF y una tarjeta intermedia LFF. Se admiten tarjetas PCle x8
Gen 1y PCle x4 Gen 2.

*  PowerEdge M605 y M600 admiten dos tarjetas intermedias PCle x8 Gen 1
LFE

Instalacion de una tarjeta intermedia

1 Extraiga el médulo de alta densidad. Consulte "Extraccién de un médulo
de alta densidad" en la pagina 179.
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2 Abra el mddulo de alta densidad. Consulte "Apertura del mddulo de alta
densidad" en la pdgina 183.

3 Abra el pestillo de la tarjeta intermedia presionando con el pulgar el drea
acanalada del pestillo y levantando su extremo. Consulte Ilustracion 3-24 o
[ustracion 3-25.

llustracion 3-24. Instalacion y extraccion de una tarjeta intermedia: Modulos de alta
densidad de altura completa

1 Tarjeta intermedia 1 de red FabricC 2 Tarjeta intermedia 2 de red Fabric B
opcional opcional

3 Tarjeta intermedia 3 de red FabricC 4 Tarjeta intermedia 4 de red Fabric B
opcional opcional

5 Seguro de retencion 6 Conector para tarjetas intermedias

7 Tarjeta intermedia
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llustracion 3-25. Instalacion y extraccion de una tarjeta intermedia: Médulos de alta
densidad de media altura

246

Ranura para tarjeta intermedia de 2 Ranura para tarjeta intermedia de
red Fabric C red Fabric B

Tarjeta intermedia 4 Conector para tarjetas intermedias

Seguro de retencion

Si estd instalada, extraiga la cubierta del conector del compartimiento para
tarjetas intermedias.

% NOTA: Sujete siempre |a tarjeta intermedia por los bordes.
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Las tarjetas intermedias estan disefiadas para encajar en cualquiera de las
ranuras para tarjeta. Gire la tarjeta para alinear el conector situado en la
parte inferior de la tarjeta intermedia con el zécalo correspondiente de la
placa del médulo de alta densidad.

Baje la tarjeta hasta que quede bien asentada en su lugar y el gancho de
pldstico del borde externo de la tarjeta encaje en el lateral del chasis del
modulo de alta densidad.

Cierre el seguro de retencién para fijar la tarjeta intermedia.

Cierre el médulo de alta densidad. Consulte "Cierre del médulo de alta
densidad" en la pdgina 185.

Instale el médulo de alta densidad. Consulte "Instalacién de un médulo de
alta densidad" en la pdgina 182.

Extraccion de una tarjeta intermedia

1

Extraiga el médulo de alta densidad. Consulte "Extraccién de un médulo
de alta densidad" en la pagina 179.

Abra el médulo de alta densidad. Consulte "Apertura del mddulo de alta
densidad" en la pdgina 183.

Abra el pestillo de la tarjeta intermedia presionando con el pulgar el drea
acanalada del pestillo y levantando su extremo. Consulte [lustracion 3-25.

g NOTA: Sujete siempre la tarjeta intermedia por los bordes.
Levante la tarjeta intermedia para extraerla de la placa base.
Cierre el seguro de retencién.

Cierre el médulo de alta densidad. Consulte "Cierre del médulo de alta
densidad" en la pdgina 185.

Instale el médulo de alta densidad. Consulte "Instalacién de un médulo de
alta densidad" en la pdgina 182.
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Tarjeta SD

PowerEdge M905 y M805

En estos médulos de alta densidad, la tarjeta SD es una tarjeta de
almacenamiento persistente no administrado.
Se puede instalar un hypervisor con esta tarjeta.

1 Extraiga el médulo de alta densidad. Consulte "Extraccién de un médulo
de alta densidad" en la pdgina 179.

2 Instale la tarjeta SD en la ranura para tarjeta inferior. Consulte
[ustracion 3-26.

3 Instale el médulo de alta densidad. Consulte "Instalacién de un médulo de
alta densidad" en la pagina 182.

llustracion 3-26. Instalacion y extraccion de una tarjeta SD (PowerEdge M905 y M805)
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1 Tarjeta SD 2 Conector para tarjetas SD

PowerEdge M915, M910, M710, M710HD, M610 y M610x

En estos médulos de alta densidad, la tarjeta SD es una tarjeta de
almacenamiento persistente no administrado. Se puede instalar un hypervisor
con esta tarjeta.

Q NOTA: En PowerEdge M915, M910y M710HD, puede configurarse la tarjeta VFlash
iDRACS con la funcion IDSDM (médulo SD dual interno) junto con la tarjeta SD
estableciendo la opcion Redundancy (Redundancia) en el modo Mirror
(Duplicacion) en la pantalla Integrated Devices (Dispositivos integrados) del
programa de configuracion del sistema. Cuando se habilita la funcion IDSDM, se
deshabilita la funcionalidad VFlash de la tarjeta VFlash iDRACS.

Q NOTA: En IDSDM (s6lo PowerEdge M915, M910 y M710HD), |a tarjeta SD instalada
en la ranura inferior es la tarjeta principal (SD1) y |a tarjeta SD instalada en la
ranura superior es la tarjeta secundaria (SD2).

1 Extraiga el médulo de alta densidad. Consulte "Extraccién de un médulo
de alta densidad" en la pdgina 179.

2 Instale la tarjeta SD en la ranura para tarjeta inferior. Consulte
[ustracion 3-27.

3 Instale el médulo de alta densidad. Consulte "Instalaciéon de un médulo de
alta densidad" en la pdgina 182.
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llustracion 3-27. Instalacion y extraccion de una tarjeta SD (PowerEdge M915, M910,
M710, M710HD, M610 y M610x)

1 Tarjeta SD en la ranura para tarjeta 2 Tarjeta iDRAC6 Enterprise
inferior

Tarjeta VFlash SD (sélo PowerEdge M915, M910,
M710, M710HD, M610 y M610x)

Q NOTA: En PowerEdge M915, M910 y M710HD, puede configurarse la tarjeta VFlash
iDRACS con la funcion IDSDM (modulo SD dual interno) junto con la tarjeta SD
estableciendo la opcion Redundancy (Redundancia) en el modo Mirror
(Duplicacion) en la pantalla Integrated Devices (Dispositivos integrados) del
programa de configuracion del sistema. Cuando se habilita la funciéon IDSDM, se
deshabilita la funcionalidad VFlash de la tarjeta VFlash iDRACS.

Q NOTA: En IDSDM (s6lo PowerEdge M915, M910 y M710HD), la tarjeta SD instalada
en la ranura inferior es la tarjeta principal (SD1) y |a tarjeta SD instalada en la
ranura superior es la tarjeta secundaria (SD2).

La tarjeta VFlash SD se conecta a la tarjeta iDRACO Enterprise en la esquina
posterior del médulo de alta densidad.

1 Extraiga el médulo de alta densidad. Consulte "Extraccién de un médulo
de alta densidad" en la pagina 179.

2 Instale la tarjeta VFlash SD en la ranura para tarjeta superior. Consulte
[lustracion 3-28.

250 | Instalacion de los componentes del mddulo de alta densidad



3 Instale el médulo de alta densidad. Consulte "Instalacién de un médulo de
alta densidad" en la pagina 182.

llustracion 3-28. Instalacion y extraccion de una tarjeta VFlash SD (PowerEdge M915,
M910, M710, M710HD, M610 y M610x)

1

\

1 Tarjeta VFlash SD enlaranurapara 2  Tarjeta iDRAC6 Enterprise
tarjeta superior

Bateria RAID

La informacién de esta seccion solo se aplica a los sistemas con tarjetas
controladoras PERC opcionales sin una unidad de bateria de reserva integral.

g NOTA: En PowerEdge M710, M610 y M610x, los conectores de la bateria RAID se
encuentran en la placa base. Para localizar los conectores para la bateria RAID en
la placa base, vea la ilustracion correspondiente en "Conectores de la placa base"
en la pagina 372.

Extraccion de una bateria RAID

1 Extraiga el médulo de alta densidad. Consulte "Extraccién de un médulo
de alta densidad" en la pagina 179.

2 Abra el sistema. Consulte "Apertura del médulo de alta densidad” en la
pagina 183.
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3 Presione la lengiieta del conector del cable de la bateria RAID y tire del

conector del cable para extraerlo del conector de la tarjeta de
almacenamiento. Consulte llustracion 3-29.

Extraiga la bateria.

Para los sistemas con portabateria:

a  Tire de la lengticta de liberacién del portabateria y levante el
portabateria para extraerlo de sus ranuras en el chasis. Consulte
HNustracién 3-29.

b Tire hacia atrs con cuidado de las dos lengiictas que fijan la bateria
RAID y extraiga la bateria RAID del portabateria. Consulte
[Nustracién 3-29.

En PowerEdge M910, deslice la baterfa para liberar las lengtietas de la

bateria RAID del portabaterfa en la placa base y levante la bateria RAID
para extraerla de la placa base (consulte Ilustracion 3-30).

En los sistemas sin portabateria (PowerEdge M710, M610 y M610x),
deslice la bateria para liberar las lengiietas de la bateria RAID de los
separadores metélicos en la placa base y levante la bateria RAID para
extraerla de la placa base (consulte llustracion 3-31 y llustracion 3-32).
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llustracion 3-29. Extraccion o instalacion de la bateria RAID

1 Cable de la bateria RAID 2  Bateria RAID
3 Portabateria 4 Lenglietas (2)
5 Ranuras(2)
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llustracion 3-30. Extraccion o instalacion de la bateria RAID (sélo M915 y M910)

1 Cable de la bateria RAID 2 Bateria RAID

3 Portabateria 4 Tarjeta controladora de
almacenamiento
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llustracion 3-31. Extraccion o instalacion de la bateria RAID (solo M710)

1 Cable de la bateria RAID 2 Bateria RAID
3 Lengiietas (3) 4 Separadores metalicos

5  Tarjeta controladora de
almacenamiento
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llustracion 3-32. Extraccion o instalacion de la bateria RAID (sélo PowerEdge
M610/M610x)

1 Cable de |a bateria RAID 2  Bateria RAID
3 Lengiietas (3) 4 Separadores metalicos (3)

5  Tarjeta controladora de
almacenamiento
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Instalacion de la bateria RAID

1

Inserte la bateria.

Para los sistemas con portabateria:

a Inserte la bateria RAID en el portabateria. Consulte [lustracién 3-29.

b  Alinee las lengiictas del portabateria con las ranuras de portabateria

del chasis.

¢ Inserte el portabaterfa en las ranuras de portabateria hasta que se
asiente en su lugar. Consulte Ilustracién 3-29.

En Powerlidge M910), inserte la baterfa para fijar las lengtietas de la bateria
RAID en el portabateria de la placa base (consulte Ilustracién 3-30).

En PowerEdge M710, M610 y M610x, inserte la bateria para fijar las
lengtictas de la bateria RAID a los separadores metalicos de la placa base
(consulte llustracion 3-31 y llustraciéon 3-32).

Conecte ¢l cable de la bateria al conector de la tarjeta de almacenamiento.

Cierre el sistema. Consulte "Cierre del médulo de alta densidad" en la
pdgina 185.

Instale el médulo de alta densidad. Consulte "Instalacién de un médulo de
alta densidad" en la pagina 182.
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Llave de hardware NIC integrada

Las funciones de hardware de las NIC integradas del médulo de alta densidad
se habilitan mediante la instalaciéon de una llave de hardware NIC en el zécalo
de la placa base (consulte "Conectores de la placa base" en la pagina 372).

[E4 NOTA: Para poder disponer de todas las funciones de la NIC también se requiere
compatibilidad con el sistema operativo.

llustracion 3-33. Instalacion de una llave de hardware NIC

%/ 1
@/

1 Llave de hardware NIC 2 Conector de la placa base

Memoria USB interna (solo PowerEdge M915,
M910, M710, M710HD, M610 y M610x)

Estos médulos de alta densidad proporcionan un conector USB interno para
una memoria flash USB. La memoria USB se puede utilizar como dispositivo
de inicio, llave de seguridad o dispositivo de almacenamiento masivo. Para
utilizar el conector USB interno, la opcién Internal USB Port (Puerto USB
interno) debe estar habilitada en la pantalla Integrated Devices (Dispositivos
integrados) del programa de configuracién del sistema.
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Para iniciar desde la memoria USB, debe configurarla con una imagen de
inicio y luego especificarla en la secuencia de inicio mediante el programa de
configuracién del sistema. Consulte "Pantalla Boot Settings" en la pdgina 164.
Para obtener informacion sobre cdmo crear un archivo de inicio en la
memoria USB, consulte la documentacién del usuario incluida con la
memoria USB.

A PRECAUCION: Para evitar que se produzcan interferencias con otros
componentes del médulo de alta densidad, las dimensiones maximas permitidas
para la memoria USB son 15,9 mm de ancho x 57,15 mm de largo x 7,9 mm de alto.

llustracion 3-34. Instalacion de una memoria USB

2

N
Y

1 Conector de memoria USB en la 2 Memoria USB
placa base (PowerEdge M915, M915
y M910) o en el plano posterior
(PowerEdge M710HD, M610 y M610x)

Tarjeta secundaria de red/tarjeta vertical de LOM
(s6lo PowerEdge M915 y M710HD)

Extraccion de la tarjeta vertical de LOM

1 Extraiga el médulo de alta densidad. Consulte "Extraccién de un médulo
de alta densidad" en la pdgina 179.

2 Abra el mddulo de alta densidad. Consulte "Apertura del mddulo de alta
densidad" en la pagina 183.
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3 Quite los tres tornillos que fijan la tarjeta vertical de LOM a la placa base.
Consulte Ilustracion 3-35.

Levante la tarjeta de la placa base.

Cierre el médulo de alta densidad. Consulte "Cierre del médulo de alta
densidad" en la pdgina 185.

6 Instale el médulo de alta densidad. Consulte "Instalacién de un médulo de
alta densidad" en la pagina 182.

llustracion 3-35. Extraccion o instalacion de la tarjeta de red integrada

1 3

1 Tornillo (3) 2 Tarjeta vertical de LOM
3 Conector para tarjetas verticales de
LOM

Instalacion de la tarjeta vertical de LOM

1 Extraiga el médulo de alta densidad. Consulte "Extraccién de un médulo
de alta densidad" en la pagina 179.
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Abra el médulo de alta densidad. Consulte "Apertura del médulo de alta
densidad" en la pdgina 183.

Instale la tarjeta secundaria de red.

a  Coloque la tarjeta en su sitio hasta que su conector encaje en el
conector correspondiente de la placa base. Consulte Ilustracion 3-35.

b  Fije la tarjeta con los tres tornillos.

Apriete los tornillos para fijar la tarjeta a la placa base. Consulte
[lustracion 3-35.

Cierre el médulo de alta densidad. Consulte "Cierre del médulo de alta
densidad" en la pdgina 185.

Instale el médulo de alta densidad. Consulte "Instalacién de un médulo de
alta densidad" en la pagina 182.

Tarjetas de expansion y tarjeta vertical de
expansion (solo PowerEdge M610x)

Pautas para la instalacion de tarjetas de expansion

El sistema admite hasta dos tarjetas de expansion PCle de segunda generacién
instaladas en los conectores de la tarjeta vertical de expansién. Para localizar
los conectores para tarjetas de expansién en la tarjeta vertical de expansién,
consulte Ilustracién 3-39.

Las ranuras de expansién admiten tarjetas de altura completa, de longitud
completa, de doble ancho o de ancho sencillo.

El consumo de energia de cada tarjeta de expansion puede ser de 250 W
€Omo maximo.

Q NOTA: Si sdlo hay instalada una tarjeta de expansion PCle, su consumo de
energia puede ser de 300 W como maximo.

Las dos ranuras de expansién son conectores x16.

No instale una tarjeta de expansion en la ranura 2 si hay una tarjeta de
doble ancho instalada en la ranura 1.
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Instalacién de una tarjeta de expansion

A PRECAUCION: Muchas de las reparaciones sélo pueden realizarlas los técnicos
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de servicio autorizados. El usuario debe llevar a cabo linicamente las tareas de
solucion de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en la
documentacion del producto o indicadas por el personal de servicio y asistencia
en linea o telefonica. La garantia no cubre los dafios ocasionados por
reparaciones que Dell no haya autorizado. Lea y siga las instrucciones de
seguridad entregadas con el producto.

Desembale la tarjeta de expansion y preparela para la instalacion.

Para obtener instrucciones al respecto, consulte la documentacién incluida
con la tarjeta.

Abra el médulo de alta densidad. Consulte "Apertura del médulo de alta
densidad" en la pdgina 183.

Extraiga el panel de relleno para tarjetas de expansion, si estd instalado.

a  Afloje el tornillo cautivo y gire el seguro de retencion del cubrerranuras
para abrirlo. Consulte Ilustracion 3-36.

b  Gire el seguro de retencién de la tarjeta de expansién hacia fuera del
panel de relleno hasta que se asiente en su lugar bajo la lengiicta de
fijacion. Consulte llustracion 3-36.

¢ Sujete el panel de relleno para tarjetas de expansion y extrdigalo del
conector para tarjetas de expansion. Consulte Ilustracion 3-36.

Extraiga el cubrerranuras metalico del médulo de alta densidad.

Localice el conector para tarjetas de expansion en la tarjeta vertical.

Sujete la tarjeta por los bordes y coléquela de modo que el conector de
borde de tarjeta quede alineado con el conector para tarjetas de expansion.

Inserte firmemente el conector de borde de tarjeta en el conector para
tarjetas de expansion hasta que encaje por completo.

Adicionalmente, para la tarjeta NVIDIA M1060 GPGPU, empuje ¢l
bloqueo de transporte hacia arriba y asiéntelo en su lugar. El bloqueo de
transporte y la lengiieta de bloqueo estdn presentes en los sistemas
instalados con una tarjeta NVIDIA M1060 GPGPU.
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8 Levante la lengiieta de liberacién del pestillo y gire el seguro de retencién
de la tarjeta de expansion hacia la tarjeta de expansion. El seguro de
retencion mantiene la tarjeta de expansion de altura completa en su sitio.
Consulte llustracion 3-36.

9 Cierre el seguro de retencién del cubrerranuras y apricte el tornillo cautivo.
Consulte Ilustracién 3-36.
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llustracion 3-36. Instalacion y extraccion de una tarjeta de expansion (sélo
PowerEdge M610x)

1 2

8
1 Seguro de retencion de latarjetade 2  Bloqueo de transporte
expansion
3 Lengiieta de bloqueo 4  Lengiieta de fijacion
5  Conector para tarjetas de expansion 6  Seguro de retencion del
(2) cubrerranuras
7 Cubrerranuras 8  Tornillo cautivo

9  Chapa de pantalla
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10

1"

12

13

Conecte los cables a la tarjeta de expansion. Consulte llustracion 3-37 y
[lustracion 3-38.

Q NOTA: Pase los cables de datos que conectan la tarjeta vertical de
expansion a la tarjeta de interfaz intermedia por el seguro para la administracion de
cables para garantizar que la cubierta del chasis pueda desplazarse sin obstaculos
cuando cierre el modulo de alta densidad. Consulte llustracion 3-37.

Cierre el médulo de alta densidad. Consulte "Cierre del médulo de alta
densidad" en la pdgina 185.

Instale el médulo de alta densidad. Consulte "Instalacién de un médulo de
alta densidad" en la pdgina 182.

Encienda el médulo de alta densidad e instale los controladores de
dispositivo necesarios para la tarjeta como se describe en la
documentacién de la tarjeta.

Extraccion de una tarjeta de expansion

A PRECAUCION: Muchas de las reparaciones sélo pueden realizarlas los técnicos

de servicio autorizados. El usuario debe llevar a cabo inicamente las tareas de
solucion de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en la
documentacion del producto o indicadas por el personal de servicio y asistencia
en linea o telefonica. La garantia no cubre los daiios ocasionados por
reparaciones que Dell no haya autorizado. Lea y siga las instrucciones de
seguridad entregadas con el producto.

Abra el médulo de alta densidad. Consulte "Apertura del mddulo de alta
densidad" en la pdgina 183.

Desconecte todos los cables de la tarjeta de expansion que se va a extraer.
Consulte Ilustracion 3-37 y llustracién 3-38.

Si hay un bloqueo de transporte, tire de ¢l hacia arriba y tire de la lengiicta
de liberacién del pestillo.

Gire el seguro de retencién de la tarjeta de expansién hacia fuera del panel
de relleno hasta que se asiente en su lugar bajo la lengiicta de liberacién
del pestillo. Consulte Iustracién 3-36.

Afloje el tornillo cautivo y gire el seguro de retencion del cubrerranuras
para abrirlo. Consulte Ilustracién 3-36.

Sujete la tarjeta de expansion por sus bordes y extrdigala con cuidado del
conector para tarjetas de expansion.
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7 Sivaa extraer la tarjeta de forma permanente, instale un cubrerranuras

metdlico en la abertura de la ranura de expansion vacia del chasis:

[E4 NOTA: Es necesario instalar un cubrerranuras en cada una de las ranuras de
expansion vacias a fin de cumplir la certificacién FCC del sistema. Los
cubrerranuras también evitan que entre polvo y suciedad en el sistema 'y
contribuyen a mantener una refrigeracién y una circulacion del aire
adecuadas dentro del sistema.

a  Afloje el tornillo cautivo y gire el seguro de retencion del cubrerranuras
para abrirlo, como se muestra en la [lustracién 3-36.

b Coloque el cubrerranuras metalico en la ranura de expansion vacia del
chasis y gire el seguro de retencién del cubrerranuras hacia el chasis.

¢ Apricte el tornillo cautivo en el seguro de retencién del cubrerranuras
para fijar el cubrerranuras metélico al chasis.

Cierre el médulo de alta densidad. Consulte "Cierre del médulo de alta
densidad" en la pdgina 185.

Instale el médulo de alta densidad. Consulte "Instalacién de un médulo de
alta densidad" en la pagina 182.

Tarjeta vertical de expansion (sélo PowerEdge
M610x)

La tarjeta vertical de expansién admite tarjetas de expansién PCle de
segunda generacion.

Extraccion de la tarjeta vertical de expansion

A PRECAUCION: Muchas de las reparaciones sélo pueden realizarlas los técnicos
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de servicio autorizados. El usuario debe llevar a cabo Ginicamente las tareas de
solucion de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en la
documentacion del producto o indicadas por el personal de servicio y asistencia
en linea o telefonica. La garantia no cubre los daiios ocasionados por
reparaciones que Dell no haya autorizado. Lea y siga las instrucciones de
seguridad entregadas con el producto.

Abra el médulo de alta densidad. Consulte "Apertura del mddulo de alta
densidad" en la pdgina 183.

Desconecte los cables de alimentacién y de datos de los conectores de
tarjeta vertical. Consulte Ilustracién 3-37 y Ilustracion 3-38.
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Para desconectar los cables de alimentacién y de datos, presione el pestillo
de liberacion del conector, presione hacia dentro ligeramente y luego
presione hacia fuera para liberar el conector del cable del conector de la
placa base.

llustracion 3-37. Instalacion o extraccion de los cables que conectan la tarjeta
vertical de expansion a la tarjeta de interfaz intermedia (s6lo PowerEdge M610x)

1 Tarjeta de interfaz intermedia 2 Seguro para la administracion de
cables

3  Cable de datos 2 4  Cable de datos 1

5  Conector del cable de datos 2 6  Conector del cable de datos 1

7  Tarjeta vertical de expansion
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llustracion 3-38. Instalacidn o extraccion de los cables que conectan la tarjeta
vertical de expansion a la tarjeta de interfaz de plano medio (s6lo PowerEdge M610x)

1 Tarjeta de interfaz de plano medio 2 Cable de datos 4

3 Cable de alimentacion que conecta 4  Tarjeta vertical de expansion
la tarjeta de interfaz de plano medio
a la tarjeta vertical de expansion

5 Tarjeta de expansion 6 Cables de alimentacion que
conectan la tarjeta de interfaz de
plano medio a las tarjetas de
expansion (2)

NOTA: Puede utilizar las dos
conexiones de alimentacion segln
los requisitos de alimentacién de la
tarjeta de expansion.

7  Cable de datos 3
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3 [xtraiga las tarjetas de expansion de las ranuras para tarjeta de expansion,
si estdn instaladas. Consulte "Extraccion de una tarjeta de expansion” en la
pégina 265.

4 Levante el lado izquierdo de la chapa de pantalla para liberarla de la pared
interna del chasis y luego extraiga la chapa de pantalla de la ranura de la
tarjeta vertical de expansion. Consulte llustracion 3-36.

5 Levante la tarjeta vertical de expansion para extraerla de las espigas guia de
la tarjeta vertical y del sistema. Consulte Ilustracién 3-39.
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llustracion 3-39. Instalacion o extraccion de la tarjeta vertical de expansion (sélo
PowerEdge M610x)

1
3
5
7

270

Tarjeta vertical de expansion 2 Guia de la tarjeta vertical (2)
Ranura para tarjeta de expansion 1 4 Ranura para tarjeta de expansion 2
Espiga guia de la tarjeta vertical 2) 6  Conector del cable de alimentacion

Conector del cable de datos (2
frontales, 2 posteriores)
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Instalacion de la tarjeta vertical de expansién

1 Alinee las guifas de la tarjeta vertical de cada extremo de la tarjeta vertical
de expansion con las espigas guia de la tarjeta vertical en la placa base y
baje la tarjeta vertical hacia el médulo de alta densidad hasta que quede
completamente encajada en la placa base. Consulte llustracion 3-39.

2 Siprocede, vuelva a instalar las tarjetas de expansion. Consulte
"Instalacién de una tarjeta de expansion” en la pdgina 262.

3 Conecte los cables de alimentacion y de datos a los conectores de tarjeta
vertical. Consulte lustracién 3-37 y [lustracion 3-38.

4 Inserte la chapa de pantalla en las ranuras de la tarjeta vertical de
expansion y la pared interna del chasis. Consulte Ilustracion 3-36.

5 Cierre el médulo de alta densidad. Consulte "Cierre del médulo de alta
densidad" en la pdgina 185.

Procesadores

Pautas para la instalacion del procesador

Sistema PowerEdge M915

*  Powerlidge M915 admite tnicamente procesadores AMD Opteron serie
6000 de dos, cuatro, ocho o doce ntcleos.

¢ No se admite la configuraciéon con un solo procesador.

Sistema PowerEdge M910

*  PowerEdge M910 admite unicamente dos o cuatro procesadores Intel
Xeon serie 7xxx de ocho nicleos.

* No se admite la configuracién con un solo procesador.

Sistema PowerEdge M905

*  Powerlidge M905 admite unicamente procesadores AMD Opteron serie
8xxxx de dos o cuatro nicleos.

*  Se deben instalar cuatro procesadores; no se admiten las configuraciones
con dos procesadores.

*  S6lo se admiten los procesadores AMD de la serie 8xxxx MP.
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Sistema PowerEdge M805

*  Powerlidge M805 admite unicamente procesadores AMD Opteron serie
Zxxxx de dos o cuatro nicleos.

*  Sedeben instalar dos procesadores; no se admiten las configuraciones con
un solo procesador.

* Las tarjetas de puente HyperTransport (HT) se deben instalar en los
z6calos CPU3 y CPU4. Consulte "Tarjeta de puente HT (s6lo PowerEdge
M905)" en la pagina 290.

Sistemas PowerEdge M710, M710HD, M610, M610x y M600

*  Powerlidge M710, M710HD, M610, M610x y M600 admiten dnicamente
procesadores Intel Xeon de dos, cuatro o seis nicleos.

*  Se admiten tanto las configuraciones con un tnico procesador como con
dos procesadores.

Sistema PowerEdge M605

*  Powerlidge M605 admite tnicamente procesadores AMD Opteron serie
2xxxx MP de dos o cuatro nicleos.

* Sec admiten tanto las configuraciones con un tnico procesador como con
dos procesadores.

Extraccion de un procesador
1 Extraiga el médulo de alta densidad. Consulte "Extraccién de un médulo
de alta densidad" en la pdgina 179.
2 Abra el médulo de alta densidad. Consulte "Apertura del mddulo de alta
densidad" en la pagina 183.

A AVISO: El procesador y el disipador de calor pueden alcanzar una temperatura
muy elevada. Antes de manipular el procesador, deje transcurrir tiempo suficiente
para que se enfrie.

Q NOTA: No retire el disipador de calor de un procesador a menos que vaya a
extraer el procesador. El disipador de calor es necesario para mantener unas
condiciones térmicas 6ptimas.

3 Afloje los tornillos que fijan el disipador de calor a la placa base. Vea la
ilustracién correspondiente para su médulo de alta densidad.
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llustracion 3-40. Instalacion y extraccion del disipador de calor (PowerEdge M915)

1 Disipador de calor 2 Tornillos (4)

NOTA: Debe instalar el disipador de
calor con la orientacion que se indica

aqui.
3  Procesador4 4 Procesador 2
5 Procesador3 6 Procesador1
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llustracion 3-41. Instalacion y extraccion del disipador de calor (PowerEdge M910)

g NOTA: La ilustracion anterior muestra el disipador de calor de 130 W. Los
disipadores de calor de 95 W/105 W son similares al disipador de calor que se
muestra en la llustracion 3-42.

1 Disipador de calor 2 Tornillos (4)

NOTA: Debe instalar el disipador de
calor con la orientacién que se indica

aqui.
3 Zobcalo CPU2 4 Zobcalo CPU4
5 Zbcalo CPU1 6 Zbcalo CPU3
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llustracion 3-42. Instalacion y extraccion del disipador de calor (PowerEdge M905)

1 Disipador de calor 2 Tornillos (4)

NOTA: Debe instalar el disipador
de calor con la orientacion que se

indica aqui.
3 Zabcalo CPU2 4 Zbcalo CPU4
5 Zbcalo CPU3 6 Zébcalo CPU1
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llustracion 3-43. Instalacion y extraccion del disipador de calor (PowerEdge M805)

1 Disipador de calor 2 Tornillos (4)

NOTA: Debe instalar el disipador
de calor con la orientacién que se
indica aqui.

3 Zocalo CPU2 4 Zabcalo CPU1
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llustracion 3-44. Instalacion y extraccion del disipador de calor (PowerEdge M710)

1 Disipador de calor 2 Tornillos (4)

NOTA: Debe instalar el disipador
de calor con la orientacion que se
indica aqui.

3 Zbcalo CPU2 4 Zbcalo CPU1
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llustracion 3-45. Instalacion y extraccion del disipador de calor (PowerEdge M710HD)

1 Zabcalo CPU2 2 Tornillos (2)
3 Disipador de calor 4 Zébcalo CPU1

NOTA: Debe instalar el disipador
de calor con la orientacion que se
indica aqui.
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llustracion 3-46. Instalacion y extraccion del disipador de calor (PowerEdge M610)

1 Zébcalo CPU2 2 Disipador de calor
NOTA: Debe instalar el disipador
de calor con la orientacion que se
indica aqui.

3 Tornillos (4) 4 Zocalo CPU1
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llustracion 3-47. Instalacion y extraccion del disipador de calor (PowerEdge M610x)

1 Disipador de calor 2 Tornillos (4)

NOTA: Debe instalar el disipador
de calor con la orientacion que se
indica aqui.

3 Zabcalo CPU2 4 Zobcalo CPU1
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llustracion 3-48. Instalacion y extraccion del disipador de calor (PowerEdge M600)

1 Disipador de calor 2 Tornillos (4)
3 Zbcalo CPU1 4 Zbcalo CPU2
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llustracion 3-49. Instalacion y extraccion del disipador de calor (PowerEdge M605)

1 Disipador de calor 2 Tornillos (4)
3 Zébcalo CPU2 4 Zocalo CPU1

4 Extraiga el disipador de calor.

Deje el disipador de calor boca arriba encima de la superficie de trabajo
para no contaminar la pasta térmica.

5 Utilice un pafio limpio que no deje pelusa para retirar los restos de pasta
térmica de la superficie del protector del procesador.
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6 Para el sistema PowerkEdge M910, quite el tornillo para liberar el protector
del procesador y, a continuacion, levante el procesador para extraerlo del
z6calo. Consulte lustracion 3-51.

Para otros médulos de alta densidad, tire de la palanca de liberacién del
z6calo hacia arriba hasta que el procesador se libere del zécalo. Abra el
protector del procesador y saque el procesador del z6calo. Consulte
HNustracién 3-50 (PowerEdge M915), llustracién 3-52 (PowerkEdge M710,
M710HD, M610, M610x 0 M600) o Hustraciéon 3-53 (PowerEdge M905,
MS805 o M605).

Q NOTA: Deje la palanca de liberacion hacia arriba para que el zocalo esté
preparado para el nuevo procesador.

llustracion 3-50. Instalacion y extraccion del procesador (PowerEdge M915)
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1 Procesador 2 Muesca en el tornillo del

procesador
3 Esquina de la pata 1 del procesador 4 Protector del procesador
5 Esquina de la pata 1 del zécalo 6 Palanca de liberacion del zocalo

llustracion 3-51. Instalacion y extraccion de un procesador Intel (PowerEdge M910)

2 3

_
_— 1

5

1 Procesador 2 Tornillo
3 Protector del procesador 4 Esquina de la pata 1 del z6calo

5 Muesca del procesador
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llustracion 3-52. Instalacion y extraccion de un procesador Intel (PowerEdge M710,
M710HD, M610, M610x o M600)

2 %\ .

1 Palanca de liberacion del zdcalo 2 Procesador
3 Protector del procesador 4 Muesca del procesador
5 Esquina de la pata 1 del zécalo 6 Esquina de la pata 1 del procesador

Instalacion de los componentes del modulo de alta densidad | 285



llustracion 3-53. Instalacion y extraccion de un procesador AMD (PowerEdge M905,
M805 o M605)

1 Esquina de la pata 1 del zécalo 2 Esquina de la pata 1 del procesador
3 Procesador 4 Palanca de liberacion del z6calo
5 Protector del procesador 6 Muesca del procesador
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Instalacién de un procesador

1

Si va a anadir un procesador a un zécalo vacio, realice primero los pasos
siguientes:

Q NOTA: Si sélo va a instalar un procesador, debe utilizar el zocalo CPU1.
Consulte llustracion 7-13 o llustracion 7-12.

a  Extraiga el panel de relleno del procesador.
b Levante la cubierta de plastico del zécalo del procesador.

¢ Para el sistema PowerEdge M910, quite el tornillo de fijacién del
protector del procesador.

Para otros médulos de alta densidad, desencaje y gire la palanca de
liberacién del zécalo 90 grados hacia arriba y asegtrese de que la
palanca de liberacién del zécalo esté completamente abierta durante
la instalacién del procesador.

d Levante el protector del procesador.

PRECAUCION: Si se coloca el procesador de forma incorrecta, pueden
producirse daifios permanentes en el procesador y en la placa base cuando se
encienda. Tenga cuidado de no doblar las patas del zécalo de la matriz de
contactos en rejilla (LGA).

Instale el procesador en el zécalo. Consulte Ilustracién 3-50 (PowerEdge
M915), Ilustracién 3-51 (PowerEdge M910), Hustracién 3-52 (PowerEdge
M710, M710HD, M610, M610x 0 M600) o Ilustracién 3-53 (PowerEdge
MO915, M905, M805 o M605).

a La esquina de la pata | del procesador es la que estd marcada con un
pequerio tridngulo dorado. Coloque dicha esquina en la misma
esquina del z6calo ZIF que estd identificada con el tridngulo
correspondiente en la placa base. Alinee la esquina de la pata 1 del
procesador con la esquina de la pata 1 del zécalo ZIF Consulte
HNustracién 3-50 (PowerEdge M915), llustracién 3-51 (Powerkdge
M910), Iustracién 3-52 (PowerEdge M710, M710HD, M610, M610x
0 M600) o llustracién 3-53 (PowerEdge M905, M805 o M605).

b Cuando las esquinas de la pata 1 del procesador y del zécalo estén
alineadas, inserte con cuidado el procesador en el zocalo.
Como el sistema utiliza un zécalo para procesador tipo ZIF, no
presione con fuerza. Cuando el procesador estd colocado de forma
correcta, encaja en el zécalo tras ejercer una presién minima.
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¢ Cierre el protector del procesador.

d  Para el sistema PowerEdge M910, apricte el tornillo de fijacién del
protector del procesador.

Para otros médulos de alta densidad, gire la palanca de liberacion del
zécalo hacia abajo hasta que encaje en su lugar para fijar el procesador.

3 Instale el disipador de calor:

a  Siestd reinstalando un disipador de calor, use un pafio limpio que no
deje pelusa para retirar la pasta térmica del disipador de calor.

Si va a instalar un procesador nuevo y con éste se incluye un disipador
de calor nuevo, instale el nuevo disipador de calor.

Si estd reinstalando un procesador, limpie también los remanentes de
pasta térmica del procesador.

b Aplique pasta térmica de manera uniforme en la parte superior del
procesador.

¢ Coloque el disipador de calor sobre el procesador.

El disipador de calor debe estar orientado como se indica en la
[lustracion 3-40 (PowerEdge M915), la llustracion 3-41 (PowerEdge
M910), la Iustracién 3-42 (PowerEdge M905), la llustracion 3-43
(PowerEdge M805), la Ilustracion 3-44 (PowerEdge M710), la
[ustracién 3-45 (PowerEdge M7101D), la Ilustracién 3-46 (PowerEdge
M610), la Iustracién 3-47 (PowerEdge M610x), la Ilustracion 3-48
(PowerEdge M600) o lallustracién 3-49 (PowerEdge M605).

g NOTA: No apriete en exceso los tornillos de retencién del disipador de calor
al instalarlo. Para evitar que los tornillos de retencion queden excesivamente
apretados, enrésquelos hasta que se note resistencia y deténgase una vez
que el tornillo quede asentado. La tensidn del tornillo no puede ser mayor que
6,9 kg/cm.

d  Apriete con cuidado los cuatro tornillos para fijar el disipador de calor
ala placa del médulo de alta densidad.

4 Cierre el médulo de alta densidad. Consulte "Cierre del médulo de alta
densidad" en la pdgina 185.

5 Instale el médulo de alta densidad. Consulte "Instalacién de un médulo de
alta densidad" en la pagina 182.
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Cuando el sistema se inicia, detecta la presencia del nuevo procesador y
cambia automdticamente la informacién de configuracion del sistema en
el programa de configuracion del sistema.

6 Pulse <F2> para abrir el programa de configuracion del sistema y compruebe
que la informacién del procesador corresponda a la nueva configuracion
del sistema.

Consulte "Uso del programa de configuracién del sistema y de UEFI Boot
Manager" en la pdgina 157 para obtener instrucciones sobre el uso del
programa de configuracién del sistema.

7 LEjecute los diagnésticos del sistema para verificar que el nuevo procesador
funciona correctamente.

Consulte "Ejecucion de los diagndsticos del sistema” en la pdgina 359 para
obtener informacién sobre la ejecucién de diagnésticos y la solucion de
problemas del procesador.

8 Actualice el BIOS del sistema.

Puente de memoria flexible (solo PowerEdge M910)

Para admitir las configuraciones con dos procesadores, se debe instalar un
puente de memoria flexible en el tercer o cuarto zécalo de la CPU de la placa
base de PowerEdge M910. Con los puentes de memoria flexible instalados, el
procesador 1 puede acceder a los médulos DIMM asignados al z6calo de
procesador 3y el procesador 2 puede acceder a los médulos DIMM asignados
al zécalo de procesador 4.

Por lo tanto, si sustituye la placa base, debera transferir el puente de memoria
flexible a la nueva placa base.

Extraccion de un puente de memoria flexible

1 Extraiga el médulo de alta densidad. Consulte "Extraccién de un médulo
de alta densidad" en la pdgina 179.

2 Abra el médulo de alta densidad. Consulte "Apertura del médulo de alta
densidad" en la pdgina 183.

3 Quite el tornillo de fijacién del protector del procesador. Consulte
[lustracion 3-51.

4 Abra el protector del procesador y saque el puente de memoria flexible del
z6calo.
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Instalacion de un puente de memoria flexible
1 Realice los pasos siguientes para preparar el zcalo de la nueva placa base:
a  Extraiga el panel de relleno del procesador.
b Levante la cubierta de plastico del zécalo del procesador.
¢ Quite el tornillo de fijacién y levante el protector del procesador.
2 Instale el puente de memoria flexible en el zécalo.

A PRECAUCION: Si se coloca la tarjeta de forma incorrecta, pueden producirse
daiios permanentes en la tarjeta y en la placa base cuando se encienda el
sistema. Tenga cuidado de no doblar las patas del zocalo de la matriz de contactos
en rejilla (LGA).

a Laesquina dela pata 1 de la tarjeta es la que estd marcada con un
pequerio tridngulo dorado. Coloque dicha esquina en la misma
esquina del zécalo ZIF que estd identificada con el tridngulo
correspondiente en la placa base.

b Cuando las esquinas de la pata 1 de la tarjeta y del zdcalo estén
alineadas, inserte con cuidado el procesador en el zécalo.

Como el sistema utiliza un zécalo para procesador tipo ZIF, no
presione con fuerza. Una vez situada correctamente la tarjeta, ésta
encaja en el zocalo con tan sélo ejercer una presion minima. Consulte
lNustracién 3-51.

¢ Cierre el protector del procesador.

d  Apricte el tornillo de fijacion del protector del procesador.

3 Cierre el médulo de alta densidad. Consulte "Cierre del médulo de alta
densidad" en la pdgina 185.

4 Instale el médulo de alta densidad. Consulte "Instalacién de un médulo de
alta densidad" en la pagina 182.

Tarjeta de puente HT (s6lo PowerEdge M905)

Se debe instalar una tarjeta de puente HT (HyperTransport) en el tercer y en
el cuarto zé6calo de la CPU de la placa base de PowerEdge M905.

Por lo tanto, si sustituye la placa base, deberd transferir las tarjetas de puente
HT ala nueva placa base.
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Extraccion de una tarjeta de puente HT

1 Extraiga el médulo de alta densidad. Consulte "Extraccién de un médulo
de alta densidad" en la pdgina 179.

2 Abra el médulo de alta densidad. Consulte "Apertura del médulo de alta
densidad" en la pdgina 183.

3 Tire de la palanca de liberacion del zécalo hacia arriba hasta que la tarjeta
de puente se libere del zocalo. Consulte Ilustracion 3-54.

4 Abra cl protector del procesador y saque la tarjeta del zécalo.

llustracion 3-54. Instalacion y extraccion de una tarjeta de puente HT (solo PowerEdge
M905)

1 Palanca de liberacion del zécalo 2 Protector del procesador
3 Muesca de la tarjeta 4 Tarjeta de puente HT
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Instalacion de una tarjeta de puente HT

292

1

Realice los pasos siguientes para preparar los dos zdcalos de la nueva placa
base:

a
b

Cc

Extraiga el panel de relleno del procesador.

Levante la cubierta de plastico del zécalo del procesador.
Desencaje y gire la palanca de liberacién del zécalo 90 grados hacia
arriba.

Levante el protector del procesador.

Repita del paso a al paso d para preparar el segundo zdcalo del
procesador.

Instale la tarjeta de puente en el z6calo. Consulte Hustracion 3-54.

PRECAUCION: Si se coloca la tarjeta de forma incorrecta, pueden producirse
daiios permanentes en la tarjeta y en la placa base cuando se encienda el
sistema. Tenga cuidado de no doblar las patas del zdcalo de la matriz de contactos
en rejilla (LGA).

a

La esquina de la pata | de la tarjeta es la que estd marcada con un
pequerio tridngulo dorado. Coloque dicha esquina en la misma
esquina del z6calo ZIF que estd identificada con el tridngulo
correspondiente en la placa base.

Asegtirese de que la palanca de liberacién del zécalo esté
completamente abierta.

Cuando las esquinas de la pata 1 de la tarjeta y del zdcalo estén
alineadas, inserte con cuidado el procesador en el zécalo.

Como el sistema utiliza un zdcalo para procesador tipo ZIE no
presione con fuerza. Una vez situada correctamente la tarjeta, ésta
encaja en el zécalo con tan sélo ejercer una presion minima.

Cierre el protector del procesador.

Gire la palanca de liberacion del zdcalo hacia abajo hasta que se
asiente en su lugar para fijar la tarjeta.

Cierre el médulo de alta densidad. Consulte "Cierre del médulo de alta
densidad" en la pdgina 185.

Instale el médulo de alta densidad. Consulte "Instalacién de un médulo de
alta densidad" en la pagina 182.
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Bateria de reserva de la NVRAM de la placa base
del médulo de alta densidad
La bateria de reserva de la NVRAM es una bateria de tipo botén de 3,0 V.

Extraccion e instalacion de la bateria de reserva de la NVRAM

A AVISO: Existe el peligro de que una bateria nueva explote si no se instala
correctamente. Sustituya la bateria inicamente por una del mismo tipo o de un
tipo equivalente recomendado por el fabricante. Deseche las baterias agotadas de
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Consulte las instrucciones de
seguridad suministradas con el sistema para obtener informacion adicional.

1 Extraiga el médulo de alta densidad. Consulte "Extraccién de un médulo
de alta densidad" en la pdgina 179.

2 Abra el mddulo de alta densidad. Consulte "Apertura del mddulo de alta
densidad" en la pagina 183.

3 Siva a sustituir la bateria en un sistema Powerlidge M915, M910, M905,
MS805, M710HD, M610x o M605, debe extraer la placa base para poder
acceder a la baterfa. Consulte "Placa base del médulo de alta densidad" en
la pagina 305.

4 [Dixtraiga la bateria tirando de ella verticalmente para sacarla del conector.
Consulte Ilustraciéon 3-55.

Consulte Ilustracién 7-1 (PowerEdge 915), llustracién 7-2 (PowerEdge
910), Nustracién 7-3 (PowerEdge M905), Ilustracién 7-4 (PowerEdge
MS805), Ilustracién 7-5 (PowerEdge M710), Ilustracién 7-6 (PowerkEdge
M710HD), Hustracién 7-7 (PowerEdge M610), Hlustracién 7-8 (PowerEdge
M610x), lustracién 7-12 (PowerEdge M605) o lustracién 7-13
(PowerEEdge M600) para localizar la bateria en la placa del médulo de alta
densidad.

5 Coloque la nueva bateria con el lado del signo "+" cara arriba. Consulte
[lustracién 3-55.
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llustracion 3-55. Sustitucion de la bateria de reserva de la NVRAM
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Lado "+" de la bateria 2 Conector de la bateria

Si ha extraido la placa base para sustituir la bateria, vuelva a instalarla
ahora. Consulte "Placa base del médulo de alta densidad" en la pagina 305.

Cierre el médulo de alta densidad. Consulte "Cierre del médulo de alta
densidad" en la pdgina 185.

Instale el médulo de alta densidad. Consulte "Instalacién de un médulo de
alta densidad" en la pagina 182.

Abra el programa de configuracién del sistema para confirmar que la
bateria funciona correctamente. Consulte "Uso del programa de
configuracién del sistema" en la Guia del usuario.

Especifique la hora y la fecha correctas en los campos Time (Hora) y Date
(Fecha) del programa de configuracién del sistema.

Salga del programa de configuracion del sistema.

Para probar la bateria recién instalada, extraiga el mddulo de alta densidad
durante una hora como minimo.

Al cabo de una hora, vuelva a instalar el mddulo de alta densidad.

Abra el programa de configuracién del sistema y, sila hora y la fecha siguen
siendo incorrectas, consulte "Obtencion de ayuda" en la pdgina 395 para
ver instrucciones sobre como solicitar asistencia técnica.
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Unidades de disco duro

PowerEdge M915 admite dos unidades de disco duro SAS o SSD de 2,5
pulgadas.

PowerEdge M910 admite hasta dos unidades de disco duro SAS, SATA o
de estado sélido (SSD) de 2,5 pulgadas.

PowerEdge M905 y M805 admiten una o dos unidades de disco duro SAS
de 2,5 pulgadas.

PowerEdge M710 admite de una a cuatro unidades de disco duro SAS de
2,5 pulgadas.

PowerEdge M710HD admite una o dos unidades de disco duro SAS o SSD
de 2,5 pulgadas.

PowerEdge M610, M610x, M605 y M600 admiten una o dos unidades de
disco duro SATA de 2,5 pulgadas, una o dos unidades de disco duro SAS de
2,5 pulgadas, o bien una o dos unidades de disco duro SSD.

ﬂ NOTA: No es posible combinar unidades de disco duro SAS y SATA en un
modulo de alta densidad.

Q NOTA: Si hay instalada una tarjeta controladora RAID opcional, se admite el
intercambio activo.

g NOTA: Las unidades de disco duro SATA no son de intercambio activo con la
tarjeta secundaria repetidora SATA.

Pautas para la instalacion de unidades de disco duro

Si hay instalada una tarjeta controladora RAID de almacenamiento, el
modulo de alta densidad admite la extraccién e instalacién de unidades de
intercambio activo.

Si hay instaladas menos unidades de disco duro que el nimero maximo, se
deben instalar unidades de disco duro de relleno para mantener el flujo de
aire de refrigeraciéon adecuado.

Instalacion de una unidad de disco duro

E4 NOTA: Cuando hay instalada una unidad de disco duro de intercambio activo de

repuesto y se enciende el médulo de alta densidad, la unidad de disco duro
empieza la regeneracion automaticamente. AsegUrese de que la unidad de disco
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1

duro de repuesto esta vacia o contiene datos que desea sobrescribir. Los datos que
pueda haber en la unidad de disco duro de repuesto se perderan nada mas
instalarla.

NOTA: No todos los sistemas operativos admiten la instalacion de unidades de
intercambio activo. Consulte la documentacion incluida con el sistema operativo.

Abra el asa del portaunidades de disco duro. Consulte llustracién 3-56.

llustracion 3-56. Instalacion de una unidad de disco duro
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Botdn de liberacién 2 Unidad de disco duro
Asa del portaunidades

Inserte el portaunidades de disco duro en el compartimiento para
unidades. Alinee con cuidado el canal del portaunidades de disco duro con
la ranura adecuada para la unidad en el médulo de alta densidad.

Inserte el portaunidades en la ranura hasta que el asa entre en contacto
con el médulo de alta densidad.

Gire el asa del portaunidades hasta la posicion de cierre mientras continda
insertando el portaunidades en la ranura hasta que encaje en su lugar.
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Fl indicador LED de estado emite una luz verde fija si la unidad esta
instalada correctamente. Fl indicador LED de color verde del
portaunidades parpadea mientras se regenera la unidad.

Extraccion de una unidad de disco duro

4 NOTA: No todos los sistemas operativos admiten la instalacion de unidades de
intercambio activo. Consulte la documentacion incluida con el sistema operativo.

1 Desconecte la unidad de disco duro y espere a que los c6digos de los
indicadores de la unidad de disco duro del portaunidades indiquen que la
unidad puede extraerse de forma segura.

Consulte llustracion 1-14.

Cuando todos los indicadores se apagan, la unidad est4 lista para la
extraccion.

Para obtener mds informacién sobre cémo desconectar la unidad de disco
duro, consulte la documentacién del sistema operativo.

2 Abra el asa del portaunidades de disco duro para liberar la unidad.
Consulte Ilustracién 3-56.

3 Tire de la unidad de disco duro hasta que salga del compartimiento para
unidades.

Siva a extraer la unidad de disco duro de forma permanente, instale una
tapa de relleno.

Procedimiento de apagado para reparar una unidad de disco duro

Q NOTA: Esta seccion solo es aplicable cuando debe apagarse el madulo de alta
densidad para reparar una unidad de disco duro. En muchas situaciones, la unidad
de disco duro puede repararse mientras el modulo de alta densidad esta
encendido.

Sinecesita apagar el médulo de alta densidad para reparar una unidad de
disco duro, espere 30 segundos una vez que se haya apagado el indicador de
alimentacién del médulo de alta densidad. A continuacién, extraiga la unidad
de disco duro. Sino lo hace asi, es posible que no se reconozca la unidad de
disco duro cuando vuelva a instalarla y vuelva a encender el médulo de alta

densidad.

Instalacion de los componentes del modulo de alta densidad | 297



Configuracion de la unidad de inicio

La unidad o el dispositivo desde el que se inicia el sistema estd determinado
por la secuencia de inicio especificada en el programa de configuracion del
sistema. Consulte "Uso del programa de configuracién del sistema y de UEFI
Boot Manager" en la pagina 157.

Extraccion de una unidad de disco duro de un portaunidades de disco
duro

Quite los cuatro tornillos de los rieles deslizantes del portaunidades de disco
duro y extraiga la unidad de disco duro del portaunidades. Consulte
TNustracién 3-57.

Instalacion de una unidad de disco duro en un portaunidades de disco
duro

1 Inserte la unidad de disco duro en el portaunidades de disco duro con el
extremo del conector de la tarjeta controladora de la unidad orientado
hacia la parte posterior del portaunidades. Consulte Ilustracion 3-57.

2 Desde la parte posterior del portaunidades, deslice la unidad en el
portaunidades hasta que entre en contacto con la lengiicta de tope de la
parte frontal.

3 Alinee los orificios para tornillos de la unidad de disco duro con los
orificios del portaunidades de disco duro. En las unidades SATA, alinee
los orificios de montaje de la unidad con los orificios de montaje del
portaunidades marcados como SATA. Consulte Ilustracién 3-57.

A PRECAUCION: Para evitar daiios en la unidad o en el portaunidades, no apriete
excesivamente los tornillos.

4 Inserte los cuatro tornillos para fijar la unidad de disco duro al
portaunidades de disco duro.
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llustracion 3-57. Extraccion e instalacion de una unidad de disco duro en un
portaunidades de disco duro

1 Unidad de disco duro 2 Portaunidades de disco duro
3 Tornillos (4)
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Controladora de video (sélo PowerEdge M905,
M805, M605 y M600)

Realice los pasos siguientes para extraer y volver a colocar la controladora de video:

1

Extraiga el médulo de alta densidad. Consulte "Extraccién de un médulo
de alta densidad" en la pdgina 179.

Abra el médulo de alta densidad. Consulte "Apertura del médulo de alta
densidad" en la pdgina 183.

Extraiga la controladora de video:

*  Siva a extraer la controladora de video de un sistema PowerEdge M905,
MS805 0o M605, quite los dos tornillos Torx que fijan la tarjeta
secundaria y, a continuacién, extraiga la tarjeta del médulo de alta
densidad. Consulte Ilustracion 3-59.

*  Siva a extraer la controladora de video de un sistema PowerEdge M600,
presione el pestillo situado en el borde superior de la tarjeta vertical de
video y, a continuacidn, extraiga la tarjeta del médulo de alta
densidad. Consulte Ilustracién 3-58.
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llustracion 3-58. Extraccion e instalacion de una tarjeta vertical de video (PowerEdge
M600)

1 Tarjeta vertical de video 2 Pestillo
3 Conector de la placa base
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llustracion 3-59. Extraccion e instalacion de una tarjeta controladora secundaria de
video (PowerEdge M605)

1 Tarjeta controladora de video 2 Tornillos Torx (2)

3 Conector de la placa base

4 Para instalar una controladora de video nueva:

*  Siva a instalar una controladora de video en un sistema Powerlidge
M600, alinee el conector de borde de la tarjeta vertical con el conector
de la placa base y, a continuacidn, coloque la tarjeta vertical en su
lugar hasta que el conector quede bien encajado y el pestillo se asiente
en su lugar. Consulte llustracién 3-58.

*  Siva a instalar una controladora de video en un sistema PowerEdge
M605, alinee el conector de la parte inferior de la tarjeta controladora
con el conector de la placa base y, a continuacién, coloque la tarjeta en
su lugar. Fije la tarjeta con los dos tornillos. Consulte llustracion 3-59.
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Plano posterior de la unidad de disco duro

NOTA: En cada mddulo de alta densidad debe instalarse un plano posterior de la
unidad de disco duro para garantizar un flujo de aire adecuado, incluso cuando el
madulo de alta densidad tiene una configuracion sin disco.

NOTA: PowerEdge M600, M610, M610x, M710, M710HD, M805, M905 y M910 tienen
un plano posterior de unidad de disco duro, y PowerEdge M915 tiene dos planos
posteriores de unidad de disco duro. Para localizar el plano posterior de la unidad
de disco duro, consulte “Interior del sistema" en la pagina 185.

Realice los pasos siguientes para extraer y volver a colocar el plano posterior
de la unidad de disco duro:

1

2

Extraiga el médulo de alta densidad. Consulte "Extracciéon de un médulo
de alta densidad" en la pdgina 179.

Abra el médulo de alta densidad. Consulte "Apertura del médulo de alta
densidad" en la pdgina 183.

NOTA: Siva a extraer mas de una unidad de disco duro, etiquételas para poder
colocarlas de nuevo en su ubicacién original.

NOTA: Debe extraer todas las unidades de disco duro del plano posterior antes de
extraerlo.

Extraiga las unidades de disco duro. Consulte "Extraccién de una unidad
de disco duro" en la pagina 297.

Levante los pestillos situados en cada extremo del plano posterior y
extraiga el plano posterior del chasis del médulo de alta densidad.
Consulte Ilustracién 3-60.
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llustracion 3-60. Extraccion e instalacion del plano posterior de la unidad de disco
duro (PowerEdge M915)

304

1 Plano posterior de la unidad de 2 Conectores de la unidad de disco
disco duro (2) duro (2)

3 Ganchos de retencion (4) 4 Pestillos (4)

5 Conector de plano posterior (2)

5 Para instalar el plano posterior de la unidad de disco duro:

a  Sujete el plano posterior con los conectores de la unidad orientados
hacia los compartimientos para unidades de disco duro.

b  Coloque el plano posterior de manera que los ganchos de retencién
del extremo del compartimiento para unidades queden alineados con
las ranuras correspondientes del plano posterior.
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¢ Presione el plano posterior hasta que el conector quede bien asentado
en su lugar y los pestillos situados en cada extremo encajen sobre el
borde superior de la placa.

Vuelva a colocar las unidades de disco duro.

Siva a instalar varias unidades, asegurese de utilizar su ubicacién original.

Cierre el moédulo de alta densidad. Consulte "Cierre del médulo de alta
densidad" en la pdgina 185.

Instale el médulo de alta densidad. Consulte "Instalacién de un médulo de
alta densidad" en la pdgina 182.

Placa base del modulo de alta densidad

Extraccion de la placa base

1

> B

Extraiga el médulo de alta densidad. Consulte "Extraccién de un médulo
de alta densidad" en la pdgina 179.

Abra el médulo de alta densidad. Consulte "Apertura del médulo de alta
densidad" en la pdgina 183.

Instale una cubierta en los conectores de E/S situados en la parte posterior
de la placa.

AVISO: El procesador y el disipador de calor pueden alcanzar una temperatura
muy elevada. Antes de manipular el procesador, deje transcurrir tiempo suficiente
para que se enfrie.

AVIS0: Los médulos de memoria permanecen calientes durante un tiempo tras
apagar el sistema. Antes de manipularlos, deje transcurrir tiempo suficiente para
que se enfrien. Sujete los médulos de memoria por los bordes de la tarjeta y evite
tocar los componentes.

NOTA: Siva a extraer mas de una unidad de disco duro, etiquételas para poder
colocarlas de nuevo en su ubicacion original.

Extraiga las unidades de disco duro. Consulte "Extraccién de una unidad
de disco duro" en la pagina 297.

Extraiga el plano posterior de la unidad de disco duro. Consulte "Plano
posterior de la unidad de disco duro" en la pdgina 303.
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6 Sies necesario, extraiga la tarjeta de red integrada. Consulte "Tarjeta
secundaria de red/tarjeta vertical de LOM (s6lo Powerkdge M915 y
M710HD)" en la pagina 259.

7 Siprocede, extraiga el puente de memoria flexible. Consulte "Puente de
memoria flexible (sélo PowerEdge M910)" en la pégina 289.

8 En el caso de un médulo de alta densidad de altura completa, extraiga las
tarjetas intermedias 1 y 4 (las mds externas).

En el caso de un médulo de alta densidad de media altura, extraiga las dos
tarjetas intermedias, si estdn instaladas.

g NOTA: Siva a extraer varias tarjetas intermedias, etiquételas para poder
colocarlas de nuevo en su ubicacion original.

9 Fara extraer la placa base de un médulo de alta densidad de altura completa:

a  Utilice los dedos pulgar e indice de la mano derecha para levantar el
perno de retencién de la placa base. Consulte Ilustracion 3-61.

b Mantenga levantado el perno de retencién con el dedo indice y
presione la esquina del chasis del médulo de alta densidad con el dedo
pulgar para extraer la placa base del extremo abierto del chasis.
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llustracion 3-61.  Extraccion e instalacion de la placa base (modulos de alta densidad
de altura completa: PowerEdge M905)

—_

Placa base 2 Perno de retencion de la placa base

w

Lengiietas en el chasis del sistema 4 Ranuras en la bandeja de la placa
base
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Fara extraer la placa base de un médulo de alta densidad de media altura,
sostenga el chasis del médulo de alta densidad con una mano, levante y tire
del seguro de retencion de la placa base con la otra mano y, a continuacién,
extraiga la placa base del extremo abierto del chasis. Consulte

lNustracién 3-62.

llustracion 3-62. Extraccion e instalacion de la placa base: Médules de alta densidad
de media altura

1 Cubierta del conector de E/S 2 Seguro de retencion

3 Placa base
5 Ranuras en la bandeja de la placa
base

~

Lenglietas en el chasis del sistema

Q NOTA: Siva a extraer varias tarjetas intermedias, etiquételas para poder
colocarlas de nuevo en su ubicacion original.
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12

13

14

15

Asegtrese de que el conector de E/S sigue teniendo instalada la cubierta en
la parte posterior de la placa. Consulte Ilustracion 3-61 o llustracién 3-62.

Extraiga la tarjeta vertical o tarjeta secundaria de video. Consulte
"Controladora de video (sélo Powerlidge M905, M805, M605 y M600)" en
la pagina 300.

Extraiga los médulos de memoria y los paneles de relleno para médulo de
memoria. Consulte "Extraccién de médulos de memoria" en la pagina 239.

Extraiga los procesadores. Consulte "Extraccién de un procesador” en la
pagina 272.

Extraiga la tarjeta controladora de almacenamiento. Consulte "Extraccion
de la tarjeta controladora de almacenamiento” en la pagina 311.

Extraiga la llave de activacién de hardware NIC. Consulte "Conectores de
la placa base" en la pagina 372 para ver la ubicacién de la llave.

Instalacion de la placa base

1

Transtiera los componentes siguientes a la nueva placa base:

¢ Llave de activacién de hardware NIC. Consulte "Conectores de la
placa base" en la pdgina 372 para ver la ubicacion de la llave.

¢ Memoria USB interna.

* La tarjeta controladora de almacenamiento. Consulte "Instalacién de
la tarjeta controladora de almacenamiento" en la pagina 312.

* Tarjeta VFlash SD (s6lo PowerEdge M910, M710 y M610). Consulte
"Tarjeta VFlash SD (s6lo PowerEdge M915, M910, M710, M710HD,
M610 y M610x)" en la pégina 250.

* Tarjeta SD. Consulte "Tarjeta SD" en la pdgina 248.

*  Los médulos de memoria y los pancles de relleno para médulo de
memoria. Consulte "Instalacién de médulos de memoria” en la
pagina 237.

*  Los procesadores y los disipadores de calor o el panel de relleno del
procesador. Consulte "Instalacién de un procesador” en la pdgina 287.

*  Tarjetas de puente HT (s6lo PowerEdge M905). Consulte "Tarjeta de
puente HT (s6lo PowerEdge M905)" en la pagina 290.
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* Puentes de memoria flexible (s6lo PowerEdge M910). Consulte
"Puente de memoria flexible (sélo PowerEdge M910)" en la
pagina 289.
Inserte la nueva placa base en el extremo abierto del chasis del médulo de
alta densidad hasta que el seguro de retencién o el perno de retencion
encajen.

NOTA: Compruebe que la placa de la placa base quede paralela al chasis.

Una vez instalado correctamente el conjunto de placa, las lengiictas del
panel de la placa base encajan en las aberturas correspondientes de la parte
inferior del chasis del médulo de alta densidad. Consulte [lustracién 3-61
o llustracién 3-62.

Vuelva a instalar la tarjeta vertical o tarjeta secundaria de video. Consulte
"Controladora de video (sélo PowerEdge M905, M805, M605 y M600)" en
la pdgina 300.

Si procede, vuelva a instalar la tarjeta de red integrada. Consulte "Tarjeta
secundaria de red/tarjeta vertical de LOM (s6lo PowerkEdge M915 y
M710HD)" en la pagina 259.

Vuelva a colocar las tarjetas intermedias en sus ubicaciones originales.
Consulte "Instalacién de una tarjeta intermedia” en la pdgina 244.

Vuelva a instalar el plano posterior de la unidad de disco duro. Consulte
"Plano posterior de la unidad de disco duro" en la pdgina 303.

Vuelva a colocar las unidades de disco duro.

*  Si hay varias unidades, asegtrese de volverlas a instalar en sus
ubicaciones originales.

»  Sisélo se instala una unidad de disco duro, utilice el compartimiento 0.

Cierre el médulo de alta densidad. Consulte "Cierre del médulo de alta
densidad" en la pdgina 185.

Extraiga la cubierta de pléstico del conector de E/S de la parte posterior del
modulo de alta densidad.

Instale el médulo de alta densidad. Consulte "Instalacién de un médulo de
alta densidad" en la pagina 182.
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Tarjeta controladora de almacenamiento

La tarjeta controladora de almacenamiento se encuentra debajo de los
compartimientos para unidades.

Extraccion de la tarjeta controladora de almacenamiento

1

Extraiga el médulo de alta densidad. Consulte "Extraccién de un médulo
de alta densidad" en la pdgina 179.

Abra el médulo de alta densidad. Consulte "Apertura del médulo de alta
densidad" en la pagina 183.

Extraiga la placa base y coloquela en la superficie de trabajo. Consulte
"Extraccion de la placa base" en la pdgina 305.

Abra la palanca de liberacién para desenganchar el conector de borde de la
tarjeta controladora del conector de la placa base.

Si va a extraer una controladora RAID, desconecte la bateria RAID de la
tarjeta controladora.

Levante la tarjeta controladora para extraerla de la placa base.
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llustracion 3-63. Extraccion e instalacion de la tarjeta controladora de
almacenamiento (médulo de alta densidad de media altura)

1 Tarjeta controladora de 2 Palanca de liberacion
almacenamiento

Instalacion de la tarjeta controladora de almacenamiento

1 Para colocar la tarjeta controladora de almacenamiento en la placa base,
alinee la tarjeta controladora de manera que las lengiietas de la bandeja
metilica de la placa base encajen en las muescas correspondientes situadas
en los bordes de la tarjeta controladora.

2 Deslice la tarjeta hacia el conector de la placa base hasta que el conector
de borde de la tarjeta esté bien asentado.

3 Siva ainstalar una controladora RAID, conecte la bateria RAID a la
controladora.

4 Vuelva a instalar la placa base. Consulte "Instalacién de la placa base" en la

pagina 309.
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Instale el mddulo de alta densidad. Consulte "Instalacién de un médulo de
alta densidad" en la pdgina 182.

Tarjeta de interfaz de plano medio (PowerEdge
M610x)

La tarjeta de interfaz de plano medio es una opcion de chasis adicional que
permite utilizar tarjetas PCle.

Extraccion de la tarjeta de interfaz de plano medio

1

Extraiga el médulo de alta densidad. Consulte "Extraccién de un médulo
de alta densidad" en la pagina 179.

Abra el médulo de alta densidad. Consulte "Apertura del mddulo de alta
densidad" en la pdgina 183.

Instale una cubierta en los conectores de E/S situados en la parte posterior
de la placa.

Extraiga las dos tarjetas intermedias, si procede. Consulte "Extraccion de
una tarjeta intermedia" en la pdgina 247.

NOTA: Siva a extraer varias tarjetas intermedias, etiquételas para poder
colocarlas de nuevo en su ubicacién original.

Asegtirese de que el conector de F/S sigue teniendo instalada la cubierta en
la parte posterior de la placa.

Instalacion de los componentes del modulo de alta densidad | 313



llustracion 3-64. Extraccion e instalacion de la tarjeta de interfaz de plano medio:
PowerEdge M610x

1 Tornillos (2) 2 Conectores del cable de
alimentacion (3)

3 Tarjeta de interfaz de plano medio 4 Conectores de cables de datos (2)

6 Desconecte los cables de alimentacion y de datos de los conectores de la
tarjeta de interfaz de plano medio.

Para desconectar los cables de alimentacién y de datos, presione el pestillo
de liberacién del conector, presione hacia dentro ligeramente y luego
presione hacia fuera para liberar el conector del cable del conector de la
placa base.
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7 Quite los tornillos que fijan la tarjeta de interfaz de plano medio al chasis.

8 Deslice la tarjeta de interfaz de plano medio hacia la parte posterior del

chasis y extrdigala del chasis.

Instalacion de la tarjeta de interfaz de plano medio

1

Coloque la tarjeta de interfaz de plano medio en el chasis del médulo de
alta densidad deslizandola hacia dentro desde la parte posterior del chasis.

Apriete los tornillos que fijan la tarjeta de interfaz de plano medio al
chasis. Consulte Ilustracion 3-64.

NOTA: Asegiirese de que la tarjeta de interfaz de plano medio quede paralela al
chasis.

Conecte los cables de alimentacién y de datos a los conectores de la tarjeta
de interfaz de plano medio.

Vuelva a colocar las tarjetas intermedias en sus ubicaciones originales.
Consulte "Instalacién de una tarjeta intermedia” en la pagina 244.

Cierre el médulo de alta densidad. Consulte "Cierre del médulo de alta
densidad" en la pdgina 185.

Extraiga la cubierta de pléstico del conector de E/S de la parte posterior del
modulo de alta densidad.

Instale el médulo de alta densidad. Consulte "Instalacién de un médulo de
alta densidad" en la pagina 182.
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Instalacion de los componentes del
alojamiento

Q NOTA: Para garantizar un funcionamiento y una refrigeracion correctos, todos los
compartimientos del alojamiento deben estar ocupados en todo momento con un
maddulo o con un panel de relleno.

Modulos de fuente de alimentacion

El alojamiento M1000¢ admite un maximo de seis médulos de fuente de
alimentacién de intercambio activo, a los que se puede acceder desde el panel
posterior del alojamiento.

Q NOTA: Los mddulos de fuente de alimentacion de 2 360 Wy 2 700 W requieren una
entrada de 200 a 240 V de una PDU. Silos modulos de fuente de alimentacion se
conectan a tomas eléctricas de 110V, el sistema proporciona una alimentacion de
entrada de 2200 W CA cuando se selecciona la casilla de verificacion Allow 110
VAC Operation (Permitir funcionamiento a 110 V CA) en la pantalla Power
Configuration (Configuracion de alimentacion) de la CMC.

E4 NOTA: Los médulos de fuente de alimentacion tienen ventiladores internos que les
proporcionan refrigeracion térmica. Si se produce un error en un ventilador interno,
debe sustituirse el médulo de fuente de alimentacion.

Pautas de alimentacion del sistema
El sistema presenta una de las configuraciones de fuente de alimentacion
siguientes:
* 'Tres mddulos de fuente de alimentacion de 2 360 W o de 2 700 W, que no
proporcionan redundancia si falla un médulo de fuente de alimentacion.
Las fuentes de alimentacidn se instalan en los compartimientos del 1 al 3.

*  Seis mddulos de fuente de alimentacion de 2 360 W o de 2 700 W, que
proporcionan redundancia si fallan hasta tres médulos de fuente de
alimentacion.

El médulo CMC controla la administracién de energia del sistema. Puede
programar la CMC para que configure la asignacién de energia, la
redundancia y la energia cllinzimica de todo e?alojamiento (C%asis, servidores,
madulos de E/S, iKVM, CMC y fuentes de alimentacion). El servicio de

administracién de energfa optimiza el consumo de energia y reasigna energia
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a los distintos médulos en funcién de la demanda en tiempo real. Para

obtener mds informacion, consulte la seccidn dedicada a la administracion de

energia en la Guia del usuario de la controladora de administracién del chasis

de Dell.

[E4 NOTA: La potencia de un modulo de fuente de alimentacion se indica en la etiqueta
reglamentaria.

% NOTA: Puede que los cables de entrada de la PDU sean demasiado gruesos para
encajar en las guias para cables instaladas en los rieles verticales del rack. Si es
asi, extraiga las guias para cables; para ello, quite el tornillo de fijacion de cada
guia. Pase los cables de entrada de la PDU por los rieles verticales y fijelos con las
abrazaderas o las tiras de Velcro.

Paneles de relleno para el hueco de la fuente de alimentacion

Si el alojamiento M1000e sélo funciona con tres fuentes de alimentacién, los
pancles de relleno para el hueco de la fuente de alimentacién se deben
instalar en los tres compartimientos para fuente de alimentacién vacios (del
4 al 6) para mantener el flujo de aire de refrigeracién adecuado en el
alojamiento.

Extraccion de un modulo de fuente de alimentacion

Q NOTA: Los médulos de fuente de alimentacion son de intercambio activo. No
extraiga ni sustituya mas de un mddulo de fuente de alimentacion a la vez si el
sistema esta encendido.

1 Libere el gancho de retencién del cable de alimentacién y desconecte el
cable de alimentacién del médulo de fuente de alimentacién. Consulte
lNustracién 4-1.

318 | Instalacion de los componentes del alojamiento



llustracion 4-1. Gancho de retencion del cable de alimentacion

1 Fuente de alimentacion 2 Cordén del gancho de retencion

3 Muesca del asa de la fuente de 4 Gancho de retencion
alimentacion

5 Cable de alimentacion

2 Presione el botén de liberacion del asa del médulo de fuente de
alimentacion. Consulte Iustracion 4-2.
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llustracion 4-2. Extraccion e instalacion de un médulo de fuente de alimentacion

1 Fuente de alimentacion 2 Asa

3 Botdn de liberacion

3 Baje el asa del mddulo de fuente de alimentacién para expulsar dicho
modulo.

4 Extraiga el médulo de fuente de alimentacién del alojamiento.
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Instalacion de un médulo de fuente de alimentacion

1

Compruebe que el asa del médulo de fuente de alimentacion esté
totalmente abierta y que el cable de alimentacién no esté conectado a la
toma eléctrica.

Inserte el mddulo de fuente de alimentacién en el alojamiento. Consulte
[lustracién 4-2.

Empuje el asa del mddulo de fuente de alimentacién hacia arriba hasta
que quede encajada en su sitio.

Conecte un cable de alimentacién al médulo de fuente de alimentacién.

Fije el cable a la fuente de alimentacién con el gancho de retencién; para
ello, ajuste el gancho de retencién alrededor del cable y fije el cordén del
gancho de retencién en la muesca del asa de la fuente de alimentacién.
Consulte llustracion 4-1.

Modulos de ventilador

Fl alojamiento M1000e contiene nueve mddulos de ventilador de
intercambio activo. Los nueve mddulos de ventilador deben estar instalados
en todo momento para garantizar una refrigeraciéon adecuada.

Extraccion de un médulo de ventilador

4 NOTA: Cuando extraiga un médulo de ventilador del sistema, sustitiyalo de

inmediato.

Identifique el médulo de ventilador defectuoso del sistema mediante los
indicadores del panel posterior del médulo de ventilador. Consulte
Nustracién 1-18.

2 Extraiga el mddulo de ventilador:

a Presione el botén de liberacién del médulo de ventilador. Consulte
[lustracién 4-3.

b  Extraiga el médulo de ventilador del alojamiento.
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llustracion 4-3. Extraccion e instalacion de un médulo de ventilador

1 Maédulo de ventilador 2 Boton de liberacion

Instalacion de un médulo de ventilador
1 Compruebe si el ventilador esta sucio antes de instalarlo en el alojamiento.

2 Inserte el médulo de ventilador en el alojamiento hasta que quede
asentado en su lugar y el botén de liberacion encaje. Consulte
HNustracion 4-3.
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Madulo CMC

Extraccion de un médulo CMC
1 Desconecte los cables conectados al médulo CMC.

2 Presione el pestillo de liberacién del asa y separe el asa del panel frontal del
modulo.

3 Extraiga el médulo CMC del alojamiento.

4 Instale la cubierta del conector de E/S. Consulte Ilustraciéon 4-4.

llustracion 4-4. Extraccion e instalacion de un modulo CMC o un madulo iKVM (se
muestra el médulo CMC)

1 Cubierta del conector de E/S 2 Pestillo de liberacion

3 Palanca de liberacion
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Instalacion de una tarjeta SD en el médulo CMC

La ranura para tarjeta SD del médulo CMC admite una funcién de
WWN/MAC opcional que permite la utilizacién de WWN/MAC basados en
ranuras para los mddulos de alta densidad, lo que simplifica su instalacién y
sustitucion.

[E4 NOTA: En un sistema con un modulo CMC redundante, instale la tarjeta SD en el
madulo pasivo. El indicador de estado de color azul permanece apagado en el
madulo pasivo.

1 Extraiga el médulo CMC del alojamiento M1000e. Consulte "Extraccion
de un médulo CMC" en la pagina 323.
g NOTA: Compruebe que el pestillo de proteccion contra escritura esté en la
posicion de desbloqueo.

2 Localice la ranura para tarjeta SD en la parte inferior del médulo CMC e
inserte en clla la tarjeta por el extremo con los contactos y con la etiqueta
orientada hacia arriba. Consulte lustracién 4-5.

llustracion 4-5. Instalacion de una tarjeta SD en el médulo CMC

1 Tarjeta SD 2 Conector para tarjetas SD
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3

Vuelva a instalar el médulo CMC y vuelva a conectar los cables que haya
desconectado. Consulte "Instalacién de un médulo CMC" en la
pégina 325.

En un sistema con una unica CMC, la tarjeta SD se activa de forma
automadtica. En sistemas con mdédulos CMC redundantes, inicie una
conmutacién para activar el médulo pasivo mediante los pasos siguientes:

ST BW N -

Vaya a la pagina Chassis (Chasis).

Haga clic en la ficha Power Management (Administracién de energia).
Haga clic en la subficha Control.

Seleccione el botén Reset CMC (Restablecer CMC) (inicio activo).
Haga clic en Apply (Aplicar).

La CMC cede sus funciones autométicamente al médulo redundante, que
pasa a estar activo y muestra un LED de estado con una luz azul fija. La
tarjeta SD se activa automaticamente.

Consulte la Guia del usuario de la CMC para obtener informacion sobre la
configuracién y el uso de la funcion FlexAddress.

Instalacion de un médulo CMC

1
2
3

Extraiga la cubierta del conector de E/S. Consulte Hustracién 4-4.
Asegtirese de que el asa del médulo CMC esté totalmente abierta.

Inserte el mddulo en el alojamiento hasta que el asa entre en contacto con
el alojamiento.

ara que el médulo quede completamente insertado, cierre el asa hasta
P 1 modul d let t tado, | asa hast
que el pestillo de liberacién se asiente en su lugar.

Vuelva a conectar los cables que estaban conectados al médulo.
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Modulo iKVM

Extraccion de un médulo iKVM

1
2

Desconecte los cables conectados al médulo iKVM.

Presione el pestillo de liberacién del asa y separe el asa del panel frontal del
moédulo. Consulte Ilustracion 4-4.

Extraiga el médulo del alojamiento.

Instalacion de un madulo iKVM

1

Asegurese de que el asa del mddulo esté totalmente abierta. Consulte
[ustracion 4-4.

Inserte el médulo en el alojamiento hasta que el asa entre en contacto con
el alojamiento.

Para que el médulo quede completamente insertado, cierre el asa hasta
que el pestillo de liberacién se asiente en su lugar.

Si procede, conecte el teclado, el monitor y el ratén al médulo.

Modulos de E/S

A PRECAUCION: Si extrae un médulo de E/S, debe sustituirlo por otro médulo de

E/S o por un panel de relleno para mantener el flujo de aire de refrigeracion en el
alojamiento del sistema.

Extraccion de un médulo de E/S

1

326

Si todavia no ha instalado los enumeradores para cables para que la
extraccion y la instalacion de modulos de E/S resulten mas rdpidas y
sencillas, hagalo ahora. Consulte la Guia de instalacién del rack para
obtener més informacion.

Desconecte los cables conectados al médulo de E/S.

Levante el pestillo situado en el extremo del asa del médulo y separe el asa
del médulo. Consulte ustracion 4-6.

Extraiga el médulo de E/S del alojamiento.

Instale la cubierta del conector de E/S.
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llustracion 4-6. Extraccion e instalacion de un modulo de E/S
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1 Cubierta del conector de E/S 2 Madulo de E/S

3 Pestillo de liberacion 4 Asa
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Instalacion de un modulo de E/S

4 NOTA: El modulo de E/S se debe instalar en el compartimiento de E/S

correspondiente. Consulte "Pautas para la instalacion de modulos de E/S" en la
pagina 59.

Desempaquete el mddulo de E/S y preparelo para la instalacién.

Para obtener instrucciones, consulte la documentacién incluida con el
moédulo de E/S.

Extraiga la cubierta del conector de E/S de la parte posterior del médulo.
Consulte Ilustracion 4-6.

Instale el modulo de E/S en el alojamiento M1000e:

a  Levante el pestillo de liberacién del asa y abra el asa del médulo de E/S.
b Inserte el mddulo en el alojamiento.

¢ Cierre el asa hasta que quede bien asentada en su lugar y el médulo
esté completamente insertado.

Conecte todos los cables que deban conectarse al médulo de E/S.

Consulte la documentacién incluida con el médulo de E/S para obtener
informacion sobre las conexiones de los cables. Para obtener mds
informacidn sobre el uso de los enumeradores de cables para organizar y
administrar los cables, consulte la Guia de instalacién del rack.

Se debe instalar una tarjeta intermedia de red Fabric coincidente en uno o
varios modulos de alta densidad para admitir el nuevo médulo de E/S. Si
procede, instale las tarjetas intermedias en este momento. Consulte
"Tarjetas intermedias del médulo de E/S" en la pdgina 242.

Embellecedor del alojamiento

Extraccion del embellecedor del alojamiento
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1

Presione el interruptor de encendido del sistema para apagar el sistema.
Consulte "Componentes del panel de control del sistema” en la pagina 19.

Gire el médulo LCD de manera que la parte inferior del médulo quede
hacia arriba. Consulte lustraciéon 4-11.

Extraiga la cubierta de cables y desconecte el cable plano del médulo LCD.
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4 Quite los tornillos que fijan el embellecedor al alojamiento. Consulte
[lustracion 4-7.

llustracion 4-7. Extraccion e instalacion del embellecedor

1 Embellecedor 2 Alojamiento
3 Tornillos (8)

Instalacion del embellecedor del alojamiento

1 Fije el embellecedor al alojamiento mediante los tornillos. Consulte
[ustracion 4-7.

2 Conecte el cable plano al médulo LCD y vuelva a instalar la placa de
cubierta.
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Plano medio del alojamiento

Extraccion del plano medio y del conjunto de canastilla del médulo frontal

A PRECAUCION: Muchas de las reparaciones sélo pueden realizarlas los técnicos

d@
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de servicio autorizados. El usuario debe llevar a cabo inicamente las tareas de
solucion de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en la
documentacion del producto o indicadas por el personal de servicio y asistencia
en linea o telefonica. La garantia no cubre los daiios ocasionados por
reparaciones que Dell no haya autorizado. Lea y siga las instrucciones de
seguridad entregadas con el producto.

NOTA: Para llevar a cabo este procedimiento necesitara un destornillador Torx T15.
Presione el interruptor de encendido del sistema para apagar el sistema.
Consulte "Componentes del panel de control del sistema" en la pagina 19.

NOTA: Para evitar que se dafien los modulos, debe extraer todos los modulos
instalados en el alojamiento antes de extraer el plano medio y el conjunto de
canastilla del médulo frontal.

NOTA: Si extrae el chasis del rack, debe extraer todos los modulos antes de mover
el chasis. No utilice la pantalla LCD como asa al mover el chasis.

Extraiga todos los médulos de alta densidad. Consulte "Extraccién de un
moédulo de alta densidad" en la pégina 179.

Extraiga los médulos de fuente de alimentacién. Consulte "Extraccién de
un moédulo de fuente de alimentacién" en la pégina 318.

Extraiga los médulos de ventilador. Consulte "Extraccién de un médulo de
ventilador” en la pagina 321.

Extraiga los médulos CMC. Consulte "Extraccién de un médulo CMC" en
la pdgina 323.

Extraiga el médulo iKVM. Consulte "Extraccién de un médulo iKVM" en
la pagina 326.

Extraiga los médulos de E/S. Consulte "Extraccién de un médulo de E/S"
en la pagina 326.

Quite los cuatro tornillos que fijan el conjunto de canastilla del médulo
frontal al alojamiento. Consulte Ilustracién 4-8.
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llustracion 4-8. Extraccion e instalacion del conjunto de canastilla del modulo frontal

1 Conjunto de canastilla del médulo 2 Alojamiento
frontal

3 Tornillos (4)

ﬂ NOTA: El conjunto de canastilla pesa 21 kg cuando esté vacio. Pida ayuda para
extraer el conjunto de canastilla del alojamiento.

9 [Extraiga la canastilla del alojamiento. Consulte Ilustracién 4-8.

10 Desconecte el cable del panel de control del plano medio presionando el
pestillo pequefio situado en cada extremo del conector.

1 Quite los cuatro tornillos Torx T-15 que fijan el plano medio a la parte
posterior del conjunto de canastilla frontal y extraiga el plano medio.
Consulte Ilustracién 4-9.
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llustracion 4-9. Extraccion e instalacion del plano medio

1 Conjunto de canastilla del médulo 2 Plano medio
frontal
3 Tornillos (4)

Instalacion del plano medio y del conjunto de canastilla del modulo
frontal

A PRECAUCION: Muchas de las reparaciones sélo pueden realizarlas los técnicos
de servicio autorizados. El usuario debe llevar a cabo (inicamente las tareas de
solucion de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en la
documentacion del producto o indicadas por el personal de servicio y asistencia
en linea o telefonica. La garantia no cubre los dafios ocasionados por
reparaciones que Dell no haya autorizado. Lea y siga las instrucciones de
seguridad entregadas con el producto.

1 Coloque el plano medio en el conjunto de canastilla del médulo frontal y
fijelo con los cuatro tornillos Torx. Consulte llustracién 4-8.

2 Conecte el cable del panel de control al plano medio.
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3 Inserte con cuidado el conjunto de canastilla del médulo frontal en el
alojamiento. Consulte Ilustracion 4-9.

4 Coloque los cuatros tornillos que fijan el conjunto de canastilla del
modulo frontal.

5 Instale los médulos de E/S. Consulte "Instalacion de un médulo de E/S" en
la pagina 328.

6 Instale el médulo iKVM. Consulte "Instalacién de un médulo iKVM" en la
pagina 326.

7 Instale el médulo CMC. Consulte "Instalacién de un médulo CMC" en la
pégina 325.

8 Instale los modulos de ventilador. Consulte "Instalacion de un médulo de
ventilador" en la pdgina 322.

9 Instale los mddulos de fuente de alimentacién. Consulte "Instalaciéon de
un moédulo de fuente de alimentacién" en la pagina 321.

10 Instale los mdédulos de alta densidad. Consulte "Instalacién de un médulo
de alta densidad" en la pdgina 182.

Conjunto de panel de control del alojamiento

Extraccion del panel de control del alojamiento

A PRECAUCION: Muchas de las reparaciones sélo pueden realizarlas los técnicos
de servicio autorizados. El usuario debe llevar a cabo inicamente las tareas de
solucion de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en la
documentacion del producto o indicadas por el personal de servicio y asistencia
en linea o telefonica. La garantia no cubre los daiios ocasionados por
reparaciones que Dell no haya autorizado. Lea y siga las instrucciones de
seguridad entregadas con el producto.

1 Presione el interruptor de encendido del sistema para apagar el sistema.
Consulte "Componentes del panel de control del sistema" en la pagina 19.

2 [xtraiga los mddulos de alta densidad. Consulte "Extraccién de un
moédulo de alta densidad" en la pdgina 179.

3 [Extraiga el embellecedor. Consulte "Extraccién del embellecedor del
alojamiento” en la pagina 328.
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4 Quite los dos tornillos que fijan el panel de control al alojamiento.
Consulte Ilustracion 4-10.

llustracion 4-10. Extraccion e instalacion del panel de control

1 Panel de control 2 Cable del panel de control
3 Tornillos (2) 4 Cable del panel LCD

5 Presione el retén situado en cada extremo del conector del cable del panel
de control y extraiga el cable del panel de control de la parte inferior del
panel de control.

6 Utilice la lengiicta de tiro para desconectar el cable del panel LCD de la
parte inferior del panel de control.

334 | Instalacion de los componentes del alojamiento



Instalacion del panel de control del alojamiento

A PRECAUCION: Muchas de las reparaciones sélo pueden realizarlas los técnicos
de servicio autorizados. El usuario debe llevar a cabo linicamente las tareas de
solucion de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en la
documentacion del producto o indicadas por el personal de servicio y asistencia
en linea o telefonica. La garantia no cubre los dafios ocasionados por
reparaciones que Dell no haya autorizado. Lea y siga las instrucciones de
seguridad entregadas con el producto.

Conecte el cable del panel LCD al nuevo panel de control.

2 Conecte el cable del panel de control a la parte inferior del nuevo panel de
control.

Vuelva a instalar el panel de control con los dos tornillos.

Vuelva a colocar el embellecedor. Consulte "Instalaciéon del embellecedor
del alojamiento" en la pdgina 329.

5 Instale los médulos de alta densidad. Consulte "Instalacién de un médulo
de alta densidad" en la pdgina 182.

Modulo LCD

Extraccion del modulo LCD

A PRECAUCION: Muchas de las reparaciones solo pueden realizarlas los técnicos
de servicio autorizados. El usuario debe llevar a cabo linicamente las tareas de
solucion de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en la
documentacion del producto o indicadas por el personal de servicio y asistencia
en linea o telefonica. La garantia no cubre los daiios ocasionados por
reparaciones que Dell no haya autorizado. Lea y siga las instrucciones de
seguridad entregadas con el producto.

1 Gire el médulo LCD de manera que la parte inferior del médulo quede
hacia arriba. Consulte Ilustracién 4-11.
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llustracion 4-11. Extraccion e instalacion del moédulo LCD

1 Cubierta de cables 2 Madulo LCD
3 Cable plano 4 Bisagras (2)
5 Tornillos (2)

2 Fxtraiga la cubierta de cables.

3 Desconecte el cable plano.

4

Quite los dos tornillos que fijan el médulo LCD a las bisagras.
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Instalacion del médulo LCD

A PRECAUCION: Muchas de las reparaciones sélo pueden realizarlas los técnicos
de servicio autorizados. El usuario debe llevar a cabo linicamente las tareas de
solucion de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en la
documentacion del producto o indicadas por el personal de servicio y asistencia
en linea o telefonica. La garantia no cubre los dafios ocasionados por
reparaciones que Dell no haya autorizado. Lea y siga las instrucciones de
seguridad entregadas con el producto.

1 Fije el nuevo médulo LCD a las bisagras con los dos tornillos. Consulte
[lustracion 4-11.

2 Conecte el cable plano al médulo y vuelva a instalar la placa de cubierta.
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Solucion de problemas del sistema

Seguridad para el usuario y el sistema

A PRECAUCION: Muchas de las reparaciones solo pueden realizarlas los técnicos
de servicio autorizados. El usuario debe llevar a cabo inicamente las tareas de
solucion de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en la
documentacion del producto o indicadas por el personal de servicio y asistencia
en linea o telefonica. La garantia no cubre los daiios ocasionados por
reparaciones que Dell no haya autorizado. Lea y siga las instrucciones de
seguridad entregadas con el producto.

Rutina de inicio

Observe y escuche el sistema durante la rutina de inicio para comprobar si se
producen las indicaciones descritas en la Tabla 5-1.

Tabla 5-1. Indicadores de la rutina de inicio

Indicacion

Accion

Un mensaje de error en el monitor

Mensajes de alerta procedentes del
software de administraciéon de
sistemas

El indicador de alimentacién del
monitor

Los indicadores del teclado

El indicador de actividad de la unidad
de disquete USB

Consulte "Mensajes del sistema" en la
pagina 130.

Consulte la documentacién del software de
administracién de sistemas.

Consulte "Solucion de problemas del video" en
la pagina 340.

Consulte "Solucién de problemas del teclado" en
la pagina 341.

Consulte "Solucién de problemas de los
dispositivos USB" en la pdgina 343.
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Tabla 5-1. Indicadores de la rutina de inicio

Indicacion Accion

El indicador de actividad de la unidad  Consulte "Solucién de problemas de los
optica USB dispositivos USB" en la pdgina 343.

El indicador de actividad de la unidad  Consulte "Solucién de problemas de las
de disco duro unidades de disco duro” en la pagina 352.

Comprobacion del equipo

En esta seccién se presentan procedimientos de solucién de problemas para
los dispositivos externos conectados al sistema, como el monitor, el teclado o
el ratén. Antes de llevar a cabo cualquiera de estos procedimientos, consulte
"Solucién de problemas de las conexiones externas” en la pagina 340.

Solucidn de problemas de las conexiones
externas

Los cables sueltos o mal conectados son el origen més habitual de los
problemas del sistema, del monitor y de otros periféricos (teclado, ratén u
otros dispositivos externos). Asegtrese de que todos los cables externos estén
bien enchufados en los conectores externos del sistema. En la Ilustracién 1-13
se muestran los conectores del panel frontal del sistema y en la

llustracién 1-15 se muestran los conectores del panel posterior.

Solucion de problemas del video
1 Compruebe la conexién al médulo iKVM.
Si dispone de otro cable de monitor, cimbielo.
Compruebe que la revisién del firmware de iIKVM es actual.

Examine la conexion del monitor al conector del panel frontal del médulo
de alta densidad o al médulo iKVM del panel posterior.

4 Ascgurese de que el puerto no esté inhabilitado por la controladora de
administracién del chasis (CMC) o por la redireccion a otro puerto.

5 Sihay dos 0 mas médulos de alta densidad instalados en el alojamiento,
seleccione un mddulo de alta densidad distinto.

340 | Solucion de problemas del sistema



Si el monitor estd conectado al médulo iIKVM del panel posterior y
funciona con otro médulo de alta densidad, es posible que se deba
recolocar el primer médulo de alta densidad. Consulte "Extraccion e
instalacién de un médulo de alta densidad" en la pdgina 179. Si después de
recolocar el médulo de alta densidad no se soluciona el problema, es
posible que dicho médulo sea defectuoso. Consulte "Obtencién de ayuda"
en la pagina 395.

Cambie el monitor por uno que funcione correctamente.

Si el monitor no funciona cuando estd conectado al conector del panel
frontal del médulo de alta densidad, es posible que dicho mddulo sea
defectuoso. Consulte "Obtencién de ayuda" en la pagina 395.

Si el monitor no funciona cuando est4 conectado al médulo iIKVM, es
posible que dicho médulo sea defectuoso. Consulte "Obtencién de ayuda"
en la pagina 395.

Solucion de problemas del teclado

1
2
3

Asegtirese de que los médulos de alta densidad estdn encendidos.
Compruebe que la revisién del firmware de iIKVM es actual.

Examine la conexién del teclado al conector del panel frontal del médulo
de alta densidad o al médulo iKVM del panel posterior.

Si el teclado estd conectado a un KVM externo mediante un SIP,
compruebe que el SIP es compatible con el KVM.

Si hay dos 0 mds médulos de alta densidad instalados en el alojamiento,
seleccione un médulo de alta densidad distinto.

Si el teclado estd conectado al médulo iIKVM del panel posterior y
funciona con otro médulo de alta densidad, es posible que se deba
recolocar el primer médulo de alta densidad. Consulte "Extraccion e
instalacién de un médulo de alta densidad" en la pdgina 179. Si después de
recolocar el médulo de alta densidad no se soluciona el problema, es
posible que dicho médulo sea defectuoso. Consulte "Obtencién de ayuda”
en la pagina 395.

Cambie el teclado por uno que funcione correctamente y repita el paso 3 y
el paso 5. Si el teclado no funciona con ningin médulo de alta densidad,
consulte "Obtencién de ayuda” en la pagina 395.
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Solucion de problemas del raton

342

1
2
3

Asegtrese de que los médulos de alta densidad estan encendidos.
Compruebe que la revisién del firmware de iIKVM es actual.

Examine la conexién del ratén al conector del panel frontal del médulo de
alta densidad o al médulo iKVM del panel posterior.

Si el teclado estd conectado a un KVM externo mediante un SIP,
compruebe que el SIP es compatible con el KVM.

Si hay dos 0 mds médulos de alta densidad instalados en el alojamiento,
seleccione un médulo de alta densidad distinto.

Si el raton estd conectado al médulo iIKVM del panel posterior y funciona
con otro médulo de alta densidad, es posible que se deba recolocar el
primer médulo de alta densidad. Consulte "Extraccién e instalacion de un
modulo de alta densidad" en la pagina 179. Si después de recolocar el
modulo de alta densidad no se soluciona el problema, es posible que dicho
modulo sea defectuoso. Consulte "Obtencion de ayuda” en la pdgina 395.

Cambie el ratén por uno que funcione correctamente y repita el paso 3 y el
paso 5. Si el ratén no funciona con ningtin médulo de alta densidad,
consulte "Obtencién de ayuda” en la pagina 395.
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Solucion de problemas de los dispositivos USB

% NOTA: Los dispositivos USB sélo pueden conectarse al panel frontal del modulo de
alta densidad. La longitud total de un cable USB no debe superar los 3 m.

1 Asegtrese de que los médulos de alta densidad estdn encendidos.

2 Compruebe la conexion del dispositivo USB al médulo de alta densidad.
3 Cambice el dispositivo USB por uno que funcione correctamente.
4

Conecte los dispositivos USB al médulo de alta densidad mediante un
concentrador USB alimentado.

5 Sihay otro médulo de alta densidad instalado, conecte el dispositivo USB
a dicho maédulo. Si el dispositivo USB funciona con otro médulo de alta
densidad, es posible que el primer médulo de alta densidad sea defectuoso.
Consulte "Obtencién de ayuda” en la pagina 395.

Respuesta a un mensaje de alerta de
administracion de sistemas

Las aplicaciones de administracion de la CMC supervisan los voltajes y
temperaturas criticos y los ventiladores de refrigeracion del sistema. Para
obtener informacién sobre los mensajes de alerta de la CMC, consulte la Guia
de configuracion.

Solucion de problemas en caso de que se moje el
alojamiento

A PRECAUCION: Muchas de las reparaciones sélo pueden realizarlas los técnicos
de servicio autorizados. El usuario debe llevar a cabo inicamente las tareas de
solucion de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en la
documentacion del producto o indicadas por el personal de servicio y asistencia
en linea o telefonica. La garantia no cubre los daiios ocasionados por
reparaciones que Dell no haya autorizado. Lea y siga las instrucciones de
seguridad entregadas con el producto.

1 Apague el sistema.
2 Desconecte las fuentes de alimentacién de la PDU.

A PRECAUCION: Espere a que se apaguen todos los indicadores de las fuentes de
alimentacion antes de continuar.
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Extraiga todos los médulos de alta densidad. Consulte "Extraccién de un
moédulo de alta densidad" en la pégina 179.

Extraiga los médulos de fuente de alimentacién. Consulte "Extraccién de
un moédulo de fuente de alimentacién” en la pégina 318.

Extraiga los médulos de ventilador. Consulte "Extraccién de un médulo de
ventilador" en la pagina 321.

Extraiga los médulos CMC. Consulte "Extraccién de un médulo CMC" en
la pagina 323.

Extraiga el médulo iKVM. Consulte "Extraccién de un médulo iKVM" en
la pagina 326.

Extraiga los médulos de E/S. Consulte "Extraccién de un médulo de E/S"
en la pagina 326.

Deje secar el sistema durante 24 horas como minimo.

Instale los moédulos de E/S. Consulte "Instalacién de un médulo de E/S" en
la pagina 328.

Instale el médulo iKVM. Consulte "Instalacién de un médulo iKVM" en la
pagina 326.

Instale el médulo CMC. Consulte "Instalacién de un médulo CMC" en la
pdgina 325.

Instale los médulos de ventilador. Consulte "Instalacién de un médulo de
ventilador" en la pagina 322.

Instale los médulos de fuente de alimentacién. Consulte "Instalacién de
un moédulo de fuente de alimentacién" en la pégina 321.

Instale los médulos de alta densidad. Consulte "Instalacién de un médulo
de alta densidad" en la pdgina 182.

Vuelva a conectar los médulos de fuente de alimentacién a la PDU
correspondiente ¢ inicie el sistema.

Si el sistema no se inicia correctamente, consulte "Obtencién de ayuda" en
la pagina 395.

Ejecute los diagnésticos de Server Administrator para confirmar que el
sistema funciona correctamente. Consulte "Ejecucién de los diagndsticos
del sistema" en la pagina 359.

Si las pruebas fallan, consulte "Obtencién de ayuda” en la pagina 395.
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Solucion de problemas en caso de que se daiie el
alojamiento

1

Asegtirese de que los componentes siguientes estdn instalados y
conectados correctamente:

*  Modulo CMC

*  Moddulo iKVM

*  Modulos de E/S

*  Mbddulos de fuente de alimentacién

*  Moddulos de ventilador

*  Modulos de alta densidad

Asegtirese de que todos los cables estén bien conectados.

Asegurese de que todos los componentes estdn instalados correctamente y
no presentan dafios.

Ejecute los diagnésticos en linea. Consulte "Ejecucién de los diagnésticos
del sistema" en la pdgina 359.

Silas pruebas fallan, consulte "Obtencién de ayuda" en la pigina 395.

Solucion de problemas de los componentes del
alojamiento

Los procedimientos siguientes describen cémo solucionar problemas de los
componentes que se indican a continuacion:

Modulos de fuente de alimentacién
Moédulos de ventilador
Modulo CMC

Moédulo de conmutador de red

Solucion de problemas de los médulos de fuente de alimentacion

[E4 NOTA: Los modulos de fuente de alimentacion son de intercambio activo. No

extraiga ni sustituya mas de un médulo de fuente de alimentacion a la vez si el
sistema esta encendido. Si hay un médulo de fuente de alimentacion defectuoso,
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déjelo instalado en el alojamiento hasta que vaya a sustituirlo. Si se utiliza el
sistema con un médulo de fuente de alimentacion extraido durante periodos
prolongados, puede producirse un sobrecalentamiento.

% NOTA: Los mddulos de fuente de alimentacion de 2700 Wy 2 360 W requieren una

fuente de energia de 200-240 V para funcionar. Silos modulos de fuente de
alimentacion se conectan a tomas eléctricas de 110V, el sistema proporciona una
alimentacion de entrada de 2 200 W CA cuando se selecciona la casilla de
verificacion Allow 110 VAC Operation (Permitir funcionamiento a 110V CA) en la
pantalla Power Configuration (Configuracion de alimentacion) de la CMC.

Localice el médulo de fuente de alimentacion defectuoso y compruebe los
indicadores. Consulte llustracién 1-17. El indicador de CA de la fuente de
alimentacién emite una luz verde si se recibe alimentacién de CA. El
indicador de fallo de la fuente de alimentacién emite una luz dmbar si la
fuente de alimentacién es defectuosa. Si no hay ningan indicador
encendido, asegirese de que la PDU suministra corriente alterna de 208 V
y de que el cable de alimentacién estd bien conectado al médulo de fuente
de alimentacion.

Instale una fuente de alimentacién nueva. Consulte "Instalacién de un
moédulo de fuente de alimentacién” en la pégina 321.

Q NOTA: Después de instalar una nueva fuente de alimentacion, espere unos
segundos hasta que el sistema la reconozca y determine si funciona
correctamente. El indicador de alimentacion de CC de la fuente de
alimentacion emite una luz verde si la fuente de alimentacion funciona
correctamente. Consulte llustracion 1-17.

Sininguna de las fuentes de alimentacién muestra un LED de fallo y los

moédulos de alta densidad no se encienden, compruebe si hay mensajes de

estado en la pantalla LCD o en la CMC.

Si el problema no se resuelve, consulte "Obtencién de ayuda” en la
pégina 395.

Solucion de problemas de los médulos de ventilador

4 NOTA: Los modulos de ventilador son de intercambio activo. No extraiga ni
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1

sustituya mas de un médulo de ventilador a la vez si el sistema esta encendido. Si
se utiliza el sistema sin los seis modulos de ventilador durante periodos
prolongados, puede producirse un sobrecalentamiento.

Localice el ventilador defectuoso.
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Cada médulo de ventilador tiene indicadores que identifican un ventilador
defectuoso. Consulte llustracion 1-18.

2 [Extraiga el mddulo de ventilador. Consulte "Extraccién de un moédulo de
ventilador" en la pagina 321.

3 Comprucebe si los médulos de alta densidad estdn sucios. Si lo estédn,
limpielos con cuidado.

4 Recoloque el ventilador defectuoso. Consulte "Instalacién de un médulo
de ventilador" en la pagina 322.

5 Sininguno de los ventiladores muestra un LED de fallo y los médulos de

alta densidad no se encienden, compruebe si hay mensajes de estado en la
pantalla LCD o en la CMC.

6 Siel problema no se resuclve, instale un ventilador nuevo.
Si el nuevo ventilador no funciona, consulte "Obtencién de ayuda” en la
pdgina 395.
Solucion de problemas del médulo CMC

Q NOTA: Para descartar la posibilidad de un problema de hardware con el médulo o
los dispositivos conectados, primero asegirese de que el médulo se ha inicializado
correctamente y esta bien configurado. Consulte la Gi'a de confi guraci dny la
documentacion incluida con el modulo antes de realizar el procedimiento siguiente.

1 Compruebe que el médulo CMC tiene instalado el firmware mds reciente.

Vaya a support.dell.com para encontrar el firmware mds reciente y consulte
las notas de la versién para obtener informacion sobre actualizaciones y
compatibilidad del firmware.

2 Compruebe que las CMC tienen direcciones IP vélidas para la subred. Para
ello, utilice el comando ping de ICMP.

[E4 NOTA: En un alojamiento con dos CMC, ambas controladoras comparten la
misma direccion IP.

3 Recoloque el médulo CMC y compruebe si se apaga el indicador de fallo
del médulo CMC. Para obtener mds informacién sobre los indicadores del
moédulo, consulte "Médulo CMC" en la pagina 323 y llustracién 1-22.

4 Sidispone de otro médulo CMC, cambicelo.
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Si el indicador de fallo estd apagado pero el dispositivo serie conectado al
puerto serie no funciona correctamente, vaya al paso 6. Si el indicador de
fallo estd apagado pero el dispositivo de administracién de red conectado
al puerto del conector de la interfaz de red no funciona correctamente,
vaya al paso 9.

[E4 NOTA: En un alojamiento con dos CMS, las conexiones serie solo se admiten

en la CMC principal. Esto se indica mediante un nico LED azul. Consulte
llustracién 1-22.

Recoloque el cable serie en el conector serie del médulo CMC y en el
dispositivo serie que se comunica con €él.

Conecte un cable serie de médem nulo que funcione correctamente del
modulo CMC al dispositivo serie.

Conecte un dispositivo serie que funcione correctamente al médulo CMC.

Si el dispositivo serie y el médulo CMC siguen sin comunicarse entre s,
consulte "Obtencién de ayuda” en la pagina 395.

Recoloque el cable de red en el conector de red del médulo CMC y en el
dispositivo de red.

Conecte un cable de red que funcione correctamente del médulo CMC al
dispositivo de red.

g NOTA: Sila CMC esta conectada a otra CMC en un alojamiento adyacente y
no se realiza la sustitucion tras error, compruebe el cable de red conectado al
puerto Gb2. Si no hay ninguna conexién de administracion externa a la CMC,
compruebe el cable conectado al puerto Gb1. Consulte llustracion 1-22.

Conecte un dispositivo de red que funcione correctamente al médulo

CMC.

Si el dispositivo de red y el médulo CMC siguen sin comunicarse entre s,
consulte "Obtencién de ayuda” en la pagina 395.

Solucion de problemas del médulo iKVM

Problema

Mientras utiliza la redireccién de consola/video de iDRAC, no puede ver
videos a través de iIKVM cuando cambia a un médulo de alta densidad que
ejecuta Linux.
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Posible causa

Se ha afadido recientemente un monitor o conmutador KVM con una
resoluciéon mds baja.

Ejemplo:

Se inserta y enciende un médulo de alta densidad que ejecuta X Window en
Linux. Un usuario se conecta al mddulo de alta densidad en modo GUI del
sistema operativo a través de iDRAC, y se detecta una resolucion de video que
se define permanentemente para esa sesién. Se conecta un monitor o
conmutador KVM a la interfaz iKVM frontal o posterior del alojamiento
M1000e. El monitor o conmutador KVM esté configurado con una resolucién
INFERIOR a la resolucién configurada en ese momento en la sesion de

X Window del médulo de alta densidad Linux.

Cuando se selecciona el mddulo de alta densidad Linux mediante el puerto
frontal o posterior del iKVM, el circuito de iDRAC adopta la resolucion mas
baja de los dispositivos externos conectados. La imagen del monitor o
conmutador KVM con la resolucién mds baja no se verd hasta que se reinicie
X Window (debe seguir viéndose la imagen de iDRAC).

Solucion:
1 Desde la sesién de iDRAC, salga y vuelva a entrar en el modo GUIL. Se
detectard y se utilizard la resolucién mds baja.

2 Defina todos los monitores o conmutadores KVM conectados al
alojamiento M1000e con la misma resolucién o una superior de acuerdo
con la configurada en los médulos de alta densidad Linux en modo GUL

3 Desde el monitor con la resolucién mas baja (no se visualiza ninguna
imagen), pulse <CTRL> <ALI'><F3> para cambiar a la pantalla de
conexién en modo no GUI.

4 Reinicie X Window para detectar y utilizar la resoluciéon mas baja.
Solucion de problemas de un modulo de conmutador de red

Q NOTA: Para descartar la posibilidad de un problema de hardware con el madulo o
los dispositivos conectados, primero aseglrese de que el modulo se ha inicializado
correctamente y esta bien configurado. Consulte la Gi'a de confi guraci dny la
documentacion incluida con el modulo antes de realizar el procedimiento siguiente.
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Compruebe que ha instalado el médulo en una ranura de E/S que coincide
con el tipo de red Fabric. Consulte "Configuraciones de médulo de E/S
admitidas" en la pagina 64.

Compruebe que el mddulo de paso a través o los puertos de conmutacion
estén cableados correctamente.

Una determinada tarjeta intermedia de un médulo de alta densidad de
altura completa se conecta a dos de los puertos de E/S de los dos médulos
de E/S asociados. Consulte "Asignaciones de puertos de los médulos de
E/S: Médulos de alta densidad de altura completa (no aplicable a
PowerEdge M610x)" en la pdgina 69.

Al utilizar la funcién "maédulo de alta densidad 17" de la CMC, utilice el
comando Connect Switch-X para comprobar que el conmutador se ha
iniciado por completo y verifique la direccién IP y la revisién del firmware
del conmutador.

Compruebe que el médulo de conmutador tiene una direccion IP vélida
para la subred. Para ello, utilice el comando ping de ICMP.

Compruebe los indicadores de los conectores de red situados en el modulo
de conmutador de red.

* Sielindicador de enlace muestra una condicién de error, compruebe
todas las conexiones de los cables. Consulte "Conectividad de E/S" en
la pagina 59 para obtener informacién sobre las condiciones de error
del indicador de enlace en su médulo de conmutador de red concreto.

¢ Pruebe con otro conector del concentrador o conmutador externo.

* Sielindicador de actividad no se enciende, sustituya el médulo de
conmutador de red. Consulte "Médulos de E/S" en la pagina 326.

Mediante la interfaz de administracién de conmutadores, compruebe las
propiedades del puerto de conmutacién. Si el conmutador estd
configurado correctamente, realice una copia de seguridad de la
configuracién del conmutador y sustitayalo. Para obtener informacién
detallada, consulte la documentacién del médulo de conmutador.

Si el médulo de alta densidad requicre una tarjeta intermedia para un
moédulo de conmutador de red concreto, asegtirese de que estd instalada la
tarjeta intermedia correcta. Si es asi, recoloque la tarjeta intermedia.
Consulte "Tarjetas intermedias del médulo de E/S" en la pdgina 242.
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Si el indicador de enlace de red del médulo de alta densidad emite una luz
verde, significa que el médulo de alta densidad tiene un enlace vélido con
el médulo de conmutador de red adecuado.

Asegtrese de que se han instalado los controladores del sistema operativo
adecuados y de que se han configurado los valores de protocolo para
garantizar una comunicacién adecuada.

Solucion de problemas de los componentes del
maédulo de alta densidad

Los procedimientos siguientes describen cémo solucionar problemas de los
componentes que se indican a continuacién. En la Ilustracién 3-5 se muestra
la ubicacién de los componentes internos del médulo de alta densidad.

Memoria

Unidades de disco duro

Tarjetas de expansion

Procesadores

Placa base del médulo de alta densidad

Bateria

Solucion de problemas de la memoria del médulo de alta densidad

Q NOTA: Antes de realizar el procedimiento siguiente, asegirese de que ha instalado

los modulos de memoria de acuerdo con las pautas de instalacion de memoria
correspondientes al médulo de alta densidad. Consulte "Memoria del sistema” en la
pagina 194.

Reinicie el médulo de alta densidad.

a  Presione el botén de encendido una vez para apagar el médulo de alta

densidad.

b Presione de nuevo el botén de encendido para conectar el médulo de
alta densidad a la alimentacion.

Si no aparecen mensajes de error, vaya al paso 8.

Abra el programa de configuracion del sistema y compruebe la
configuracién de la memoria del sistema. Consulte "Uso del programa de
configuracién del sistema y de UEFI Boot Manager" en la pagina 157.
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Sila cantidad de memoria instalada coincide con la configuracién de la
memoria del sistema, vaya al paso §.

Extraiga el médulo de alta densidad. Consulte "Extraccién de un médulo
de alta densidad" en la pdgina 179.

Abra el médulo de alta densidad. Consulte "Apertura del mddulo de alta
densidad" en la pégina 183.

PRECAUCION: Los médulos de memoria permanecen calientes durante un
tiempo tras apagar el modulo de alta densidad. Antes de manipularlos, deje
transcurrir tiempo suficiente para que se enfrien. Sujete los médulos de memoria
por los bordes de la tarjeta y evite tocar los componentes.

Recoloque los médulos de memoria en sus zdcalos. Consulte "Instalacion
de mddulos de memoria" en la pdgina 237.

Cierre el médulo de alta densidad. Consulte "Cierre del médulo de alta
densidad" en la pdgina 185.

Instale el médulo de alta densidad. Consulte "Instalacién de un médulo de
alta densidad” en la pdgina 182.

Ejecute la prueba de la memoria del sistema incluida en los diagnésticos
del sistema. Consulte "Ejecucién de los diagndsticos del sistema” en la
pégina 359.

Sila prueba falla, consulte "Obtencién de ayuda" en la pagina 395.

Solucion de problemas de las unidades de disco duro
A PRECAUCION: Este procedimiento de solucién de problemas puede borrar los
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datos almacenados en la unidad de disco duro. Antes de continuar, si es posible,
haga copias de seguridad de todos los archivos de la unidad de disco duro.
Consulte la documentacion de la controladora RAID para regenerar y reparar una
matriz RAID.

Ejecute la prueba de las controladoras que correspondan y las pruebas de la
unidad de disco duro en los diagnésticos del sistema. Consulte "Ejecucion
de los diagndsticos del sistema" en la pdgina 359.

Silas pruebas fallan, vaya al paso 3.
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2 Desconecte la unidad de disco duro y espere a que los cédigos de los
indicadores de la unidad de disco duro del portaunidades indiquen que la
unidad puede extraerse de forma segura. A continuacion, extraiga el
portaunidades y recoldquelo en el médulo de alta densidad. Consulte
"Unidades de disco duro” en la pagina 295.

3 Reinicie el médulo de alta densidad, abra el programa de configuracion del
sistema y compruebe que la controladora de la unidad esté habilitada.
Consulte "Pantalla Integrated Devices" en la pagina 165.

4 Asegtirese de que todos los controladores de dispositivo necesarios estén
instalados y configurados correctamente.

Q NOTA: Instalar una unidad de disco duro en otro compartimiento puede
desconfigurar la duplicacion si se tiene un estado de duplicacién 6ptimo.

5 [Dxtraiga la unidad de disco duro e instdlela en el otro compartimiento para
unidades. Consulte "Unidades de disco duro” en la pagina 295.

6 Sicl problema se resuelve, vuelva a instalar la unidad de disco duro en el
compartimiento original.

Sila unidad de disco duro funciona correctamente en el compartimiento
original, el portaunidades podria tener problemas intermitentes. Sustituya
el portaunidades.

7 Silaunidad de disco duro es la unidad de inicio, asegirese de que dicha
unidad esté configurada y conectada correctamente. Consulte
"Contfiguracién de la unidad de inicio" en la pdgina 298.

Particione la unidad de disco duro y dele un formato logico.
Si es posible, restaure los archivos en la unidad.

Si el problema persiste, consulte "Obtencién de ayuda” en la pdgina 395.

Solucion de problemas de las tarjetas de expansion

A PRECAUCION: Muchas de las reparaciones sélo pueden realizarlas los técnicos
de servicio autorizados. El usuario debe llevar a cabo inicamente las tareas de
solucion de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en la
documentacion del producto o indicadas por el personal de servicio y asistencia
en linea o telefdnica. La garantia no cubre los daiios ocasionados por
reparaciones que Dell no haya autorizado. Lea y siga las instrucciones de
seguridad entregadas con el producto.
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Q NOTA: Para solucionar los problemas de una tarjeta de expansion, consulte
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también la documentacion del sistema operativo y de la tarjeta.

Ejecute la prueba de diagnéstico en linea adecuada. Consulte "Ejecucion
de los diagnésticos del sistema" en la pagina 360.

Extraiga el médulo de alta densidad. Consulte "Extraccién de un médulo
de alta densidad" en la pdgina 179.

Abra el mddulo de alta densidad. Consulte "Apertura del mddulo de alta
densidad" en la pdgina 183.

Verifique que las tarjetas de expansion instaladas cumplen las pautas para
la instalacién correspondientes. Consulte "Pautas para la instalacién de
tarjetas de expansion” en la pdgina 261.

Asegtrese de que la tarjeta de expansion esté asentada firmemente en el
conector. Consulte "Instalacién de una tarjeta de expansion” en la

pagina 262.

Cierre el médulo de alta densidad. Consulte "Cierre del médulo de alta
densidad" en la pdgina 185.

Instale el médulo de alta densidad. Consulte "Instalaciéon de un médulo de
alta densidad" en la pagina 182.

Si el problema no se resuelve, extraiga el mdédulo de alta densidad.
Consulte "Extraccién de un médulo de alta densidad” en la pégina 179.

Abra el médulo de alta densidad. Consulte "Apertura del médulo de alta
densidad" en la pdgina 183.

Extraiga todas las tarjetas de expansién instaladas en el médulo de alta
densidad. Consulte "Extraccién de una tarjeta de expansion” en la
pégina 265.

Cierre el médulo de alta densidad. Consulte "Cierre del médulo de alta
densidad" en la pdgina 185.

Instale el médulo de alta densidad y enciéndalo. Consulte "Instalacion de
un moédulo de alta densidad" en la pdgina 182.

Ejecute la prueba de diagnéstico en linea adecuada.

Sila prueba falla, consulte "Obtencién de ayuda” en la pagina 395.

Para cada tarjeta de expansion que haya extraido en el paso 10, realice los
pasos siguientes:
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a  Abra el modulo de alta densidad. Consulte "Apertura del médulo de
alta densidad" en la pdgina 183.

b Vuelva a instalar una de las tarjetas de expansion.

¢ Cierre el médulo de alta densidad. Consulte "Cierre del médulo de
alta densidad" en la pdgina 185.

d Instale el mddulo de alta densidad y enciéndalo. Consulte "Instalacion
de un moédulo de alta densidad" en la pagina 182.

e LEjecute la prueba de diagndstico adecuada.

Sélo para M610x: si el problema persiste tras recolocar las tarjetas de
expansion, recoloque los cables de alimentacién y de datos y ejecute la
prueba de diagnéstico adecuada.

Silas pruebas fallan, consulte "Obtencién de ayuda" en la pigina 395.

Solucion de problemas de los procesadores

1

Extraiga el médulo de alta densidad. Consulte "Extraccién de un médulo
de alta densidad" en la pdgina 179.

Abra el médulo de alta densidad. Consulte "Apertura del médulo de alta
densidad" en la pdgina 183.

Asegtrese de que los procesadores y los disipadores de calor estén
instalados correctamente. Consulte "Procesadores” en la pdgina 271.

Si en el sistema sélo se ha instalado un procesador, compruebe que esté
instalado en el zdcalo del procesador principal. Consulte [lustracién 7-13 o
lNustraciéon 7-12.

Para un sistema PowerEidge M905, comprucbe que las tarjetas de puente
HyperTransport (HT) estén instaladas en los zécalos CPU3 y CPU4, y que
ambas tarjetas estén insertadas completamente en los z6calos del
procesador. Consulte "Tarjeta de puente HT (sélo PowerEdge M905)" en la
pagina 290.

Cierre el médulo de alta densidad. Consulte "Cierre del médulo de alta
densidad" en la pdgina 185.

Instale el médulo de alta densidad. Consulte "Instalacién de un médulo de
alta densidad" en la pagina 182.

Ejecute Quick Tests (Pruebas rdpidas) de los diagndsticos del sistema.
Consulte "Ejecucion de los diagnésticos del sistema" en la pdgina 359.
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Silas pruebas fallan o el problema persiste, consulte "Obtencién de ayuda"
en la pagina 395.

Solucion de problemas de la placa del modulo de alta densidad

1 Extraiga el médulo de alta densidad. Consulte "Extraccién de un médulo
de alta densidad" en la pagina 179.

2 Abra el mddulo de alta densidad. Consulte "Apertura del médulo de alta
densidad" en la pdgina 183.

3 Borre la NVRAM del médulo de alta densidad.

Consulte "Configuraciéon de los puentes de la placa base del médulo de
alta densidad" en la pagina 365 para ver la ubicacién del puente
NVRAM_CLR.

4 Sisigue habiendo un problema con el médulo de alta densidad, extraigalo
y vuelva a instalarlo. Consulte "Instalacién de un mddulo de alta densidad"
en la pagina 182,

5 Encienda el médulo de alta densidad.

Ejecute la prueba de la placa base incluida en los diagnésticos del sistema.
Consulte "Ejecucion de los diagnésticos del sistema" en la pdgina 359.

Silas pruebas fallan, consulte "Obtencién de ayuda" en la pagina 395.

Solucion de problemas de la bateria de reserva de la NVRAM

Cada médulo de alta densidad contiene una baterfa que mantiene la
informacién de configuracién, de fecha y de hora del médulo de alta densidad
en la NVRAM cuando se apaga el médulo de alta densidad. Es posible que
deba sustituir la bateria si se muestra una hora o una fecha incorrecta durante
la rutina de inicio.

El médulo de alta densidad puede funcionar sin baterfa; sin embargo, la
informacién de configuracién del médulo de alta densidad mantenida por la
bateria de la NVRAM se borra cada vez que se interrumpe la alimentacion del
moadulo de alta densidad. Por tanto, deberd volver a introducir la informacién
de configuracion del sistema y restablecer las opciones cada vez que se inicie
el médulo de alta densidad hasta que cambie la bateria.

1 Vuelva a introducir la fecha y la hora mediante el programa de
configuracién del sistema. Consulte "Uso del programa de configuraciéon
del sistema y de UEFI Boot Manager" en la pagina 157.
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2 [xtraiga el mddulo de alta densidad durante al menos una hora. Consulte
"Extraccién de un médulo de alta densidad” en la pagina 179.

3 Instale el médulo de alta densidad. Consulte "Instalaciéon de un médulo de
alta densidad" en la pdgina 182.

4 Abra el programa de configuracién del sistema.

Sila fecha y la hora que se indican en el programa de configuracion del
sistema no son correctas, sustituya la bateria. Consulte "Bateria de reserva

de la NVRAM de la placa base del médulo de alta densidad" en la
pagina 293.

Si el problema no se resuelve al sustituir la baterfa, consulte "Obtencién de
ayuda" en la pdgina 395.

Q NOTA: Si el modulo de alta densidad se mantiene apagado durante periodos
prolongados (semanas o meses), la NVRAM puede perder la informacion de
configuracion del sistema. Esto se debe a que la bateria es defectuosa.

Q NOTA: Algunos programas pueden provocar que la hora del mdodulo de alta
densidad se adelante o se atrase. Si el modulo de alta densidad parece funcionar
con normalidad, a excepcion de la hora indicada en el programa de configuracion
del sistema, es posible que el problema se deba al software y no a una bateria
defectuosa.
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Ejecucion de los diagnosticos del
sistema

Si tiene algin problema con el médulo de alta densidad, ejecute los
diagnésticos antes de llamar para solicitar asistencia técnica. El propésito de
los diagnésticos es probar el hardware del médulo de alta densidad sin la
ayuda de equipo adicional y sin riesgo de perder datos. Si no puede corregir el
problema, el personal de servicio y asistencia puede utilizar los resultados de
las pruebas de diagnéstico para ayudarle a resolver el problema.

Dell PowerEdge Diagnostics

Para evaluar un problema del sistema, utilice primero los diagndsticos en linea
de Dell PowerEdge Diagnostics. Dell PowerEdge Diagnostics es un conjunto
de programas de diagnéstico, o médulos de prueba, que incluye pruebas de
diagndstico para los componentes de almacenamiento y del chasis, como por
ejemplo unidades de disco duro, memoria fisica, puertos de comunicaciones,
NIC, CMOS y otros. Si no puede identificar el problema mediante
PowerEdge Diagnostics, utilice los diagnésticos del sistema descritos en el
resto de esta seccién. El programa de diagndsticos del sistema se ejecuta
desde el menu de los servicios del sistema de iDRAC6 Express o desde la
particion de utilidades de la unidad de disco duro.

Los archivos necesarios para ejecutar PowerEdge Diagnostics en ordenadores
con sistemnas operativos Microsoft Windows y Linux admitidos estdn
disponibles en support.dell.com y en los CD que se entregan con el sistema.
Para obtener informacién sobre cémo utilizar los diagndsticos, consulte la
Guia del usuario en linea de Dell PowerEidge Diagnostics.
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Caracteristicas de los diagnasticos del sistema

Los diagnésticos del sistema proporcionan una serie de menus y opciones
para dispositivos o grupos de dispositivos especiticos de un médulo de alta
densidad. Los mends y las opciones de los diagnésticos del sistema permiten
realizar lo siguiente:

*  Ejecutar pruebas de forma individual o conjunta

* Controlar la secuencia de las pruebas

*  Repetir las pruebas

*  Ver, imprimir o guardar los resultados de las pruebas

*  Suspender temporalmente las pruebas si se detecta un error o terminarlas
cuando se llega a un limite de errores definido por el usuario

*  Ver mensajes de ayuda que describen brevemente cada prueba y sus
pardmetros

*  Ver mensajes de estado que indican si las pruebas se han completado
correctamente

*  Ver mensajes de error que informan de los problemas que se han
encontrado durante las pruebas

Cuando deben utilizarse los diagnosticos del
sistema

Si un dispositivo o un componente principal del médulo de alta densidad no
funciona correctamente, puede indicarse un error del componente. Si el
procesador y los dispositivos de entrada/salida del médulo de alta densidad
(monitor, teclado y unidad de disquete) funcionan, puede utilizar los
diagnésticos del sistema como ayuda para identificar el problema.

Ejecucion de los diagnésticos del sistema

Los diagnésticos del sistema pueden ejecutarse desde la GUI de Unified Server
Configurator o desde una unidad flash USB.

% NOTA: Utilice los diagnésticos del sistema para probar Gnicamente su médulo de
alta densidad. Utilice solo el programa incluido con su modulo de alta densidad (o
una version actualizada de éste).
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Ejecucion de los diagnésticos incorporados del sistema

El programa de diagnésticos incorporados del sistema se ejecuta desde la
pantalla de Unified Server Configurator.

A PRECAUCION: Utilice los diagnésticos incorporados del sistema para probar

(inicamente su sistema. La utilizacion de este programa con otros sistemas puede
ocasionar mensajes de error o resultados no validos.

En el panel de la izquierda de la pantalla de Unified Server Configurator,
haga clic en Hardware Diagnostics (Diagnésticos de hardware).

En el panel de la derecha, haga clic en Run Hardware Diagnostics
(Ejecutar diagnésticos de hardware). Cuando la utilidad de diagnéstico se
inicie, siga las instrucciones de la pantalla.

Para salir de la utilidad, reinicie el sistema y pulse <F10> para volver a

entrar en USC o USC-LCE.

Los resultados de las pruebas de diagnéstico se mostrardn en la pantalla
cuando finalicen las pruebas. Para resolver los problemas encontrados en los
resultados de las pruebas, busque las soluciones en support.dell.com.

Desde una unidad flash USB

1

Formatee la unidad flash USB para emular una unidad de disco duro.

Para obtener instrucciones, consulte la documentacion entregada con la

unidad flash USB.

Configure la unidad flash USB para que sea un dispositivo de inicio.

Para obtener instrucciones, consulte la documentacién entregada con la
unidad flash USB. Dell también proporciona una utilidad de inicio de
memoria USB que se puede descargar de support.dell.com.

Instale DKMS DOS en la unidad flash USB.

Cree un directorio para los diagnésticos del sistema en la unidad flash
USB.
Copie los archivos de diagnésticos del sistema en el directorio.

Asegtirese de que la unidad flash USB estd conectada al médulo de alta

densidad.
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7 Abra el programa de configuracién del sistema y asegurese de que la opcion
USB flash Drive Emulation Type (Tipo de emulacién de unidad flash
USB) tiene el valor Auto (Automatico) y defina la unidad flash USB como
el primer dispositivo en la opcion Hard-Disk Drive Sequence (Secuencia
de unidades de disco duro).

Consulte "Uso del programa de configuracion del sistema y de UEFI Boot
Manager" en la pagina 157 para obtener instrucciones.

NOTA: Si enciende o reinicia el médulo de alta densidad sin que la unidad
flash USB esté conectada a dicho madulo, debera restablecer de nuevo las
opciones en el programa de configuracion del sistema.

8 Ascgurese de que la unidad flash USB estd conectada al médulo de alta

densidad.
9 Reinicie el médulo de alta densidad.

Si el médulo de alta densidad no se inicia, consulte "Cémo ponerse en
contacto con Dell" en la pdgina 395.

Cuando 1nicie los diagnésticos del sistema, aparecerd un mensaje en el que se
indica que los diagndsticos se estan inicializando. A continuacién, aparece el
menu Diagnostics (Diagndsticos). Este mend permite ejecutar todas las
prucbas de diagnéstico o pruebas especificas, asi como salir de los
diagnésticos del sistema.

Q NOTA: Antes de continuar leyendo esta seccion, inicie los diagnosticos del
sistema para que pueda ver la utilidad en la pantalla.

Opciones de prueba de diagnéstico del sistema

Para seleccionar una opcion del mend Diagnostics (Diagndésticos), resalte la
opcidén y pulse <Intro> o pulse la tecla correspondiente a la letra resaltada de
la opcién.

En la Tabla 6-1 se proporciona una breve explicacion de las opciones de
prueba.
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Tabla 6-1. Opciones de prueba de diagnéstico del sistema

Opcion de prueba

Funcion

Quick Tests

Test One Device
Extended Tests

Advanced Testing

Information and Results
Program Options

Device Configuration

Exit to MS-DOS

Realiza una comprobacién rapida del médulo de alta
densidad. Seleccione Test All Devices (Probar todos los
dispositivos) y, a continuacién, Quick Tests (Prucbas
rapidas). Esta opcion ejecuta prucbas de dispositivos que
no requieren la interaccién del usuario. Utilice esta opcion
para identificar ripidamente la causa del problema.

Comprueba un dispositivo especifico.

Realiza una comprobacion més exhaustiva del médulo de
alta densidad. Seleccione Test All Devices (Probar todos los
dispositivos) y, a continuacién, Extended Tests (Prucbas
extendidas).

Comprueba un drea determinada del médulo de alta

densidad.
Muestra el resultado de las pruebas.
Permite definir diversos pardmetros de las pruebas.

Muestra informacion general de los dispositivos del médulo

de alta densidad.

Sale de los diagnésticos del sistema y vuelve al ment
System Utilities (Utilidades del sistema).
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Uso de las opciones de prueba avanzadas

Si selecciona Advanced Testing (Pruebas avanzadas) en el ment Diagnostics
(Diagnésticos), se abre la pantalla principal de los diagndsticos del sistema
con la informacién siguiente:

* Las dos lineas de la parte superior de la pantalla identifican la utilidad de
diagnéstico, el nimero de versién y el nimero de etiqueta de servicio del
sistema.

* Enellado izquierdo de la pantalla, bajo Device Groups (Grupos de
dispositivos), se enumeran los grupos de dispositivos de diagnéstico en el
orden en que se comprueban si se ha seleccionado All (Todos) en el
submenu Run Tests (Ejecutar pruebas). Pulse la tecla de flecha hacia
arriba o hacia abajo para resaltar un grupo de dispositivos concreto. Pulse la
tecla de flecha izquierda o derecha para seleccionar las opciones del menu.
Cuando se desplace de una opcion de ment a otra, aparecerd una breve
explicacion de la opcion resaltada en la parte inferior de la pantalla.

* Enellado derecho de la pantalla, bajo Devices for Highlighted Group
(Dispositivos del grupo resaltado), se enumeran los dispositivos especificos
de un grupo de pruebas en particular.

* Eldrea de mend consta de dos lineas en la parte inferior de la pantalla. En
la primera linea se enumeran las opciones de mend que puede seleccionar;
pulse la tecla de flecha izquierda o flecha derecha para resaltar una opcidn.
En la segunda linea se proporciona informacién sobre la opcién resaltada.

Para obtener mds informacién sobre un dispositivo o un grupo de dispositivos,
resalte la opcion Help (Ayuda) y pulse <Intro>. Pulse <Esc> para volver ala
pantalla anterior.

Mensajes de error

Al ejecutar una prueba de diagnoéstico del sistema, es posible que aparezca un
mensaje de error durante la prueba. Anote el mensaje en una copia de la lista
de verificacion de diagnésticos. Para obtener una copia de la lista de
verificacion de diagndsticos e instrucciones sobre como solicitar asistencia
técnica, consulte "Cémo ponerse en contacto con Dell" en la pégina 395.
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Informacion sobre la placa base

Configuracion de los puentes de la placa base
del modulo de alta densidad

A PRECAUCION: Muchas de las reparaciones solo pueden realizarlas los técnicos
de servicio autorizados. El usuario debe llevar a cabo Ginicamente las tareas de
solucion de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en la
documentacion del producto o indicadas por el personal de servicio y asistencia
en linea o telefonica. La garantia no cubre los daiios ocasionados por
reparaciones que Dell no haya autorizado. Lea y siga las instrucciones de
seguridad entregadas con el producto.

Configuracion de los puentes de PowerEdge M915

En la Ilustracién 7-1 se muestra la ubicacién de los puentes de configuracién
de la placa base del médulo de alta densidad. En la Tabla 7-1 se enumeran los
valores de configuracién de los puentes.

Q NOTA: La llustracion 7-1 esta orientada con el extremo frontal de la placa base del
modulo de alta densidad encarado hacia la derecha.

Tabla 7-1. Configuracion de los puentes de PowerEdge M915

PWRD_EN (predet.) La funcién de contrasena estd habilitada.

La funcion de contrasena estd deshabilitada.
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Tabla7-1. Configuracion de los puentes de PowerEdge M915 (continuacion)

NVRAM_CLR (predet.) Los valores de configuracién se conservan

cuando se inicia el sistema.

Los valores de configuracién se borran la
proxima vez que sc inicia el sistema. Si los
valores de configuracién resultan dafiados hasta
el punto de que el sistema no puede iniciarse,
instale el puente e inicie el sistema. Quite el
puente antes de restaurar la informacién de
configuracion.

Configuracion de los puentes de PowerEdge M910

En la [lustracién 7-3 se muestra la ubicacion de los puentes de configuracion
de la placa base del mddulo de alta densidad. En la Tabla 7-2 se enumeran los
valores de configuracion de los puentes.

4 NOTA: La liustracion 7-3 esta orientada con el extremo frontal de la placa base del
modulo de alta densidad encarado hacia la derecha.

Tabla 7-2. Configuracion de los puentes de PowerEdge M910

PSWD_EN (predet.)  La funcién de contrasefia estd habilitada.

La funcién de contrasefia estd deshabilitada.

NVRAM_CILR (predet.) Los valores de configuracién se conservan
cuando se inicia el sistema.

Los valores de configuracién se borran la
proxima vez que sc inicia el sistema. Si los
valores de configuracién resultan dafiados hasta
el punto de que ¢l sistema no puede iniciarse,
instale el puente e inicie el sistema. Quite el
puente antes de restaurar la informacién de
configuracion.
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Configuracion de los puentes de PowerEdge M905

En la Ilustracién 7-3 se muestra la ubicacién de los puentes de configuracion
de la placa base del médulo de alta densidad. En la Tabla 7-3 se enumeran los
valores de configuracién de los puentes.

4 NOTA: La llustracion 7-3 esta orientada con el extremo frontal de la placa base del
modulo de alta densidad encarado hacia la derecha.

Tabla7-3. Configuracion de los puentes de PowerEdge M905

PSWD_EN [E3] (predet.) La funcién de contrasefia estd habilitada.

La funcion de contrasefa estd deshabilitada.

NVRAM_CLR (predet.) Los valores de configuracién se conservan

cuando se inicia el sistema.

Los valores de configuracién se borran la
préxima vez que se Inicia el sistema. Si los
valores de configuracion resultan danados hasta
el punto de que ¢l sistema no puede iniciarse,
instale el puente e inicie el sistema. Quite el
puente antes de restaurar la informacion de
configuracién.

Configuracion de los puentes de PowerEdge M805

En la Ilustracién 7-4 se muestra la ubicacién de los puentes de configuracién
de la placa base del médulo de alta densidad. En la Tabla 7-4 se enumeran los
valores de configuracién de los puentes.

Q NOTA: La llustracion 7-4 esta orientada con el extremo frontal de la placa base del
modulo de alta densidad encarado hacia la derecha.
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Tabla 7-4. Configuracion de los puentes de PowerEdge M805

PSWD_EN (predet.) La funcién de contrasefia estd habilitada.

La funcién de contrasefia estd deshabilitada.

NVRAM_CLR (predet.)  Los valores de configuracién se conservan
cuando se inicia el sistema.

Los valores de configuracién se borran la
proxima vez que sc inicia el sistema. Si los
valores de configuracién resultan dafiados hasta
el punto de que el sistema no puede iniciarse,
instale el puente ¢ inicie el sistema. Quite el
puente antes de restaurar la informacién de
configuracién.

Configuracion de los puentes de PowerEdge M710

En la Ilustracion 7-5 se muestra la ubicacién de los puentes de configuracién
de la placa base del médulo de alta densidad. En la Tabla 7-5 se enumeran los
valores de configuracién de los puentes.

g NOTA: La llustracion 7-5 esta orientada con el extremo frontal de la placa base del
madulo de alta densidad encarado hacia la derecha.

Tabla 7-5. Configuracion de los puentes de PowerEdge M710

PWRD_EN (predet.) La funcién de contrasefia estd habilitada. (Patas

2-3)
La funcién de contrasefia estd deshabilitada.
(Patas 1-2)
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Tabla 7-5. Configuracion de los puentes de PowerEdge M710 (continuacion)

NVRAM_CLR —  (predet.) Los valores de configuracién se conservan
- CC o
cuando se inicia el sistema. (Patas 4-5)

Los valores de configuracién se borran la
proxima vez que se inicia el sistema. (Patas 5-6)

Silos valores de configuracion resultan danados
hasta el punto de que el sistema no puede
iniciarse, instale el puente e inicie el sistema.
Quite el puente antes de restaurar la
informacién de configuracion.

Configuracion de los puentes de PowerEdge M710HD

En la Ilustracién 7-6 se muestra la ubicacién de los puentes de configuracion
de la placa base del médulo de alta densidad. En la Tabla 7-6 se enumeran los
valores de configuracién de los puentes.

4 NOTA: La llustracion 7-6 esta orientada con el extremo frontal de la placa base del
modulo de alta densidad encarado hacia la derecha.

Tabla 7-6. Configuracion de los puentes de PowerEdge M710HD

PSWD_EN (predet.)  La funcién de contraseiia estd habilitada.

La funcién de contrasefa estd deshabilitada.

NVRAM_CLR (predet.) Los valores de configuracién se conservan
cuando se inicia el sistema.

Los valores de configuracién se borran la
proxima vez que se inicia el sistema. Si los
valores de configuracion resultan dafiados hasta
el punto de que el sistema no puede iniciarse,
instale el puente e inicie el sistema. Quite ¢l
puente antes de restaurar la informacion de
configuracion.
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Configuracion de los puentes de PowerEdge M610/M610x

En la Ilustracién 7-7 se muestra la ubicacién de los puentes de configuracién
de la placa base del médulo de alta densidad. En la Tabla 7-7 se enumeran los
valores de configuracién de los puentes.

4 NOTA: La llustracion 7-7 esta orientada con el extremo frontal de la placa base del
modulo de alta densidad encarado hacia la derecha.

Tabla 7-7. Configuracion de los puentes de PowerEdge M610/M610x

PWRD_EN (predet.) La funcién de contrasena estd habilitada. (Patas
1-2)

B La funcién de contrasefia estd deshabilitada.
S (Patas 2-3)

NVRAM_CLR B (predet.) Los valores de configuracién se conservan
o) cuando se inicia el sistema. (Patas 2-3)

) Los valores de configuracién se borran la

proxima vez que se inicia el sistema. (Patas 1-2)
Silos valores de configuracion resultan danados
hasta el punto de que el sistema no puede
iniciarse, instale el puente e inicie el sistema.
Quite el puente antes de restaurar la
informacién de configuracién.
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Configuracion de los puentes de PowerEdge M600

En la lustracién 7-13 se muestra la ubicacién de los puentes de configuracién
de la placa base del médulo de alta densidad. En la Tabla 7-8 se enumeran los
valores de configuracién de los puentes.

[E4 NOTA: La llustracion 7-13 esté orientada con el extremo frontal de la placa base del
modulo de alta densidad encarado hacia la derecha.

Tabla7-8. Configuracion de los puentes de PowerEdge M600

PWRD_EN (predet.) La funcién de contrasena estd habilitada. (Patas
1-2)

B La funcién de contrasefa estd deshabilitada.
o) (Patas 2-3)

NVRAM_CLR (predet.) Los valores de configuracién se conservan

o) cuando se inicia el sistema. (Patas 2-3)

proxima vez que se inicia el sistema. (Patas 1-2)
Silos valores de configuracién resultan dafiados
hasta el punto de que el sistema no puede
iniciarse, instale el puente ¢ inicie el sistema.
Quite el puente antes de restaurar la
informacién de configuracion.

Los valores de configuracién se borran la

n
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Conectores de la placa base
Placa base de PowerEdge M915

llustracion 7-1. Conectores de la placa base de PowerEdge M915

/N

N
—_

Tabla 7-9. Conectores de la placa base de PowerEdge M915

Conector Descripcion
1 LOMRISER B Conector de la tarjeta secundaria de red/tarjeta vertical de
LOM
2 BI-B§ Moédulos de memoria B1-B§ (para el procesador 2)
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Tabla7-9. Conectores de la placa base de PowerEdge M915 (continuacion)

Conector Descripcion
3 CPpU2 Z6calo del procesador 2
4+ CPU4 Zécalo del procesador 4
5 BACKPLANE 2 Concctor del plano posterior de la unidad de disco duro
6 - Conector USB
7 DI1-D§ Médulos de memoria D1-D§ (para el procesador 4)
§ CIl-C8 Moédulos de memoria C1-C8 (para el procesador 3)
9 - Conector para la baterfa de tipo botén de 3 V
10 STORAGE Conector de la tarjeta controladora de almacenamiento
CONTROLLER
11 BACKPLANE 1 Conector del plano posterior de la unidad de disco duro
12 CPU3 Zo6calo del procesador 3
13 PSWD_EN, Puentes de configuracion del sistema
NVRAM_CLR NOTA: Para el acceso, se debe extraer la placa base.
Consulte "Extraccion de la placa base" en la pagina 305.
14 Al-A8 Médulos de memoria A1-A8 (para el procesador 1)
15 MGMT RISER Conector para tarjeta vFlash SD
CONNECTOR
16 MEZZ1 FAB C Conector de la tarjeta intermedia de red Fabric C
17 MEZZ2 _FAB_B Concctor de la tarjeta intermedia de red Fabric B
18 CPUI Zécalo del procesador 1
19 LOM RISER A Conector de la tarjeta secundaria de red/tarjeta vertical de
LOM
20 - Perno de retencién de la placa base
21 MEZZ3 FAB_C Conector de la tarjeta intermedia de red Fabric C
22 MEZZ4 FAB B Concctor de la tarjeta intermedia de red Fabric B
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Placa base de PowerEdge M910

llustracion 7-2.  Conectores de la placa base de PowerEdge M910

Tabla 7-10. Conectores de la placa base de PowerEdge M910

Conector Descripcion
1 J_INT_USB Conector USB
2 CPU2 Z6calo del procesador 2
3 CPU4 Zécalo del procesador 4
4 BI-BS Moédulos de memoria BI1-BS
5 - Bateria RAID opcional
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Tabla 7-10. Conectores de la placa base de PowerEdge M910 (continuacion)

Conector Descripcion
6 DI-D4 Médulos de memoria D1-D4
7 - Conector para la bateria de tipo botén de 3 V
NOTA: Para el acceso, se debe extraer la placa base.
Consulte "Extraccion de la placa base" en la pagina 305.
§ ] _STORAGE Conector de la tarjeta controladora de almacenamiento
9 CI1-C8 Moédulos de memoria C1-C8
10 - Conector del plano posterior de la unidad de disco duro
11 AI-A8 Modulos de memoria A1-A8
12 CPU3 Zécalo del procesador 3
13 J RIPS _SD2 Ranura para tarjeta VFlash SD
14 MEZZ1 FAB C Conector de la tarjeta intermedia de red Fabric C
15 MEZZ2 FAB B Conector de la tarjeta intermedia de red Fabric B
16 CPUl Zbcalo del procesador 1
17 MEZZ3 FAB C Concctor de la tarjeta intermedia de red Fabric C
18 MEZZ4 FAB B Concctor de la tarjeta intermedia de red Fabric B
19 - Perno de retencién de la placa base
20 PSWD_EN, Puentes de configuracion del sistema
NVRAM_CLR

NOTA: Para el acceso, se debe extraer la placa base.
Consulte "Extraccion de la placa base" en la pagina 305.
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Placa base de PowerEdge M905

llustracion 7-3. Conectores de la placa base de PowerEdge M905
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Tabla 7-11. Conectores de la placa base de PowerEdge M905

Conector Descripcion

1 MEZZ4_FAB B Concctor de la tarjeta intermedia 4 de red Fabric B

2 - Conector para tarjetas SD

3 - Perno de retencién de la placa base
4 BI-BS Moédulos de memoria B1-B8

5 CPU2 Zécalo del procesador 2

6 DI-D4 Moédulos de memoria D1-D4

7 CPU4 Z6calo del procesador 4
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Tabla 7-11.

Conectores de la placa base de PowerEdge M905 (continuacion)

Conector Descripcion
§ Cl-C4 Médulos de memoria C1-C4
9 PSWD_EN, Puentes de configuracién del sistema
NVRAM_CLR NOTA: Para el acceso, se debe extraer la placa base.
Consulte "Extraccion de la placa base" en la pagina 305.
10 - Conector para la baterfa de tipo botén de 3 V
NOTA: Para el acceso, se debe extraer la placa base.
Consulte "Extraccion de la placa base" en la pagina 305.
11 J_STORAGE Conector de la tarjeta controladora de almacenamiento
12 - Conector del plano posterior de la unidad de disco duro
13 - Zo6calo de llave de hardware para admitir la funcién
TOE/iSCSI de 1a NIC integrada
14 CPU3 Zécalo del procesador 3
15 CPUl Zécalo del procesador 1
16 Al-A8 Moédulos de memoria A1-A8
17 - Conector de la tarjeta controladora de video

18 MEZZ1_FAB_C
19 MEZZ2_FAB_B
20 MEZZ3_FAB_C

Conector de la tarjeta intermedia 1 de red Fabric C
Conector de la tarjeta intermedia 2 de red Fabric B

Conector de la tarjeta intermedia 3 de red Fabric C
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Placa base de PowerEdge M805

llustracion 7-4. Conectores de la placa base de PowerEdge M805

PSWD_EN

Tabla7-12. Conectores de la placa base de PowerEdge M805

Conector Descripcion

1 MEZZ4 FAB B Concctor de la tarjeta intermedia 4 de red Fabric B

2 - Conector para tarjetas SD

3 - Perno de retencién de la placa base
4 BI-BS Médulos de memoria B1-B8

5 CPU2 Zécalo del procesador 2
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Tabla7-12. Conectores de la placa base de PowerEdge M805 (continuacion)

Conector Descripcion
6 PWRD _EN, Puentes de configuracion del sistema
NVRAM_CLR

NOTA: Para el acceso, se debe extraer la placa base.
Consulte "Extraccion de la placa base" en la pagina 305.

7 - Conector para la baterfa de tipo botén de 3 V

NOTA: Para el acceso, se debe extraer la placa base.
Consulte "Extraccion de la placa base" en la pagina 305.

§ J_STORAGE Conector de la tarjeta controladora de almacenamiento

9 - Conector del plano posterior de la unidad de disco duro

10 - Zécalo de llave de hardware para admitir la funcién
TOE/iSCSI de la NIC integrada

11 CPUI Z6calo del procesador 1

12 Al-A8 Modulos de memoria A1-A8

13 - Conector de la tarjeta controladora de video

14 MEZZ1 FAB C Conector de la tarjeta intermedia 1 de red Fabric C
15 MEZZ2 FAB B Conector de la tarjeta intermedia 2 de red Fabric B
16 MEZZ3_FAB C Conector de la tarjeta intermedia 3 de red Fabric C
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Placa base de PowerEdge M710

llustracion 7-5. Conectores de la placa base de PowerEdge M710
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Tabla 7-13. Conectores de la placa base de PowerEdge M710

Conector Descripcion

1 MEZZ4_FAB B Conector de la tarjeta intermedia 4 de red Fabric B

2 - Perno de retencién de la placa base

3 BI-B9 Médulos de memoria B1-B9

4 CPU2 Zécalo del procesador 2

5 ISCSI_KEY Zécalo de llave de hardware para admitir la funcién de la
NIC integrada

6 - Bateria RAID opcional

7 - Conector del plano posterior de la unidad de disco duro
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Tabla 7-13. Conectores de la placa base de PowerEdge M710 (continuacion)

Conector Descripcion
§ J INT _USB Conector USB
9 - Conector para la bateria de tipo botén de 3 V

NOTA: Para el acceso, se debe extraer la placa base.
Consulte "Extraccion de la placa base" en la pagina 305.

10 J_STORAGE Conector de la tarjeta controladora de almacenamiento
11 PWRD_EN, Puentes de configuracion del sistema
NVRAM_CLR
12 CPUI Z6calo del procesador 1
13 Al-A9 Moédulos de memoria A1-A9
14 - Conector para tarjeta iDRAC6 Enterprise

15 MEZZ1 FAB C Conector de la tarjeta intermedia 1 de red Fabric C
16 MEZZ2 _FAB B Conector de la tarjeta intermedia 2 de red Fabric B
17 MEZZ3_FAB C Conector de la tarjeta intermedia 3 de red Fabric C
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Placa base de PowerEdge M710HD

llustracion 7-6. Conectores de la placa base de PowerEdge M710HD

10

Tabla 7-14. Conectores de la placa base de PowerEdge M710HD

Conector Descripcion
1 LOM RISER Conector de la tarjeta secundaria de red/tarjeta vertical de
LOM
2 MEZZ2 FAB_B Conector de la tarjeta intermedia 2 de red Fabric B
3 Al-A9 Moédulos de memoria A1-A9
4 CPU2 Zé6calo del procesador 2
5 - Conector para la bateria de tipo botén de 3 V
NOTA: Para el acceso, se debe extraer la placa base.
Consulte "Extraccion de la placa base" en la pagina 305.
6 - Conector del plano posterior de la unidad de disco duro
7 B1-B9 Moédulos de memoria B1-B9
§ CPUI Z6calo del procesador 1
9 MEZZ1 FAB C Conector de la tarjeta intermedia 1 de red Fabric C
10 MANAGEMENT Conector del médulo SD dual interno
RISER
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Placa base de PowerEdge M610

llustracion 7-7. Conectores de la placa base de PowerEdge M610
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Tabla 7-15. Conectores de la placa base de PowerEdge M610

Conector Descripcion
1 MEZZ1 FAB C Conector de la tarjeta intermedia 1 de red Fabric C
2 MEZZ1 FAB B Conector de la tarjeta intermedia 2 de red Fabric B
3 Al-A6 Modulos de memoria A1-A6
4 - Zbcalo de llave de hardware para admitir la funcién de la
NIC integrada
5 CPU2 Z6calo del procesador 2
6 PWRD_EN, Puentes de configuracion del sistema
NVRAM_CLR
7 - Conector de la tarjeta controladora de almacenamiento
§ BATTERY Conector para la baterfa de tipo botén de 3 V

NOTA: Para el acceso, se debe extraer la placa base.
Consulte "Extraccion de la placa base" en la pagina 305.
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Tabla 7-15. Conectores de la placa base de PowerEdge M610 (continuacion)

Conector Descripcion
9 - Conector del plano posterior de la unidad de disco duro
10 BI-B6 Moédulos de memoria B1-B6
11 - Conector de la bateria RAID
12 CPUI Z6calo del procesador 1
13 - Conector para tarjeta iIDRAC6 Enterprise

Placa base de PowerEdge M610x

llustracion 7-8. Conectores de la placa base de PowerEdge M610x
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Tabla 7-16. Conectores de la placa base de PowerEdge M610x

Conector Descripcion
1 MEZZ2 FAB B Conector de la tarjeta de interfaz intermedia
2 Al-A6 Moédulos de memoria A1-A6
3 - Zo6calo de llave de hardware para admitir la funcion de la
NIC integrada
4 CPU2 Zécalo del procesador 2
5 - Conector del plano posterior de la unidad de disco duro
6 - Conector de la tarjeta controladora de almacenamiento
7 - Conector para la bateria de tipo botén de 3 V
NOTA: Para el acceso, se debe extraer |a placa base.
Consulte "Extraccion de la placa base" en la pagina 305.
§ PWRD_EN, Puentes de configuracion del sistema
NVRAM_CLR
9 BIl-B6 Modulos de memoria B1-B6
10 - Bateria RAID opcional
11 CPUI Zécalo del procesador 1
12 MEZZ1 FAB C Conector de la tarjeta de interfaz intermedia
13 - Conector para tarjeta IDRAC6 Enterprise
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Tarjeta de interfaz de plano medio de PowerEdge M610x

llustracion 7-9. Conectores de la tarjeta de interfaz de plano medio de PowerEdge

M610x
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Tabla 7-17. Conectores de la tarjeta de interfaz de plano medio de PowerEdge M610x

Conector Descripcion

Data 4 Conector del cable de datos 4

MEZZ2 _FAB_B1 Conector de la tarjeta intermedia de red Fabric B
PWR_CN3 Conector de alimentacién de la tarjeta vertical de expansion

PCle PWR_CN5
PCle_PWR_CN#4

vl A W N —

Conector de alimentacién de la tarjeta PCle

Conector de alimentacién de la tarjeta PCle
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Tabla 7-17. Conectores de la tarjeta de interfaz de plano medio de PowerEdge M610x (continuacion)

Conector Descripcion
6 MEZZ1 FAB Cl Concctor de la tarjeta intermedia de red Fabric C
7 Data3 Conector del cable de datos 3

Tarjeta vertical de expansion de PowerEdge M610x

llustracion 7-10. Conectores de la tarjeta vertical de expansion de PowerEdge M610x
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Conector Descripcion

1 Datal Conector del cable de datos 1
2 Data?2 Conector del cable de datos 2
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Conector Descripcion

3 PCle2 Conector de la tarjeta de expansion 2

4 PClel Conector de la tarjeta de expansién 1

5 Data3 Conector del cable de datos 3

6 Data4 Concctor del cable de datos 4

7 - Concctor de alimentacién de la tarjeta vertical

Tarjeta de interfaz intermedia de PowerEdge M610x

llustracion 7-11. Conectores de la tarjeta de interfaz intermedia de PowerEdge M610x
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A
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Conector

Descripcion

Data 2

Data 1

Conector del cable de datos 2
Conectores de la tarjeta de interfaz intermedia

Conector del cable de datos 1

Placa base de PowerEdge M605

llustracion 7-12. Conectores de la placa base de PowerEdge M605

PWRD_EN

NVRAM_CLR
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Tabla 7-18. Conectores de la placa base de PowerEdge M605

Conector

Descripcion

~N O VI = W

Al
A2
A3
A4
CPU1

Conector de la tarjeta intermedia de red Fabric C
Conecctor de la tarjeta intermedia de red Fabric B
Concector para moédulos de memoria, ranura Al
Conector para moédulos de memoria, ranura A2
Conector para moédulos de memoria, ranura A3
Conector para moédulos de memoria, ranura A4

Z6calo del procesador 1
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Tabla7-18. Conectores de la placa base de PowerEdge M605 (continuacion)

Conector Descripcion
§ CPU2 Zé6calo del procesador 2
9 TOE_KEY Zo6calo de llave de hardware para admitir la funcion
TOE/SCSI de 1a NIC integrada
10 PWRD_EN, Puentes de configuracion
NVRAM_CLR
11 SASBKPLN Concctor del plano posterior de la unidad de disco duro
12 BATTERY Conector para la baterfa de tipo botén de 3 V
13 ] STORAGE Conector de la tarjeta controladora de almacenamiento
14 Bl Conector para mddulos de memoria, ranura Bl
15 B2 Conector para médulos de memoria, ranura B2
16 B3 Conector para mddulos de memoria, ranura B3
17 B4 Conector para médulos de memoria, ranura B4
18 J_VIDEO Conecctor de la tarjeta controladora de video
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Placa base de PowerEdge M600

llustracion 7-13. Conectores de la placa base de PowerEdge M600
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Tabla 7-19. Conectores de la placa base de PowerEdge M600

Conector Descripcion

1 - Conecctor de la tarjeta intermedia de red Fabric C
2 - Concctor de la tarjeta intermedia de red Fabric B
3 BATTERY Conector para la baterfa de tipo botén de 3 V
41 Conector para mddulos de memoria, ranura 1

5 5 Conector para mddulos de memoria, ranura 5

6 2 Conector para médulos de memoria, ranura 2

7 6 Conector para médulos de memoria, ranura 6

8§ 3 Conector para mddulos de memoria, ranura 3

9 7 Conector para mddulos de memoria, ranura 7

10 4 Conector para médulos de memoria, ranura 4

11 8 Conector para médulos de memoria, ranura 8

12 CPUI Z6calo del procesador 1
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Tabla7-19. Conectores de la placa base de PowerEdge M600 (continuacion)

Conector Descripcion
13 SASBKPLN Concctor del plano posterior de la unidad de disco duro
14 ] STORAGE Conector de la tarjeta controladora de almacenamiento
15 CPU2 Zécalo del procesador 2
16 J_VIDEO Conector de la tarjeta controladora de video
17 PWRD_EN, Puentes de configuracion

NVRAM_CLR
18 TOE_KEY Zécalo de llave de hardware para admitir la funcién

TOE/iSCSI de la NIC integrada

Deshabilitacion de una contraseiia olvidada

Las funciones de seguridad del software del médulo de alta densidad incluyen
una contrasefia del sistema y una contraseia de configuracion, que se
describen detalladamente en "Uso del programa de configuracién del sistema
y de UEFI Boot Manager" en la pdgina 157. El puente de contrasefia habilita o
deshabilita estas funciones de contrasefia y borra las contrasefias que se estan
utilizando actualmente.

A PRECAUCION: Muchas de las reparaciones solo pueden realizarlas los técnicos
de servicio autorizados. El usuario debe llevar a cabo Ginicamente las tareas de
solucion de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en la
documentacion del producto o indicadas por el personal de servicio y asistencia
en linea o telefonica. La garantia no cubre los daiios ocasionados por
reparaciones que Dell no haya autorizado. Lea y siga las instrucciones de
seguridad entregadas con el producto.

1 Extraiga el médulo de alta densidad. Consulte "Extraccién de un médulo
de alta densidad" en la pdgina 179.

2 Abra el mddulo de alta densidad. Consulte "Apertura del mddulo de alta
densidad" en la pdgina 183.

3 Sivaacambiar la configuracién del puente en un médulo de alta densidad
PowerEdge M905 o M805, extraiga la placa base para acceder a los
puentes.

Consulte "Extraccion de la placa base" en la pdgina 305.

4 Cambie la ubicacion del conector del puente para deshabilitar la funcion
de contrasena.
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Consulte "Conectores de la placa base" en la pagina 372 para localizar el
puente de contrasefia en la placa del médulo de alta densidad.

Si ha cambiado la configuracién del puente en un médulo de alta densidad
PowerEdge M905 o0 M805, vuelva a instalar la placa base. Consulte
"Instalacién de la placa base" en la pagina 309.

Cierre el moédulo de alta densidad. Consulte "Cierre del médulo de alta
densidad" en la pdgina 185.

Instale el médulo de alta densidad. Consulte "Instalacién de un médulo de
alta densidad" en la pagina 182.

Mientras el médulo de alta densidad estd encendido, el indicador de
encendido emite una luz verde fija. Espere a que el médulo de alta
densidad termine de iniciarse.

Las contrasefias existentes no se deshabilitan (borran) hasta que no se
inicia el sistema con el puente de contrasefia extraido. Sin embargo, antes
de asignar una nueva contraseia del sistema o de configuracién, debe
volver a instalar el puente de contrasefa.

[E4 NOTA: Si asigna una nueva contrasefia del sistema o de configuracion con el
puente extraido, el sistema deshabilitara las nuevas contrasefias la proxima
Vez que se inicie.

Extraiga el médulo de alta densidad. Consulte "Extraccién de un médulo
de alta densidad" en la pdgina 179.

Abra el médulo de alta densidad. Consulte "Apertura del médulo de alta
densidad" en la pdgina 183.

Siva a restaurar la configuracién del puente en un médulo de alta
densidad PowerEdge M905 o M805, extraiga la placa base para acceder a
los puentes.

Consulte "Extraccion de la placa base" en la pagina 305.

Cambie la ubicacién del conector del puente para habilitar la funcién de
contrasena.

Si ha restaurado la configuracién del puente en un médulo de alta
densidad PowerEdge M905 o M805, vuelva a instalar la placa base.
Consulte "Instalacion de la placa base" en la pagina 309.

Cierre el moédulo de alta densidad. Consulte "Cierre del médulo de alta
densidad" en la pdgina 185.
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14 Instale el médulo de alta densidad. Consulte "Instalacién de un médulo de
alta densidad" en la pagina 182.

15  Asigne una nueva contrasefia del sistema o de configuracién. Consulte
"Funciones de contrasefia del sistema y contraseiia de configuracién” en
la pagina 174.
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Obtencion de ayuda

Como ponerse en contacto con Dell

Los clientes de los Estados Unidos pueden llamar al 800-WWW-DELL
(800-999-3355).

% NOTA: Si no dispone de una conexion a Internet activa, puede encontrar
informacion de contacto en la factura de compra, en el albaran o en el catalogo de
productos de Dell.

Dell proporciona varias opciones de servicio y asistencia en linea o telefénica.

Puesto que la disponibilidad varia en funcién del pais y del producto, es

posible que no pueda disponer de algunos servicios en su drea. Si desca

ponerse en contacto con Dell para tratar cuestiones relacionadas con las
ventas, la asistencia técnica o el servicio al cliente:

1 Vaya a support.dell.com.

2 Haga clic en su pais o regién en la parte inferior de la pagina. Para ver una
lista completa de los paises y regiones, haga clic en All (Todos).

3 Haga clic en All Support Options (Todas las opciones de asistencia) en el
menu Support (Asistencia).

4 Scleccione el enlace de servicio o asistencia apropiado de acuerdo a sus
necesidades.

5 Elija el método para ponerse en contacto con Dell que le resulte mas
cémodo.
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